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Juridiskie pazinojumi

Sirokasgramata attiecas uz BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME un BOND sistémas kontrolleri.

‘ Ne visi apstrades moduli ir pieejami visos regionos.

Precu zimes

Nosaukums Leica un logotips Leica ir uznémuma Leica Microsystems IR GmbH registrétas preéu zimes un tiek
izmantotas saskana ar licenci. BOND sistema, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond
Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer un Oracle ir
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401 precu zimes. Citas preCu zimes ir to attiecigo 1pasnieku
Ipasums.

Autortiesibas

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd pieder autortiesibas uz So dokumentu un jebkuru saistito programmaturu.
Saskana ar tiesibu aktiem pirms jebkada veida dokumentacijas vai programmaturas pilnigas vai dal€jas kopesanas,
pavairo$anas, tulko$anas vai parveidoSanas elektroniska vai cita masinlasama formata ir nepiecieSama musu
rakstiska atlauja.
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Izstradajuma identifikacija
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Razotajs

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road

Mount Waverley VIC 3149
Australia

Svariga informacija visiem lietotajiem

Saja rokasgramata ir svariga informacija par to, ka lietot BOND sistéma. Lai iegitu jaunako informaciju par Leica
Biosystems izstradajumiem un pakalpojumiem, ludzu, apmeklgjiet vietni www.leicabiosystems.com.

Istenojot pastavigu uzlabojumu politiku, Leica Biosystems patur tiesibas bez bridinajuma mainit specifikacijas.
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Saja dokumenta ir izmantoti talak noraditie termini.

 |eica Biosystems - attiecas uz Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

» BOND sistema - Leica Biosystems platforma, kas ietver BOND-III, BOND-MAX, un BOND-PRIME
e BOND-III - automatizeta IHC un ISH iekraso$anas instrumenta veids

» BOND-MAX - automatizéta IHC un ISH iekrasoSanas instrumenta tips

e BOND-PRIME - automatizéta IHC un ISH iekrasoSanas instrumenta tips

» BOND sistema programmatura — programmaturas lietojumprogramma, ar kuras starpniecibu lietotaji var
konfigurét un darbinat BOND-III, BOND-MAX vai BOND-PRIME sistému

Paredzetie lietotaji
Paredzetie BOND sistéma lietotaji ir atbilstosi apmacits laboratorijas personals.

Personam, kuras strada ar BOND apstrades moduli, jabut pietiekami apmacitam, lai nodroSinatu, ka tas tiek izmantots
saskana ar So dokumentu, un viniem pilniba japarzina visi iesp&jamie apdraudé&jumi vai bistamas proceduras, pirms
apstrades modula darbinasanas. Nonemt apstrades modula apvalkus un dalas drikst tikai apmacits personals un tikai
tad, ja tas ir noradits $aja rokasgramata.

Uzstadisana un remonts

Uzstadisanu un remontu drikst veikt tikai Leica Biosystems pilnvarots, kvalificets klientu apkalpoSanas dienesta
darbinieks.

Garantijas prasibas var pieteikt tikai tad, ja izstradajums ir izmantots ta paredzétajam lietojumam un lietots saskana
ar Saja dokumenta sniegtajiem noradijumiem. Bojajumi, kas rodas izstradajuma neatbilstoSas lietoSanas vai
nepareizas izmantoSanas rezultata, anulé garantiju. Leica Biosystems nevar uznemties atbildibu par Sadiem

bojajumiem.

ZinoSana par nopietniem negadijumiem

Par visiem nopietniem negadijumiem, kas izraisijusi vai var izraisit pacienta vai lietotaja navi vai ta veselibas stavok|a
Islaicigu vai pastavigu pasliktinasanos, jazino vietéjam Leica Biosystems parstavim un attiecigajai vietéjai
regulativajai iestadei.

Leica Biosystems protokols

BOND sistéma ir aprikota ar ieprieks definétu Leica Biosystems protokolu kopumu, ko nevar ne redigét, ne dzést.
Leica Biosystems ir validéjis ieprieks definetos protokolus. Tomeér pielagotus protokolus var izveidot, kopgjot un
redigéjot esosos ieprieks definétos protokolus. Visi pielagotie protokoli ir javalidé saskana ar vietéjam laboratorijas
proceduram un prasibam. lespéja izveidot un saglabat protokolu nenorada, ka tas ir piemérots lietoSanai. Parbaudiet

darbibas principus un veiktspéjas raksturlielumus attiecigas parbaudes lieto$anas instrukcija (Instructions For Use,
IFU).
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Pazinojums par lietotaja datu drosibu un personas datu aizsardzibu

Leica Biosystems ciena un ir apnémies aizsargat personas datu droSibu un privatumu. Talak esoSaja Leica
Biosystems pazinojuma par privatumu ir aprakstiti personas dati, kurus mes varam vakt, lietot un saglabat.

Pazinojums par privatumu

Licenciats ievero visus piemérojamos datu aizsardzibas un privatuma likumus, apstradajot personas datus,
izmantojot BOND sistemu, tostarp BOND-ADVANCE, bez ierobezojumiem, veidojot visus nepiecieSamos pazinojumus
pacientiem un citiem datu subjektiem un sanemot no tiem visas nepiecieSamas piekriSanas pirms vinu personas datu
apstrades.

BOND parzina datu baze tiek glabati turpmakie personas dati.
» Pacienta vards, uzvards
« Arsta vards, uzvards
 PievienoSanas numurs
« Arsta komentari
 Pacienta komentari
e Slaida komentari
* Lietas komentari
* Lietotaja konta informacija
e Amata nosaukums
« Slaidu atteli
* LIS notikumu komentari
e Instrumenta attéli
Turpmak minétie BOND parskati parasti var saturét pacienta veselibas informaciju (PHI).

» Apstrades notikumu parskata izveidoSana
o Apstrades dati

 Lietas parskats

* Isa slaidu vésture

 Datu eksportésana

» Kopsavilkums par slaida iestatni

Sazina ar Leica Biosystems

Lai sanemtu apkalpoSanu vai atbalstu, sazinieties ar vietéjo Leica Biosystems parstavi vai skatiet
www.leicabiosystems.com.
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ParskatiSanas ieraksts
mm

2023. gadajanvaris  Viss Jauna versija BOND sistémam, kuras
darbojas BOND 7 programmatura.

A0T-A03 - - Nav publicéts.
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Visparigi bridinajumi
Bridinajumi ir pazinojumi par bistamam situacijam, kas var izraisit ievainojumus, vai ja pastav pacientu paraugu

zaudesanas, sabojasanas vai nepareizas identificéSanas iespéja. levérojiet visus droSibas pasakumus, lai izvairitos
no ievainojumiem, kaitejuma, pacientu paraugu zaudé$anas vai nepareizas identificeéSanas un iekartas bojajumiem.

Bridinajumos ir izmantoti simboli ar melnu apmali un dzeltenu fonu.

Visparigie BOND sistema bridinajumi ir noraditi talak. Citi bridinajumi ir noraditi attiecigajas rokasgramatas sadalas.
Apstrades modula darbiba

Lai izvairitos no reagentu un slaidu piesarnojuma, apstrades modulis ir jalieto tira vidé, kas ir péc
iespejas briva no putekliem un dalinam.

Lai nodroSinatu pienacigu apstrades modula darbibu, novietojiet katru lielapjoma reagentu
konteineru attiecigaja vieta dobuma, ka noradits uz krasainajam etiketem ar nosaukumiem. Pretéja

gadijuma var tikt traucéta paraugu iekrasosana.
Papildinformaciju skatiet Seit: 2.2.7 Lielapjoma konteineru nisa

Katras dienas sakuma parbaudiet lielapjoma konteineru uzpildes limeni un nepiecieSamibas
gadijuma piepildiet vai iztukSojiet tos (skat. 12.2.7 Konteineru limenu parbaude). Pretéja gadijuma
var tikt partraukta seriju iekrasoSana, lai iznemtu konteinerus, kas var negativi ietekmet

iekrasosanu.

BOND-MAX - ja apstrades laika ir nepiecieSams uzpildit lielapjoma konteineru, vienmer parbaudiet
ekranu Protocol status (Protokola statuss) un parliecinieties, ka konteiners netiek izmantots vai ka
tas tulit netiks izmantots. Pretéja gadijuma tas var nelabveligi ietekmeét slaidus apstrades laika.
Novietojiet konteineru attiecigaja vieta pec uzpildisanas — skatit 12.2.2.5 Apstrades laika. Lai
izvairttos no Sis situacijas, parbaudiet iepakojuma limenus starp katru protokolu — skatiet

12.2.1 Konteineru limenu parbaude).

> B bbb

BOND-III lielapjoma konteineri nav jaiznem, lai tos piepilditu — skatit 12.2.2.1 Lielapjoma reagenta
uzpilde — BOND-III. Lai izvairitos no §Ts situacijas, parbaudiet lielapjoma konteineru limenus katru

dienu (nepiecieSamibas gadijuma vel bieZak, skatit 12.2.1 Konteineru limenu parbaude).

BOND nav nepiecieSama piek|uve tiklam, lai darbotos un veiktu paredzetas funkcijas. Lai noverstu
launpratigu vai neat|autu piekluvi, instaléjiet BOND bez savienojuma ar jusu tiklu/infrastruktaru.

>

Ja vélaties izveidot savienojumu ar tiklu, ieteicams izveidot BOND savienojumu ar virtualo lokalo
tiklu (VLAN), kam uzstadits ugunsmdris. JUs varat arf ieviest un apstiprinat savus tikla drosibas
mehanismus saskana ar savu darba standartproceduru.

Plasaku informaciju skatiet Informacijas sistému rokasgramata, kas paredzéta BOND 5.1+
(49.6062.811).
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BOND kontrollera inficéSanas ar |aunprogrammatdru var izraisit negaiditu darbibu, tostarp
apstrades modulu atspéjo$anu. Ludzu, pirms USB atminas ieri¢u pieslégsanas BOND kontrollerim
parliecinieties, vai tajas nav virusu. Turklat Leica Biosystems ieprieks neinstalé pretvirusu
risinajumu; mes iesakam instalét sava uznemuma izmantoto pretvirusu produktu. Lai iegutu
plasaku informaciju, sazinieties ar vietéjo Leica Biosystems parstavi.

>

Kontroles audi

OBLIGATI jaievie$ un jauztur atbilstosi laboratorijas kontroles pasakumi, lai nodro$inatu pienacigu
katra slaida iekrasoSanas rezultatu. Leica Biosystems stingri iesaka novietot attiecigos kontroles
audus uz tiem paSiem slaidiem, kur ir pacienta audi.

>

Kimiskais apdraudejums.

Dazi no imdnhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami. Pirms turpinat,
nodroSiniet, ka esat sanemis(-usi) atbilstoSu apmacibu §is procediras veikSanai:

2>

« Rikojoties ar reagentiem, vai tirot apstrades moduli, lietojiet lateksa vai nitrila cimdus,
aizsargbrilles un citu atbilstoSu aizsargapgerbu;

« rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utiliz&jiet tos saskana ar visam proceddram un
valsts noteikumiem, kas piemerojami laboratorijas centram.

Reagentu konteineri var apgazties transporté$anas laika, atstajot reagentu atliekas ap vaku.
Atverot reagentu konteinerus, vienmer valkajiet apstiprinatus acu aizsardzibas lidzek|us, cimdus un
aizsargapgerbu.

Potenciali bistami reagenti var sakraties ap slaidu iekraso$anas blokiem un piesarnot slaidu
paliktnus. Rikojoties ar slaidu paplatem, vienmeér valkajiet apstiprinatu aizsargapgérbu un cimdus.

DaZi BOND apstrades modulos izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:

» nenovietojiet liesmu vai aizdegSanas avotu apstrades modulu tuvuma,

 péc uzpildiSanas vai iztuk§oSanas nodrosiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
noslegti.

Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit aizdeg$anas bistamibu, ja to
tuvuma tiek novietoti uzliesmojoSi materiali:

i d

» nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

» nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz jebkuras apstrades modula karstas virsmas,

* péc uzpildisanas vai iztukSoSanas nodroSiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
noslegti.
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Mehaniska bistamiba

Aizverot apstrades modula vaku, ievérojiet piesardzibu, lai nesavainotu rokas, turiet rokas atstatu.

Galvena robota darbibas laika atstksanas zonde, §lir¢u sakni un lielapjoma Skidrumu roboti (BOND-
I11) var izkustéties bez bridinajuma un tada atruma, kas var izraisit ievainojumus.

« Nemeéginiet atvert apstrades modula vaku sérijas apstrades laika.
« Nemeéginiet apiet blokétajus, kas nepielauj apstrades modula darbibu, ja tiek atvérts vaks.

» NodroSiniet, ka Slircu suknu apvalki darbibas laika atrodas sava vieta.

Izvairieties no saskares ar slaidu iekrasoSanas blokiem un tiem apkart eso$ajiem elementiem. Tie
var bat karsti un izraisit smagus apdegumus. Pec darbinasanas beigam atveliet 20 minutes laika,
lai slaidu iekrasoSanas bloki un to apkart esoSie elementi atdzistu.

Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai parvietotu apstrades moduli lielaka attaluma vai
transportéetu to, lai veiktu ta laboSanu vai utilizaciju. Apstrades modulis ir loti smags un vienam
lietotajam to nav paredzets parvietot.

NodroSiniet, ka normalas darbibas laika |irces durvis ir aizvértas (BOND-MAX) vai §lirces vaks
(BOND-III) ir uzlikts. Ja Slirce vai $lirces stiprinajums k|Ust valigs, no Slirces var izsmidzinaties zem
spiediena esosais reagents.

Ja galvenais robots un/vai lielapjoma Skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka piecas sekundes
pec apstrades modula vaka atverSanas, nekavéjoties sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Neparvietojiet galvena robota sviru, kameér ir ieslégts apstrades modulis. Tas var izraisit robota
nobidi un nekvalitativu slaidu iekrasojumu.

Robota parvietota parvietoSanas gadijuma izslédziet apstrades moduli, uzgaidiet 30 sekundes un

Veicot tiri§anas vai apkopes darbus, vienmeér izslédziet apstrades moduli (iznemot automatizétos
tiriSanas darbus, pieméram, atsuk$anas zondes tirisanu).

BOND-III lielapjoma Skidrumu roboti ir parvietojami gar slaidu iekraso$anas blokiem, lai
nodro$inatu lietotajiem piek|uvi tirisanas nolka. So procediru drikst veikt tikai tie operatori, kuri ir
bridinati par iespejamo bistamibu un sanémusi atbilstoSu apmacibu.

Slaidu iekrasoSanas bloki satur kustigas dalas, kas var izraisit smagus ievainojumus. Apstrades
modula darbibas laika turiet pirkstus drosa attaluma no slaidu iekraso$anas bloka atveres.

>p> BEEEE PP

Pirms méginat manuali atbloket slaidu iekrasosanas blokus, izsledziet apstrades modula
baroSanas sledzi, izsledziet stravas padevi un atvienojiet stravas padeves kontaktspraudni no
kontaktligzdas.
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Slirces stkna modulis (BOND-III) ir smags un péc atvieno$anas tas var nokrist uz prieksu. So
proceduru drikst veikt tikai tie operatori, kuri ir bridinati par iespéjamo bistamibu un sanémusi
atbilstoSu apmacibu.

Apstrades modula pacelSanai neizmantojiet divus melnos rokturus, kas atrodas uz BOND-II
apstrades modula aizmuguréja apvalka.

> [

Elektribas trieciena apdraudejumi

Nenonemiet apstrades modula apvalkus un neméginiet piek|ut ierices iek$ejiem komponentiem.
BOND apstrades modula iekSiene ir bistams spriegums, un $os uzdevumus drikst veikt tikai Leica
Biosystems apstiprinati kvalificéti apkopes tehniki.

Nemainiet apstrades modula darba spriegumu. Ja apstrades modulis ir pieslégts nepareizam
baroSanas avota spriegumam, var rasties nopietni bojajumi. Sazinieties ar klientu atbalsta

dienestu, lai mainitu iestatijumu.

Apstrades modulim jabut pieslégtam pie zemétas stravas kontaktligzdas un tas ir janovieto ta, lai
personals varéetu viegli atvienot stravas padeves kabeli, neparvietojot instrumentu.

Neapejiet droSinatajus un neizraisiet to 1sslégumu.

>P BB

Izslédziet apstrades moduli un atvienojiet stravas padeves vadu pirms droSinataju nomainas.
Nomainiet droSinatajus tikai ar standarta detalam. Ja droSinataji izdeg atkartoti, sazinieties ar
klientu atbalsta dienestu.

Visparigas piesardzibas norades

Piesardzibas norades ir pazinojumi par bistamibu, kas var izraisit BOND iekartas bojajumus vai citas nelabveligas
sekas, kas neapdraud cilvékus.

Piesardzibas noradés ir izmantoti simboli ar melnu apmali un baltu fonu.

Visparigas BOND sistéma piesardzibas norades ir sniegtas talak. Citas piesardzibas norades ir noraditas attiecigajas
rokasgramatas sadalas.

Uzstadisanas bistamiba

Neaizsedziet ventilacijas atveres, kas atrodas apstrades modula aizmuguréja apvalka. Tapat
neapklajiet ventilacijas atveres, kas atrodas uz §lircu durvim (BOND-MAX).
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Ekspluatacijas bistamiba

Novietojiet visas slaida etiketes dalas ta, lai tas atrastos visu slaidu malu iekSiené. Atsegtas lipigas
virsmas var izraisit slaidu etikesu (un slaidu) pielip§anu pie Covertile vai cita aprikojuma un slaida
sabojasanu.

Nenonemiet mazo $kidruma limena sensora vacinu no lielapjoma konteinera (BOND-MAX), jo tas

var izraisit ta bojajumu. IztukSojiet un uzpildiet lielapjoma konteinerus, izmantojot tikai lielo
uzpildes/iztukSo$anas vacinu.

Tiriet visus nonemamos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem, nemazgajiet
nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina. Netiriet nevienu dalu ar

Skidinatajiem, kodigiem vai abraziviem tiriSanas Skidrumiem, vai raupjam vai abrazivam dranam.

Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali mazgasanas bloka
atvérumu vai slaidu iekraso$anas bloka iepludes punktu tiri§anai, jo kokvilnas uzgalis var
atvienoties un izraisit nosprostojumus.

Nespiediet lielapjoma konteinerus atpakal vieta, jo tas var sabojat konteineru un Skidruma sensoru.

Neizmantojiet bojatus slaidus. Pirms ievieto$anas apstrades moduli nodroSiniet, ka visi slaidi ir
pareizi novietoti uz slaidu paliktniem un ka visi Covertile ir pareizi novietoti (skat. 2.6.2 BOND
Universal Covertiles).

Pirms sérijas apstrades uzsakSanas vai apstrades modula inicializeéSanas parliecinieties, ka Slirces
modulis (BOND-III) ir pilniba aizverts (skat. 12.4.1 Manuala slaidu iekrasosanas bloku atblokesana).
Pretéja gadijuma ierices darbibas laika var tikt bojatas Slirces.

Pirms augsejas platnes tirisanas vai nonems$anas parbaudiet, vai lielapjoma Skidrumu roboti
(BOND-III) atrodas sakuma pozicija apstrades modula aizmugure un vai tie neatrodas gar slaidu
iekrasoSanas blokiem.

>bpbbbBbbDbB

Reagentu bistamiba

Savstarpéji nesaderigu Skidumu saskares pielausanas rezultata var tikt ieguti neapmierinosi

iekrasoSanas rezultati un potenciali izraisiti apstrades modula bojajumi. Sazinieties ar Leica
Biosystems lai noteiktu, vai Skidumi ir saderigi.

BOND apstrades modulos neizmantojiet ksilolu, hloroformu, acetonu, stipras skabes (piemeéram,
20 % HCI), spécigus sarmus (pieméram, 20 % NaOH). Ja kada no §im kimiskajam vielam izlist uz
BOND apstrades modula vai ta tuvuma, nekaveéjoties notiriet izSlakstito Skidrumu ar 70 % spirtu, lai

novérstu apstrades modula apvalku bojajumus.

Izmantojiet tikai BOND Dewax Skidumu BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos vai BOND-
PRIME Dewax Solution BOND-PRIME apstrades modulos. Neizmantojiet ksilolu, ksilola aizstajéjus
un citus reagentus, kas var bojat BOND sistémas dalas un izraisit $kidruma nopltdi.

> BB
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Normativie pazinojumi

Paredzetais merkis

BOND sistéma automatize iminkraso$anas kliniskos protokolus patologijas paraugiem, kas nostiprinati
IVD uz mikroskopa slaidiem. Péc tam kvalificéts veselibas aprupes specialists veic mikroskopa slaidu
interpretaciju, lai palidzetu noteikt diagnozi.

FCC athilstiba

Siiekarta ir parbaudita un atzita par atbilstosu FCC noteikumu 15. panta B. apak$punkta noteiktajiem ierobezojumiem
par A klases digitalajam iericém. Sie ierobezojumi ir izstradati nolika nodroinat pamatotu aizsardzibu pret kaitigiem
traucéjumiem, ja iekarta tiek darbinata komercialos apstaklos. ST iekarta generé, izmanto un var izstarot radiovilnu
energiju, un, ja ta netiek uzstadita un lietota saskana ar lietoSanas instrukciju, ta var izraisit kaitigus radiosakaru
traucéjumus. Sis iekartas darbinasana dzivojama zona var izraisit kaitigus traucéjumus, un $ada gadijuma lietotajam
bus janovers traucéjumi uz sava rekina.

Lai nodroSinatu atbilstibu, izmantojiet iekartu tikai ar komplektacija ieklautajiem kabeliem.

BRIDINAJUMS: Jebkuras izmainas vai modifikacijas, kuras nav skaidri apstiprinajis Leica
Biosystems, var anulét lietotaja tiesibas darbinat So iekartu.

CE markéjums

CE Zime nozimé atbilstibu piemeérojamajam ES direktivam, kas noraditas razotaja atbilstibas
c deklaracija.

Noradijumi in vitro diagnostikas iekartai profesionalai lietoSanai

STIVD iekarta atbilst standarta IEC 61326 2-6. sadala noteiktajam emisiju un imunitates prasibam.
Pirms ierices darbinasanas ir janoverté elektromagnétiska vide.

Nelietojiet So ierici speciga elektromagnétiska starojuma avotu tuvuma (pieméram, neekranéti apzinati radiovilnu
avoti), jo tie var traucét ierices pienacigu darbibu.

BRIDINAJUMS: STiekarta ir izstradata un parbaudita atbilstosi standarta CISPR 11 A klasei. Majas
apstak|os ta var izraisit radio traucejumus, un Sada gadijuma var but nepiecieSams veikt pasakumus
trauc&jumu mazinasanai.

Normativas prasibas datoriem: registréts UL (UL 60950), IEC 60950 sertificéts.
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UZMANIBU! Saskana ar federalajiem tiesibu aktiem $o ierici ir at|auts iegadaties tikai licencétiem
veselibas aprupes specialistam vai péc ta noradijuma.

lekartas klasifikacija saskana ar CISPR 11 (EN 55011)

Stiekarta ir klasificéta ka 1. grupas A klases iekarta saskana ar standartu CISPR 11 (EN 55011). Grupas un klases
skaidrojums ir sniegts talak.

1. grupa — attiecas uz visam iekartam, kas nav klasificétas ka 2. grupas iekartas.

2. grupa — attiecas uz visam ISM RF iekartam (ripnieciskas, zinatniskas un mediciniskas iekartas ar radiofrekvenci),
kuras radiofrekvencu energija frekvenéu diapazona no 9 kHz lidz 400 GHz tiek apzinati generéta un izmantota vai tikai
izmantota elektromagnétiska starojuma veida, induktivas un/vai kapacitativas saites veida materialu apstrades vai
parbaudes/analizes noltkiem.

A klase — attiecas uz visam iekartam, kas piemérotas lietoSanai visas iestadés, iznemot dzivojamas ekas un ekas, kas
tiesSi pieslegtas zemsprieguma elektroapgades tiklam, kas apgada dzivojamas ekas.

B klase — attiecas uz visam iekartam, kas piemérotas lietoSanai dzivojamajas ekas un ekas, kas tieSi pieslegtas
zemsprieguma elektroapgades tiklam, kas apgada dzivojamas ekas.

Definicijas

ISM — rupniecisks, zinatnisks un medicinisks

RF — radio frekvence
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Simbolu skaidrojums

Saja sadala aprakstiti zalu mark&juma izmantotie regulativie un drosibas simboli.

Normativie simboli

Leica Biosystems produktos izmantoto normativo simbolu skaidrojums.

Saja glosarija ir ieklauti attélu simboli, kas noraditi atbilstosajos standartos, tomér var atskirties dazu
simbolu krasa.

Talak ir produkta markejuma izmantoto simbolu saraksts un to nozime.

1ISO 152231

Mediciniskas ierices — simboli, kas lietojami kopa ar medicinisko iericu etiketem, markejumu un sniedzamo
informaciju — 1. dala. Visparigas prasibas.
Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

ISO 15223-1 51.1. RaZotdjs
Norada mediciniskas ierices razotaju.

ISO 15223-1 5.1.2. Pilnvarotais parstavis Eiropas Kopiena
Norada pilnvaroto parstavi Eiropas Kopiena.

Norada mediciniskas ierices izgatavoSanas datumu.

1SO 15223-1 5.14. |zlietot idz (deriguma termins)
Norada datumu, péc kura medicinisko ierici nedrikst lietot.

ﬂ ISO 15223-1 5.1.3. IzgatavoSanas datums

LOT ISO 15223-1 5.1.5. Partijas kods
Norada razotaja partijas kodu partijas vai sérijas identificeSanai.

REF ISO 15223-1 5.1.6. Kataloga numurs / atsauces numurs
Norada razotaja kataloga numuru mediciniskas ierices
identificesanai.

SN ISO 15223-1 51.7. Sérijas numurs
Norada razotaja sérijas numuru konkrétas mediciniskas ierices
identificeésanai.
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Simbols
% 1SO 152231
>, 1SO 152231
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i

I 1SO 15223-1

« 2, 150152231

T
&
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A\

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

1S0 152231
IVD

5.1.8.

5.1.9.

5.3.1.

5.3.4.

5.3.7.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.5.1.

Standarts/Regula Atsauce Apraksts

Importétajs

Norada organizaciju, kas importé medicinisko ierici Eiropas Savieniba.

Izplatitajs
Norada personu, kas izplata medicinisko ierici attiecigaja vieta.

Trausls; rikoties uzmanigi
Norada medicinisko ierici, kuru var salauzt vai sabojat, ja ar to
nerikojas uzmanigi.

Sargat no lietus
Norada, ka transportésanas iepakojums jaglaba sausos apstak|os,
aizsargajot no lietus iedarbibas.

Temperatiras ierobezojums
Norada temperaturas robezvertibas, kadam var drosi pak|aut
medicinisko ierici.

Nelietot atkartoti
Norada medicinisko ierici, kas paredzéta vienreizgjai lietoSanai vai
lietoSanai vienam pacientam vienas proceduras laika.

Skatit lietoSanas instrukciju
Norada, ka lietotajam ir jaskata lietoSanas instrukcija.

Uzmanibu!

Norada, ka lietotajam ir jaizlasa lietoSanas instrukcija izklastita
svariga piesardzibas informacija, piemeéram, bridinajumi un
piesardzibas pasakumi, kurus dazadu iemeslu dé| nevar noradit uz
medicinas ierices.

In vitro diagnostikas mediciniska ierice
Norada medicinisko ierici, ko paredzets izmantot ka in vitro
diagnostikas medicinisko ierici.
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1ISO 7000

Grafiskie simboli izmanto$anai uz aprikojuma — registrétie simboli.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

ISO 7000 1135 Parstradat
Norada, ka atzimétais vienums vai ta materials ir atjaunoSanas vai
parstrades procesa dala.

ISO 7000 1640 Tehniska rokasgramata; apkopes rokasgramata
Norada vietu, kur tiek glabata rokasgramata, vai sniedz informaciju
attieciba uz ierices apkopes instrukcijam. Lai noraditu, ka, veicot
ierices apkopi, tuvu vietai, kur atrodas simbols, jaievero tehniskas
apkopes rokasgramata vai norades.

= 28

ISO 7000 2594 Ventilacijas |luka atvérta
Norada vadiklu, kas |auj ara gaisam iek|ut iekStelpu vide.

ISO 7000 3650 USB
Norada, ka pieslegvieta vai spraudnis athilst universalas serialas
kopnes (USB) visparigajam prasibam. Norada, ka ierice ir pievienota
USB pieslégvietai vai ir saderiga ar USB pieslégvietu.

> W

IEC 60417

Grafiskie simboli izmantos$anai uz aprikojuma.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

IEC 60417 5007 leslégts
Norada uz pieslegumu elektrotiklam, vismaz attieciba uz elektrotikla

sledziem vai to poziciju, ka art visiem gadijumiem, kas ir saistiti ar
drosSumu

IEC 60417 5008 Izslegts
Norada uz atvienojumu no elektrotikla, vismaz attieciba uz elektrotikla

sledziem vai to poziciju, ka art visiem gadijumiem, kas ir saistiti ar
droSumu

I[EC 60417 5009 Gaidstave
Q Norada sledzi vai slédZa poziciju, ar kuru ieslédz iekartas dalu, lai to
+—

parslégtu gaidstaves stavoklt

IEC 60417 5016 DroSinatajs
Norada drosinataju karbas vai to atrasanas vietu.
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Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

IEC 60417 5019 Aizsargzeméjums: zemejums
Terminalis, kas paredzets pieslegSanai arejam vaditajam aizsardzibai
pret elektroSoku bojajuma gadijuma, vai aizsargzemejuma
(zemgjuma) elektroda terminalim.
IEC 60417 5032 Vienfazes mainstrava
N Norada uz tehnisko datu plaksnes, ka ierice ir piemérota izmantoSanai
tikai mainstravas tikla; lai identificétu pareizos terminalus.
‘ IEC 60417 5134 Pret elektrostatisko izladi jutigas ierices
“ A lepakojumi, kuros ir pret elektrostatisko izladi jutigas ierices, ierice vai
savienotajs, kam nav parbaudita noturiba pret elektrostatisko izladi.
% IEC 60417 5988 Datortikls
Norada pasSu datortiklu vai norada datortikla savienojoSos terminalus.
IEC 60417 6040 Bridinajums: ultravioletais starojums
@ Bridinajums par ultravioletas (UV) gaismas klatbatni izstradajuma
- korpusa, kas var but pietiekami stiprs, lai izraisitu risku operatoram.
Pirms atvérSanas izsledziet UV lampu. Apkopes laika izmantojiet acu
un adas aizsarglidzek|us pret UV starojumu.
IEC 60417 6057 Uzmanibu: kustigas da|as
DroSibas norade, lai neatrastos kustigu daju tuvuma.
® IEC 60417 6222 Informacija; visparigi
1 Norada vadibas ierici iekartas stavok|a, pieméeram, daudzfunkcionalu
kopésanas iekartu, parbaudei
BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04 15
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Citi simboli un markéjums

Simbols

13(Only

C€

Standarts/Regula Atsauce Apraksts

21 CFR801.15(c)
(TiF

Instrumenta
athilstibas
deklaracija ir
noraditas
direktivas, kuram
athilst sistéma

Direktiva
2012/19/EK ES par
elektrisko un
elektronisko
iekartu
atkritumiem (EEIA)

AS/NZS 44171

Kinas Tautas
Republikas
Elektroniskas
rupniecibas
standarts
SJ/T11364

Tikai ar recepti

ASV Partikas un zalu parvalde (FDA) $o atzinusi ka alternativu
bridinajumam “Uzmanibu! Saskana ar federalajiem tiesibu aktiem $o
ierici ir atlauts iegadaties tikai licencétiem arstam vai péec ta

noradijuma.”

Eiropas atbilstiba
Instrumenta atbilstibas deklaracija ir noraditas direktivas, kuram
atbilst sistema.

Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu (EEIA) direktiva
Elektronisko izstradajumu nedrikst izmest ka neSkirotus atkritumus,
bet tas ir janosuta uz atseviSku savaksanas punktu otrreizéjai
parstradei.

Sis mark&jums uz ierices norada, ka:

* Jerice tika ieviesta Eiropas tirgu péc 2005. gada 13. augusta.

» lerici nedrikst izmest, izmantojot sadzives atkritumu
savakSanas sistému neviena no Eiropas savienibas valstim.

Patérétajiem ir jaizprot un jaievero visi tiesibu akti attieciba uz pareizu
dekontaminaciju un elektrisko iekartu drosu likvidesanu.

Normativas atbilstibas zime (RCM)

Norada atbilstibu Australijas Komunikaciju plassazinas lidzek|u
iestades (Australian Communications Media Authority — ACMA)
prasibam (drosiba un EMS) Australijai un Jaunzélandei.

lerobeZojumi attiectba uz bistamam vielam (RoHS 2)

Norada, ka Sis elektroniskas informacijas izstradajums satur
noteiktus toksiskus vai bistamus elementus un to var droSi lietot ta
vides aizsardzibai atbilstigaja lietoSanas laika. Cipars logotipa vidu
norada izstradajuma vides aizsardzibai atbilstigo izmantoSanas
periodu (gadu izteiksme). Aréjais aplis norada, ka izstradajumu var
parstradat. Sis logotips arf norada, ka izstradajums ir atkartoti
parstradajams uzreiz péc tam, kad ir beidzies ta vides aizsardzibai
athbilstigais lietoSanas periods. Datums uz markéjuma norada
razo$anas datumu.
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Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

b Kinas Tautas

|e’ Republikas
Elektroniskas
rupniecibas
standarts
SJ/T11364

F@ Amerikas
Savienoto Valstu
Federalo
noteikumu
kodeksa
47. sadalas

15. pants

GUS /P

LISTED

@® CSA International
C us

\WTERTE,

.~

RH | "P

10% - ©3%

lerobeZojumi attieciba uz bistamam vielam (RoHS 2)

Norada, ka Sis elektroniskas informacijas izstradajums nesatur
bistamas vielas vai neparsniedz standarta GB/T 26572 noteiktas
koncentracijas robezvertibas. Tas ir videi nekaitigs izstradajums, kuru
var parstradat.

Federala Komunikaciju komisija (FCC)
Sis izstradajums ir parbaudits un atzits par atbilstosu FCC noteikumu
15. panta noteiktajiem ierobezojumiem.

Underwriters Laboratories (UL) sertifikacijas zZime
Kompanija “Underwriters Laboratories” ir apliecinajusi, ka registrétie
izstradajumi atbilst gan ASV, gan Kanadas droSibas prasibam.

lerice, kas parbaudrta testéSanas agentiira “CSA Group”
Kompanija “CSA Group” ir apliecinajusi, ka registrétie izstradajumi
atbilst gan ASV, gan Kanadas dro$ibas prasibam.

lerice, kas parbaudrta testéSanas agentiira “Intertek”
Testé$anas agentira “Intertek” ir apliecinajusi, ka registrétie
izstradajumi atbilst gan ASV, gan Kanadas dro$ibas prasibam.

Relativa mitruma diapazons

Norada pielaujamos relativa mitruma augsejo un apaks$ejo
ierobeZojumu transporté$anai un glabasanai. Sim simbolam pievieno
piemerojamos relativa mitruma robezvertibas.

Nesavienota pieslégvieta
Sim izstradajumam ir nesavienota Slirces sukna piesléegvieta.
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Drosibas simboli

Leica Biosystems produktos izmantoto droSibas simbolu skaidrojums.

1ISO 7010

Grafiskie simboli — drosibas krasas un droSibas zimes — registrétas drosibas zimes.

Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts

A 1SO 7010
& 1S0 7010
1S0 7010
A 1SO 7010
1S0 7010
& 1S0 7010
& 1S0 7010
& 1S0 7010
A 1S0 7010

WO001

W004

W009

W012

WO016

WO017

W020

WO021

W022

Visparigs bridingjums

Norada, ka lietotajam ir jaizlasa lieto$anas instrukcija izklastita
svariga piesardzibas informacija, piemeéram, bridinajumi un
piesardzibas pasakumi, kurus dazadu iemeslu del nevar noradit uz
medicinas ierices.

Bridinajums: |azera stars
Lazera apdraudejums. lespeéjami smagi acu bojajumi. Izvairieties no
acu nonak$anas tieSa saskare ar lazera stariem.

Bridindjums: biologiskais apdraudéjums
Biologiskais apdraudéjums. lespéjama saskare ar biologisko

apdraudejumu. leveérojiet pavaddokumentacija sniegtos noradijumus,
|lai izvairitos no iedarbibas.

Uzmanibu: elektribas trieciena risks
Elektribas trieciena apdraudéjums. Potencials elektribas trieciena

risks. leverojiet pavaddokumentacija sniegtos noradijumus, lai
izvairitos no personu traumam vai aprikojuma bojajumiem.

Bridinajums: toksisks materials
Toksisks apdraudéjums. lespejama nopietna ietekme uz veselibu, ja
netiek ieverotas atbilstoSas proceduras ricibai ar kimiskam vielam.

Rikojoties ar reagentiem, valkajiet cimdus un aizsargbrilles.

Bridinajums: karsta virsma

Karstuma bistamiba. Pieskaroties karstam virsmam, tas var izraisit
apdegumus. Izvairieties no pieskarSanas dalam, kas apzimétas ar So
simbolu.

Bridinajums: Skerslis virs galvas
Virs galvas Skerslis. Uzmanieties, lai netiktu notriekts vai neiek|utu
virs galvas esosais Skerslis.

Bridinajums: uzliesmojoss materials
Uzliesmosanas bistamiba. Ugunsnedro$i materiali var aizdegties, ja
netiek ieveroti pienacigi piesardzibas pasakumi.

Bridinajums: ass elements
Ass elements. Uzmanieties, lai nesavainotos ar asiem elementiem
(piem., adatam, asmeniem).
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Simbols Standarts/Regula Atsauce Apraksts
ISO 7010 W023 Bridinajums: kodiga viela
é Kimiska bistamiba, ko izraisa kodiga viela. lesp&jama nopietna

ietekme uz veselibu, ja netiek ieveroti pienacigi piesardzibas
pasakumi. Vienmeér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus. Nekaveéjoties

savaciet izS|akstijusos materialus saskana ar standarta laboratorijas
praksi.

IS0 7010 W024 Bridinajums: roku saspieSana
SaspieSanas draudi. Noslédzot ierices mehaniskas dalas, var tikt

saspiestas rokas vai citas kermena dalas.

IS0 7010 W072 Bridinajums. Bistamiba videi
A % Bistamiba videi. Viela vai maisijums, kas var izraisit bistamibu videi.
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1.1 Sistemas parskats

Apsveicam ar pilniba automatizétas imdnhistokimijas (IHC) un in situ hibridizacijas (ISH) iekraso$anas BOND
sistemas iegadi! Més esam parliecinati, ka ta nodroSinas jusu laboratorija nepiecieSamo iekraso$anas kvalitati,
caurlaidspéju un lietoSanas értumu. BOND sistéma ir paredzeta atbilstoSi apmacitu laboratorijas darbinieku
lietoSanai.

BOND sistéma var ietvert vairakus apstrades modulus, ko koordiné BOND kontrolleris.
Ir tris apstrades modulu (PM) veidi:

o BOND-IIl un BOND-MAX - katrs ar 30 slaidu ietilpibu. lekarta var vienlaikus apstradat tris sérijas ar lidz pat
10 slaidiem katra, nepiecieSamibas gadijuma izmantojot dazadus iekrasoSanas protokolus un uzsakot katras
sérijas apstradi atseviski, lai nodroSinatu nepartrauktu apstradi. Vienu vai vairakas proceduras var iestatit

multipleksa iekrasoSanai, bet otru var izmantot, lai apstradatu DAB vai sarkano vienas reizes iekraso$anu.

o BOND-PRIME - 24 neatkarigi iekrasoSanas protokoli un nepartraukta apstrade ar 72 slaidu ietilpibu.

BOND programmatura atvieglo slaidu iestatiSanu un iekraso$anu. Izmantojiet ripigi parbauditus protokolus, kas
iek|auti sistémas komplektacija, vai izveidojiet savus protokolus. Atlasiet no plasa BOND lieto$anai gatavu reagentu
klasta vai izmantojiet citas antivielas vai zondes, apvienojot tas ar dazadam augstas kvalitates BOND noteikSanas
sisttmam. Pec virtualos slaidu izveidoSanas programmatura vai to importéSanas no laboratorijas informacijas
sistemas (LIS), izdrukajiet etiketes (vai izmantojiet LIS izdrukatas etiketes), piestipriniet tas slaidiem un péc tam
ieladejiet slaidus apstrades moduli. BOND sistéma parupéjas par paréjo, konsekventi un uzticami veicot augstas

kvalitates iekrasosanu.

@ Leica Biosystems piegadatie protokoli un reagentu produkti tiks paraditi programmatra ka Leica
Microsystems nodro$inati protokoli un reagentu produkti.
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BOND sistémas funkcijas ietver:
* augstu caurlaidspéju,
* pielagojamibu,
e droSibu,
e automatizetu IHC iekrasosanu un iekrasosanu ar kontrastvielu,
e automatizetu ISH iekrasoSanu un iekrasoSanu ar kontrastvielu,
 Automatizetu karséSana, atvaskoSana un izguvie
» Automatizéta multipleksa iekrasosana.
Més esam parliecinati, ka BOND sistema bus vertigs papildinajums jusu laboratorija.
Skatit sadalas:
» 1.2 Palidzibas sanemsSana
e 1.3 Pirmie soli

» 1.4 Protokola izpilde — darbplusmas

1.2 Palidzibas sanemsana

BOND lietotaja rokasgramata (St rokasgramata) PDF formata ir instaléta visos kontrolleros (vienai darba vietai) un
terminalos (BOND-ADVANCE). Ta ir piegadata ari kopa ar sistemu USB formata.

Help
X . - - — .. . - . v . . T, T .
So lietotaja rokasgramatu varat skatit, funkcijas josla noklikskinot uz ikonas Help (Palidziba) abiem BOND
programmaturas klientiem vai atverot to no darbvirsmas ikonas.

Problemu gadijuma ar BOND sistéemu, sazinieties ar vietéjo Leica Biosystems parstavi vai skatiet Seit:
www.leicabiosystems.com.
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1.3 Pirmie soli

Saja sadala ir izklastits, kura vieta lietotaja rokasgramata lietotaji, kas sak izmantot sistému BOND, var atrast
informaciju, lai pilntba iepazitos ar produktu.

DET T

Apraksts

UzstadiSana un nodo3ana ekspluatacija
AparatUras iestatiSana, instaléta programmatura,
sistemas parbaude.

To veic Leica Biosystems parstavji vai pilnvarots
izplatitajs.

Izlasiet sada|u ,Drosiba”

lepazistieties ar BOND sistémas drosibas
prasibam.

Parziniet savu aparatlru
lepazistieties ar BOND aparaturas nosaukumiem
un pielietojumu.

Parziniet savu programmaturu
legUstiet visparéju izpratni par programmaturu
un tas lietoSanu.

Parbaudiet protokolus un reagentus
Reagenti un protokoli var bit iestatiti
instaléSanas laika:

» Parbaudiet, vai ir iestatiti protokoli, ar
kuriem vélaties apstradat sérijas.

» Parbaudiet, vai ir iestatiti jusu centra
nepiecieSamie reagenti.

Protokola izpilde
Iss parskats.

Plasaks parskats.

Padzilinati

Ja nepiecieSams, iegustiet padzilinatu izpratni
par programmataru.

Darbs ar LIS
Papildu pakotne |auj izveidot savienojumu ar
laboratorijas informacijas sistemu (LIS).

Ripes par savu BOND sistému
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Rokasgramatas sadala

Visparigi bridinajumi un Visparigas piesardzibas
norades

2 Aparatura

3 Programmataras parskats (BOND kontrolleri)

7 Protokoli (BOND kontrollert)
8 Reagentu parvaldiba (BOND kontrolleri)

1.4 Protokola izpilde — darbplusmas
4 Atra palaide
5 BOND-IIl un BOND-MAX statusa ekrani (BOND

kontrollert) lidz 9 Slaidu vésture (BOND
kontrollert)

11 LIS integracijas pakotne (BOND kontrolleri)

12 Tiriana un apkope (tikai BOND-III un BOND-
MAX)
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1.4 Protokola izpilde — darbplusmas

1.4.1  BOND-IIl un BOND-MAX

BRIDINAJUMS: Lai izvairitos no reagentu un slaidu piesarnojuma, apstrades modulis ir jalieto tira
vide, kas ir pec iespéjas briva no putekliem un dalinam.

Talak ir sniegts parskats par slaidu paplates iekraso$ana veicamajam standarta darbibam. lestatot atSkirigus opciju

iestatijumus, ir iespejamas citas darbplusmas.

1.4.1.1 Sakotnejas parbaudes un uzsaksana

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis ir tirs un ir veikti visi apkopes uzdevumi (12.1 Tirisanas un apkopes
grafiks). Ikdienas uzdevumi pirms lieto$anas:

a parbaudit, vai lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi vairak neka lidz pusei,

b parbaudrt lielapjoma reagentu konteinerus. Ja nepiecie§ams, uzpildiet.

2 parbaudit mazgasanas blokus un maisiSanas iekartu — nepiecieSamibas gadijuma notirit vai nomainit to,
3 parbaudit, vai slaidu marketaja ir etiketes un drukas lente, un vai tas ir ieslégts.

4 leslédziet apstrades moduli, kontrolleri (un terminali BOND-ADVANCE) un atveriet BOND klinisko klientu.

1.4.1.2 Reagentu konfigurésana
1 NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet reagentus sistéma (8.2.1 Reagentu pievienosana vai redigesana).

2 Registréjiet reagentu konteinerus (8.3.3 Reagentu un reagentu sistému registresana).

1.4.1.3 Protokolu konfigurésana

1 NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet jaunus protokolus (7.3 Jaunu protokolu izveidosana).

1.4.1.4 Slaidu konfigurésana

1 lzveidojiet programmatdra lietas (6.3.3 Lietas pievienosana).
2 lzveidojiet programmatura slaidus (6.5.2 Slaida izveido$ana).
3 lzdrukajiet slaidu etiketes un markgjiet ar tam slaidus (6.6.1 EtikeSu drukasana un uzlimesana uz slaidiem).

4 Novietojiet slaidus un Covertile uz slaidu paliktniem (4.1.3 Slaidu iestatisana).
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1.4.1.5 Apstrades modula ieladéSana un serijas apstrades uzsaksana

1 levietojiet slaidu paliktnus apstrades moduli (4.1.3.5 Slaidu ielade).
2 leladgjiet apstrades moduli noteik$anas sistemu un reagentu paplates (4.1.4 Reagentu iepildisana).

4 Ekrana System status (Sistémas statuss) parbaudiet, vai visi slaidi ir identificeti — manuali identificéjiet tos
slaidus, kas netika identificéti automatiski (5.1.5.2 Manuala slaidu identificésana iekarta).

5 Apskatiet un noversiet visas bridinajuma norades ekrana System status (Sistémas statuss).

6 Noklikskiniet uz pogas B (o uzsaktu sérijas apstradi.

1.4.1.6 Sérijas apstrades uzraudziba

1 Uzraugiet sérijas apstrades gaitu ekrana System status (Sistémas statuss) (5.1 Ekrans System Status
(Sistemas statuss)) vai BOND informacijas paneli (3.5 BOND-ADVANCE informacijas panelis). Apskatiet un
noversiet visus pazinojumus.

1.4.1.7 Slaidu un reagentu izladésana

1 Kad sérijas apstrade ir pabeigta, iznemiet noteikSanas sistému un reagentu paplates un novietojiet reagentus
uzglabasanai (4.1.6 Pabeigsana).

uzglabajiet tos temperatlra no +2 lidz +8°C (no +36 lidz +46°F). Skatiet ar1 2.2.7 Lielapjoma

‘ Ja apstrades modulis netiek izmantots, iznemiet lielapjoma konteinerus ERT un ER2 un
konteineru nisa.

paplates.

3 Iznemiet Covertiles un iztiriet (12.3 Covertiles).

‘ Covertiles tirisanas laika neatstajiet slaidus paliktnos.

4 Iznemiet slaidus.

5 Notiriet iz§|akstijuSos materialus vai traipus no slaidu iekraso$anas blokiem (12.4 Slaidu iekrasosanas bloks),
citam apstrades modula dalam un slaidu vai reagentu paplatém.

1.4.1.8 Mitrinasana BOND-MAX un BOND-III sistema

Péc iekrasoSanas procesa pabeigsanas slaidi tiks mitrinati, lidz tos nonemsiet. BOND-MAX un BOND-III - slaidi
izbidamaja paliktni tiks periodiski mitrinati ar noradito mitrinasanas Skidrumu, lidz izbidamie paliktni tiks pacelti.
Parliecinieties, ka péec izbidama paliktna pacelSanas nekavejoties iznemiet paliktnus no apstrades modula.
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1.4.2  BOND-PRIME

Informaciju skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

1.4.2.1 Sakotnejas parbaudes un uzsaksana
1 leslédziet kontrolleri (un terminali BOND-ADVANCE) un atveriet BOND klinisko klientu.
2 parbaudit, vai slaidu marketaja ir etiketes un drukas lente, un vai tas ir ieslegts.
3 Inicializéjiet BOND-PRIME apstrades moduli un piesakieties.

4 Pabeidziet visus darbibas rindas uzdevumus, kas parada, ka darbiba ir nepiecieSsama “Soon” (Driz) vai “Now”
(Tagad).
1.4.2.2 Reagentu konfigurésana
1 NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet reagentus sistéma (8.2.1 Reagentu pievienosana vai redigésana).

2 Registrejiet reagentu konteinerus (8.3.3 Reagentu un reagentu sistému registrésana).

1.4.2.3 Protokolu konfigurésana

1 NepiecieSamibas gadijuma izveidojiet jaunus protokolus (7.3 Jaunu protokolu izveidosana).

1.4.2.4  Slaidu konfiguresana

1 lzveidojiet programmatra lietas (6.3.3 Lietas pievienosana).

2 lzveidojiet programmatura slaidus (6.5.2 Slaida izveidosana).

3 lzdrukajiet slaidu etiketes un markgjiet ar tam slaidus (6.6.1 EtikeSu drukasana un uzlimesana uz slaidiem).

1.4.2.5 BOND-PRIME apstrades modulr:

1 ieladeét reagenta paplati un noteik3anas sistémas paplati;
2 ieladet slaidus priekSielades atvilktne.

3 Pec tam slaidi tiek skengti, parvietoti no atvilktnes un automatiski apstradati.

1.4.2.6 BOND-PRIME sistemas mitrinasana

Péc iekrasoSanas procesa pabeigSanas slaidi tiks mitrinati, lidz tos nonemsiet. BOND-PRIME - slaidi tiek parvietoti uz
izkrau$anas atvilktni, kur tie tiks mitrinati atvilktné ar destilétu adeni (DI), lidz slaidi tiks iznemti.
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Aparatura

Informaciju par BOND-PRIME apstrades moduli skatiet atseviSka BOND-PRIME lietotaja
rokasgramata.

Si sadala ir paredzéta, lai sniegtu jums $adu informaciju:
* aprikojuma elementu nosaukumi BOND sistéma,
 So elementu funkcijas un sasaiste ar sistému kopuma,

* kur atrast papildu informaciju, piemeéram, par iekartas ekspluatacijas procediram un uzturéSanas
proceduram.

Plasaka informacija par komponentu iestatiSanu un pievienoSanu nav ieklauta aparattras apraksta, jo sistémas ir
iestatiSana un testéSana ir javeic kvalificetam specialistam. Ja jums ir nepiecieSams nomainit vai atkartoti pievienot
komponentus, informacija ir sniegta 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-III un BOND-MAX).

Attieciga gadijuma informacija par BOND-III un BOND-MAX apstrades moduliem ir sadalita atseviskas sadalas, lai jus

varétu atrak atrast attiecigo informaciju.
Skatiet sadalas:

e 2.1 BOND sistema

o 2.2 Apstrades moduli BOND-IIl un BOND-MAX
» 2.3 BOND Kontrolleris un terminali

» 2.4 Rokas svitrkodu skeneris

» 2.5 Slaidu markétajs

2.6 Paligaprikojums

e 2.7 Apstrades modula parvietoSana

» 2.8 Instrumenta ekspluatacijas partraukSana un utilizacija
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2.1 BOND sistema

Sistemu BOND veido Sadas galvenas sastavdalas:
« viens vai vairaki apstrades moduli (skatit 2.2 Apstrades moduli BOND-III un BOND-MAX),
Informaciju par BOND-PRIME apstrades moduli skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.
« BOND kontrolleris vai BOND-ADVANCE kontrolleris (skatit 2.3 BOND Kontrolleris un terminali).

BOND-ADVANCE instalacijam ir terminali un kontrolleris, ka ari tas var ietvert sekundaro (dubléjuma)
kontrolleri,

« viens vai vairaki rokas svitrkodu skeneri (skatit 2.4 Rokas svitrkodu skeneris),
« viens vai vairaki slaidu etikesu printeri (skatit 2.5 Slaidu marketajs).
Katra jauna BOND-III vai BOND-MAX apstrades modula komplektacija ir:
« 4 slaidu paplates (skatit 2.6.2.1 Slaidu paplates),
 /4reagentu paplates (skatit 2.6.2.2 Reagentu paplates),
+ 1 maisi$anas iekarta (skatit 2.2.9 Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta),
* 1 seSstura atslega §lircu stuknu nomainai,
* 1 Ethernet kabelis.
BOND-III vai BOND-MAX apstrades moduliem bus nepiecieSams arf:
 Covertiles (skatit 2.6.2 BOND Universal Covertiles),

« BOND noteik$anas sistémas un BOND lietoSanai gatavi reagenti vai koncentrati un/vai atvértie reagentu
konteineri (skatit 2.6.3 Reagentu sistémas un konteineri).

Informaciju par BOND-PRIME apstrades modula komplektaciju skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.
Pilnu un atjauninatu patérina sastavdalu un rezerves dalu sarakstu skatiet www.leicabiosystems.com.

Skatiet ari 3.1 Sistemas arhitektura.
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2.1.1  BOND Paligprodukti

BOND paligprodukti ir ipasSi paredzeti BOND sistemai, un to lietoSana palidz nodroSinat optimalus iekrasoSanas
rezultatus. BOND paligproduktu izmantoSana palidz ari uzturét apstrades moduli nevainojama stavokli un noverst ta
jajumus.

boja
@ Sistema BOND vienmer jaizmanto turpmak noraditie produkti, kurus nekada gadijuma nedrikst
aizstat ar citiem produktiem.

Papildu reagenti
« BOND Wash Solution (mazgasanas skidums) vai BOND-PRIME Wash Concentrate Solution (mazgasanas
koncentrata Skidums)
« BOND vai BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 un 2)
» BONDvai BOND-PRIME Dewax Solution (atvaskosanas $kidums)

BOND-III vai BOND-MAX paligmateriali

« BOND Plus slaidi un Apex BOND slaidi (vai stikla slaidi, kas atbilst sadala 2.6.1 Slaidi noraditajam
specifikacijam)

» BOND Universal Covertiles

 BOND atvertie konteineri (7 ml un 30 ml)

« BOND titréSanas konteineri un ieliktni (6 ml)

« BOND maisisanas flakons

» BOND Slide Label and Print Ribbon Kit

BOND-PRIME paligmateriali
« BOND Plus slaidi un Apex BOND slaidi (vai stikla slaidi, kas atbilst sadala 2.6.1 Slaidi noraditajam
specifikacijam)
« BOND atvertie konteineri (7 ml un 30 ml)
« BOND titréSanas konteineri un ieliktni (6 ml)
« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME piestcekni)
» BOND Slide Label and Print Ribbon Kit

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit (Atsvaidzinasanas komplekts) (ietver ARC Covertiles un Mixing Well Plate
(Sajauks$anas stativu))
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2.2 Apstrades moduli BOND-III un BOND-MAX

Apstrades modulis (PM) ir sistemas BOND iekrasosanas platforma. Vienas vietas BOND sistema var bt lidz
5 apstrades moduliem, un BOND-ADVANCE sistéma var but lidz 30 dazadu veidu apstrades moduliem.

BRIDINAJUMS: Apstrades modulim jabit pieslégtam pie zemétas stravas kontaktligzdas un tas ir
janovieto ta, lai personals varétu viegli atvienot stravas padeves kabeli, neparvietojot apstrades
moduli.

e 2.2.1 Galvenas sastavdalas

e 2.2.2 Apstrades modula inicializacija

e 2.2.3Vaks

o 2.2.4 Galvenais robots un ID attélveidotajs

e 2.2.5 Slaidu iekrasoS$anas bloki

e 2.2.6 Prieksgjais apvalks

e 2.2.7 Lielapjoma konteineru nisa

e 2.2.8 AtsukSanas zonde

e 2.2.9 MazgaSanas bloks un maisisanas iekarta
e 2.2.10 Lielapjoma Skidrumu roboti (tikai BOND-III)
o 2.2.11 Slirces

e 2.2.12 BaroSanas sledzis

e 2.2.13 Aizmuguréjais apvalks

2.2.1  Galvenas sastavdalas

Skatiet BOND-III un BOND-MAX galvenas sastavdalas:

e 2.2.1.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Turpmak esosajos fotoattélos ir redzami BOND-III galvenie apstrades modula komponenti. Tajas ir redzams
pasreizejais modelis — vecaku modelu izskats atSkiras, tomer galvenie komponenti ir tadi pasi.

Aizmuguréja apvalka apraksts ir sniegts 2.2.13 Aizmuguréejais apvalks.

Attéls 2-1: Skats uz iepriekséjo (kreisaja puse) un pasreizejo (labaja puse) BOND-III apstrades moduli no priekSpuses

Apziméjumi
1 Vaks 3 Priek3gjais apvalks
2.2.3 Vaks 2.2.6 Priek$ejais apvalks
2 Galvena robota svira 4 Lielapjoma konteineru nisa
2.2.4 Galvenais robots un ID attelveidotajs 2.2.7 Lielapjoma konteineru nisa
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Attéls 2-2: BOND-IIl apstrades modula priekSpuse

Apziméjumi
5 Lielapjoma $kidruma roboti 7 Slirces
2.2.10 Lielapjoma Skidrumu roboti (tikai BOND-III) 2.2.11 Slirces
6 Slaidu iekraso$anas bloki 8 Reagentu platforma
2.2.5 Slaidu iekrasosanas bloki 2.2.6.5 Reagentu platforma
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2.2.1.2  BOND-MAX

Turpmakajas fotografijas ir attélotas BOND-MAX apstrades modula galvenas sastavdalas. Tajas ir redzams
pasreizejais modelis — vecaku modelu izskats atSkiras, tomer galvenie komponenti ir tadi pasi.

Attéls 2-3: BOND-MAX apstrades modula priekSpuse

Apziméjumi
1 Vaks 4 Priek3gjais apvalks
2.2.3Vaks 2.2.6 Prieksejais apvalks
2 Robota svira 5 Lielapjoma konteineru nida
2.2.4 Galvenais robots un ID attelveidotajs 2.2.7 Lielapjoma konteineru nisa

3 Slaidu iekraso$anas bloki
2.2.5 Slaidu iekrasoSanas bloki
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Attéls 2-4: Skats uz BOND-MAX apstrades moduli no labas puses

ApzZimé&jumi
6 BaroSanas slédzis 9 Reagentu platforma
2.2.12 Barosanas sledzis 2.2.6.5 Reagentu platforma
7 AtsukSanas zonde 10 Slirce (skat. turpmak)
2.2.8 Atslk$anas zonde 2.2.11 Slirces

8 Mazgasanas bloks un maisiSanas iekarta
2.2.9 Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta

Aizmuguréja apvalka apraksts ir sniegts 2.2.13 Aizmugurejais apvalks.

Attéls 2-5: Slirce aiz durvim ar engém
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2.2.2  Apstrades modula inicializacija

lesledzot apstrades moduli, BOND sistéma veic ieksejas parbaudes, sagatavo fluidikas sistému un parvieto robotus to
sakumstavokli. Galvenais robots parvietojas uz apstrades modula aizmuguréjo kreiso sturi, un tris lielapjoma
Skidruma roboti (tikai BOND-III) parvietojas uz apstrades modula aizmuguri.

apturets, ja tiek konstatéta k|ume vai ja modulis atrodas apstradei nepiemeérota stavokli.
Parbaudiet $adus vienumus, pirms méginat inicializét apstrades moduli:

» vaksiraizverts,

« Priek$ejas durvis ir aizvértas (tikai BOND-MAX)

* lielapjoma atkritumu konteineri ir piepilditi mazak neka lidz pusei,

« Lielapjoma reagentu konteinerim ir atbilsto$s reagents

e maisiSanas iekarta atrodas sava vieta,

e maisisanas iekartas flakoni ir tuksi un tiri,

« slaiduiekrasoSanas bloku (SSA) aug$€jas platnes atrodas aizverta stavokli,

apstrades modula priekSpusé esoSais baroSanas LED indikators iedegas zala krasa, un BOND programmatura norada,
ka modulis ir savienots. Kad inicializacija ir pabeigta, apstrades modula cilné paradas ikona ar slaidu paliktniem
(skatit 5.1.1 Apstrades modula cilnes). Neméginiet izmantot apstrades moduli, kameér tas nav pilniba inicializéts.

2.2.3  Vaks

Vakam darbibas laika ir jabut aizvertam, un to aizsarga vieta blokétajierices.

.g BRIDINAJUMS: Aizverot apstrades modula vaku, ievérojiet piesardzibu, lai nesavainotu rokas, turiet
tas atstatu.

BRIDINAJUMS: Galvena robota darbibas laika atstk$anas zonde un lielapjoma $kidrumu roboti (tikai
BOND-III) var parvietoties bez bridinajuma un tada atruma, kas var izraisit ievainojumus.
Nemeéginiet atvert apstrades modula vaku sérijas apstrades laika.

Neméginiet apiet bloketajus, kas traucé apstrades modula darbibu, ja vaks ir atverts.

aptuveni piecas sekundes péc apstrades modula vaka atvér§anas, nekavejoties sazinieties ar klientu

é BRIDINAJUMS: Ja galvenais robots un/vai lielapjoma Skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka
atbalsta dienestu.
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2.2.4  Galvenais robots un ID attelveidotajs

Galvenais robots novieto atstk$anas zondi, lai ta atstktu un dozetu reagentus. Robota svira tur ID attélveidotaju, ko
izmanto apstrades modultievietoto slaidu un reagentu identificéSanai.

Attéls 2-6: Galvena robota attéls, kura bulta norada uz ID attélveidotaju

izraisit robota nobidi un nekvalitativu slaidu iekrasojumu.

Robota parvieto$anas gadijuma izslédziet apstrades moduli, uzgaidiet 30 sekundes un péc tam

| ﬁ BRIDINAJUMS: Neparvietojiet galvena robota sviru, kamér ir ieslégts apstrades modulis. Tas var

BOND sistéma skeneé katra slaida markejumu ta identifice$anas noltka (skat. 5.1.5.1 Automatiska slaidu
identificesana).
» Periodiskiir janotira ID attélveidotaja logs.

Skatiet noradijumus 12.9 D attelveidotajs.

o Jaatsuksanas zonde ir salauzta vai saliekta, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

2.2.5  Slaidu iekrasosanas bloki

elementiem. Tie var but |oti karsti un izraisit smagus apdegumus. Péc darbinasanas beigam atveéliet

ii BRIDINAJUMS: Izvairieties no saskares ar slaidu iekraso$anas blokiem un tiem apkart eso$ajiem
20 minutes laika, lai slaidu iekrasoSanas bloki un to apkart esosie elementi atdzistu.
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slaidu paliktnus. Rikojoties ar slaidu paplatém, vienmér valkajiet apstiprinatu aizsargapgérbu un

.4 BRIDINAJUMS: Potenciali bistami reagenti var sakraties ap slaidu iekraso$anas blokiem un piesarmot
cimdus.

Slaidus apstrada slaidu iekrasoSanas blokos. Katra apstrades modult ir tris slaidu iekraso$anas bloki.

Lai uzsaktu sérijas apstradi, operators ievieto slaidu paplati caur priek§€jo apvalku (aprakstits 2.2.6 Priekséjais
apvalks) un péc tam nospieZ ielades pogu. BOND sistéma uznem slaidu attélus. Ja slaidi ir saderigi (skatiet 6.9 Slaidu
saderiba) un visi reagenti ir pieejami, lietotajs var uzsakt sérijas apstradi. Plasaku informaciju par slaidu datu
ievadi$anu un slaidu ieladi skatiet Seit: 6 Slaidu iestatisana (uz BOND kontrollera).

Pirms apstrades BOND sistéma fiksé slaidus slaidu iekrasoSanas bloka. Ja BOND sistémas slaidu apstrades laika ir
janonem izbidamais paliktnis, tad vispirms ir jaatsakas no proceduras. Noklikskiniet uz | = P paliktna ekrana
System status (Sistemas statuss) (skatiet 5.1.7 Sérijas apstrades palaiSana un apturésana) un pec tam atblokéjiet
slaidu iekraso$anas bloku.

Plasaku informaciju par slaidu iekrasoSanas bloka tiriSanu un uzturesanu skatiet Seit: 12.4 Slaidu iekrasoSanas bloks.

Slaidu iekrasosanas bloka silditaji

nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

[ ]
» nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz jebkuras apstrades modula karstas virsmas,

 péc uzpildisanas vai iztukSo$anas nodrosSiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi

i E BRIDINAJUMS: Silditaji un apsildamas virsmas apstrades moduli var izraisit aizdeg$anas bistamibu:
noslegti.

* nenovietojiet liesmu vai aizdeg$anas avotu apstrades modulu tuvuma,

if BRIDINAJUMS: Dazi BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulf izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:
 pec uzpildisanas vai iztukSoSanas nodroSiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
nosléegti.
BOND-IIl un BOND-MAX apstrades moduli ir aprikoti ar sildelementu katra slaida pozicija. Katrs no Siem elementiem
tiek uzraudzits atseviski un temperataras k|Udas gadijuma tiek atziméts ka bojats (skatit Attels 2-7). Ja tiek noradits,
ka silditajs ir bojats, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Attéls 2-7: Atseviska silditaja kluda

Pozicija, kas atziméta ka bojata, nedrikst méginat palaist slaidu sériju, kurai nepiecieSama karsésana. Ja silditaja
darbibas traucejumi rodas serijas apstrades laika, tad attiecigaja pozicija esoSais slaids, iespéjams, nav ticis pareizi
apstradats.
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Ja silditaja darbibas traucéjumi izraisa potencialus droSibas riskus, apstrades modulis izslédz visus slaidu silditajus,
tostarp ikvienu paslaik apstrade esoSu ar temperaturu kontrolétu slaidu silditaju.

Attels 2-8: Pelekas krasas silditaja simboli katra pozicija norada pilnigu karséSanas izslegsanu

= =
S 3
S 3

Kad slaidu sildisana ir izslégta, jums ir jaizslédz apstrades modulis un péc tam tas jarestarté, lai izslegtu silditaja
blokeSanu. JUs varat turpinat izmantot slaidu pozicijas ar bojatiem silditajiem, kamer vien tajas apstradatajiem
slaidiem nav nepiecieS8ama sildiSana.

2.2.6  Prieksejais apvalks

Attelos turpmak ir redzami BOND-III un BOND-MAX prieksSejie apvalki.
Attels 2-9: BOND-III priek$ejais apvalks

.
3 e

BOND-III

Apziméjumi

1 Priek$éjais apvalks 4 Reagentu platforma
2.2.6.1 Stravas padeves LED
2 Slaidu paliktna nisa
2.2.6.2 Slaidu paliktna nisa

3 Slaidu paliktna LED
2.2.6.3 Slaidu paliktna LED

2.2.6.5 Reagentu platforma

5 Reagentu paplates LED
Reagentu paplates LED
6 lelades/ izladeéSanas poga
2.2.6.4 Poga Load/Unload (lelade/Izlade)
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Attels 2-10: BOND-MAX priekséjais apvalks

Apzimé&jumi
1 Priek3€jais apvalks 4 Reagentu platforma
2.2.6.1 Stravas padeves LED 2.2.6.5 Reagentu platforma
2 Slaidu paliktna nisa 5 Reagentu paplates LED
2.2.6.2 Slaidu paliktna nisa Reagentu paplates LED
3 Slaidu paliktna LED 6 lelades / izladéSanas poga
2.2.6.3 Slaidu paliktna LED 2.2.6.4 Poga Load/Unload (lelade/Izlade)

2.2.6.1 Stravas padeves LED
Ta darbojas sadi:
* izslégta — nav stravas padeves,

o Deg zila krasa (pasreizéjais modelis) vai oranza krasa (ieprieksejie modeli) — stravas padeve ieslégta, bet vel
nav palaista apstrades modula programmatura.

 Zalakrasa — stravas padeve ieslégta, sistéma darbojas.

Attels 2-11: Jaudas LED krasas (zilas, zalas) BOND-MAX apstrades moduli

2.2.6.2  Slaidu paliktna nisa

Slaidu paliktnu nisa ir tris nodalijumi (viens katram slaidu iekrasos$anas blokam), kura tiek ievietoti slaidu paliktni. Kad
slaidu paliktnis ir ievietots ni$a, nospiediet pogu Load/Unload (lelade/izlade), lai nofiksétu to slaidu iekraso$anas
bloka. Péc tam, kad paplate ir nofikséta, robota svira parvieto ID attélveidotaju pari slaidiem uz paliktna, lai
automatiski identificetu slaidus.
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2.2.6.3 Slaidu paliktna LED

Daudzkrasu LED uz priek$éja apvalka zem katra slaidu iekraso$anas bloka norada slaidu paplates stavokli. BOND-
MAX apstrades modulos izbidama paliktna LED ir iestradatas pogas Load/Unload (lelade/izlade). Nospiezot uz tam
Sajos apstrades modulos, LED uz dazam sekundem iedegas zila krasa.

Slaidu iekraso$anas bloka LED krasu indikatori darbojas $adi.

Izslégts — slaidu paliktnis nav konstatéts vai slaidu paliktnis ir atblokets.

Pastavigi deg oranza krasa — paplate ir ieladéta un fikséta, bet apstrade nav sakusies.
Paliktni var drosa veida atblokét un iznemt, izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade).
Vienmer deg sarkana krasa — tiek apstradati paliktna slaidi.

Paliktnis ir fikséts un to nevar atblokét, izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade). Lai to izladétu, vispirms
programmatura ir japartrauc serijas apstrade.

Mirgo za|a krasa — apstrade pabeigta bez pazinojumiem. Atblokgjiet, izmantojot pogu Load/Unload
(lelade/izlade).

Mirgo sarkana krasa — sérijas apstrade ir noraidita vai apstrade ir pabeigta ar pazinojumiem. Atblokgjiet,
izmantojot pogu Load/Unload (lelade/izlade).

Attéls 2-12: Slaida paliktna LED krasas (oranZas, sarkanas, zalas) BOND-MAX apstrades modult

2.2.6.4 Poga Load/Unload (lelade/Izlade)

Nospiezot pogu Load/Unload (lelade/izlade), rikojieties turpmak noraditaja veida.

Ja paplate nav ievietota, nekas nenotiks.

Ja paplate ir ievietota, tacu nav nofikséta, BOND-III vai BOND-MAX blokés paplati, un, ja robota sviras ir
pieejama, ID attélveidotajs identificés slaidu ID.

Ja paplate ir bloketa un sérijas apstrade nav sakusies, BOND-IIl vai BOND-MAX atblokes paplati.
Ja paplate ir fikséta un sérijas apstrade ir beigusies, BOND-IIl vai BOND-MAX atblokes paplati.

Ja paplate ir fikséta un norit sérijas apstrade, pogas Load/Unload (lelade/izlade) nospie$anai nav efekta.
Paplati nevar atbloket, kamer nav pabeigta vai atcelta tas sérijas apstrade, kura izmanto attiecigo paplati.

Ja slaidu iekrasoSanas bloks ir karsts, jus nevarat blokét vai atblokét paplati — uzgaidiet, lidz ierice atdziest.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 48



Nodala 2 Aparatira

2.2.6.5 Reagentu platforma

Taja tiek ievietotas reagentu paplates, kas satur noteik§anas sistémas, 7 ml un 30 ml reagentu konteinerus un/vai
6 ml titréSanas konteinerus. Katra paplaté var bat lidz pat deviniem reagentiem, bet reagentu platforma var ietvert
Cetras reagentu paplates.

Lai ieladétu reagentu paplati, uzbidiet paplati uz platformas un iebidiet to fiksé$anas mehanisma (skatit
4.1.4 Reagentu iepildisana). Kad robota svira ir pieejama, BOND sistéma identificé reagentus katra reagenta pozicija.

Reagentu paplates LED
Zem katras paplates pozicijas atrodas divkrasu gaismas diode, kas darbojas talak noraditaja veida.
« lIzslegta — paplate nav konstatéta.
Ja paplate ir ievietota un LED nedeg, parbaudiet, vai paplate ir ievietota pareizi.
« Pastavigi deg sarkana krasa — reagents uz paplates bus nepiecie$ams nakamo divu minasu laika.
Paplate ir blokéta un to nevar iznemt.
« Pastavigi degta za|a krasa — nakamo divu mindsu laika nav nepiecieS§ams neviens reagents no paplates.
Paplate ir atblokéta un to var islaicigi iznemt.

Attéls 2-13: Reagentu paplates LED krasas (sarkanas, zalas) BOND-MAX apstrades moduli

2.2.7  Lielapjoma konteineru nisa

Gan BOND-III, gan BOND-MAX lielapjoma reagentu un atkritumu konteineri atrodas zem priek$éja apvalka. BOND-MAX
ir art ar€jais konteiners standarta atkritumiem.

Skatiet 12.2 Lielapjoma konteineri lielapjoma konteineru uzpildiSanas, iztuk§o$anas un uzturéSanas noradijumus.

reagentu konteineru attiecigaja vieta dobuma, ka noradits uz krasainajam etiketém ar nosaukumiem.
Informaciju par BOND-III skatiet Attels 2-14; informaciju par BOND-MAX skatiet Attels 2-16.

ﬁ BRIDINAJUMS: Lai nodrosinatu pienacigu apstrades modula darbibu, novietojiet katru lielapjoma
Pretéja gadijuma var tikt trauceta paraugu iekrasosana.
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BRIDINAJUMS: Dazi BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:
 nenovietojiet liesmu vai aizdeg$anas avotu apstrades modulu tuvuma,

 péc uzpildisanas vai iztukSoSanas nodroSiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
noslegti.

e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

lepriek$ejam BOND-III modelim ir divas caurspidigas skapisa durvis, kas |auj viegli piek|ut visiem lielapjoma
konteineriem. Atverot durvis, pieturiet margas to augsdala.

Visi slaidu iekrasoSanas bloku atkritumi tiek novaditi uz bistamo atkritumu konteineru. Mazgasanas bloka atkritumi
tiek novaditi uz standarta vai bistamo atkritumu konteineriem atkariba no reagenta atkritumu statusa (attieciga
gadijuma jums ir jaiestata reagenti, kuri tiek apzimeéti ka bistamie atkritumi — skatit 8.2.1 Reagentu pievienosana vai
redigésana).

Katra lielapjoma reagenta un atkritumu konteinera svara sensori bridina lietotaju, kad reagenta limenis ir zems vai
atkritumu limenis ir parak augsts. Katra lielapjoma konteinera statusu vizuali signalizé Lielapjoma konteineru
apgaismojuma sistema (BOND-III) (. sadala 52. Ipp.). Nemiet vera, ka iepriek$€&jais BOND-III modelis ar $o sistému; tas
vieta jus varat izmantot ekrana ikonas (skat. 5.1.3.6 Lielapjoma konteineru statuss).

BOND-III ir vieta Sadiem konteineriem plauktos, kas apziméeti ar Attels 2-14, virziena no kreisas uz labo pusi:

Atrasanas Izmers Reagents
vieta

Augséjais Violeta BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9 ER2 plaukts 2 Gaisivioleta BOND Epitope Retrieval Solution 2%
1 Dewax Solution ApakS$ejais 5 Sarkana BOND Dewax Solution*
2 Dejonizéts udens plaukts 5 Zila Dejonizets udens
3 Mazgasanas 5 Zala BOND Wash Solution*
buferskidums
4 Spirts 5 Oranza Spirts (reagenta kategorija)
5 Lielapjoma atkritumi 5 Peleka Standarta atkritumi
6 Lielapjoma atkritumi 5 Peleka Standarta atkritumi
7 Bistamie atkritumi 5 Bruna Bistamie atkritumi

* |zmantojiet tikai BOND reagentus — neaizstajiet tos ar alternativiem produktiem.
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Ja jUsu laboratorija neizmanto epitopu ekstrakcijas un/vai atvasko$anas reagentu konteinerus, tos var atspgjot
administracijas klienta profila — skatit 10.6.1.1 Lielapjoma reagentu konteineru atspéjosana.

Attéls 2-14: BOND-III lielapjoma reagentu konteineri vieta

v
®

Epitope Epitope
Retrieval 1 Retrieval 2

Parliecinieties, ka katra
lielapjoma konteinera
etiketes un vacina krasa un
drukatais apraksts athilst
tieSi zem konteinera
esosajai instrumenta
dobuma etiketei.

BOND

Wash
Buffer
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Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-II1)

BOND-IIl apstrades moduli ir aprikoti ar lielapjoma konteineru apgaismojuma sistemu, ka paradits Attels 2-15
turpmak.

Attéls 2-15: Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma

Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma palidz jums redzet Skidruma limeni katra konteinera, un normalas darbibas
laika indikatori nepartraukti deg balta krasa.

Indikatori norada ari katra lielapjoma konteinera pasreizéjo statusu:
» Kad lielapjoma padeves konteiners ir gandriz tuk$s vai atkritumu konteiners ir gandriz pilns, ta indikators
mirgo balta krasa.
 Jalielapjoma padeves konteiners ir tukSs vai atkritumu konteiners ir pilns, un tas ietekmé pasreizejas serijas
apstradi, ta indikators mirgo sarkana krasa.

 Kad lielapjoma konteiners tiek iznemts, izslédzas ta fona apgaismojums, un ta markéjuma indikators
apstrades moduli mirgo balta krasa.

Lielapjoma konteineru indikatoru sistéma darbojas tikai ar BOND 6.0 vai jaunaku programmaturu.
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Detalizetu informaciju par to, ka lielapjoma konteineri tiek raditi System status (Sistemas statuss) ekrana, skatiet art
5.1.3.6 Lielapjoma konteineru statuss.

2.2.7.2  BOND-MAX

BOND-MAX ir vienas durvis, kas atveras uz leju, lai varétu piek|ut lielapjoma konteineriem. Durvim ir caurspidigs
panelis, kas |auj apskatit reagentu limenus lielapjoma konteineros (kas art ir caurspidigi).

Durvis nofikse vieta magneétiski aizslégi. Lai atvertu iepriek$éjo apstrades modulu durvis (bez roktura), pavelciet
durvju augSpuse jebkura no pusém.

sistémas statusa ekrana paradas bridinajuma indikators (skat. 5.1.2 AparatUras statuss), un visu

‘ Lielapjoma konteineru nodalijuma durvim iekrasosanas laika jabut aizvertam. Ja durvis ir atvertas,
pasreizejo seriju apstrade var tikt apturéta.

Apstrades modula atkritumi tiek novaditi uz standarta vai bistamo atkritumu konteineriem atkariba no reagenta
atkritumu statusa (attieciga gadijuma jums ir jaiestata reagenti, kuri tiek apzimeti ka bistamie atkritumi - skatit
8.2.1 Reagentu pievieno$ana vai redigésana).

BOND-MAX lielapjoma reagentu konteineri ir aprikoti Skidruma limena sensoru, kas bridina, kad reagenta limenis ir
zems; atkritumu konteineriem art ir Skidruma limena sensori, kas bridina, kad atkritumu limenis ir parak augsts.
Norades par uzpildiSanu un iztukSoSanu skatiet 12.2 Lielapjoma konteineri.

BOND-MAX ir paredzeta vieta Sadiem konteineriem virziena no kreisas puses uz labo:

Bistamie atkritumi Brina Bistamie atkritumi
2 ER1 1 Violeta BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 GaiSivioleta ~ BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Dewax Solution 2 Sarkana BOND Dewax Solution*
5 Dejonizéts udens 2 Zila Dejonizets udens
6 Mazgasanas 2 Zala BOND Wash Solution*

buferskidums

7 Spirts 2 Oranza Spirts (reagenta kategorija)

*|zmantojiet tikai BOND reagentus — neaizstajiet tos ar alternativiem produktiem.

Epitopu izguves un/vai atvasko$anas reagentu konteinerus var iznemt no apstrades modula, ja tie netiek lietoti - skat.
10.6.1.1 Lielapjoma reagentu konteineru atspgjosana.
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Attéls 2-16: BOND-MAX lielapjoma reagenti novietoti vieta

Parliecinieties, ka katra lielapjoma konteinera etiketes krasa un drukatais apraksts atbilst
tiedi zem konteinera eso$ajai apstrades modula dobuma etiketei.

Argjais atkritumu konteiners

Argjais standarta atkritumu konteiners ar devinu litru ietilpibu ir ieklauts BOND-MAX. Konteineriem, kas piegadati ar
apstrades moduliem pirms pasreizéja modela, ir Skidruma un limena sensoru savienojumi viena konteinera vacina, ko
izmanto, lai iztukSotu konteineri. Komplekta iek|autais konteiners BOND-MAX ir aprikots ar diviem vaciniem - viens

savienotajiem un otrs atkritumu iztukSoSanai. Nekada gadijuma nenonemiet So konteineru savienotaja vacinu.

Komplekta ieklautais konteiners ir aprikots ar diviem vakiem — viens savienotajiem un otrs atkritumu iztukSoSanai.

Nekada gadijuma nenonemiet $a konteinera savienotaja vacinu.

Attels 2-17: BOND-MAX aréjais atkritumu konteiners

1 3

ApZiméjumi

1 Sensora savienotajs
2 Skidruma padeves savienotajs

3 Atvere konteinera iztukSoSanai

Skidruma linija savienojas ar iespiezama savienotaja apstrades modula aizmuguréja parseqa apakséja labaja stari.

Skidruma limena sensors tiek pievienots tris kontaktu savienotajam parvalka aizmuguréja apvalka augséja kreisaja
puse (skat. Attels 2-25).
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Informaciju par aréja konteinera iztuk$o$anu un uzturé$anu skatiet 12.2.4 Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-
MAX).

savienotajus (Sada seciba). Nemeginiet izliet Skidrumu no konteinera, kamér joprojam ir pievienots
vads un caurule.

BRIDINAJUMS: Dazi no iminhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
@ Pirms turpinat, nodroSiniet, ka esat sanemis(-usi) atbilsto$u apmacibu $is procedaras veiksanai:
1 rikojoties ar reagentiem, vai tirot apstrades moduli, lietojiet lateksa vai nitrila cimdus,
aizsargbrilles un citu atbilstoSu aizsargapgérbu;

c UZMANIBU! Pirms &réja atkritumu konteinera iztuk§o$anas vienmer atvienojiet sensoru un $kidruma

2 rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizéjiet tos saskana ar visam attiecigajam
proceduram un valsts noteikumiem, kas piemerojami laboratorijas centram.

BRIDINAJUMS: Dazi BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:
* nenovietojiet liesmu vai aizdeg$anas avotu apstrades modulu tuvuma,

 péc uzpildisanas vai iztukSoSanas nodrosiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
noslegti.
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2.2.8  AtsuksSanas zonde

Atslk§anas zonde iestc reagentus no konteineriem, nogada reagentus uz slaidiem slaidu iekraso$anas blokos un
sajauc hromogénus maisiSanas iekarta. Ta satur Skidruma limena sensoru, lai noteiktu reagenta limeni (skatit sadaju
8.3.1 Reagenta tilpuma noteik$ana).

Attéls 2-18: AtsUkSanas zonde robota svira

ﬁ

Katra konteinera ir atlikuma tilpums, ko zonde nevar iesikt. So tilpumu atlikumu sauc par “brivo tilpumu”. Katra
konteinera veida briva tilpuma apjoms atskiras (skatit 18.5 Ekspluatacijas specifikacijas sadala 18 Specifikacijas, lai
aplukotu briva tilpuma vértibas).

Skatit sadalu 12.6 Atsuksanas zonde, lai iegutu noradijumus atsuk$anas zondes apkopei.

2.2.9  Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta

Attéls 2-19: Mazgasanas bloks ar ievietotu maisisanas iekartu

—hu poood

Kreisas puses mazgasanas zona atrodas nelielas atveres atsuk$anas zondes mazgasanai.

Apzimé&jumi

2 1 Mazgasanas zona

2  MaisiSanas
iekarta
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Mazgasanas bloka labaja pusé atrodas maisisanas iekarta, kas sastav no sesiem dobumiem. Sie ir maisianas flakoni
ir paredzeti isa deriguma reagentiem, kas jasajauc tiesi pirms lieto$anas. Reagentu sajauksanu nosaka
programmatira atkariba no reagenta veida.

BOND programmatura izseko maisisanas iekartas stavokli un neinicialize BOND-III vai BOND-MAX, ja

ka iekarta ir tira un iztukSota, pirms pazinojuma dialoglodzina noklikskinat uz OK (Labi). Ja jus
turpinasiet stradat ar netiru un/vai neiztuk$otu maisi$anas iekartu, var tikt piesarnoti reagenti vai var
parplust maisiSanas flakoni.

@ Inicializacijas laika BOND sistéma skenée maisiSanas iekartas etiketi, lai parbauditu, vai ta ir ievietota.
Ja BOND programmatura nevarées noteikt tas ID, tiks paradits pazinojums ar aicinajumu apstiprinat,
ka ir ievietota maisiSanas iekarta.

MaisiSanas iekartas uzturéSanas noradijumus skatiet 12.7 MazgaSanas bloks un maisisanas iekarta.

2.2.10 Lielapjoma Skidrumu roboti (tikai BOND-III)

Attéls 2-20: BOND-III lielapjoma $kidrumu robots (1) parvietojas pa vadiklas sliedi (2), kas atrodas katra slaidu
iekrasoSanas bloka.

BRIDINAJUMS: Ja galvenais robots un/vai lielapjoma Skidrumu roboti turpina darboties ilgak neka
piecas sekundes péc apstrades modula vaka atversanas, nekaveéjoties sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu.
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BOND-III apstrades moduliir tris lielapjoma Skidrumu roboti, kas parvietojas pa vadiklas sliedi katra slaidu
iekraso$anas bloka un padod reagentus uz visiem ievietotajiem slaidiem. Roboti dozé tikai lielapjoma reagentus,
savukart atstks$anas zonde dozé reagentus no konteineriem reagentu platforma un dazus lielapjoma reagentus.
Katram lielapjoma Skidruma robotam ir mazgasanas bloks savas padeves zondes skaloSanai un tiriSanai.

2.2.10.1 Lielapjoma Skidruma robota manuala atgriesana sakumstavokl

Ja lielapjoma Skidruma robots partrauc darboties un atrodas slaidu iekrasoSanas bloka, nospiediet pogu Load/Unload
(lelade/izlade), lai parslégtu to atpakal sakumstavokii. Ja tas joprojam atrodas slaidu iekraso$anas bloka, veiciet
turpmak noraditas darbibas, lai manuali atgrieztu to sakumstavokli un izgltu visus slaidus no slaidu iekraso$anas
bloka.

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita bez ieplanotiem sériju apstrades cikliem vai
apstrades, péc tam izsledziet to.

2 Uzmanigi paceliet dozésanas bloku uz lielapjoma Skidruma robota (skat. Attéls 2-21), lidz zonde neskar
augSejo platni.

3 Bidiet robotu pa sliedi uz slaidu iekrasoSanas bloka aizmuguri. Veiciet lenas, vienmérigas kustibas —
nespiediet parak strauiji.
Virziet, l1dz robots vairs nesaskaras ar augsejas platnes sliedi — nebidiet to lidz gala atdurei.

Attéls 2-21; Paceliet dozésanas bloku

rutinas gaita slaidu iekrasoSanas blokam ir jaatblokejas.

Ja slaidu iekrasoSanas bloks neatblokejas, skatiet 12.4.1 Manuala slaidu iekrasoSanas bloku atblokesana

sniegtos noradijumus par slaidu paplates izgisanu.

5 lzvelciet slaidu paplati un slaidus.
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2.2.11  Slirces

Slirces izsic un dozé precizus reagentu $kidruma daudzumus, kas nepieciesami BOND sistéma. Sliréu uzturé$anas
noradijumus skatiet $eit: 12.13 Slirces.

Slirces vaks (BOND-III) ir uzlikts. Ja Slirce vai Slirces stiprinajums klUst valigs, no Slirces var

ﬁ BRIDINAJUMS: NodroSiniet, ka normalas darbibas laika $irces durvis ir aizvértas (BOND-MAX) vai
izsmidzinaties zem spiediena esosais reagents.

2.2.11.17 BOND-IlI

labo izmanto SSA], SSA2 un SSA3 lielapjoma Skidrumu robotl, ka norad|ts |epr|eks. Ceturto galveno §lirces sukni
izmanto atsukSanas zonde.

Attéls 2-22: BOND-III §lirces

A ka Slircu modulls ir pilniba aizverts (skat. 12.4.1 Manuala slaidu |ekrasosanas bloku atblokésana).
Preteja gadijuma ierices darbibas laika var tikt bojatas Slirces.
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2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX ir viens §lirces stknis, kas atrodas nodalijuma apstrades modula labaja pusé. Sis ir $lirces varsts ar
devinam pieslegvietam (viena pieslégvieta netiek izmantota) un uzskravéjamu §lirces cilindru un mazu skavu.

Attéls 2-23: BOND-MAX §lirce ar devinam pieslegvietam

Lai parbauditu Slirces bloka stavokli, atveriet durvis, nospiezot un atlaizot noapaloto izcilni, kas atrodas durvju
priekSpuses vidusdala.

BRIDINAJUMS: Vienmér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus.

12.13 Slirces.

2.2.12 Barosanas sledzis

Sis ir parslédzams viena taustina slédzis, kas atrodas uz apstrades modula labas puses apvalka. To izmanto
apstrades modula ieslégSanai un izslégSanai.

o BaroSanas slédza atrasanas vietu uz BOND-III skatiet Attéls 2-24.

e BaroSanas slédza atraSanas vietu uz BOND-MAX skatiet Attels 2-25.

2.2.13  Aizmugurejais apvalks

komponentiem. BOND apstrades modulu iekSiené ir bistams spriegums, un Sos uzdevumus drikst

ﬁ BRIDINAJUMS: Nenonemiet apstrades modula apvalkus un neméginiet piek|Gt ierices iek$gjiem
veikt tikai Leica Biosystems apstiprinati kvalificét apkopes tehniki.
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2.2.13.1 BOND-III

Attels 2-24 paradits BOND-III apstrades modula aizmuguréjais apvalks.

Attéls 2—-24: BOND-IIl aizmuguréjais apvalks

S
e
e
T
sy
T
s
ey
- srm—

.

ApzZiméjumi

1 Stravas slédzi (tikai mantotie apstrades moduli)

3 Elektribas padeves pieslegums
2 DroSinataji

4 Ethernet savienojums
» Mantotie apstrades moduli - 4 droSinataji

« Alternativi apstrades moduli - 2
droSinataji

Noradijumus par drosSinataju nomainu skatiet sadala 12.14 Barosanas drosinataji.

BRIDINAJUMS: Apstrades modula pacel$anai neizmantojiet divus melnos rokturus, kas atrodas uz
BOND-IIl apstrades modula aizmuguréja apvalka.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Attéls 2-25 paradits BOND-MAX apstrades modula aizmuguréjais apvalks. (Nemiet véra, ka iepriek$ejiem apstrades
moduliem ir tikai viens baro$anas ventilators.)

Attéls 2-25: BOND-MAX aizmugurgjais apvalks

4
3
Apzimeéjumi
1 Stravas slédzi (tikai mantotie apstrades moduli) 5 Aréjais_atkritumu savienojums caurulem (skat.
2 Baroanas ventilatori 12.2.4 Aréjais atkritumu konteiners (tikai BOND-

MAX))

6 Aréjais atkritumu savienojums skidruma limena
sensoram (skat. 12.2.4 Aréjais atkritumu konteiners

« Alternativi apstrades moduli — 2 dro$inataji (tikai BOND-MAX))

4 Elektribas padeves pieslégums 7 Ethernet savienojums

3 Drosinataji

» Mantotie apstrades moduli - 4 droSinataji

Noradijumus par drosSinataju nomainu skatiet sadala 12.14 Barosanas drosinataji.
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2.2.13.3 Apstrades modula atvienoSana
Lai atvienotu BOND-III vai BOND-MAX apstrades moduli no elektrotikla, veiciet turpmak noraditas darbibas.
1 lzslédziet stravas padevi, izmantojot slédzi, kas atrodas apstrades modula labaja pusé.

2 lzsekojiet stravas padeves kabeli no apstrades modula stravas padeves kontaktligzdas (Attéls 2-24 3.
elements, Attéls 2-25 4. elements) lidz kontaktligzdai siena. Atvienojiet stravas padeves kabeli no
kontaktligzdas.

3 Atvienojiet kontaktspraudni no apstrades modula aizmugures.

2.3 BOND Kontrolleris un terminali

Visas BOND sistémas ietver BOND kontrolleri, kura tiek veikta visa programmaturas apstrade. Vienas darbvietas
instalacijas (skat. 3.1.1 Vienas darbvietas konfiguracija) klienta programmatira darbinasanai izmanto vienu
kontrolleri ar tastaturu, peli un monitoru. Vienas darbvietas instalacijas ir piemérotas piecu vai mazak apstrades
modulu darbinasanai.

Laboratorijas ar BOND-ADVANCE instalacijam (skat. 3.1.2 BOND-ADVANCE), kuras ir vairak neka pieci apstrades
moduli, ir papildu BOND terminali. Sajas instalacijas lielaka dala lietotaja mijiedarbibas ar BOND programmatru

notiek terminalos, un katrs no tiem var kontrolét jebkuru vai visus apstrades modulus. Tapat vienu(-us) un to(-0s)
pasu(-us) apstrades moduli(-Jus) var vadit no vairakiem terminaliem.

BOND kontrolleris turpina veikt visas programmaturas apstradi. Kontrolleriem BOND-ADVANCE instalacijas ir

augstaka specifikacija neka vienas darbvietas instalacijas, un tie ietver vairakus atkartotu mérijumu limenus, lai
nodrosinatu izcilu uzticamibu.

Dazas BOND-ADVANCE instalacijas ir ietverts sekundarais (dublésanas) kontrolleris. Sis kontrolleris registré visus
primara kontrollera procesus, un uz to var parslégties primara kontrollera darbibas traucéjumu gadijuma. Ideala

gadijuma sekundaros kontrollerus nevajadzetu novietot blakus primarajam kontrollerim, lai samazinatu varbutibu, ka
abi kontrolleri tiek bojati lokalizeta notikuma dél.

Vienas darbvietas instalacijas kontrollerim ir pievienots slaidu markeéSanas printeris un rokas svitrkodu skeneris, bet
BOND-ADVANCE instalacijas — katram terminalim.

optimalu BOND sistemas vadibu. Lai izvairitos no aizkavejumu vai traucejumu iespéjamibas

c UZMANIBU! BOND kontrollera operétajsistéma un programmatira ir paredzéta, lai nodro$inatu
sistemas vadiba, neinstalgjiet BOND kontrolleri vai terminall nekadu papildu programmataru.
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2.4 Rokas svitrkodu skeneris

Attéls 2-26: Rokas svitrkodu skeneris

USB rokas svitrkodu skeneri tiek pievienoti kontrollerim (vienas darbvietas instalacijas) vai terminaliem
(BOND-ADVANCE instalacijas). Tos izmanto reagentu registrésanai un tos var izmantot ari slaidu identificésanai
(skat. 6.5.6 Slaida manuala identificésana).

1D un OCR svitrkodu izveidoS$ana netiek atbalstita, sakot ar BOND 7 .versiju.

Ja sistémas jauninajums ietver BOND-PRIME apstrades moduli, ir jaizmanto divdimensiju svitrkoda skeneris. Skatit
13.1.3 Svitrkodu skeneris Zebra DS2208.

Rokas svitrkodu skeneris ir jainstale un jalieto, kas tiek instaléta BOND sistema. UzturéSanas un konfiguracijas

noradijumus skatiet 13.1 Rokas svitrkodu skeneri.

2.4 Rokas svitrkodu skenera lietoSana

@ leprieks$ejais simbolu svitrkodu skenera modelis izstaro lazera gaismu, savukart velakajos Honeywell
un Zebra svitrkodu skenera mode|os tiek izmantota LED. levérojiet bridinajumu par lazera

apdraudejumu talak.

BRIDINAJUMS: Lazera apdraudéjums. lespéjami smagi acu bojajumi. Izvairieties no acu nonak$anas
tieSa saskare ar lazera stariem.

Lai nolasitu svitrkodu, vérsiet skeneri pret to un nospiediet nolasitaja pogu. Turiet skeneri ta, lai sarkana linija nosegtu
svitrkodu visa garuma. Kad svitrkods tiek atpazits, skeneris nopikst un indikators iedegas zala krasa. Ja svitrkods
netiek atpazits, skeneris nopikst un indikators iedegas sarkana krasa.

@ Neturiet svitrkodus parak tuvu skenerim. Ja skeneris neatpazist svitrkodu, méginiet svitrkodu
attalinat vai skenét svitrkodu 45° lenki (lai noverstu atgriezenisko saiti ar skeneri).
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Kad skeneris tiek novietots stativa, tas darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav janospiez nolasitaja poga.

2.5  Slaidu marketajs

Vienas darbvietas BOND sistemas ietver vienu slaidu markésanas printeri (sauc par ,slaidu markétaju”), kas savienots
ar kontrolleri. BOND-ADVANCE instalacijas katrs terminals tiek savienots ar atsevisku slaidu marketaju.

Slaidu marketaji druka paslimejoSas etiketes, kuras piestiprinat slaidiem to identificéSanai. Visas etiketés ir iek|auts
unikals slaida ID, kas atveidots ka divdimensiju svitrkods (skatit 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi). BOND lieto ID, lai
automatiski identificétu slaidus, kad tie tiek ieladeti apstrades modulos. Jus varat konfigurét citu informaciju, ka art
ID, kas paradisies uz etiketem — skatit 10.3 Etiketes .

Dazas laboratorijas izmanto slaidu etiketes, kas izdrukatas no to LIS, tomér Sajas sistemas joprojam ir ieklauts BOND
slaidu marketajs visiem slaidiem, kas izveidoti ar BOND kliniskiem klientiem.

Slaidu marketaju iestata ka dalu no standarta BOND instalacijas. Ja jus pievienojat vai nomainat slaidu markétaju,
konfiguréjiet to administracijas klienta ekrana Hardware (Aparatra) (skatit 10.6.3 Slaidu markéetaji). Lai iegltu
informaciju par etikeSu un lentes nomainu, ka ari tirisanu, izmantojiet markeétaja komplektacija ieklautos dokumentus.

BRIDINAJUMS: Izmantojiet tikai BOND slaidu etiketes un drukas lenti. BOND apstrades modulu
apstrades laika Sim etiketém japaliek piestiprinatam un salasamam.
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2.6 Paligaprikojums
Saja sadala aprakstits paligaprikojums, ko izmanto kopa ar sistému BOND.
e 2.6.1 Slaidi

e 2.6.2 BOND Universal Covertiles

 2.6.3 Reagentu sistémas un konteineri

Informaciju par BOND-PRIME izejmaterialiem skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

2.6.1  Slaidi

BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos izmantojiet tikai atbilstoSa izméra stikla slaidus. NeatbilstoSa izméra
slaidi var neprecizi izvietoties slaidu paplates un Covertiles tiem var nepiegult. Abas §is neatbilstibas var ietekmét
iekrasoSanas kvalitati.

Leica Biosystems iesaka Leica BOND Plus slaidus un Apex BOND slaidus, kas paredzeti lietoSanai BOND sistema.

Siem pozitivi uzladétajiem slaidiem ir ne tikai optimals izmérs BOND slaidu paplatém un Covertiles — tie ir ari marketi,
apzimejot zonas, kuras jaievieto audi 100 L un 150 ulL dozésanai (skatit 6.5.8 Dozésanas apjomi un audu
novietojums uz slaidiem).

Ja izmantojat savus slaidus, tiem jaatbilst talak noraditajam specifikacijam.

|zmeri Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 collas)
Biezums: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 collas)
Etiketes zona Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 collas)
Materials Stikls, 1ISO 8037/1

UZMANIBU! Neizmantojiet bojatus slaidus. Pirms ievieto$anas apstrades moduli parliecinieties, ka
visi slaidi ir pareizi novietoti uz slaidu paplatém.

UZMANIBU! Neizmantojiet slaidus ar noapalotiem vai nogrieztiem stariem. Sie slaidi var izkrist cauri
slaidu paliktnim un mainit Skidruma plasmu zem Covertiles, tadéejadi ietekmejot iekrasoSanas
kvalitati.
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2.6.2  BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertiles ir caurspidigi plastmasas parsegi, kas iekrasoSanas laika
parklaj slaidus. Kapilara plisma uzstc uz slaidiem uzpilinato reagentu starp
Covertiles un slaidiem, nodroSinot maigu, vienmerigu audu parklajumu. Covertiles
samazina nepiecieSama reagenta daudzumu un aizsarga slaidus no izzisanas starp
parklasanam. Covertiles ir butiska BOND iekrasoSanas sistemas dala, un tas vienmer |
jaizmanto.

Novietojiet Covertiles uz slaidiem péc slaidu novieto$anas uz slaidu paplatém (skatit
sadalu 4.1.3.5 Slaidu ielade). Parliecinieties, ka Covertiles ir novietotas pareizi un
katrs Covertile saSaurinajuma esoSais ierievis (apziméts ar apli fotoattéla pa labi)
iegulst slaidu paplates rieva.

Pastav divi Covertile dizaini, kurus var savstarpgji aizstat. Jaunais dizains ietver
iezimes (nosaukums Leica, neliela ap|veida atzime un projekcija aug$eja kreisaja
stlrn), kas |auj skaidrak pamantt, ja Covertile ir nepareizi novietots uz slaida.

Attéls 2-27: BOND Universal Covertile (originalais dizains)

Covertiles var izmantot atkartoti [1dz pat 25 reizém, ja tie nav butiski mainiju$i krasu vai bojatas un ja tas tiek pienacigi
tiritas (skatit sadalu 12.3 Covertiles). Likvidgjiet bojatas Covertiles.

Dazu analizu veik§anai ir jaizmanto jauni (neizmantoti) Covertiles. Pirms izmanto$anas parbaudiet attiecigos analizes
veik§anas lietoSanas noradijumus (Instructions For Use, IFU).
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2.6.2.1  Slaidu paplates

Izmantojiet slaidu paplates, lai nofiksétu slaidus un Covertiles vieta, kad tie tiek ieladéti BOND-IIl vai BOND-MAX
apstrades moduli. Katra paplaté var ievietot desmit slaidus.

Pastav divu veidu slaidu paplasu dizaini, kuri ir savstarpgji aizstajami.

Attéls 2-29: Slaidu paplate (jaunais dizains (kreisaja puse) un vecais dizains (labaja puse))

Noradijumus par slaidu un Covertiles ievietoSanu apstrades moduli skatiet 4.1.3.5 Slaidu ielade.

2.6.2.2 Reagentu paplates

Reagentu paplates satur BOND reagentu konteinerus ar tilpumu 7 ml un 30 ml un BOND titréSanas konteinerus ar
tilpumu 6 ml. Paplates ielade apstrades modula reagentu platforma (skat. 2.2.6.5 Reagentu platforma).

Attéls 2-30: Reagentu paplate

Konteineru pozicijas reagentu paplatés tiek numurétas no ta gala, kas atrodas vistalak no roktura (1. pozicija), lidz
pozicijai, kas atrodas vistuvak rokturim (9. pozicija).

Noradijumus par reagentu ievieto$anu apstrades moduli skatiet 4.1.4 Reagentu iepildisana.
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2.6.3  Reagentu sistemas un konteineri

Reagentu paplatés var izmantot dazadu veidu reagentu konteinerus.

2.6.3.1 Reagentu sistémas

Reagentu sistémas ir ieprieks$ noteiktu reagentu komplekti reagentu paplaté. BOND izmanto divu veidu reagentu
sistemas:

e BOND noteik$anas sistéemas,

e BOND tirisanas sistemas.
Lai iegUtu detalizétu informaciju par katru no tam, skatiet 8.1 Reagentu parvaldibas parskats.

Reagentu sistému registré, noskengjot svitrkodu(s) uz tas reagentu paplates saniem, nevis noskenéjot svitrkoda
etiketes uz katras sastavdalas konteineriem. Sistému veidojoso reagentu konteineri nav registréti atseviski — tie ir
blokéti paplate, un tos nedrikst iznemt vai parkartot. Kad reagentu sistéma ir izlietota vai tai ir beidzies deriguma
termins, izmetiet visu paplati un konteinerus.

2.6.3.2 BOND lietoSanai gatavi reagenti

BOND lieto$anai gataviem reagentiem izmanto konteinerus, kas atbilst reagentu paplatém. Sie reagenti tiek piegadati
BOND sistémai optimizétas koncentracijas, tade| pirms lietoSanas tie ir tikai jaregistré un jaatver.

Konteineros var iepildit dazadus reagentu tilpumus, no 3,75 ml lidz 30 ml, atkariba no reagenta veida.

2.6.3.3 Atvertie konteineri

Atveértie konteineri ir tuksi, tiri konteineri lietotaja nodroSinata reagenta (pieméram, primaras antivielas) glabasanai.
Tie ir pieejami ar tilpumiem 7 ml un 30 ml. Atvertos konteinerus var izmantot tikai ar vienu reagentu, un tos var uzpildit
atkartoti ta, lai katrs konteiners nodrosinatu maksimali 40 ml reagenta (skat. 8.3.2.4 Atverta reagenta konteinera
uzpilde).

BOND sistéma drikst izmantot tikai BOND atveértos konteinerus — neméginiet izmantot citus konteinerus (iznemot
titréSanas konteinerus) lietotaja piegadatajiem reagentiem.

2.6.3.4 Titrésanas konteiner;i

Ir pieejami ari ipasa lietojuma titréSanas konteineri (skatit 14.2.7.4 TitreSanas komplekts ). Tie ietver nonemamu
ieliktni ar tilpumu 6 ml vieglai reagenta nomainai konteinera, pieméram, koncentracijas optimizacijas laika. Tapat ka
atvertos konteinerus, katru titreSanas konteineru var uzpildit un izmantot, lai ievaditu lidz 40 ml reagenta. BOND
titreSanas komplekta katram konteineram ir ieklauti pieci ieliktni, kas pieejami no Leica Biosystems.

Komplektus var izmantot atkartoti dazadam antivielam, un to reagenta saglabasanai ir nepiecieSams minimals
neizmantojama tilpuma daudzums.
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2.7 Apstrades modula parvietosana

BRIDINAJUMS: Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai parvietotu apstrades moduli liela attaluma
vai transportétu to labo$anas vai utilizacijas nolukiem. Apstrades modulis ir smags un lietotajam to
nav paredzets parvietot.

UZMANIBU! Neaizsedziet ventilacijas atveres, kas atrodas apstrades modula aizmuguréja apvalka.
Tapat neapklajiet ventilacijas atveres, kas atrodas uz $liréu durvim (BOND-MAX).

Ja BOND apstrades modula parvieto$anas attalums ir neliels, apsveriet talak izklastitos aspektus, pirms turpinat.

 NodroSiniet, lai grida spétu izturet apstrades modula svaru, skatit 18.2 Fiziskas specifikacijas un
18 Specifikacijas, lai noskaidrotu izmerus, un pirms parvieto$anas parbaudiet vietgjas prasibas.

 Pirms apstrades modula darbinasanas, novertejiet elektromagnétisko vidi, lai novérstu traucejumus.

» Nelietojiet BOND apstrades moduli spéeciga elektromagneétiska starojuma avotu tuvuma. Piemers: neekranéti
paredzami radiofrekvencu avoti, kas var traucet pareizai darbibai.

» Neceliet BOND apstrades moduli ar iekraveju.

 |zmantojiet tikai komplektacija ieklauto stravas padeves vadu un nodroSiniet, lai operators varétu piek|ut
stravas padeves piesléegumam, kam ir pieslégts stravas padeves vads.

» Pirms parvietoSanas parliecinieties, ka stravas padeves vads un tikla kabelis ir atvienoti.

» NodroSiniet atbilstosu ventilaciju.

» Pirms parvietoSanas iztukSojiet atkritumu konteinerus.

« Pirms parvieto$anas noteikti atblokgjiet visus éetrus BOND-IIl apstrades modula (vai BOND-MAX ratinu)
ritentinus, un jaunaja atrasanas vieta nofikséjiet tos atkartoti.

2.8 Instrumenta ekspluatacijas partrauksana un
utilizacija

Instruments, tostarp ta dalas un saistitie piederumi, ir jautilizé atbilstoSi vietejam proceduram un noteikumiem.

Utilizejiet visus ar instrumentu izmantotos reagentus saskana ar reagentu razotaja ieteikumiem.

Pirms instrumenta, ta daju un piederumu atgrieSanas vai utilizéSanas veiciet tiriSanu un piesarnojuma noversanu
saskana ar vietéjam proceduram un noteikumiem.

Visi elektroniskie atkritumi ES jalikvide saskana ar Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu direktivu (2012/19/ES).
Regionos arpus ES ieverojiet vietgjas elektronisko atkritumu utilizeésanas proceddras un noteikumus.

Ja jums nepiecieSama palidziba, sazinieties ar vietéjo Leica Biosystems parstavi.
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Programmaturas parskats
(BOND kontrollert)

STnodala ir paredzéta tam, lai palidzétu jums iepazities ar BOND programmatiiras visparigajam funkcijam.
Instrukcijas par programmatras lietosanu, lai palaistu apstrades modulus un parvalditu slaidus, lietas un reagentus
skatiet attiecigajas sadalas. Administracijas klienta instrukcijas skatiet 10 Administracijas klienta profils (BOND
kontrollerr).

» 3.1 Sistémas arhitektura

» 3.2 BOND programmaturas palaiSana un izslegsana
¢ 3.3 Lietotaja statuss

» 3.4 Kliniska klienta saskarnes parskats

» 3.5BOND-ADVANCE informacijas panelis

3.6 Pazinojumi, bridinajumi un trauksmes signali

o 3.7 Parskati

» 3.8 Palidziba

e 3.9ParBOND

3.10 BOND datu definicijas

3.11 Programmaturas atjauninajumi
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3.1  Sistemas arhitektura

Lietotaji mijiedarbojas ar BOND programmaturu, izmantojot divus “klientus” — faktiski, divas atseviskas programmas.
Tas ir kliniskais klients (vai vienkarsi “klients”) un administracijas klients. Kliniskais klients ir paredzéts ikdienas
darbibu veik§anai — reagentu, protokolu, lietu un slaidu iestati$anai, gatavojoties apstradei, un péc tam apstrades
modula sériju apstrades uzraudzibai un kontrolei. Administracijas klients tiek izmantots, lai konfigurétu paplasinatos
iestatijumus, kas reti tiek mainiti pec sakotnejas iestatiSanas. Tie ietver slaida etikeSu konfiguracijas, aparaturas
savienojumus un lietotaju kontus (skatit 10 Administracijas klienta profils (BOND kontrollerr)).

e 3.1.1 Vienas darbvietas konfiguracija
» 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Vienas darbvietas konfiguracija

Vienas darbvietas instalacijam ir tikai viens “BOND kontrolleris”, kas ir vienotais punkts lietotaja mijiedarbibai ar BOND
programmatdru (un apstrades modulu kontrolei ar tas starpniecibu). BOND kontrolleris veic visu sistémas
programmatdras apstradi un uztur sistémas datubazi, kur tiek glabata informacija par lietam un slaidiem. Tam ir
pieslegta tastatura, pele un monitors, ka ari slaidu etikeSu printeris un skeneris.

Vienas darbvietas instalacija ir maksimali atlauti pieci apstrades moduli. Ja nepiecieSams lielaks apstrades modulu
skaits, veiciet sistemas uzlabosanu uz BOND-ADVANCE.

Attéls 3-1: Vienas darbvietas instalacijas diagramma

1 2 3

ApZiméjumi
BOND-MAX apstrades moduli
BOND-PRIME apstrades moduli

BOND-IIl apstrades moduli

Rokas svitrkodu skeneris
Slaida markejuma printeris

BOND sistéma kontrolleris

N o o Ao N -

LIS savienojums
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3.1.2  BOND-ADVANCE

BOND instalacijas ar vairak neka pieciem apstrades moduliem ir konfigurétas ka vairaku darbvietu BOND-ADVANCE
instalacijas. BOND kontrolleris turpina veikt visu programmaturas apstradi visa sistema, bet lielaka dala ievadito datu
nak no BOND-ADVANCE terminaliem, kas atrodas netalu no ta kontrolétajam apstrades modula darba $unam (kas
BOND programmatira sauktas par ,grupam"). Grupas ir noteiktas administracijas klienta profila.

Kontrollerim pieslégtais monitors attélo ,BOND informacijas paneli*’, kura redzams kopsavilkums par katra sistémas

apstrades modula reallaika statusu (skatit 3.5 BOND-ADVANCE informacijas panelis). Péc pieprasijuma informacijas
paneli var savienot ari ar ipasu terminali. Administracijas klienta profilu var darbinat no jebkura terminala.

Dazam laboratorijam var bt sekundarais kontrolleris, kas reallaika dublé visus BOND datus un uz ko var parslégties

primara kontrollera darbibas traucéjumu gadijuma. Detalizétu informaciju par to, ka to izdarit, skatiet
16.2 Parslegsanas uz sekundaro kontrolleri.
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Attéls 3-2: BOND-ADVANCE instalacijas diagramma — BOND-ADVANCE terminali kontrole apstrades modulus
grupas, izmantojot BOND-ADVANCE kontrolleri.
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Apziméejumi
1 BOND-ADVANCE termin3|i 6 BOND-ADVANCE sekundarais kontrolleris
2 Slaida markg&juma printeri 7 BOND-MAX apstrades moduli
3 Svitrkodu skeneri 8 BOND-PRIME apstrades moduli
4 LIS savienojums 9 BOND-II apstrades moduli
5 BOND-ADVANCE primarais kontrolleris
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3.2 BOND programmaturas palaisana un
izslegsana

3.2.1  BOND programmaturas palaiSana

BOND programmaturu var startét pirms vai péc jebkuru pievienoto apstrades modulu palaiSanas. Lai palaistu
programmaturu:

1 Single-seat (Viena vieta): ja nepiecieSams, ieslédziet BOND kontrolleri un piesakieties operétajsistema
Windows® ka lietotajs “BONDUser". Ja sistéma ir jauna, sakotngja parole nav konfiguréta. Tomer, ja parole ir
konfiguréta, sazinieties ar laboratorijas parvaldnieku, lai iegutu detalizétu informaciju.

BOND-ADVANCE: ja nepiecieSams, iesledziet BOND-ADVANCE kontrolleri. Informacijas panelim ir jaatveras
automatiski (ja ta nav, Windows darbvirsma veiciet dubultklikski uz saisnes BONDDashboard. Nospiediet
<F11>, lai iestatitu Internet Explorer pilnekrana rezima).

Palaidiet nepiecieSamo terminali un pierakstieties operétajsistema Windows ka lietotajs “BONDUser".

2 Lai palaistu kliniska klienta vai administracijas klienta profilu (vai abus — tie var darboties paraléli), veiciet
dubultklik§ki uz attiecigas darbvirsmas ikonas.

3 levadiet savu BOND lietotajvardu un paroli.

Ja jus atverat kliniska klienta profilu BOND-ADVANCE sistema, jus varat izveleties grupu, kurai pieslégties.

‘ BOND-ADVANCE kliniska klienta profils atceras pédéjo izvéléto grupu.

Jus jebkura laika varat mainit savu paroli pierakstisanas dialoglodzina. leverojiet noteiktas laboratorijas
proceduras attieciba uz paroles mainas biezumu un paroles stiprumu. BOND programmatara parolém jasastav
no 4-14 rakstzimém un tam jasatur vismaz viens cipars.

Ja esat BOND-PRIME lietotajs, jus varat ari iestatit vai mainit savu apstrades modula PIN kodu. Skatit
3.2.2 lestatit vai mainit savu BOND-PRIME apstrades modula PIN kodu talak.

4 Noklikskiniet uz Log on (Pierakstities).

Sistéma parada kliniska klienta profila ekranu vai administracijas klienta profila ekranu atkariba no ta, kurs$
atlasits. Virsraksta josla tiek attélots ta lietotaja lietotajvards, kur$ paslaik ir pierakstijies sistema. Ja jus
parnemat darbu ar iekartu no cita lietotaja, jums jaizrakstas no $a lietotaja profila un japierakstas atkartoti,

izmantojot savu lietotajvardu. BOND-ADVANCE sistéma virsraksta josla parada ari paslaik atlasito grupu.

BRIDINAJUMS: Ta ka BOND programmattra kontrolé svarigu aparatdru un glaba sensitivus datus,
nedarbiniet BOND kontrolleri citas lietojumprogrammas, jo tas anuleés BOND sistémas garantiju.
Neizmantojiet BOND kontrolleri visparigajam darbam ar datoru.
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3.2.2  lestatit vai mainit savu BOND-PRIME apstrades
modula PIN kodu

1 Dialoglodzina Logon (Pieteik$anas) noklikskiniet uz Set processing module PIN (lestatit apstrades modula PIN
kodu).

Attéls 3-3: Kliniska klienta un administracijas klienta pieteikSanas dialoglodzini

BOND @

||||||||||

BOND Administration

lllllllll

== Lo )

Change password

[ Set processing module PIN

2 levadiet savu BOND lietotajvardu un paroli.
3 levadiet 4 ciparu PIN kodu un péc tam talak apstipriniet savu PIN kodu.

Attéls 3-4: lestatit apstrades modula PIN dialoglodzinu

Set processing module PIN uﬁﬂ-_cg

4 Noklikskiniet uz OK (Labi).
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Darbvirsmas foni

Tiek izmantoti dazadi Windows darbvirsmas foni, lai atSkirtu paslaik sistéma pierakstita Windows lietotaja veidu un
paslaik pievienota kontrollera vai terminala lomu.

Vienas darbvietas

Parasti jums bus redzams “Controller BONDUser" fons, bet, ja apkopes inZenieris atrodas centra, jus varat redzet
“‘Controller BONDService” fonu. Skatiet Attéls 3-5.

Attéls 3-5: BOND darbvirsmas fons: “Kontrollera BONDUser” un “Kontroliera BONDService”

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

BOND-ADVANCE darbvirsmas fonos pieslégta kontrollera vai terminala ikona mainas atkariba no lomas. Skatiet
piemeérus Attels 3-6.

Attéls 3-6: Terminala, atseviska kontrollera, primara kontrollera un sekundara kontrollera ikonas

Jus redzesiet ari dazadas ikonas, kas apzime lietotaja veidu. Skatiet Attels 3-7.
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Attéls 3—-7: BONDUser, BONDService, BONDControl un BONDDashboard ikonas

g N

)
3.2.3  BOND programmaturas izslegsana

Y
Lai izslegtu kliniska klienta vai administracijas klienta profilu, funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Log out
(Izrakstities). Lietotaju mainas nepiecieSamibas gadijuma jUs varat izslégt kliniska klienta profilu sérijas apstrades
laika. Tomér nekad nelaujiet apstrades modulim darboties bez atvérta klienta profila, jo tad jus neredzésiet nevienu

trauksmes signalu un bridinajumu.

Nekada gadijuma neizsledziet BOND kontrolleri sérijas apstrades laika. Pilniba izsledzot BOND sistému, jus varat
izslegt programmaturu pirms vai péc apstrades modulu izslegsanas.

3.3 Lietotaja statuss

BOND sistema pastav tris veidu lietotaja statusi:

« Operator (Operators): var atjauninat reagentu krajumus, izveidot lietas un slaidus, uzsakt un kontrolét
iekrasoSanas sérijas, izveidot un redigét arstu sarakstu un veidot parskatus,

« Supervisor (Vaditajs): veido un redige protokolus, reagentus un panejus,

 Administrator (Administrators): tam ir piekluve administracijas klientam, lai parvalditu BOND lietotajus un

konfigurétu sistémas méroga iestatijumus.

Lietotajiem var but vairaki statusi. Vaditaji automatiski iegust operatora statusu. Tikai tie lietotaji, kam ir
administratora statuss, var palaist administracijas klientu, un tikai lietotaji ar operatora vai vaditaja statusu var palaist
klTnisko klientu.

Lietotajus izveido un statusu tiem pieskir administracijas klienta ekrana Users (Lietotaji) (skatit 10.7 Lietotaji).

‘ Paslaik sistema pierakstita lietotaja lietotajvards tiek attélots klienta loga virsraksta josla.
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3.4 Kliniska klienta saskarnes parskats

Kliniska klienta ekrana augSdala un kreisaja puse ir pieejamas funkcijas, kas ir kopigas visam programmaturas lapam.
Saja sadala ir izklastitas $is funkcijas, ka ari aprakstitas programmatiras visparigas funkcijas.

e 3.4.1 Funkcijujosla
e 3.4.2 Apstrades modula cilnes
e 3.4.3 Tabulu kartosana

e 3.4.4 Datuma formats

3.4.1  Funkcijujosla

Funkciju josla atrodas BOND programmaturas ekrana augsdala un ta sniedz atru piek|uvi BOND programmaturas
galvenajam sadalam.

Slide setup Protocol setup Reagent setup Slide history Search Help Log out

B Y J e A D D

Noklikskiniet uz funkciju joslas ikonam, lai atvertu ekranu vai veiktu konkrétu funkciju, ka izklastits turpmakaja tabula.

Attelotais ekrans Merkis
(vai veikta funkcija)

Slldesetup Slide setup (Slaidu  Izveidojiet lietas un iestatiet slaidus BOND programmatra.

‘S iestatisana) Papildinformaciju skatiet 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera).
st Protocol setup Redigéjiet un parvaldiet savus protokolus.
‘:7 (Protokola Papildinformaciju skatiet 7 Protokoli (BOND kontrolleri).
iestatisana)
Reagemsemp Reagent setup Konfiguréjiet jaunus reagentus, parvaldiet reagentu krajumus un izveidojiet
(Reagentu reagentu panelus (markieru kopas, kuras izmanto slaidu veido$anas
iestatisana), paatrinasanai).

Reagent inventory  Papildinformaciju skatiet 8 Reagentu parvaldiba (BOND kontrolleri).
(Reagentu krajumi)

un Reagnet panels

(Reagentu paneli)

(3 cilnes)

s..deh.sto,y Slide history (Slaidu Paradiet informaciju par BOND sistéma apstradatajiem slaidiem, skatiet
vésture) informaciju par atseviskiem slaidiem, sérijam un lietam un genergjiet plasu
parskatu klastu.
Papildinformaciju skatiet 9 Slaidu vesture (BOND kontrollerT).
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Attelotais ekrans
(vai veikta funkcija)

Search Search (Meklésana) Identificéjiet slaidus, reagentu konteinerus un reagentu sistémas, noskengjot
svitrkodu vai manuali ievadot slaida ID vai reagenta ID. Tiek izmantots vienots
mekléSanas dialoglodzins, kura sistema automatiski identifice mekléSanas
saturu (slaidu vai reagentu).

Papildinformaciju skatiet 6.5.6 Slaida manuala identificesana vai
8.1.1.3 Reagentu identificésana .

Help (Palidziba) Atveriet So lietotaja rokasgramatu.

i

Log out Izrakstieties no klienta profila.
(IzrakstiSanas)

Dublésana Neizdevas sekmigi veikt datubazes dublésanu.
neizdevas Papildinformaciju skatiet 10.5.3 Datubazes dublejumi.

e

4

Gth
I

LIS pazinojumi Neapstradato LIS pazinojumu skaits.
llse

Papildinformaciju skatiet 11.4 LIS pazinojumi.

LIS nav pieslégta LIS modulis ir instaléts, bet paslaik nav izveidots savienojums ar LIS.
Papildinformaciju skatiet 11.3 LIS savienojums un inicializacija.

LIS ir pieslegta LIS modulis ir instaléts un paslaik ir izveidots savienojums ar LIS.

Papildinformaciju skatiet 11.3 LIS savienojums un inicializacija.

Ekrana aug$eja labaja sturi redzams Leica Biosystems logotips. Noklikskiniet uz logotipa, lai paraditu atvértu
dialoglodzinu About BOND (Par BOND). Skatiet 3.9 Par BOND.

Ekrana aug$eja labaja sturi var tikt paraditas bridinajuma un statusa ikonas. Skatiet 11 LIS integracijas pakotne
(BOND kontrollerT) un 10.4.2 Notikumu registracija.
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3.4.2  Apstrades modula cilnes

@ Sis cilnes neparadas BOND-PRIME apstrades moduliem. Informaciju par sistémas statusu un apkopi,
kas saistita ar BOND-PRIME apstrades moduli, skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja

rokasgramata.

Saskarnes kreisaja pusé eso$as cilnes atver katra apstrades modula ekranu System status (Sistémas statuss),
Protocol status (Protokola statuss) un Maintenance (Uzturésana) taja grupa, kurai klients ir pieslégts. Pasas cilnés
tiek radita informacija par katra apstrades modula pasreizéjo stavokli (skatit 5.1.1 Apstrades modula cilnes).

Attéls 3-8: Apstrades modula cilne (BOND-MAX)

BOMND-MAX
[ 3]

i ARIGAM |
| 10can am |
1033 AM |

Ekrans System status (Sistemas statuss) attélo katra apstrades modula statusu, savukart ekrans Protocol status
(Protokola statuss) attélo lietota protokola progresu. Ekrana Maintenance (Apkope) ir pieejamas dazadu apkopes
darbibu komandas.

3.4.3  Tabulu kartosana

Daudzos BOND programmaturas ekranos dati ir atteloti tabulas. Noklikskiniet uz slejas virsraksta, lai kartotu datus
pec attiecigas slejas vertibam. Blakus virsrakstam paradas augSupversts trisstaris, kas norada, ka tabulas dati ir
sakartoti augosa seciba (0-9, A-Z). Noklikskiniet vélreiz, lai kartotu datus dilsto$a seciba — trisstris ir vérsts uz leju.

Lai kartotu datus péc divam slejam, noklikskiniet uz pirmas slejas un péec tam, turot nospiestu taustinu <Shift>,
noklikskiniet uz otras slejas. Vertibu seciba pirmaja sleja nemainas, bet, ja pirmaja sleja ir vairakas rindas ar vienadu
vertibu, rindas tiek sakartotas pec otraja sleja noraditajam vertibam.

Tapat jus varat mainit sleju platumu un parvilkt slejas uz citu atraSanas vietu tabula.

Visas tabulas izkartojuma veiktas izmainas, tostarp sleju platuma un atrasanas vietas izmainas, tiek saglabatas lidz
jus izrakstaties no sistemas.

3.4.4  Datuma formats

Vienas darbvietas instalacijas programmaturas datumiem un laikiem, ka ari parskatiem izmanto BOND kontrollera
operétajsistema iestatitos formatus. BOND-ADVANCE instalacijas tiek izmantoti terminalos iestatitie formati. Isajam
un garajam datuma formatiem ir attiecigi jasastav no 12 vai 28 rakstzimem.
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3.9

BOND-ADVANCE informacijas panelis

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

BOND-ADVANCE instalacijas BOND informacijas panelis tiek attélots monitora, kas savienots ar kontrolleri vai

terminali. Tas sniedz reallaika statusa kopsavilkumu par visiem apstrades moduliem sistema.

Attels 3-9: BOND informacijas panelis

BOND Dashboard
B3_1 83_10 B3_
SSA Time Status SSA Time Status ‘ SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 00:24:47 Processing 1 00:22:43 Processin 9 1 00:11:38 Completed 1 - Abortsd 1 Locked
2 Locked 2 o0:14:28 Pracessing 2 00:04:01 Completed 2 2 Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:16:15 Pracessing 3 00:18:08 Completed 3 3 -
O @ i 29 ® A &
X g,
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Frocessing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:48 Processing
2 2 14:13:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing
3 - Locked 2 Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A A < 9 &« 9 & 9 &
s me status ssa Tme smws | | ssa Tme status ssa Tme status s me status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:08 Processing 1 00:38:08 Processing
2 00:15:50 essing 2 00:06:40 2 00:18:11 ing 2 00:03:15 Pr 2 00:32:16 Processing
k] 00:14:00 ing K 00:00:40 k] 00:09:51 ing K 00:09:59 Pre k] 00:28:57 Processing
9 - O O O O
| Max_11
ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03

ApZiméjumi

1 Apstrades moduli ar trauksmes signaliem

2 Apstrades moduli ar bridingjumiem

3 Apstrades moduli ar pazinojumiem

Ekrana augs$dala ir Getras ikonas, kas parada apstrades modulus ar (no kreisas uz labo) trauksmes signaliem,
bridinajumiem, pazinojumiem un pabeigtam darbibam. Ja kada kategorija ir vairak neka viens apstrades modulis, to

ikonas mainas secigi.

Zem augSejas rindas atrodas katra sistémas apstrades modula ritis, kas sakartotas péc nosaukuma alfabétiska
seciba (iestatitas administracijas klienta profila). Ratis ir redzams katra slaidu iekrasoSanas bloka statuss apstrades

4 Apstrades moduli ar pabeigtajam sérijam

5 AtseviSku apstrades moduli ratis, kuras redzams
slaidu iekrasosanas bloku statuss

modulos, ka art visi visparigie statusa indikatori, kas attiecas uz moduliem kopuma.
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Informacijas panela ikonas
A Apstrades modulim ir trauksmes signals.
Apstrades modulim ir bridinajums.

O, Apstrades modulis darbojas normali. Laika Zimogam ir balts fons (*"*** ).

LY

Procedura ir veiksmigi pabeigta vismaz viena apstrades modula paliktni, un paliktnis ir gatavs

izkrauganai. Laika zimogam ir zal$ fons ( **"®% ),
@ Apstrades modulim ir pazinojums.
{'; Apstrades modulis ir atvienots.

Apstrades moduli ar bridinajumiem, pazinojumiem vai pabeigtajam sérijam tiek attéloti gan attiecigaja pozicija ekrana
augsdala, gan atseviskajas rutis alfabetiska seciba zem tam.

3.5.1 Slaidu iekrasoSanas bloka statuss

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Katra slaidu iekraso$anas bloka statuss tiek paradits apstrades modulu ratis. Pastav tris statusa kategorijas:

 Locked (Blokéts) — paradas, kad slaidu paplate ir blokéta. Laiks netiek noradits,

« Processing (Apstrade) — uzsakta paplates apstrade. Kolonna Time (Laiks) tiek radits atlikusais sérijas
apstrades laiks stundas, minatés un sekundes,

» Completed (Pabeigts) — apstrade pabeigta. Sleja Time (Laiks) tiek radits laiks kop$ sérijas apstrades
pabeigSanas stundas, minGtés un sekundes, un tai ir zal$ fons.

Ja nav blokéta neviena paplate, rinda ir tukSa.

Nevarat mijiedarboties ar informacijas paneli. Ja informacijas panelis parada zinojumu, kura noradits, ka japievers

uzmaniba apstrades modulim (AM), ir javeic mijiedarbiba ar to, izmantojot BOND-ADVANCE terminali.
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3.6 Pazinojumi, bridinajumi un trauksmes signali

BOND sistémai ir tris bridinajuma limeni: pazinojums, bridinajums un trauksme. Katrs bridinajums tiek attélots ikonas
veida, kas paradas ekrana System status (Sistemas statuss) pari vai blakus vienumam, uz kuru attiecas bridinajuma
zinojums. Apstrades modula cilné var paradities ari attieciga bridinajuma ikona, lai sniegtu noradi neatkarigi no
paslaik redzama ekrana (skatit 5.1.1 Apstrades modula cilnes). Sadala BOND-ADVANCE bridinajumi tiek attéloti art
informacijas paneli (skatit 3.5 BOND-ADVANCE informacijas panelis).

Noklikskinot uz bridinajuma ikonas ar peles labo taustinu un atlasot opciju Attention message (Bridinajuma
pazinojums), tiek atverts dialoglodzing ar informaciju par bridinajuma apstakliem.

Turpmak ir izklastiti tris bridinajuma limeni un ar tiem saistitas ikonas.

Pazinojums
Sniedz informaciju par apstakliem, kuriem ir nepiecieSams talit vai velak veikt darbibas, lai

palaistu sérijas apstradi vai izvairitos no vélakas apstrades aizkavesanas.
Pastavigi deg

Bridinajums
Javeic tulitejas darbibas, lai izvairitos no apstrades aizkavésanas. Apstrades kavejumi var
ietekmet iekrasoSanu.

Pastavigi deg

Trauksme

y % NepiecieSama steidzama riciba. Apstrades modulis veica slaidu apstradi, tas ir apturgjis darbibu
un nevares atsakt apstradi lidz bridinajuma apstak|i tiks noversti. Apstrades kavejumi var

Mirgo ietekmét iekrasosanu.

BRIDINAJUMS: Vienmér izlasiet bridinajumu un trauksmes pazinojumus, tiklidz ieraugat ikonas (jo
Tpasi sérijas apstrades laika). Atra reagésana var noverst ietekmi uz slaidu iekrasoSanu.

leteicams péc iespéjas atrak reagét uz seriju apstrades laika sanemtajiem pazinojumiem.
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3.7 Parskati

BOND programmatura veido vairakus parskatu veidus. Tie atveras jauna loga lietotné “BOND Report Viewer” (Parskatu
skatitajs). Parskata virsrakstos ir sniegta vispariga informacija, pieméeram, laiks, vieta un apstrades modulis, uz ko
attiecas parskats. Parskata kajené ir noradits katra parskata izveidoSanas laiks un datums, un lappusu numuri.

Dazu parskatu izveidoSana, it ipasi tadu, kuri ietver informaciju par lietu, slaidu vai reagentu, var aiznemt vairakas
minutes, jo Tpasi laboratorijas ar daudziem apstrades moduliem un/vai lielu apgrozijumu.

BOND parskatu skatitajam ir neliels navigacijas, skatiSanas un izvades opciju klasts. Jus varat ari atvert standarta
drukasanas dialoglodzinu, lai atlasitu un konfigurétu printeri vai atlasitu drukajamas lapas, eksportétu parskatus
dazados formatos, tostarp PDF, XLS, CSV un teksta veida.

Navigacijai var izmantot daZadas tastatdras saisnes, pieméram, taustinu Page Up (AugSupskirSana), Page Down
(Lejupskirsana), Home (Sakumvieta) un End (Beigvieta) (pedgja lapa). Izmantojot Tsindjumtaustinus, ir pieejamas ari
citas funkcijas, pieméram, Ctrl-F parada dialoglodzinu Search (Meklét), Ctrl-S atver dialoglodzinu Save (Saglabat) un
Ctrl-P atver dialoglodzinu Print (Drukat).

BOND parskati tiek dokumenteti Sadas sadalas:
e 5.3.1 Apkopes parskats
e 6.7 Slaidu iestatisanas kopsavilkuma parskats
 7.5Protokolu parskati
» 8.3.4Krajumuinformacijas parskats
« 8.3.5Reagentu izlietojuma parskats
e 9.4 Sérijas notikumu parskats
» 0.5 Serijas detalizétas informacijas parskats
e 0.6 Lietas parskats
e 9.8 Slaidu kopsavilkums
* 9.101sa slaidu vésture
 Pakalpojumu zurnals

Slaidu informaciju ir iesp&jams eksportét arf CSV (komatatdalito vértibu) faila formata. Skatiet 9.9 Datu eksportésana.
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3.7.1  Vesturiskie parskati

Ja jusu BOND sistema tika jauninata no programmaturas versijas 4.0, lietu un slaidu dati, kas ieguti pirms
jauninasanas, netiks migréti uz pasreizéjo datu bazi. Tomeér vecie dati (saukti par “vésturiskajiem” datiem) joprojam ir
pieejami. Lai pieklatu tiem, atveriet Start (Sakt) > All Programs (Visas programmas) > Leica > BOND Legacy Report
Viewer (Vesturisko parskatu skatitajs). Atveras BOND programmatdras versija 4.0. Skatiet apstradatos slaidus ekrana
Slide history (Slaidu vesture) un izveidojiet parskatus tada pasa veida, ka to darijat, izmantojot versiju 4.0. Tapat ka
versija 4.0, jus varat izdrukat parskatus no parskatu loga vai saglabat tos PDF formata. Lai to izdaritu, atlasiet opciju
File (Fails) > Print (Drukat) un atlasiet Leica PDF Printer ka printeri.

Neveidojiet lietas un slaidus sadala BOND Legacy Report Viewer (Vesturisko parskatu skatitajs). Izmantojiet to tikai
vesturisko datu skatiSanai un parskatu veidoSanai.

3.8  Palidziba

Help
Funkcijas joslas ikona Help (Palidziba) gan Kliniskais, gan administréSanas klientiem atver uznirstoso logu,
kas |auj atlasit lietotaja rokasgramatas versiju, kuru vélaties atvert.

Select user manual

BOMND User Manual

BOND-PRIME User Manual

OK

Var ar atvert lietotaja rokasgramatu, izmantojot darbvirsmas ikona eso$o opciju Select user manual (Atlasit lietotaja
rokasgramatu).
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3.9

Par BOND

NoklikSkiniet uz ekrana augséja labaja sturi redzama Leica Biosystems logotipa, lai skatitu dialoglodzinu About BOND
(Par BOND), kura ir noradita sistémas informacija.

Attéls 3-10: Par BOND dialoglodzinu

BOND Software © 2022

Leica Biosystems Melbourne

Software information

Software version:

BOND user:

BOND user roles:

Language:

Database version:

Data version:

Region information:

BOND Language Pack version:

TH_Max

Processing Module

Senal number:
Type:
PCB:

About BOND

7.0.0.2070

admin

Administrator

English {United States)
DBVER_4.1.0 (70008)
98.08.473%

1 {RestOfWorld)
1.30.3.46

TH_Max
BOND-MAX
oooo

Jeica

BIDSYSTEMS

Lielaka dala dialoglodzina About BOND (Par BOND) sniegtas informacijas galvenokart ir saistita ar apkalpojo$o
personalu, tomér laboratorijas darbiniekiem var noderét sakotnéjas informacijas grupa, jo pasi parrunas ar klientu
atbalsta dienestu.

Sakotneja grupa ieklauta informacija ir Sada:
e programmaturas versija: programmaturas laidiena versijas numurs,
» BOND lietotajs: paSreizéja lietotaja lietotajvards,
» BOND lietotaja statuss: pasreiz€ja lietotaja statuss,
« valoda: pasreiz izmantota valoda,
« datubazes versija: datubazes versija (attiecas uz datubazes struktdru),
» datu versija: datubaze ieladéto datu versija,

« regiona informacija: pasaules regions, kuram ir konfiguréta sistéma (iestatita instalésanas laika).
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Jus varat saglabat dialoglodzina redzamo informaciju teksta faila — noklikSkiniet uz opcijas Report (Parskats) un
atlasiet atraSanas vietu, kur saglabat datni.

Pakalpojumu zurnals

Administracijas klienta profila dialoglodzina About BOND (Par BOND) jus varat izveidot servisa Zurnala parskatus.

Parasti to dara péec servisa parstavja pieprasijuma. Lai izveidotu servisa zurnalu:

1 Dialoglodzina About BOND (Par BOND) noklikskiniet uz Service log (Apkalpes zurnals) (skatiet Attéls 3-10).
2 Atlasiet vai nu:

 konkreta apstrades modula sérijas numuruy,

« *System* (Sistéma), lai zinotu par programmaturas vai kontrollera notikumiem BOND sistéma, vai

o *LIS*ar LIS sistemu saistitajiem notikumiem.

3 Atlasiet parskata laika periodu vai noklikskiniet uz opcijas Last seven days (Pedéjas septinas dienas).

4 Laiizveidotu parskatu, noklikskiniet uz opcijas Generate (Izveidot). Parskats tiek paradits parskatu skatitaja —
skatit 3.7 Parskati.

5 Lai pakalpojumu Zurnalu eksportétu CSV faila, noklikskiniet uz Export Data (Eksportét datus).

3.10 BOND datu definicijas

BOND kontrolleris saglaba datu definicijas, kas ietver visu reagentu un protokolu informaciju visai sistémai. Tapat ir
ieklauti noklusejuma protokoli un informacija par Leica Biosystems reagentiem un reagentu sistemam.

3.10.1 Datu definiciju atjauninajumi

Leica Biosystems periodiski izplata datu definiciju atjauninajumus timek|a vietng, pieméram, lai pievienotu

jaunizlaistos reagentus. Noradijumus par datu definiciju atjauninasanu skatiet 10.4 BDD.

Atjauninot datu definicijas, jus drikstat izmantot tikai atjauninajumu failus ar paplasinajumu .bdd un kas paredzeti
pareizajam regionam.

Parbaudiet pasreizé&jo datu versiju dialoglodzina About BOND (Par BOND). Lai skatitu $o dialoglodzinu, noklikskiniet
uz Leica Biosystems logotipa BOND programmaturas ekrana augséja labaja stari. Skatiet ari 3.9 Par BOND.

3.11 Programmaturas atjauninajumi

Turpinot Leica Biosystems sistémas izstradi, BOND var izlaist programmaturas atjauninajumus. Atjauninajumi var
tikt ieviesti galvenaja programmatra vai datubaze, kas satur nokluséjuma protokolus, reagentus un reagentu
sistemas.

Pasreizéjas programmaturas versijas numurs ir atrodams dialoglodzina About BOND (Par BOND) (skatit 3.9 Par
BOND). Datu versija ir redzama ari dialoglodzina About BOND (Par BOND).
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Sinodala ir paredzéta, lai sniegtu pirmo ieskatu sava pirma individuali veiktaja sérijas apstradé, izmantojot BOND

sistemu. Taja més izveidojam parauga lietu un konfiguréjam un apstradajam Cetrus slaidus, testéjot BOND lietoSanai

gatavam primarajam antivielam *CD5, *CD3, *CD10 un *Bcl-6.

BOND-IIl un BOND-MAX - §im antivielam nokluséjuma protokols un noteik$anas sistéma ir: *IHC Protocol F (IHC
protokols F) un BOND Polymer Refine noteik§anas sistéma (DS9800).

BOND-PRIME apstrades modulos noklusgjuma protokola noteik$anas sistéma ir *IHC Protocol F (IHC protokols F) u

BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Process izmanto ari paligaprikojumu BOND-PRIME
Hematoxylin (AR0096).

Aprakstitas proceddras ir derigas arf ISH zondém un protokoliem (vienkarsi nomainiet antivielas uz zondém un
aizstajiet IHC protokolus ar ISH protokoliem).

4.7 BOND-IIl un BOND-MAX

Pirms uzsakat darbu, iepazistieties ar attiecigajam Sis rokasgramatas sadalam 2 Aparatura un 3 Programmaturas
parskats (BOND kontroller?) nodala.

e 4.1.1 lepriekSejas parbaudes un uzsaksana

4.1.2 Protokolu un reagentu parbaudes

4.1.3 Slaidu iestatiSana

4.7.4 Reagentu iepildiana

4.1.5 Protokola izpilde

4.1.6 PabeigSana
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411  leprieksejas parbaudes un uzsaksana

Pirms serijas apstrades veiciet turpmak noraditas darbibas.

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis ir tirs un ir veikti visi apkopes uzdevumi (skatit 12.7 TiriSanas un apkopes
grafiks).

Ikdienas uzdevumi pirms sériju apstrades:

a Parliecinieties, ka lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi pari pusei; pasreizéja BOND-MAX modell
izmantojiet balto horizontalo [iniju uz konteinera etiketes ka noradi tam, ka konteiners ir lidz pusei
piepildits (skatit Attels 12-3).

b Parliecinieties, ka lielapjoma reagentu konteineriem ir pietiekams pareiza reagenta tilpums.
2 Parbaudiet mazgaSanas blokus un maisisanas iekartu — nepiecieSamibas gadijuma notiriet vai nomainiet to.
3 Parbaudiet, vai slaidu marketaja ir pietiekams etikeSu daudzums.

4 Ja apstrades modulis un kontrolleris (un BOND-ADVANCE sistémas terminalis) nav ieslégti, ieslédziet tos
tagad.

5 Kad darbojas kontrolleris vai terminalis, palaidiet kliniska klienta profilu.

6 Kad programmaturas darbiba ir palaista, parbaudiet Status (Statusa) ekranus, lai parliecinatos, ka nav
apstrades modula pazinojumu. Izlabojiet slaidus, pirms méginat veikt sériju apstradi.

7 lesledziet slaidu markétaju.

4.1.2  Protokolu un reagentu parbaudes

Jums ir japarbauda, vai programmatdra ir iestatiti protokoli un reagenti, kurus paredzets izmantot sériju apstrade.
Lai parbauditu protokolus:

Protocol setup
1 funkciju josla atlasiet ikonu Protocol setup (Protokola iestati$ana) (redzama labaja puse).
72 Parbaudiet, vai tabula ir noradits “*IHC Protocol F” (IHC protokols F).

Ja protokols nav noradits, atlasiet opciju All (Visi) ekrana apak§dala redzamaja filtra Preferred
status (Velamais statuss) (skatit 7.2 Protokola iestatiSanas ekrans).

Atlasiet tabula protokolu, noklikskiniet uz Atvért (Open) un dialoglodzina Edit protocol properties (Redigét
protokola rekvizitus) atzimgjiet velamo noteik$anas sistému BOND Polymer Refine Detection.

Parliecinieties, ka blakus dialoglodzina aug$dalai protokols ir atlasits ka Preferred (Vélams) (jums ir
japierakstas vaditaja statusa, lai atzimétu protokolu ka vélamu, ja ta nav).

Reagentu parbaude

Saja parbaudé tiek pienemts, ka jums ir nepieciesamo antivielu un noteik$anas sistémas krajumi un ka tie [FEEeat:
ir registréti BOND reagentu krajumos. Papildinformaciju skatiet 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu °,j
registresana.
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1 Funkciju josla atlasiet ikonu Reagent setup (Reagentu iestati$ana) (redzama labaja puse).

2 Cilne Setup (lestatiSana) ekrana lejasdala pieejamajos filtros atlasiet Primaries (Primarie) vienumam Reagent
type (Reagenta veids), Leica Microsystems vienumam Supplier (Piegadatajs) un All (Visi) vienumam Preferred
status (Velamais statuss).

3 Atrodiet katru nepiecieSsamo antivielu (*CD5, *CD3, *CD10 un *Bcl-6) un veiciet dubultklikski, lai atvértu
dialoglodzinu Edit reagent properties (Redigét reagentu ipasibas):

a noklikskiniet uz opcijas Restore factory default protocols (Atjaunot ripnicas nokluséjuma protokolus) (lai
atjaunotu ripnicas nokluséjuma iestatijumus, jums ir japierakstas vaditaja statusa). Tas nodrosina, ka
tiek iestatits noklusejuma iekrasosanas protokols, * IHC Protocol F (IHC protokols F) un noklusgjuma

priekSapstrades protokoli.

b Parliecinieties, ka reagents ir atziméts ka Preferred (Vélamais) (ja ta nav, lai to atzimétu ka velamu, jums
ir japierakstas vaditaja statusa).

¢ Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

4 Tagad atveriet cilni Inventory (Krajumi) un lejasdala pieejamajos filtros atlasiet Reagent containers (Reagentu
konteineri) vienumam Package type (lepakojuma veids), Primaries (Primarie) vienumam Reagent type
(Reagenta veids), In stock (Krajuma) vienumam Inventory status (Krajuma statuss), Leica Microsystems
vienumam Supplier (Piegadatajs) un Preferred (Vélamais) vienumam Preferred status (Velamais statuss).

Visam nepiecieSamajam antivielam japaradas kopa ar pieejamajiem tilpumiem.
Parliecinieties, vai katras antivielas tilpums ir pietiekams.

5 Taja pa$a cilné atlasiet BOND detection systems (NoteikSanas sistémas) vienumam Package type
(lepakojuma veids) un In stock (Krajuma) vienumam Inventory status (Krajumu statuss). Parbaudiet, vai tabula
ir noradita vélama noteiksanas sistéma BOND Polymer Refine Detection un vai ir pieejams pietiekams
daudzums (skat. 8.3.1.1 NoteikSanas sistemu parskata tilpums).

41.3  Slaidu iestatiSana

Saja sadala ir aprakstits process tam, ka ievadit BOND sistéma nepieciesamo informaciju slaidu Siide setup
iekraso$anai un fiziski ievietot slaidus apstrades moduli. 23

Saja sadala minétas programmatiras darbibas tiek veiktas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana). Lai
atvertu So ekranu, funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Slide setup (Slaidu iestatiSana).

Skatiet apak$sadalas:

e 4.1.3.1 Lietas informacijas ievadisana

4.1.3.2 Slaidu informacijas ievadiSana

4.1.3.3 Kontroles audi

4.1.3.4 Slaidu markésana
4.1.3.5 Slaidu ielade
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41.3.1 Lietas informacijas ievadisana

Vispirms programmatdra jaizveido parauga pacienta “lieta”. Pieméram, pacienta vards, uzvards ir A. Edward, lietas ID
3688, un norikojoSais arsts ir Dr. Smith.

1 Ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) noklikskiniet uz Add case (Pievienot lietu). Programmatura tiek paradits
dialoglodzin$ Add case (Pievienot lietu).

Attéls 4-1: Dialoglodzin$ Add case (Pievienot lietu)

Case IOV
Patiani nami Ehacard &,

Car Cofmimants:

Dioctor. Hemith -
tars

Carse N

Dhespares vohime: 100 ol

# 150l

Propaion pretossl ‘D B

2 Noklikskiniet uz lauka Case ID (Lietas ID) un ierakstiet “3688".
3 Noklikskiniet uz lauka Patient Name (Pacienta vards, uzvards) un ierakstiet “Edward, A”.

4 Noklikskiniet uz opcijas Manage doctors (Parvaldit arstus), lai atvértu dialoglodzinu Manage doctors (Parvaldit
arstus). Péc tam noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot), lai atvertu dialoglodzinu Add doctor (Pievienot arstu),
un lauka Name (Vards, uzvards) ierakstiet "Smith”. Parliecinieties, ka ir atziméta izvéles ritina Preferred
(Vélamais). Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

5 Dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus) atlasiet ,Smith"” un noklikskiniet uz OK (Labi).

6 Atlasiet 150 pL dozeSanas tilpumu ka lietas noklusejumu. Ja velaties, So iestatijumu var ignorét slaidu
iestatiSanas laika.

7 Lauka Preparation Protocol (Sagatavosanas protokols) atlasiet *Dewax (Atvasko$ana) vai *Bake and Dewax

(Karsésana un atvaskos$ana), lai iestatitu nokluséjuma slaidu sagatavosanas veidu. Ja vélaties, $o iestatijumu
var ignoret slaidu iestatiSanas laika.

8 Noklikskiniet uz OK (Labi), lai aizvértu dialoglodzinu Add case (Pievienot lietu) — jauna lieta paradas tabula
ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) kreisaja pusé.

Papildinformaciju par darbu ar lietam skatiet 6.3 Darbs ar lietam.

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 92



Nodala 4 Atra palaide

4.1.3.2 Slaidu informacijas ievadiSana
Nakamaja posma programmatura jaizveido “slaidus” katram no Cetriem fiziskajiem slaidiem.
1 Atlasiet jauno lietas ID 3688 lietu saraksta ekrana kreisaja puse.
2 Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu), lai atvertu dialoglodzinu Add slide (Pievienot slaidu).

Attéls 4-2: Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu)

Add slide

Edward. A

CaseID:

Tissue : Dispense volume:
3688 ype P

Doctor:
Smith
Slide ID:

Case N*:
3

Case comments:

Date created:

+  Testtissue 100 L
Negative tissue " 150 pL
Positive tissue

Staining mode:

Single - Routine -

Single

6/29/2020 12:21:24 PM

Process. « IHC ISH
Marker *CD5 (4C7) B
Protocols
Staining! *IHC Protocol F -
Preparation: *Dewax -
HIER “HIER 20 min with ER2 E
Enzyme - -
Marker UPI:
Auto
Detection System UPI:
Auto
s

3 Pec izveles pievienojiet Sim slaidam paredzétu komentaru.
4 Parliecinieties, ka ka tissue type (audu veids) ir atlasits Test tissue (Parbaudamie audi).

5 Atlasiet apstrades modulim un audu izméram atbilstosu dozésanas tilpumu (skatit 6.5.8 Dozesanas apjomi un
audu novietojums uz slaidiem).

Pienemsim, ka slaidi tiks apstradati ar BOND-III, tade| dozeSanas tilpumu jaiestata 150 pL.
ReZima Staining mode (lekraso$anas rezims) atlasiet Single (Vienkarss) un Routine (Kartéjais).

Noklikskiniet uz IHC, lai noraditu IHC procesu.

O oo ~J o

Saraksta Marker (Markieris) atlasiet *CD5 (4C7).

10 Cilne Protocols (Protokoli) programmatira automatiski ievada lietai iestatito sagatavo$anas protokolu un
*CD5 nokluséjuma iekrasoSanas un izguves protokolus.
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11 Vienas iekraso$anas gadijuma parasti dialoglodzina kreisaja puse jaatstaj Auto (Automatiskais iestatijums)
unikaliem produkta identifikatoriem (Unique Product Identifier, UPI). Tomer, ja vélaties atlasit konkrétu partijas
numuru konkréetam slaidam (piem., validesanai pec partijas), atlasiet $o nolaizamo sarakstu Sados laukos:

 Marker UPI (Markiera UPI) - reagenta konteinera UPI markierim
« Detection System UPI (NoteikSanas sistémas UPI) - noteikSanas sistemas UPI.

Lai slaidi tiktu apstradati viena sérija (ieslegti BOND-MAX un BOND-III), jaatlasa vai nu UPI, vai arT Auto
(Automatisks).

12 Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu).

Slaids ir pievienots slaidu sarakstam, kur$ atrodas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) labaja puse.
Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu) saglabajas atverts.

13 Atkartojiet 9.-12. darbibu tris reizes un 9. darbiba ka markieri atlasiet *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) un *Bcl-6
(LN22) .

14 Kad visi slaidi ir pievienoti, noklikskiniet uz Close (Aizvert), lai aizvertu dialoglodzinu Add slide (Pievienot
slaidu).

Parskatiet informaciju slaidu saraksta.

Attéels 4-3: Ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) konfiguréti etri slaidi

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

N

00000003

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Jajums ir nepiecieSams mainit slaida informaciju, veiciet dubultklik$ki uz attieciga slaida, lai atvertu
dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti), péc nepiecieSsamibas mainiet informaciju un pec tam
noklikSkiniet uz OK (Labi).

Papildinformaciju par darbu ar slaidiem skatiet 6.5 Darbs ar slaidiem.
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@ Jus varat izmantot panels (paneli), lai atri pievienotu vairakus slaidus, kurus parasti izmantojat.
Paneju skaidrojumu un to izveides un izmanto$anas noradijumus skatiet 8.4 Reagentu panelu
ekrans.

41.3.3 Kontroles audi

Vienmer izmantojiet kontroles paraugus BOND sistema. Més stingri iesakam novietot attiecigos kontroles audus uz
tiem paSiem slaidiem, kur atrodas pacientu audi. Turklat jus varat izveidot atsevisku lietu, kas 1paSi paredzéta
kontroles slaidiem. Skatiet 6.2 Darbs ar kontroles paraugiem, lai apltkotu papildu informaciju.

4.1.3.4 Slaidu markesana
Tagad jus varat izdrukat slaidu etiketes un piestiprinat tas slaidiem.

1 Ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) noklikskiniet uz opcijas Print labels (Drukat etiketes).

? Sadala Slide labels to print (Drukasanai paredzetie slaida markéjumi) atlasiet atbilstoso opciju un péc tam
noklik§kiniet uz Print (Drukat).

Etiketes ir izdrukatas.

3 Parliecinieties, ka slaida matéta zona (kur tiks piestiprinata etikete) ir sausa, pec tam piestipriniet etiketi ar
slaida ID vai svitrkodu paraléli slaida galam. Etiketei jabut vérstai ar labo pusi uz augSu, kad slaids tiek turets ar
etiketi augsdala.

Attéls 4-4: Pareizi piestiprinata etikete

Fﬁ FE.IVEQL
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te

v

Papildinformaciju skatiet 6.6 Slaidu markésana.
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4.1.3.5 Slaiduielade
leladéjiet slaidus, ka noradits talak.
1 Turiet slaidu aiz etiketes gala ta, lai paraugs butu augsa.

2 Virziet slaidu virs tuksas vietas slaidu paplaté ta, lai slaida etiketes gals atrastos pari iedobumam paplates
sana (skatit Attéls 4-5). Novietojiet slaidu t3, lai tas atrastos padzilinajuma uz paplates.

Attéls 4-5: Slaida novietoSana slaidu paplaté

3 Turiet Covertile aiz pagarinajuma un novietojiet to uz slaida ta, lai Covertile sasaurinajuma esosais ierievis
iegulst slaidu paplates rieva (apvilkta Attéls 4-6). Uz jauna dizaina Covertiles ir uzdrukats nosaukums “Leica”,
un, ja to var pareizi salasit, tad tas ir novietotas ar pareizo pusi uz augsu.

Attéls 4-6: Covertile novietosana uz slaida

4 Kad visi slaidi un Covertiles ir novietoti uz paplates, paceliet paplati un atbalstiet tas talako galu uz tuksa slaidu
iekrasosanas bloka ieejas. lebidiet paplati lidz galam moduli. Paplatei bitu viegli jaieslid un sadzirdami
janokliksk, kad ta ir ievietota.
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41.4  Reagentu iepildisana

Tagad apstrades modult ir jaievieto noteikSanas sistema (BOND Polymer Refine) un markieru konteineri (*CD5, *CD3,
*CD10 un *Bcl-6).

ap vaku. Atverot reagentu konteinerus, vienmer valkajiet apstiprinatus acu aizsardzibas lidzek|us,

.é BRIDINAJUMS: Reagentu konteineri var apgazties transportésanas laika, atstajot reagentu atliekas
cimdus un aizsargapgeérbu.

Lai iepilditu reagentus BOND-III vai BOND-MAX apstrades moduli, rikojieties talak izklastitaja veida.

1 levietojiet markieru konteinerus reagentu paplatés ta, lai aizmuguréja apvalka konteineru gropes atbilstu

izcilniem paplates nodalijumos. Nospiediet uz leju, lidz konteineri ar klikski nofiksgjas vieta.
Ja velaties, jUs varat novietot markieru konteinerus noteikSanas sistemas paplasu rezerves nodalijumos.

Attéls 4-7: Reagentu konteiners reagentu paplate

Bultas norada uz
reagentu konteinera un
reagentu paplates
gropem.

2 Atveriet visus markieru un noteik§anas sistémas konteinerus. Atveriet vakus, noklikskinot, un atlieciet tos
atpakal, lidz tie fiksgjas izcilnos konteineru aizmugure.

3 Parliecinieties, ka augséjas etiketes ar svitrkodu ir pilniba piestiprinatas konteineriem - piespiediet visas
etiketes, kuras nav pielipusas.

4 Noslaukiet mitrumu/kondensaciju no augséjas svitrkoda etiketes.
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5 Novietojiet reagentu paplates uz apstrades modula reagentu platformas. Izmantojiet platformas vadotnes, lai
pareizi ievirzitu paplates platforma.

Kad paplate sasniedz platformas galu, tai ir jaaktivize blokeSanas mehanisms. Paplates gaismas diode
iedegas zala krasa, noradot, ka paplate ir ievietota.

Attéls 4-8: Reagentu paplates ievietosana

Apziméjumi

1  Paplates fikseéSanas mehanisms

2 Apstrades modula fikséSanas pieslégvieta
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6 Programmatura noklikskiniet uz apstrades modula cilnes, lai atvértu ekranu System status (Sistémas statuss).

Reagenta sleja tiek attélota gaisaka krasa ar tumsu malu, lai noraditu, ka talit tiks paradits paplates attéls.
Tiklidz ir pieejams galvenais robots, BOND sistéma attélo reagentu ID un péc tam atjaunina reagentu ikonas.

Attels 4-9: Reagenta paplates statusa attéls sistémas statusa ekrana
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Problemu gadijuma ar reagentiem programmatira $aja ekrana parada bridinajuma ikonu. Noklikskiniet ar
peles labo pogu uz $is ikonas, lai aplukotu plasaku informaciju (skatit 5.1.3.4 Reagentu problému noversana).

@ Reagentu paplates var iznemt jebkura laika, kamér paplates gaismas diode deg zala krasa.
Kad reagents bis nepiecieSams paplaté tuvako 2 minasu laika, gaismas diode iedegas

sarkana krasa, noradot, ka paplate ir blokéta (skatit 2.2.6.5 Reagentu platforma).
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4.1.5  Protokola izpilde

Izmantojot apstrades moduli konfigurétos un ieladétos slaidus un reagentus, jus varat sakt sérijas apstradi.
1 Parliecinieties, ka apstrades modula vaks ir aizverts.
2 Nospiediet pogu Load/Unload (lelade/izlade) uz priek$€ja panela zem ieladétas slaidu paplates.

BOND-III vai BOND-MAX nofiksé paplati, un slaidu paplates LED indikatoram jadeg oranza krasa.

skanas, pastav iespéja, ka Covertiles nav novietoti pareizi. Sada gadijuma atblokéjiet paplati,

‘ leklausieties, ka tiek nofikséta slaidu paplate — ja atskan skalas krakskoSas vai klikSkoSas
iznemiet un parbaudiet slaidus un Covertiles.

3 Tikldz ir pieejams galvenais robots, BOND sistéma attélo slaidus.

Ja kads no nepiecieSamajiem reagentiem nav pieejams, programmatura attélo bridinajuma ikonu zem slaidu
saraksta. Lai iegUtu papildinformaciju, noklikskiniet ar peles labo pogu uz ikonas.

4 Janav neatpazitu vai nesaderigu slaidu, tie tagad ir gatavi iekrasoSanas seérijas apstradei. Progresa josla
norada sakuma fazi (skatit 5.1.6.2 Sérijas apstrades progress), un sérijas apstrades statuss tiek attélots ka
Slides ready (Slaidi gatavi) (skatit 5.1.6.1 Sérijas apstrades statuss).

Noklikskiniet uz pogas IS, lai uzsaktu protokola izpildi (vai arl varat iestatit apstrades moduli, lai tas saktu
darboties vélak; skatit 5.1.8 Atliktais starts).

Sistéma ieplanos sérijas apstradi, péc tam progresa josla parslegsies uz apstrades fazi un tiks attélots izpildes
statuss Proc (OK) (Apstrade (Labi)).

‘ Vienlaikus japalaiz tikai viena procedlra un péc tam jagaida, lidz Si procedura ir sakusies/ir
ieplanota pirms nakamas proceduras sakSanas. Uzgaidiet isu mirkli pec katras sérijas
apstrades uzsakSanas, lai parliecinatos, ka ta ir veiksmigi uzsakta. Pretéja gadijuma sérijas
apstrades statuss ir iestatits uz Rejected/Slides ready (Noraidits/slaidi gatavi). Skatiet
5.1.6.1 Sérijas apstrades statuss.
Kamer tiek apstradata sérija, attieciga slaidu iekrasosanas bloka poga Load/Unload (lelade/izlade) neatbrivo slaidu
paplati.

Lai partrauktu sérijas apstradi, ekrana System status (Sistémas statuss) zem paplates noklikskiniet uz [EH (skatit
5.1.7 Serijas apstrades palai$ana un apturésana).
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41.6  PabeigSana

Kad sérijas apstrade ir pabeigta, mirgo apstrades modula cilnes ikona (skatit 5.1.1 Apstrades modula cilnes). Ja
sérijas apstrades laika notiek neparedzéts notikums, displeja teksts tiek attélots sarkana krasa un zem paplates un

skartajos slaidos tiek paradits pazinojuma simbols. Sada gadijuma parbaudiet, vai ekrana System Status (Sistémas
statuss) nav redzamas bridinajuma ikonas, un noklikkiniet ar peles labo pogu, lai skatitu informaciju par bridinajuma
stavokli. Tapat jums japarbauda zinojums Run Events Report (Sérijas notikumu parskats) (skatit 9.4 Sérijas notikumu
parskats), lai skatitu jebkuru citu informaciju par problemam seérijas apstrades laika.

Kad sérijas apstrade ir pabeigta:
1 lznemiet reagentu paplates.

Stingri aizveriet reagentu konteineru vakus, lai noverstu reagentu iztvaiko$anu, un nekavéjoties novietojiet

reagentus uzglabasanai athilstosi etiketé vai reagenta datu lapa sniegtajiem noradijumiem.

2 Generéjiet sérijas notikumu parskatu (skatit 9.4 Sérijas notikumu parskats).

@ leklausieties, vai, izladejot paplati, atskan krakskoSas vai klikskoSas skanas. Ja tadas ir
dzirdamas, parbaudiet slaidu iekrasoSanas bloku un ap to, vai nav saplisis kads slaids, ja ir
negaiditi saspiests kads nepareizi novietots slaids. Sada gadijuma sazinieties ar klientu

atbalsta dienestu.

4 Novietojiet slaidu paplati uz lidzenas, stabilas virsmas. Nonemiet Covertile, turot nospiestu slaida etiketi, péc
tam uzmanigi izdarot spiedienu uz Covertile kaklina virziena uz leju, lai paceltu Covertile galu no slaida.

@ Nevelciet Covertile pari slaida virsmai, jo tadejadi jus varat sabojat audus, kas sarezgis slaida
nolasisanu.

5 Nonemiet Covertile no slaidiem un notiriet tos, ka aprakstits 12.3 Covertiles.
6 Nonemiet slaidus un veiciet nakamo darbibu, apstradajot tos saskana ar savas laboratorijas proceduru.
Jus varat izveléties atkartoti apstradat jebkuru slaidu (skatit 9.3 Slaidu rekviziti un slaidu atkartota apstrade).

Ar So darbibu tiks pabeigta jusu pirma BOND sistémas sérija.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Informaciju skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

421  leprieksejas parbaudes un uzsaksana

1 leslédziet kontrolleri (un terminali BOND-ADVANCE) un atveriet BOND klinisko klientu.
2 parbaudit, vai slaidu marketaja ir etiketes un drukas lente, un vai tas ir ieslégts.
3 Inicializéjiet BOND-PRIME apstrades moduli un piesakieties.

4 Pabeidziet visus darbibas rindas uzdevumus, kas parada, ka darbiba ir nepiecieSsama “Soon” (Driz) vai “Now”
(Tagad).

4.2.2  Protokolu un reagentu parbaudes

Lietojiet *IHC Protocol F (IHC protokolu F) un BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Process

izmanto ari paligaprikojumu BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096). Pretéja gadijuma veiciet darbibas, kuras aprakstitas
4.1.2 Protokolu un reagentu parbaudes.

47.3  Slaidu iestatiSana

|Izpildiet darbibas, kuras aprakstitas sadala 4.1.3 Slaidu iestatisana (lidz pat slaidu mark&jumiem un to ietverot).

4.2.4  BOND-PRIME apstrades modulr:

1 ieladet reagenta paplati un noteikSanas sistémas paplati;
ieladet slaidus prieksielades atvilktné.

Pec tam slaidi tiek skenéti, parvietoti no atvilktnes un automatiski apstradati.

M~ w N

Péec iekraso$anas pabeigsanas slaidi tiek parvietoti uz atvilktni Unload (Izkraut), kur tie tiks mitrinati lidz to
iznemsanai.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 102



BOND-IIl un BOND-MAX
statusa ekrani (BOND
kontrollert)

@ BOND kontrollera statusa ekrani netiek izmantoti BOND-PRIME. Informaciju par BOND-PRIME
statusu skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

Kliniska klienta profila katra apstrades modult ir divi statusa ekrani un apkopes ekrans, kurus atlasa cilnés loga
augseja kreisaja stri tad, kad kreisas puses cilnés ir atlasits apstrades modulis. Ekrans System status (Sistemas
statuss) piedava sistémas vadibu no skata, kura redzams slaidu un reagentu izvietojums moduli. Ekrans Protocol
status (Protokola statuss) sniedz informaciju par atsevisku slaidu protokola progresu. Ekrana Maintenance (Apkope)
ir pieejamas dazadu apkopes darbibu komandas.

e 5.1 Ekrans System Status (Sistémas statuss)
» 5.2 Protokola statusa ekrans

e 5.3 Apkopes parskats
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5.1 Ekrans System Status (Sistéemas statuss)

@ Sis ekrans attiecas tikai uz BOND-IIl un BOND-MAX apstrades moduliem. Informaciju par BOND-
PRIME apstrades modula statusu skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

Sis ekrans sniedz iespéju kontrolét apstradi un taja tiek radita ieladéto slaidu paplasu un reagentu informacija. Tapat
taja ir aplukojams reagentu, atkritumu un blokétaju statuss sistéma.

Attéls 5-1: BOND-IIl apstrades modula ekrans System status (Sistémas statuss)
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Apstrades modula cilnes statusa ekranu kreisaja puse sniedz vizualu kopsavilkumu par saistita apstrades modula
statusu. Noklikskiniet uz cilnes, lai aplukotu detalizétu apstrades modula statusu.

Papildinformaciju skatiet
» 5.1.1 Apstrades modula cilnes
e 5.1.2 Aparaturas statuss
» 5.1.3 Reagentu statuss
» 5.1.4 Slaidu informacija
 5.1.5 Slaidu identificeSana iekarta
e 5.1.6 Sérijas progresa raditajs
» 5.1.7 Sérijas apstrades palaiSana un apturésana

e 5.1.8 Atliktais starts
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5.1.1  Apstrades modula cilnes

Ekrana kreisaja pusé programmatira parada katra apstrades modula cilni sistéma (vienas darbvietas) vai
grupa, kurai klients ir pievienots (BOND-ADVANCE). Ja nav pietiekami daudz brivas vietas, lai paraditu visus @
apstrades modulus vertikali, ritiniet uz aug$u un uz leju, izmantojot redzamas bultinas (augSupveérsta bultina
paradita labaja pusé).

Attéls 5-2: Apstrades modula cilne (BOND-III)

Katra cilné ir noradits apstrades modula nosaukums, savukart taisnstura ikonas attélo modula slaidu iekraso$anas
bloku statusu (skat. turpmak). Lai atvértu apstrades modula ekranu System status (Sistémas statuss), noklikskiniet
uz cilnes. Ja &1 opcija ir atlasita, ap apstrades modula cilni ir redzama zila kontdra un bultina virziena pa labi (skat.
ieprieks).

5.1.1.1 Slaidu iekrasosanas bloks

Turpmak ir sniegti slaidu bloka piemeéri, kuri var bat redzami apstrades modula cilne.

Pirms serijas apstrades uzsaksanas

TukSs taisnsturis: nav paplates vai paplate nav blokéta.

Animeéti ID numuri un pastavigi iedegtas joslas: notiek paplates attélveidoSana.

1l

Paplates ikona ar slaidiem: ir izveidoti slaidu etikeSu attéli un paplate ir gatava apstradei.

Serijas apstrades laika:

Laika displejs ar cipariem melna krasa un kustigiem punktiem kreisaja pusé: paplates apstrade
norit bez zinojumiem par neparedzétiem notikumiem. Paraditais laiks ir aptuvenais paplates
apstrades pabeigSanas laiks.

* 1:06 PMm| Laika displejs ar cipariem sarkana krasa un kustigiem punktiem kreisaja pusé: paplates apstrade
norit ar zinojumiem par neparedzéetiem notikumiem. Paraditais laiks ir aptuvenais paplates
apstrades pabeigSanas laiks.
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Péc sérijas apstrades
MirgojoSs laika displejs ar cipariem melna krasa un statiskiem punktiem kreisaja pusé: procedlra
pabeigta noraditaja laika bez neparedzétiem notikumiem.

MirgojosSs laika displejs ar cipariem sarkana krasa un statiskiem punktiem kreisaja pusé:
procedura pabeigta noraditaja laika — fikseti neparedzeti notikumi.

Sérijas apstrade tika patraukta.

5.1.1.2 Apstrades modula statusi

Programmatura nepartraukti uzrauga sistemas statusu un apstrades modula cilné var tikt attélotas turpmak
noraditas ikonas.

Apstrades modulis nav pievienots. ) Bridingjums:
BOND programmatura ir konstatejusi

negaiditu statusu.

[ ] (Mirgo) Apstrades modulis tiek 0 Trauksme (mirgo):

[ ] inicializéts. lai turpinatu darbibu, apstrades modulim

|:| nepiecieSama lietotaja iejauksanas.

& Paslaik tiek veikts apstrades modula @ Tiek veikti apstrades modula apkopes
Serviss. darbi.

5.1.2  Aparaturas statuss

Problemu gadijuma ar kadu BOND sistémas dalu ikonas ekrana apaksgja labaja sturt attélo bridinajumu ) vai

trauksmi A , savukart vispariga sistémas pazinojuma gadijuma tiek attélots informacijas indikators .
Noklikskiniet ar peles labo pogu uz $is ikonas, lai aplukotu plasaku informaciju.
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Vispariga sistemas kjuda vai atgadinajums par apkopes uzdevumu.

L/
L
L
[ v

Tiek attélota, ja ir atverts vaks (tikai BOND-MAX) vai iekraso$anas sérijas laika tiek atvértas lielapjoma
konteinera durvis. Tam jabut aizvertam, lai darbinatu apstrades moduli.

Ja iekrasoSanas sérija netiek apstradata, tas vieta paradas informacijas indikators 4

|ztriksto$s reagents vai nepietiekams ta daudzums.

ievietota, bet nav atpazits tas svitrkods.

NepiecieSamibas gadijuma ievietojiet apstrades moduli tiru maisiSanas iekartu. Noklikskiniet ar peles
labo pogu uz ikonas un izpildiet norades, lai informétu sistemu, ka maisiSanas iekarta ir vieta.

apstrades moduli, iekarta bija netira).

Parliecinieties, ka instrumenta ir ievietota tira maisianas iekarta, pec tam noklikskiniet ar peles labo
pogu uz ikonas un apstipriniet izveli.

Neizdevas maisiSanas iekartas tirisana.

JUs joprojam varat turpinat izmantot atlikusos tiros flakonus. Pretéja gadijuma, lai dzeéstu pazinojumu,
jums ir jarestarté apstrades modulis.

Ja ekrana joprojam tiek attélots pazinojums, tas var noradit uz problémam ar fluidikas mehanismu —

sada gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Nav pieejami tiri maisiSanas flakoni.

3
m Inicializacijas laika konstatéts, ka maisiSanas iekarta ir netira (piemeram, pedéjo reizi aizverot

Uzgaidiet, l1dz apstrades modulis notira dazus flakonus, un péc tam turpiniet, ka ierasts.

Ja flakoni netiek notiriti, var bt nepiecieSams restartét apstrades moduli. Ja ekrana joprojam tiek
attélots pazinojums, tas var noradit uz problémam ar fluidikas mehanismu — $ada gadijuma
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

@ NepiecieSamibas gadijuma maisisanas iekartu var iztirit manuali. Skatiet 12.7 Mazgasanas bloks un
maisiSanas iekarta.
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5.1.2.1 Silditaja kludas

Katrs no BOND-III un BOND-MAX slaidu silditajiem tiek uzraudzits atseviski un temperaturas k|udas gadijuma tiek
atziméts ka bojats (skat. Attéls 5-3). Ja tiek noradits, ka silditajs ir bojats, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Attéls 5-3: Atseviska silditaja k|ida

4
>

Pozicija, kas atziméta ka bojata, nedrikst méginat palaist slaidu sériju, kurai nepiecieSama karsésana. Ja sérijas
apstrades laika rodas silditaja darbibas traucejumi, slaids Saja pozicija var tikt sabojats. Ja silditaja darbibas
traucéjumi izraisa drosibas risku, var tikt izslégta visu slaidu sildiSana apstrades moduli (skat. Attéls 5-4).

Attels 5-4: Pelekas krasas silditaja simboli katra pozicija norada pilnigu karséSanas izslegsanu

S —
3 =
3 =

Kad slaidu sildisana ir izslégta, jums ir jaizsleédz apstrades modulis un péc tam tas jarestarté, lai izslegtu silditaja
blokeSanu. Jus varat turpinat izmantot slaidu pozicijas ar bojatiem silditajiem, kamer vien tajas apstradatajiem
slaidiem nav nepiecieSama sildiSana.

5.1.2.2 Temperaturas indikators

Kad slaidu iekraso$anas bloka temperatra parsniedz apkartéjas vides temperataru, ekrana System status (Sistemas
statuss) apaksa paradas temperatiras indikators.

Temperaturas indikators ekrana apaksSdala norada, ka slaidu iekrasoSanas bloks ir silts vai karsts.

Attéls 5-5: Temperatras indikators — silts (pa kreisi) un karsts (pa labi)
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Ekrana System status (Sistémas statuss) redzamas slaidu paplasu malas ari maina krasu, noradot temperaturu:
zila - kad paplates temperatura atbilst apkartéjas vides temperaturai; oranza — kad tas ir silta; un sarkana — kad ta ir
karsta.

Attéls 5-6: Temperatiras indikacija slaidu paplasu apmalés: silta (kreisas puses attéls) un karsta (labas puses

attéls).
00000410 0ooo0404
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Izvairieties no saskares ar slaidu iekrasoSanas blokiem un tiem apkart esoSajiem elementiem. Tie var but |oti karsti un
izraisit smagus apdegumus. Péc darbinasanas beigam atveliet 20 minutes laika, lai slaidu iekrasoSanas bloki un to
apkart esosie elementi atdzistu.

5.1.3  Reagentu statuss

Ekrana System status (Sistémas statuss) labaja puse ir redzams konstatéto reagentu statuss. Turpmakajas sadalas ir
aprakstitas izmantotas ikonas un tas, ka novérst dazas ekrana noraditas problémas ar reagentiem.

e 5.1.3.1 Reagentu sistémas

 5.1.3.2 Reagentu konteineri

 5.1.3.3 Reagentu limeni
 5.1.3.4Reagentu problemu noversana
 5.1.3.5 Nekonstatétu reagentu labosana

e 5.1.3.6 Lielapjoma konteineru statuss

5.1.3.1 Reagentu sistémas

BOND noteikSanas sistéma
‘1- Bond Polymer Refine Detection

— —v

BOND tiriSanas sistema
Bond Aspirating Froba
S Cleaning System
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5.1.3.2 Reagentu konteineri
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Ja reagentu piegadatajs ir BOND, attiecigo reagentu konteineru ikonas pirms nosaukuma ir
atzimetas ar zvaigzniti.

BOND lieto$anai gatava primara antiviela.
Registrejot $os reagentus, BOND programmatira automatiski ievada to informaciju. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

BOND lietoSanai gatava ISH zonde.
Registréjot $os reagentus, BOND programmatira automatiski ievada to informaciju. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

Lietotaja piegadata primara antiviela BOND atverta vai titréSanas konteinera.

Pirms registracijas So reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent Setup (Reagentu
iestati$ana), un registracijai ir nepiecieSams partijas numurs un deriguma termin$. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

Lietotaja piegadata ISH zonde BOND atverta vai titréSanas konteinera.

Pirms registracijas So reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent Setup (Reagentu
iestati$ana), un registracijai ir nepiecieSams partijas numurs un deriguma termin$. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

BOND lieto$anai gatavs paligaprikojums.
Registréjot $os reagentus, BOND programmatiira automatiski ievada to informaciju. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

BOND enzims BOND atveérta vai titréSanas konteinera.

Lietotajiem ir jasagatavo BOND enzims un jaiepilda tas atvértos konteineros, savukart reagentu
iestatiSanas informacija ir iepriek$ noteikta BOND programmatara. Registracijai ir nepiecieSams tikai
partijas numurs un deriguma termins.

Lietotaja piegadats papildu reagents BOND atvérta vai titréSanas konteinera.

Pirms registracijas $o reagentu informacija ir manuali jaievada ekrana Reagent Setup (Reagentu
iestatiSana), un registracijai ir nepiecieSams partijas numurs un deriguma termin$. Tiek paradits
reagenta saisinatais nosaukums.

Programmatiira nav konstatéjusi reagentu $aja pozicija.

Ja ir pieejams reagents, skatiet 5.1.3.5 Nekonstatétu reagentu labosana, lai iegitu papildinformaciju
par problémas noversanu. Ja attélveidotajs biezi nespéj pienacigi izveidot ID attélus, notiriet ID
attélveidotaja logu (skat. 12.9 ID attélveidotajs).

BOND programmatdira ir konstatéjusi problému ar $o reagentu. Lai iegitu plasaku informaciju,
noklikSkiniet ar peles labo pogu uz simbola Information (Informacija).

lespéjams, BOND programmatiira neatpazina reagentu. Sada gadijuma izmantojiet rokas skeneri, lai
noskenétu reagentu un pievienotu to krajumiem. Ja ID ir bojats, ievadiet to manuali. Papildinformaciju

skatiet 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu registrésana.
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BOND programmatdira ir konstatéjusi problému ar $o reagentu vai reagentu sistému.
Lai iegutu papildinformaciju, noklikSkiniet ar peles labo pogu uz pazinojuma simbola.

5.1.3.3 Reagentu limeni

Reagentu sistému ikonas norada tikai tris apjoma limenus ekrana System status (Sistemas statuss):

‘*; Bond Polymer Refine Detection . . _
no pilna konteinera lidz
aptuveni 20 % limenim,

‘1; Bond Polymer Refine Detection . 5 i
zems uzpildes limenis (no
aptuveni 20 % limenim lidz
gandriz tukSam
konteineram),

@

[ Bond Polymer Refing Datection v
N tukss.

LietoSanai gatavo reagentu un atvérto konteineru ikonas precizak norada reagentu limenus.

Attéls 5-7: Ekrana System status (Sistémas statuss) paradito lietosanai gatavo reagentu limenu piemeri

Lai skatitu detalizétaku reagenta vai reagentu sistémas krajumu informaciju, noklik$kiniet ar peles labo pogu uz
ikonas un uznirsto$aja izvelné atlasiet Inventory ... (Krajumi...). Atveras ekrans Reagent inventory details (Informacija
par reagentu krajumiem). Skatiet 8.3.2 Reagenta vai reagentu sistémas informacija.

5.1.3.4 Reagentu problemu novérsana

Ja BOND programmatira konstaté problému saistiba ar apstrades laika nepiecieSamo reagentu, pirms sérijas
apstrades uzsak$anas programmaturas ekrana System status (Sistemas statuss) reagentu konteinera grafika zem
slaidu paplates tiek attélota bridinajuma ikona. Ja probléma rodas sérijas apstrades laika, virs reagentu aparatiras
statusa ikonas tiek attélota bridinajuma ikona, ka aprakstits ieprieks Saja sadala. Lai skatitu detalizétu informaciju par
problemu, noklikskiniet ar peles labo pogu uz bridinajuma ikonas.

Jairjanomaina vai japapildina reagents, iznemiet no iekartas reagentu paplati, kura atrodas reagents ar konstatéto
problému, nomainiet vai papildiniet to reagentu paplaté un pec tam ievietojiet paplati atpakal iekarta.
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@ Nemiet véra: ja apstrade jau norisinas un reagents konkréta paplaté bus nepiecieSams tuvako
2 minG$u laika, jus nevarésiet iznemt attiecigo paplati, neatmetot sérijas apstradi. To norada
attiecigais reagentu paplates indikators, kas ir iedegts sarkana krasa.

5.1.3.5 Nekonstatétu reagentu labo3ana

Jareagents nav noteikts, vai komplekts ir tikai dalgji noteikts, rikojieties, ka noradits talak.

1 Parbaudiet, vai:
« reagenta konteiners ir pareizi novietots reagentu paplate,
« reagenta konteinera vacin$ ir atvérts un piestiprinats pie konteinera aizmugures,
« konteinera priek§puse atrodas nebojats reagenta svitrkoda ID.
2 Parbaudiet, vai reagents ir registréts krajumos.
 Jareagents nav registréts, registréjiet to, ka aprakstits 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu
registrésana.
3 Saja bridi jus varat:
a iznemt reagentu paplati no iekartas (pec tam pierakstit attieciga reagenta unikalo iepakojuma

identifikatoru (UPI)) un atkartoti ievietot to iekarta, lai sistéma vélreiz automatiski identificétu reagentu
paplati, vai

b jareagentu paplates atkartota ievieto$ana nav efektivs risinajums, jus varat manuali ievadit reagentu,
ekrana System status (sistémas statuss) ar peles labo pogu noklik§kinot uz konteinera ikonas un
apaksizvelne noklikskinot uz Select ... (Atlastt...). levadiet ieprieks pierakstito reagenta UPI un
noklikskiniet uz OK (Labi).

Eal , o e e
Attéla paradas #: simbols, lai identificétu reagentu, kas ievadits manuali vai daleji automatiski identificéts.
Iznemot no iekartas reagentu paplati, simbols (un manuali identificétais reagents vai automatiski identificétais
komplekts) netiks attélots.
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Ja manuali ievadat reagenta UPI numuruy, tiek paradits turpmakais zinojums.

Attéls 5-8: Manuali ievadita reagenta pazinojums

@

Please ensure reagent container lid is open before pressing
‘Confirm'’ to proceed.

** FAILURE TO OPEN LID MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE ™

Kad sistema ir identificéts manuali ievadits UPI numurs vai ari apstrades modulis ir automatiski identificgjis
reagentu, tiek paradita talak redzama ikona.

Attéls 5-9: Manuali ievadits vai automatiski identificéts reagents

Ja komplekts ir tikai dal€ji identificéts un apstrades modulis ir automatiski identificéjis dazus konteinerus, tiek
paradits turpmakais zinojums un ikona.

Attéls 5-10: Pazinojums par automatiski identificétu komplektu

Notifications

Not all containers in detection system ChromoPlex 1 Dual Detection

were scanned. This may be because some of the lids were closed.

Please click 'Confirm’ to proceed if all reagent containers are present
@ and their lids open, otherwise click 'Cancel"

** FAILURE TO OPEMN LIDS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE **

Attéls 5-11: Automatiski identificetais komplekts
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5.1.3.6  Lielapjoma konteineru statuss

Ekrana System status (Sistémas statuss) apak$gja labaja star ir redzamas lielapjoma atkritumu un reagentu
konteineru ikonas. Katrs konteiners ir markets un krasas atbilst uzstaditajiem konteineriem. Lielapjoma konteineru
ikonu novietojums ekrana System status (Sistemas statuss) atspogulo lielapjoma konteineru nisu athilstoso fizisko
izvietojumu apstrades modul.

Katra apstrades modula veida faktisko konteineru konfiguraciju skatiet 2.2.7 Lielapjoma konteineru nisa

Attéls 5-12: Lielapjoma konteineri (BOND-III konfiguracija)

. |
*ER1  “ERZ

II_EIDEH;H;IQ

*BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Attéls 5-13: Lielapjoma konteineri (BOND-MAX konfiguracija).

Vistalak pa labi esosa
i R
alolslo @ @@ & | sttumukontenen

"HarWast "ER1 "ER2Z "Dewax "D ‘B\Wazh “aAlcohol "Blkias!

Turpmak ir sniegts katra iepriek§ minéta lielapjoma konteinera apraksts.

Lielapjoma konteinera etikete Lielapjoma konteineru saturs
*Atvasko$ana BOND Dewax Solution (atvasko$anas Skidums)

*DI Dejonizéts udens

*BWash BOND Wash Solution (mazgasanas skidums)

*Alcohol Spirts (reagenta kategorija)

*BlkWast Lielapjoma atkritumi

*HazWast Bistamie atkritumi

*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1

*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
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BOND-III

Programmatra tiek attéloti BOND-III lielapjoma reagentu un atkritumu konteineru kidrumu limeni. Ja reagenta
padeve ir zema vai atkritumu limenis ir augsts, var bat dzirdams trauksmes signals, pulséjosa pudeles gaisma (balta
vai sarkana) un statusa ekrana redzama bridinajuma ikona, kas norada uz problémas smagumu. Noklikskiniet ar
peles labo pogu uz bridinajuma pazinojuma, lai skatitu uzmanibas pazinojumu, un veiciet visas nepiecieSamas
darbibas problémas noveérSanai — skat. 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSoSana.

‘ ‘ Ja paradas bridinajuma simbols, apstrade tiek aptureéta, lidz tiek problema noversta.

Lielapjoma konteineru statuss ekrana System status (Sistemas statuss) tiek sinhronizéts ar
apgaismojuma sistému, ka aprakstits Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III)
(. sadala 52. Ipp.).
BOND-IIl programmaturas displeja tiek paradits interpretétais limenis pudelé, pamatojoties uz novertéjumu, cik slaidu
var apstradat ar lielapjoma reagentiem. Lai noraditu lielapjoma konteinera stavok|us, tiek izmantoti $§adi attéli:
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Lielapjoma reagentu konteinera tilpuma ikonas

Attéls 5-14: Lielapjoma reagentu konteinera tilpuma ikonas

Limenis | Stavoklis | Piegades |AtvaskoSana| Spirts| DI |Buferskidums|HEIR1 | HEIR2 | Etikete | Pudele
pudeles

GUI Apjoma diapazons Apgaismojums

(grafiska
lietotaja
saskarne)

Pudele AL -
- - - - D Izslegts
nonemta

Apturét
0 aktivo
partiju

SARKANA | SARKANA
Mirgo Mirgo

0-150 0-150 |0-150 0-150 0-100 0-100

e[ <[

Nevar sakt 150- | 150~ 100-  100-
partiju 150-500 500 |1000 12071000 300 300
, 500- |1000- 300-  300-
2 OK (Labi) 500-750 750 | 1500 1000-1500 500 500 BALTA BALTA
= 750- |1500- 500-  500-
3 OK (Labi) ' 750-2500 2500 | 3500 19003500 1500 | 1500 BALTA BALTA
2500~ |3500- 1500- 1500~
i | | — —
4 OK (Labi) | 2500-5000 oo o0 |eggg  3500-5000 2000 | 2000 BALTA BALTA
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vai

A

Paradas, ja:
« reagenta uzpildes limenis ir zems, un tas ir nekavéjoties jauzpilda,
e nav ievietots konteiners,
» nepietiekams apjoms, lai uzsaktu sérijas apstradi.
Skatiet 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSosana.
Paradas, ja sérijas apstrade ir apturéta, jo:
* reagenta uzpildes limenis ir zems, un tas ir steidzami jauzpilda (bridinajums),
e iztrikst konteiners, un tas ir nepiecieS§ams apstradei (bridinajums).

Skatiet 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSoSana.

Atkritumu konteinera tilpuma ikonas

Limenis

Attéls 5-15: Lielapjoma atkritumu konteinera tilpuma ikonas

Stavoklis Pudelu atkritumi Sandarta Bistamie Etikete Pudele
atkritumi atkritumi
GUI (grafiska lietotaja Apjoma diapazons Apgaismojums
saskarne)
Pudele nonemta Izslegts
—
OK (Labi) Q 0-1100 0-1100 BALTA Izslégts
e BALTA
OK (Labi) 1100-3000  1100-3000 | BALTA (tikai 1
) sloksne)
[ — ]
OK (Labi) H 3000-3900  3000-3900 BALTA BALTA
[ e |
Nevar sakt ) 3900-4800  3900-4800
partiju
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Limenis SEIE Pudelu atkritumi Sandarta Bistamie Etikete Pudele
atkritumi atkritumi

GUI (grafiska lietotaja Apjoma diapazons Apgaismojums
saskarne)

SARKANA SARKANA
Mirgo Mirgo

Apturét aktivo
partiju

Paradas, ja:

» atkritumu konteiners ir gandriz pilns, un tas nekavejoties jaiztukso,

4800-5000  4800-5000

Skatiet 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSoSana.
) Paradas, ja sérijas apstrade ir apturéta, jo:

. o atkritumu konteiners ir pilns un tas ir steidzami jaiztuk$o (bridinajums),
vai

A

« iztrUkst konteiners, un tas ir nepiecieS§ams apstradei (bridinajums).

Skatiet 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSosana.

BOND-MAX

Ja programmatara konstaté problemu (pieméram, zems reagenta konteinera uzpildes limenis vai augsts atkritumu
konteinera uzpildes limenis), ta attélo bridinajuma ikonu (ka redzams ieprieks) virs lielapjoma konteinera. Lai iegltu
papildinformaciju, noklikSkiniet ar peles labo pogu uz pazinojuma ikonas.

5.1.4  Slaidu informacija

Turpmakajas sadalas ir aprakstitas ikonas, kas tiek izmantotas, lai ekrana System status (Sistémas statuss) attélotu
slaidu informaciju. Tajas ir aprakstitas ari slaidu uznirstosaja izvelné pieejamas opcijas.

» 5.1.4.1 Slaidu ikonas
e 5.1.4.2 Slaidu paplates uznirsto$a izvélne
 5.1.4.3 Slaidu notikumu pazinojumi

e 5.1.4.4 Nesaderigu slaidu iestatijumu laboSana

5.1.4.1 Slaidu ikonas

Ekrana System status (Sistémas statuss) ir redzams grafisks katras slaidu paplates attéls, kura katru paplati apzime
attieciga ikona. Slaidu ikonas norada katra slaida stavokli.

Jusu sistéema tiek izmantoti divdimensiju svitrkodi. Slaidu ikonas var konfigurét péc izvéles, lai ieklautu uznemtos

slaidu etikeSu attélus. Ja vélaties mainit esosSos iestatijumus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Slaidu ikonu piemeri ir paraditi turpmak aplukojamajas tabulas.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 118



Nodala 5BOND-IIl un BOND-MAX statusa ekrani (BOND kontroller)

Svitrkoda etikesu slaidu ikonas

, " Saja pozicija nav slaidu, vai ari ir uznemts slaida attéls, bet sistéma nespéj to

00000004 Uznemts viena slaida attéls un automatiski identificets
*Neg I'_a_t TT] (skatit 5.1.5.1 Automatiska slaidu identificésana)
00000007 — Uznemts slaida attéls un manuali identificéts — nemiet véra simbolu (apvilkts

0 ar sarkanu krasu) uz slaida
co0 /[ ] _ e
: (skatlt 5.1.5.2 Manuala slaidu identificéSana iekarta)

00000004 A Slaids nav saderigs ar vienu vai vairakiem citiem slaidiem uz paplates
*Neg [_-:1_,-"] (skatit 5.1.4.4 Nesaderigu slaidu iestatijumu labosana)
00000003 N Slaidu apstrade ar pazinojumu par notikumu
I
*Neg ‘Q}f ,_“ (skatt 5.1.4.3 Slaidu notikumu pazinojumi)

Veiciet dubultklikski uz slaidiem, kurus BOND sistéma atpazinusi, lai atvértu dialoglodzinu Slide properties (Slaidu
rekviziti). Ja sérijas apstrade nav uzsakta, jUs varat redigét slaida informaciju dialoglodzina, bet jums bis jaizdruka
jauna slaida etikete, jaizlade paplate pa iekartas, japiestiprina jauna etikete un péc tam javeic atkartota ielade.

5.1.4.2 Slaidu paplates uznirstosa izvelne

Lai skatitu slaida vai paplates opcijas, ekrana System status (Sistémas statuss) slaidu paplates grafika noklikskiniet
ar peles labo pogu uz slaidiem.

Komanda Apraksts

Select manually... (Atlasit  lespéjota, ja slaids netika identificéts automatiski.

manuaii..) Atlasiet, lai atvértu dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificé$ana), kura jus
varésiet identificét slaidu athilstosi sistéma konfigurétajam (skatit 5.1.5.2 Manuala
slaidu identificeSana iekarta).
So iespéju var atlasit ari veicot dubultklik$ki uz neidentificéta slaida.

Attention message... Skatiet bridinajuma zinojumu, ja slaida redzams notikuma pazinojums (skat.

(Bridinajuma pazinojums...) 5.1.4.3 Slaidu notikumu pazinojumi).

Run events (Izveidot Izveidojiet sérijas notikumu parskatu (skatit 9.4 Sérijas notikumu parskats).
notikumu parskatu)
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L Komanda | ks

Atliktais starts lestatiet sérijas apstrades atlikto startu (skatit 5.1.8 Atliktais starts).

5.1.4.3  Slaidu notikumu pazinojumi

Attels 5-16: Slaidi ar notikuma pazinojumiem

00000009

*CD10

Ja apstrades laika rodas negaidits notikums, slaida ikona paradas bridinajuma simbols. Sis pazinojums ne vienmér
nozime, ka iekrasoSana ir bijusi kada veida neapmierino$a. Kad paradas pazinojuma simbols, sisttmas operatoram
vai laboratorijas vaditajam javeic turpmak noraditas papildu darbibas, lai apstiprinatu, ka slaids ir piemerots lietoSanai
diagnostikas nolukos.

1 Noklikskiniet ar peles labo pogu uz slaida un atlasiet opciju Run events (Sérijas notikumi), lai izveidotu Run
Events Report (Sérijas notikumu parskatu) (skatit 9.4 Serijas notikumu parskats).

Visi pazinojumu izraisijusie notikumi tiek paraditi treknraksta. Sistémas operatoram vai laboratorijas vaditajam
rupigi jaapsver noraditie pazinojuma notikumi, jo tie sniedz svarigu informaciju par slaidu pazinojumu
notikumu raksturu.

2 Rupigi parbaudiet iekrasotos audus.

3 Rupigi parbaudiet visus kontroles slaidus.

Ja laboratorija nevar apstiprinat iekrasoSanas kvalitati, tad par pazinojumu jainformé patologs vai ar tests javeic
atkartoti.

Viens Run Events Report (Sérijas notikumu parskats) var ietvert vairakus pazinojumus. Ja sérijas apstrade tiek
pabeigta statusa Done (notification) (Pabeigts (ir pazinojumu)), noteikti parbaudiet visu zinojumu. Ja statuss ir Done
(OK) (Pabeigts (Labi)), parskats nav japarbauda.
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5.1.4.4 Nesaderigu slaidu iestatijumu laboSana

Ja BOND sistema konstatée nesaderigu slaidu, ta augseja labaja sturi apzime visus paplate esosos slaidus ar sarkanas
krasas burtiem treknraksta. Slaidi, kas apzimeéti ar vienadu burtu, ir saderigi.

Attéls 5-17: Nesaderigi slaidi

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Iznemiet slaidu paplati no iekartas un nonemiet no tas nesaderigos slaidus vai mainiet slaidu pasibas (ja tajos ir
noraditas klidainas vértibas), lai slaidi bUtu saderigi. Ja jus mainat slaidu ipasibas, pirms paplates atkartotas
ievietoSanas iekarta jums ir no jauna jaizdruka mainito slaidu etiketes un attiecigi japiestiprina tas.

Papildinformaciju par slaidu saderibu skatiet 6.9 Slaidu saderiba.

5.1.5  Slaidu identificesana iekarta

Visizplatitakaja darbplisma slaidi ar BOND sistémas vai LIS etiketém tiek ieladéti apstrades moduli un péc tam
automatiski identificeti. Identifice, nolasot divdimensiju svitrkodus uz etiketem. Ja etikete ir izpludusi vai nav
nolasama cita iemesla de, jus varat to identificet manuali BOND programmatura. Dazas darbplismas manuala slaidu
identificéSana ir ierasta prakse (skatit 6.8 Improvizéta slaidu un lietu izveide).

5.1.5.1 Automatiska slaidu identificesana

BOND sistema spej automatiski identificét standarta BOND divdimensiju svitrkodu slaidu etiketes, kas izveidotas,
izmantojot BOND marketaju (ka aprakstits 6.6 Slaidu markésana), un LIS izdrukatus slaidus, kuros izmantots

mégina identificét katra slaida etiketi un saskanot to ar slaidu, ar kura uzdrukata etikete. Ja tas sp€j saskanot etiketi
ar izdrukato slaidu, slaids tiek automatiski identificéts un nav nepiecieSams veikt nekadas turpmakas darbibas.

Sistéma tver katras etiketes attélu slaidu identifikacijas procesa laika. Sie attéli tiek paraditi turpmak noraditajos
parskatos, lai nodrosinatu nepartrauktu slaidu atbilstibas registrésanu.

» 0.4 Serijas notikumu parskats
» 0.5 Serijas detalizétas informacijas parskats
e 0.6 Lietas parskats

Ja sistéma nav spejusi identificét markejumu, slaids ir jaidentifice manuali, izmantojot manualo slaidu identifikacijas
procedru (skat. nakamo sadalu).
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5.1.5.2 Manuala slaidu identificeSana iekarta

Neveiksmigas automatiskas identifikacijas gadijuma sistémas, kas ir iestatitas katra slaida etiketes attéla
uznemsanai, slaidus var identificet manuali, kamer tie vél ir ieladéeti apstrades modull. Veiciet talak izklastito
proceduru manualai ieladéta slaida identificéSanai.

1 Ja sistéma nespéj automatiski identificet slaidu, dialoglodzin§ System Status (Slaidu statuss) parada etiketes
attelu.

Attéls 5-18; Slaids nav automatiski identificéts

2 Lai palaistu dialoglodzinu Slide Identification (Slaidu identifice$ana), veiciet vienu no turpmak aprakstitajam
darbibam.

a veiciet dubultklikski uz slaida attéla vai

b noklikskiniet ar peles labo pogu uz attéla un uznirsto$aja izvelné atlasiet Select manually (Atlasit
manuali).
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3 Tiek paradits dialoglodzin$ Slide identification (Slaidu identificeésana).

Attéls 5-19: Slaidu identificéSanas dialoglodzins
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Kreisaja ruti (1. vienums) ir noraditas visas lietas ar neapstradatiem slaidiem. Nokluséjuma iestatijumu

gadijuma tiek paraditas tikai tas lietas, kuram ir izdrukatas slaidu etiketes (to var mainit, lai ieklautu tas lietas,
kuras slaidi nav drukati — skat. 6.8.2.2 Argjas slaidu etiketes).

Attiecigaja slaidu iekraso$anas bloka esoso slaidu etiketes tiek paraditas labas puses rati (2. vienums).

Slaids, kas tika atlasits tad, kad bija atvérts dialoglodzins, ir izcelts (3. vienums) labas puses rati un tas tiek
paradits palielinata veida. Turiet kursoru virs slaida labas puses ruti, lai vél vairak palielinatu attélu.

Centralaja ratt (4. vienums) tiek raditi kreisas puses ruti atlasitaja lieta konfigurétie slaidi, kur slaidi vél nav

saskanoti ar apstrades moduli attélotajiem slaidiem. Atkartojumam: nokluséjuma iestatijumu gadijuma
paradas tikai tie slaidi, kuriem ir izdrukatas etiketes, taCu tos var mainit, lai paraditu visus Saja lieta
konfigurétos slaidus (skatit 6.8.2.2 Argjas slaidu etiketes).

Saja bridi iesp&jams izveidot jaunas lietas un slaidus, péc nepieciesamibas izmantojot opcijas New case
(Jauna lieta) un New slide (Jauns slaids) (noradem skatit 6.8 Improvizéta slaidu un lietu izveide). Turpmak
sniegtajas noradés tiek pienemts, ka visi nepiecieSamie slaidi jau ir konfiguréti BOND.

4 Izmantojiet informaciju, kas redzama izvelétas etiketes attéla labaja puse, lai noteiktu lietu, kurai pieder slaids.
Lietu rutT atlasiet attiecigo lietu (1. vienums).

Slaidu saraksts (4. vienums) ir aizpildits ar ai lietai konfigurétajiem nesaskanotiem slaidiem.
5 Tagad savietojiet neidentificéto slaidu ar attiecigo slaidu no slaidu saraksta (4. vienums).
Atlasiet slaidu un noklikskiniet uz Insert (levietot).
Slaids tiek dzests no slaidu saraksta un attéls labas puses ruti tiek atjauninats, lai paraditu, ka slaids ir
identificéets. Simbols Eﬁ; apzime slaidu ka atlasitu manuali.

Tagad identificésanai ir atziméeta nakama neidentificéta slaida etikete, ja tada pastav.
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6 Savietojiet visus neidentificetos slaidus, atkartojot ieprieks izklastitas darbibas.

7 Kad visi paplates slaidi ir identificéti, noklikskiniet uz OK (Labi), lai aizvértu dialoglodzinu. Noklik§kinot uz
Cancel (Atcelt) jebkura veikta slaidu identifikacijai tiks zaudéta.

8 Tagad ekrana System status (Sistemas statuss) ir redzami visi paplates slaidi ar detalizétu to informaciju.
Egl
Manuali identificétie slaidi ietver etiketes attélu un simbolu r-ﬂ. kas parada, ka slaids ir atlasits manuali.

Attéls 5-20: Manuali identificéts slaids pirms apstrades

00000007

-
(v}
*CD10

9 Manuali atlasiti slaidi tiek apstradati ierasta kartiba.

Slaida attéls tiek ieklauts turpmak noraditajos parskatos, lai nodro§inatu nepartrauktu slaidu atbilstibas registrésanu.
0.4 Serijas notikumu parskats
0.5 Serijas detalizétas informacijas parskats

e 9.6 Lietas parskats

Sistémas NAV iestatitas g, lai btu redzams katrs slaida etiketes attéls.

Sos slaidus joprojam var identificét manuali, bet tas var ietvert slaidu paplates iznems$anu no iekartas.

Pierakstiet to slaidu ID un pozicijas numuru (iespiests uz slaida paplates zem Covertile saSaurinajuma), kas netika
identificéti automatiski.

No jauna ieladéjiet slaidu paplati iekarta un veiciet dubultklik$ki uz attieciga slaida pozicijas (ekrana System status
(Sistémas statuss) skaitot virziena lejup no slaidu iekraso$anas bloka aug$gjas pozicijas).

5.1.6  Sérijas progresa raditajs

Progresa indikatori atrodas zem katras slaidu paplates grafika. Tie sniedz atras vizualas norades par sérijas
apstrades statusu un progresu.

e 5.1.6.1 Sérijas apstrades statuss
e 5.1.6.2 Serijas apstrades progress
e 5.1.7.1 Sérijas apstrades apturésana

e 5.1.8.1 Atlikta starta laika iestatiSana
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5.1.6.1

Serijas apstrades statuss

Pasreizejas serijas numurs un statuss tiek radits katra progresa indikatora apaksdala. lesp&jamie sérijas apstrades
stavok|i ir noraditi tabula talak.

Serijas apstrades

statuss

Apraksts

Atblokéts

Fikséts

Slaidi gatavi
PalaiSana

Noraidits/slaidi gatavi

leplanotas apstrades

Proc (OK) (Apstrade
(Labi))

Proc (notification)
(Apstrade (ir
pazinojums))

PartraukSana

Done (OK) (pabeigts
(Labi))

Done (natification)
(pabeigts (ir
pazinojums))

Slaidu paplate ir atbloketa.

Slaidu paplate ir fikséta, bet vél nav iespéjams uzsakt tas apstradi. Sis stavoklis parasti
rodas pirms slaidu attélveidoSanas pabeigSanas.

Visi slaidu iekrasoSanas bloka esoso slaidu attéli ir izveidoti.
Starta poga ir nospiesta un sistéma veic iepriek$éjas parbaudes un planosanu.

BOND sistema méginaja uzsakt sérijas apstradi, tacu ta bija neveiksmiga. Visticamak,
noraidiSanas iemesli ir trukstosi reagenti, zems lielapjoma reagentu limenis vai pilns
atkritumu konteiners. Izveidojiet Run Events Report (sérijas notikumu parskatu), novérsiet
visas taja noraditas problémas un péc tam atsaciet serijas apstradi.

Sérijas apstrade ir ieplanota, bet nav uzsakta. Sérijas progresa raditajs norada planoto
uzsaksanas laiku.

Sérija tiek apstradata, nav radusies negaiditi notikumi.

Serija tiek apstradata, ir radusies negaiditi notikumi.

Papildinformaciju skatiet Run Events Report (Proceddras notikumu parskata).
Serijas apstrade tiek partraukta. Ta notiek, kad operators nospiez apturéSanas pogu.

Sérijas apstrade ir pabeigta, nav radusies negaiditi notikumi.

Serijas apstrade ir pabeigta, raduSies negaiditi notikumi.

Papildinformaciju skatiet Run Events Report (Procediras notikumu parskata).
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5.1.6.2 Sérijas apstrades progress

Progresa josla zem katra slaidu paplates grafika nodro$ina vizualu sérijas apstrades attélojumu. Progresa josla tiek
paraditi kritiskie laiki, pasreizejais progress attieciba uz kritiskajiem laikiem, un Cetru izpildes progresa posmu
atteloSanai tiek izmantotas talak noraditas krasas.

» Zila - slaidu paplate ir blokéta, apstrade nav uzsakta.

» Sarkana — apstrade nav uzsakta un ir parsniegts uzsaksanas laika ierobezojums.
 Zala — norit apstrade.

» Violeta — sérijas apstrade ir pabeigta, un tagad norit mitrinasana.

Jus varat apturét peles raditaju sadala “Run progress” (Sérijas apstrades progress), lai skatitu sérijas apstrades
statusu, pieméram, “Time since locked” (Laiks kop$ blokésanas), “Time to completion” (Laiks lidz pabeig$anai) un
“Time since completion” (Laiks kop$ pabeigSanas), ka paradits Attéls 5-21.

Attels 5-21: Seérijas apstrades statusa ekrans

9:09 AM
-
]
FS
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done (notification)

Time since completion: 22:23

Slaidi ir gatavi — uzsaksSana.

Kad ir izveidoti slaidu atteli un sérija ir gatava apstrades uzsakS$anai un bridi péc starta pogas nospieSanas vai atlikta
starta laika uzskaites palaiSanas, josla tiek paraditi turpmak noraditie vienumi (skat. Attéls 5-22, lai apltkotu vienumu
numurus).

Attéls 5-22: Sérijas apstrade izpilde (tiek uzsakta)

4
8:50 AM
T — 5]
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready I 6
Apziméjumi
1 Paplates blokeSanas laiks 4 PaSreiz€jais progress

2 Pielaujamais uzsaksanas periods (zila josla) (skatit 5 Starta laiks, kas parsniedzis periodu (sarkana josla)
Pienemamais starta periods vai trauksme (. sadala

127.1pp.))
3 Pienemama uzsaksanas laika ierobezojums

(o))

Sérijas apstrades statuss (skatit 5.1.6.1 Sérijas
apstrades statuss)
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Pienemamais starta periods vai trauksme

Vienmer uzsaciet apstradi pec iespéjas atrak pec tam, kad ir blokétas slaidu paplates. Slaidi netiek mitrinati “starta
perioda” (starp paplates blokésanu un apstrades sakumu), tadél, ja Sis periods ir parak ilgs atvaskoSanas slaidiem,
audi var tikt bojati. BOND programmatura palidz to parraudzit, izsekojot laiku kop$ paplates blokéSanas un paradot
ieladetajam slaidu veidam (vaskoti vai atvaskoti) pienemamo maksimalo uzsaks$anas periodu. Pielaujamie
uzsakl$anas periodi tiek vizuali attéloti ka zilas krasas josla progresa josla “Slides ready” (Slaidi gatavi) (skatit
ieprieks). Ja atvaskoto slaidu apstrade nesakas noteikta laika péc pienemama uzsaks$anas perioda, tiek aktivizéta
trauksme.

Uzsaksanas periodi un atvaskoto slaidu trauksmes periods ir noradits talak. Visi laiki ir noraditi no briza, kad paplates
ir blokeétas:

Pienemamais uzsaksanas periods vai trauksme Laiks (min) no paplates blokésanas
Atvaskoto slaidu pienemamais uzsaksanas periods 15
Atvaskoto slaidu laiks lidz trauksmei 25
Vaskoto slaidu pienemamais uzsak$anas periods 60

Ja apstrade netiek sakta uzsakSanas perioda, jus varat iznemt paplates, lai mitrinatu slaidus manuali. Kad jus
ievietojat paplati iekarta atkartoti, BOND programmatura uzsak jaunu sérijas apstradi, pieskirot jaunu sérijas
apstrades ID numuru un atkal uzsakot jaunu perioda atskaiti.

Pienemamie uzsak$anas laika ierobezojumi attiecas tikai uz tulitéjas palaiSanas apstrades cikliem — tie neattiecas uz
atlikta starta apstrades cikliem.
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leplanotas apstrades

Serijas apstrade tiek ieplanota sistéma péc tas palaisanas, nospiezot uzsakSanas pogu, vai atlikta starta iestatiSanas.

Laika perioda starp planosanu un apstrades sakumu (kas var atlikta starta gadijuma var bit ilgs) progresa josla ir
redzami turpmak noraditie vienumi (skatit Attels 5-23, lai aplukotu vienumu numurus).

Attéls 5-23: Sérijas apstrades progress (uzsaksana, izmantojot atlikto startu)

! 4
6:08 PM
2 | . 5
Y
6:23 PM 6
Run 85: Scheduled 7
Apziméjumi
Sérijas apstrades uzsak$anas laiks 5 Pecapstrades mitrinasanas periods (purpura krasas
josla)

Aizture pirms uzsaksanas (zilas krasas josla)
6 Aptuvenais sérijas apstrades beigu laiks

7 Sérijas apstrades statuss (skatit 5.1.6.1 Serijas

1
2
3 Apstrades periods (zalas krasas josla)
4
apstrades statuss)

Pasreizejais progress

Apstrades laika

Apstrades fazes laika josla tiek paraditi turpmak noraditie vienumi (skatit Attéls 5-24, lai aplikotu vienumu numurus).

Attéls 5-24: Sérijas progress (apstrade)

8:53 AM I 4
i
— = | 5
10:40 AM 6
Run 86: Proc(OK) ! 7
ApzZiméjumi
1 Planotais uzsaksanas laiks 5 Pécapstrades mitrina$anas periods (purpura

2 Uzsaksanas periods — zila krasa: var uzsakt; krasas josla)

sarkana krasa: parsniegts uzsaksanas laiks

(o))

Aptuvenais sérijas apstrades pabeigSanas laiks

~

Sérijas apstrades statuss (skatit 5.1.6.1 Sérijas
apstrades statuss)

Apstrades periods (zalas krasas josla)

4 PaSreiz€jais progress
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5.1.7  Serijas apstrades palaisana un apturesana

JUs uzsakat sérijas apstradi, ievietojot un blokejot slaidu paplati. Tiek izveidoti paplates attéli un sistéma parbauda
turpmak noraditos parametrus, lai parliecinatos, ka ta var veikt sérijas apstradi.

* Visi slaidi ir saderigi

« Visireagentiir pieejami.
Kad ir izveidoti visu slaidu attéli, apstrades statuss tiek iestatits uz Slides ready (Slaidi gatavi) (skatit 5.1.6.1 Sérijas
apstrades statuss) un starta faze ir redzama progresa josla (skatit 5.1.6.2 Sérijas apstrades progress). Apstradi var

uzsakt, kad ir noverstas visas slaidu nesaderibas, visi slaidi ir identificéti un tiek veiktas parbaudes, lai parliecinatos,
ka visi vajadzigie reagenti ir piegjami.

* Laiuzsaktu sérijas apstradi cik driz vien iespéjams, noklikskiniet uz B | akiivizetu atlikto startu,
noklikskiniet ar peles labo pogu uz paplates un uznirstosaja izvelné atlasiet opciju Delayed start (Atliktais
starts); skatiet turpmakas norades 5.1.8 Atliktais starts.

» Kad ir pabeigtas iepriekSejas parbaudes un planoSana, apstrades statuss tiek iestatits uz Starting
(Uzsaksana).

Progresa josla turpina attélot starta fazi.
« Kad planosana ir pabeigta, statuss mainas uz Scheduled (leplanots).

Tagad progresa josla attélo apstrades fazi. Tiek radits ieplanotais starta laiks un joslas kreisaja puse
tiek radits starta stavoklis (OK vai parsniegtais laika limits).

« Jaapstrade sakas ieplanotaja laika, statuss mainas uz Proc (OK) (Apstrade (Labi)).

Jair parsniegts starta laika limits, bridinajuma vai trauksmes pazinojums tiek dzests, kad faktiski tiek
uzsakta apstrade. Tomer progresa joslas sakuma sadala saglabajas sarkana krasa.

« Nemiet vera, ka statusi Starting (Uzsak3ana) un Scheduled (leplanots) var aiznemt noteiktu laiku un ir
iespéjams, ka tiks parsniegts starta laika limits. Ja pastav Sada iespéjamiba, jus varat atblokét slaidu
paplati un manuali mitrinat slaidus pirms apstrades atsakSanas. Ja jus atblokéjat paplati pirms
apstrades uzsaksanas, netiek uzskatits, ka apstrade ir atmesta, un to var restartét.

Vienlaikus japalaiz tikai viena proceddra un pec tam jagaida, lidz Si procedura ir sakusies/ir ieplanota
pirms nakamas proceduras sakSanas. Uzgaidiet isu mirkli pec katras sérijas apstrades uzsaks$anas,
lai parliecinatos, ka ta ir veiksmigi uzsakta. Pretéja gadijuma sérijas apstrades statuss ir iestatits uz
Rejected/Slides ready (Noraidits/slaidi gatavi). Skatiet 5.1.6.1 Sérijas apstrades statuss. Péc tam
jums jageneré Sérijas notikumu parskats, lai noteiktu, kapéc proceddra netika sakta (skatit

9.4 Sérijas notikumu parskats).
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5.1.7.1 Serijas apstrades apturésana

Péec starta pogas nospie$anas (vai atlikta starta aktivizéSanas) lidz bridim, kad faktiski tiek uzsakta apstrade (kamer
apstrades statuss ir Starting (Uzsaksana) vai Scheduled (leplanots)) sérijas apstradi var apturét, to neatmetot. Lai
$aja laika atceltu apstrades pieprasijumu, atblokejiet slaidu paplati apstrades moduli ($aja posma starta un
atmeS$anas pogas ir atspéjotas). Slaidu informacija saglabajas sistéma un apstradi pec izvéles var atsakt velak.
Atmestas apstrades gadijuma saraksta Slide history (Slaidu vesture) tiek veikta viena ieraksta rinda.

Lai atmestu apstradi pec tas uzsaksanas, noklikskiniet uz L= Apstrades modulis partrauc darbibu péec pasreizéja
posma pabeigéanas. Slaidu statuss ekrana Slide history (Slaidu vésture) mainas uz Done (notification) (pabeigts ar
pazinojumu).

RUpigi apsveriet, pirms atmetat apstradi — atmestu apstrades ciklu nevar restartét un var tikt bojati
visi slaidi, kuru apstrade nav pabeigta.

5.1.8  Atliktais starts

BOND-III un BOND-MAX sistemas var ieplanot apstrades seériju palaidi ar vaskotiem slaidiem noteikta laika nakotné
(I'dz vienai nedélai no §a briZa). Pieméram, nakti planotu apstrades sériju palaidi var iestatit ta, lai tas tiktu pabeigtas
neilgi pirms darbalaika sakuma nakamaja diena. Slaidi joprojam vaskota veida ir drosi novietoti uz paplates lidz tiek
uzsakta apstrade, un tiek samazinats mitrinasanas periods péec apstrades.

glaba apstrades modulos, kas gaida atlikto startu. Reagentu lietoSanas un glabasanas informacija ir
noradita to datu lapas. Ka vienmeér, Leica Biosystems iesaka novietot kontroles audus uz tiem

‘ Var pasliktinaties dazu tadu reagentu iedarbiba, kuru raZotajs nav Leica Biosystems, ja tos ilgstosi
slaidiem, uz kuriem atrodas parbaudamie audi.

paceltu un nolaistu slaidu iekrasoSanas konveijeru. Pec slaidu atkartotas skenéSanas atlikta starta

‘ Ja planotais beigu laiks nav piemeérots, izmantojiet taustinu Load / Unload (leladet/Izladét), lai
laiku tagad var pielagot, lai atspogulotu velamo beigu laiku.

5.1.8.1 Atlikta starta laika iestatiSana

Lai palaistu paplates apstradi ar atlikto startu, sagatavojiet slaidus ka ierasts un fiksgjiet to iekarta. Kad seérijas
apstrades statuss ir Slides ready (Slaidi gatavi), noklikskiniet ar peles labo pogu uz ekrana System status (Sistémas
statuss) un uznirsto$aja izvélne atlasiet Delayed start (Atliktais starts).

Dialoglodzina Delayed start (Atliktais starts) iestatiet velamo datumu un laiku, kura vélaties, lai tiktu uzsakta paplates
apstrade, un noklikskiniet uz OK (Labi) (skatit Datuma un laika atlases parametru izmantosana (. sadala 223. Ipp.)).
Ka ierasts sistéma pariet stavokli Starting (Uzsaks$ana), un ieplano sérijas apstradi saskana ar citam darbibam. Pec
tam paplate gaida statusa Scheduled (leplanots) idz iestatitajam apstrades uzsaksanas laikam.
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5.2  Protokola statusa ekrans

‘ ‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Saja ekrana tiek paradita detalizéta informacija par atsevisku slaidu statusu.

Lai paraditu ekranu Protocol status (Protokola statuss), dodieties uz ekranu System status (Sistemas statuss) un
noklikSkiniet uz cilnes Protocol status (Protokola statuss).

Attéls 5-25: Ekrans Protocol status (Protokola statuss)
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Lai aplukotu slaida apstradi serija, ekrana augsdala noklikskiniet uz attieciga slaida pozicijas pogas. Opciju pogas, kas
atbilst pozicijai bez slaida, ir aptumsotas un tas nevar atlasit.

nobeigums tiek saisinats ar “...". Ja vélaties, lai uznirstosaja lauka tiktu paradits pilns pacienta vards

‘ Ja pacienta vards, uzvards ir parak gars, lai iek|autos pieejamaja lauka (slaidu paplate 1,2 un 3), ta
un uzvards, novietojiet peles raditaju virs saisinata nosaukuma.

Atlasot slaida poziciju, programmatura parada slaida informaciju un protokola progresu. Lai apskatitu papildu
informaciju par slaidu, noklikskiniet uz View details (Skatit informaciju), lai atvéertu dialoglodzinu Slide properties
(Slaida rekviziti).

Atlasita slaida protokola posma darbibas tiek paraditas zem slaida informacijas. Pasreizejais posms ir izcelts zila

krasa. Pabeigtie posmi tiek atziméti ar keksiti zalas krasas apli vai negaidita notikuma gadijuma —ar “&" ikonu.
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Nodala 5BOND-IIl un BOND-MAX statusa ekrani (BOND kontroller)

Jair veiktas visas paSreizéja posma nepiecieSamas darbibas, bet ir noteikts gaidisanas periods pirms nakama posma

sakuma, izvéles riitina vai " tiek paradita peléka krasa. Ta saglabajas peléka krasa lidz nakama posma sakumam,
kad ta tiek attélota ierastaja krasa.

JUs varat skatit sériju apstrades notikumus, noklikskinot ar peles labo pogu uz posmu saraksta un uznirstosaja
izvélné atlasot opciju Run events (Procediras notikumi). Tapat jus varat uznirsto$aja izvelne atvert dialoglodzinu
Slide properties (Slaida rekviziti).

5.3 Apkopes parskats

Informaciju par BOND-PRIME apstrades modula apkopi skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja
rokasgramata. Talak sniegta informacija neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Lai atvéertu ekranu Maintenance (Apkope), dodieties uz ekranu System status (Sistémas statuss) un noklikskiniet uz
cilnes Maintenance (Apkope).

Attéls 5-26: Ekrans Maintenance (Apkope)
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Ekrana Maintenance (Apkope) ir pieejamas dazadu uzturé$anas uzdevumu komandu pogas, kas noraditas turpmak.

Komanda Apraksts

Nomainiet §lirci Parvaldiet apstrades moduli, kamér nomainat §lirci(-es).
Skatiet 12.13 Slirces.

|ztiriet fluidikas sistému Sagatavojiet fluidikas sistému.
Skatiet Fluidikas sistémas tirisana (. sadala 308. Ipp.).

ztiriet atsukSanas zondi Notiriet atsukSanas zondi, izmantojot BOND aspiracijas zondes tirisanas
sistemu.

Skatiet 12.6.1 AtsukSanas zondes tirisana.
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Nodala 5BOND-IIl un BOND-MAX statusa ekrani (BOND kontroller)

I

Nomainiet atsuksanas zondi Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Notiriet lielapjoma Skidrumu robota  Parvieto lielapjoma Skidrumu robotus (tikai BOND-III) tiem paredzétajas
zondes vietas, lai noslaucitu zondes.

Skatiet 12.12.7 Lielapjoma skidrumu robota zondes tirisana.

Nomainiet lielapjoma Skidrumu Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
robota zondes

apkopes parskats Izveidojiet apkopes parskatu par atlasito apstrades moduli. ST komanda ir
vienmer pieejama.

Skatiet 5.3.1 Apkopes parskats.

Ekrana Maintenance (Apkope) tiek attélots atlasita apstrades modula nosaukums un saistitas apkopes komandu
pogas. Dialoglodzinu sérija palidzés jums veikt izveleto apkopes uzdevumu.

Gadijumos, kad apkopes uzdevums nav pieejams, piemeéram, ja apkope jau notiek, ta komandas poga ir atspéjota. Ja
apstrades modulis ir atvienots, visas komandu pogas (iznemot Maintenance report (Apkopes parskats)) ir atspgjotas.

5.3.1  Apkopes parskats

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Apkopes parskats sniedz informaciju par konkretu jusu atlasito apstrades moduli noteikta laika perioda.

1 Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvertu ta ekranu System status
(Sistémas statuss).
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Nodala 5BOND-IIl un BOND-MAX statusa ekrani (BOND kontroller)

2 Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklikskiniet uz pogas Maintenance Report (Apkopes
parskats).

Attéls 5-27: Dialoglodzin$ Maintenance Report (Apkopes parskats)

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: [ 3210123 -

Mame: BOND-Il #1
Type BOMD-I

Time span

From: 05-Apr-16
To: 05-Apr-17

Last twelve months

Generate Cancel

Nolaizamaja saraksta atlasiet apstrades moduli un péc tam izvélieties nepiecieSamo laika periodu, izmantojot
datumu vadiklas From (No) un To (Lidz). Vai arT jus varat noklikskinat uz Last twelve months (Pédgjie divpadsmit
meénesi), lai iestatitu $adu laika periodu.

Noklikskiniet uz opcijas Generate (Izveidot), lai izveidotu apkopes parskatu.

Parskats tiek paradits jauna loga. Parskata aug$eja labaja sturiir redzama informacija, kas noradita talak tabula.

Lauks Apraksts

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana Laboratory settings

(Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) — skatit 10.5.1 Laboratorijas iestatijumi.

Laika periods Parskata perioda datumi ietver laikposmu, kura datumi atlasiti logos “From” (No) un “To"
(Lidz).

Apstrades modulis  Unikalais apstrades modula nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana
Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija) lauka Name (Nosaukums) — skatit
10.6.1 Apstrades moduli.

Serijas numurs Apstrades modula unikalais sérijas numurs
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Piezimes par parskatu ir sniegtas talak.

Ekrana System status (Sistémas statuss) virs apstrades modula tiek attélota bridinajuma ikona (ka paradits
5.1.2 Aparatiras statuss) ar peles labas pogas atgadinajuma pazinojumu, kad pienak $o apkopes uzdevumu
izpildes termin$ (kura attélotais aprékinatais datums tiek attélots ka “Jaizpilda tagad”).

Nakamo apkopes darbibu aprékinatie datumi ir atkarigi no apstradato slaidu skaita un/vai starp darbibam
ieteicama laika perioda.

Ja parskata laika periodam nav notikumu vestures, véstures tabulas vieta tiek paradits attiecigs pazinojums.

Pirmais vestures tabulas datums ir parskata perioda sakums vai apstrades modula ekspluatacija ievieSanas
datums, ja tas ir noticis velak. lerakstos saistitajas kolonnas “Slaidi kop$ pedejas apkopes/nomainas” vienmer
ir noraditi 0 slaidi.

Vestures tabulas pédéjais datums ir parskata perioda beigas.

Slaidu skaits ir noradits par katru slaidu iekrasoSanas bloku, ka ari kop€jais visu 3 bloku slaidu skaits. Slaidu
skaits tiek atiestatits uz 0 pec katras veiksmigas apkopes darbibas.

Slaidi tiek skaititi atseviski katrai slaidu iekraso$anas bloka lielapjoma Skidrumu robota zondei (tikai BOND-II).
Slaidi tiek skaititi atseviski katrai slaidu iekraso$anas bloka §lircei (tikai BOND-III).

Galvenajai Slircei slaidi tiek skaititi atseviski.
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Slaidu iestatiSana (uz BOND
kontrollera)

Standarta slaidu izveides darbplisma apstradei BOND sistéma ietver turpmak noraditas pamatdarbibas.

Kad ir uzsakta slaidu apstrade, ekrana Slide history (Slaidu vésture) jus varat izveidot dazadus slaidu, lietu un sériju

N W N

a

6
7

Slaidu zonu sagatavo$ana.

Lietas izveido$ana slaidiem BOND programmatra (vai lietu var importét no LIS).
NepiecieSamibas gadijuma arsta informacijas pievieno$ana vai redigésana.
Slaida datu ievadiSana (vai tos var importéSana no LIS).

Kontroles slaidu izveidoSana atbilstoSi laboratorijas standartpraksei.

Slaidu markésana (ja vien tie nav jau markéti ar LIS etiketém).

Slaidu ielade uz slaidu paplatém un slaidu paplasu ievietoSana apstrades modul.

apstrades parskatus. Plasaka informacija pieejama 9 Slaidu vesture (BOND kontrolleri).

Ja standarta darbplisma nav piemérota jusu laboratorijai, ir pieejamas citas darbplismas.

Saja nodala ir Sadas sadalas:

» 6.1 Slaidu iestatiSanas ekrans

6.2 Darbs ar kontroles paraugiem

6.3 Darbs ar lietam

6.4 Arstu parvaldiSana

6.5 Darbs ar slaidiem

6.6 Slaidu markesana

6.7 Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma parskats
6.8 Improvizéta slaidu un lietu izveide

6.9 Slaidu saderiba
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Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

6.1 Slaidu iestatisanas ekrans

Ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) tiek paraditas lietas un slaidi, kas ievaditi BOND, bet vél nav apstradati. LIS
integrétas sistemas tiek paraditas no LIS importéetas lietas un slaidi. Izmantojot sistemas, kuras nav LIS, $aja ekrana

jus varat izveidot un nepiecieSamibas gadijuma redigét lietas un slaidus. Slaidiem jabat piesaistitiem lietai, tadé| jums
jaizveido lieta, pirms varesiet izveidot slaidus.

Lai atvertu ekranu Slide setup (Slaidu iestatiSana), funkciju josla noklikSkiniet uz - ikonas Slide setup (Slaidu
iestatisana).

Attéls 6-1: Ekrans Slide setup (Slaidu iestatisana)

Slide setup
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Attéls 6-1 ir redzams ekrans Slide setup (Slaidu iestati$ana). Ekrana aug$éja labaja stur ir pieejamas funkcijas
darbam kopa ar lietam, savukart ekrana labaja puse ari ir pieejamas funkcijas darbam ar slaidiem.
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Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

6.2  Darbs ar kontroles paraugiem

Leica Biosystems iesaka regulari izmantot kontroles paraugus BOND sistema. Dazi analizes produkti iek|auj savus
kontroles slaidus, bet izstradajuma instrukcijas var bt ieteikta papildu iekS€ja kontrole. Informaciju par kvalitates
kontroles ieteikumiem skatiet specifiskajas lietoSanas instrukcijas. Nemiet vera, ka kontroles paraugi butu jaizmanto
testéSanai visa procesa. Skatiet 14.3 Kvalitates kontrole, lai aplukotu papildu informaciju.

@ Lai vispienacigak parbauditu BOND sistémas veiktspeju, Leica Biosystems stingri iesaka novietot
atbilstigus kontroles audus uz tiem paSiem slaidiem, uz kuriem atrodas pacientu audi.

Lai gan stingri ieteicams novietot kontroles audus kopa ar parbaudamajiem audiem, BOND programmatura sniedz

iespéju izmantot ari slaidus tikai ar kontroles audiem un reagentu kontroles paraugiem. Lai izvairitos no to

sajaukSanas ar pacienta testa paraugiem, nodrosiniet, lai slaidi, uz kuriem ir tikai kontroles audi, butu pienacigi
markeéti.

6.2.1 Kontroles audi

Par katru slaidu BOND programmatura jaievada viens no Sadiem audu veidiem:
* testéjamie audi,
* negativi audi,
e pozitivi audi.

To iestata dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) (skat. 6.5.2 Slaida izveidoSana). Visi slaidi, kas satur pacientu

testa audus, jaapzime ka “testejamie audi”. Izmantojiet kontroles iestatijumus “pozitivi audi” un “negativi audi” tikai
tiem slaidiem, kas satur tikai kontroles audus.

Katru reizi, kad dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) tiek mainits jauna slaida audu veids, lauka Marker
(Markieris) automatiski tiek dzesta informacija, lai palidzetu parliecinaties, ka jus atlasat pareizo audu markieri.

Slaidi ar negativiem vai pozitiviem audiem ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) ir attiecigi atziméti ar “=" vai “+".
Ekrana Slide history (Slaidu vésture) kolonna Type (Veids) katram slaidam ir noradits “Test” (Testéjamais), “Negative”
(Negativs) vai “Positive” (Pozitivs).

Lai slaidi izceltos pa$i sevi skaidri ka kontroles slaidi, més esam iek|avusi noklus€juma slaidu etikeSu veidnés lauku
“Tissue type” (Audu veids) ka vienu no informacijas laukiem. Tas uzdruka lielu zZimi “(+)" uz pozitivo audu kontroles
paraugu etiketém un “(=)" uz negativam audu kontroles paraugu etiketém. Testéjamajiem audiem $aja lauka netiek
veikta uzdruka. Més iesakam ieklaut $o lauku visas citas jasu konfigurétajas slaidu etiketés (skat. 10.3 Etiketes).
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6.2.2  Kontroles reagenti

Slaidi tiek iestatiti ar kontroles reagentu, slaidu konfigurésanas laika standarta antivielu vai zonZu vieta atlasot
attiecigo reagentu ka markieri.

IHC gadijuma BOND programmatdra ietver negativa kontroles reagenta opciju. Ja dialoglodzina Add slide (Pievienot
slaidu) ir atlasita opcija IHC, nolaiZzamaja saraksta Marker (Markieris) atlasiet opciju Negative (Negativs). BOND
nodrosina BOND Wash Solution Skidrumu So darbibu veikSanai.

ISH gadijuma BOND programmatira ir ieklauti negativi un pozitivi RNS un DNS kontroles reagenti. Sie reagenti ir
jaiegadajas, jaregistré un jaielade BOND sistema. Saraksta Marker (Markieris) atlasiet attiecigo kontroles zondi.

Slaidi ar kontroles reagentiem nav 1pasi atziméti — uz tiem ir tikai ekrana Slide setup (Slaidu iestati$8ana) un uz slaidu
etiketes noraditais markiera nosaukums, ja markiera lauks ir ieklauts attiecigaja slaida etiketes veidné.

6.3 Darbs ar lietam

Saja sadala ir aprakstitas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) kreisaja pusé eso$as funkcijas darbam ar slaidiem.
Aprakstosajai sadalai sekojoSajas apak§sadalas ir aprakstitas lietu informacijas pievieno$anas, redigésanas un
dzesanas proceduras.

Turpmak esosas sadalas:
e 6.3.1 Lietu vadiba un Aktivas lietas informacija
e 6.3.2 Lietu identifikatori
e 6.3.3 Lietas pievienoSana
e 6.3.4 Lietu dubléSana, atjaunoSana un izbeigsanas
e 6.3.5 Lietas redigésana
» 0.3.6 Lietas kopé$ana
» 6.3.7 Ikdienas lietas opcija
e 6.3.8 Lietas parskats

6.3.1  Lietu vadiba un Aktivas lietas informacija

Noklikskiniet uz opcijas Add case (Pievienot lietu), lai pievienotu informaciju par jaunu lietu (skatit 6.3.3 Lietas
pievieno$ana).

Noklikskiniet uz opcijas Edit case (Redigét lietu), lai redigetu esosas lietas informaciju (skatit 6.3.5 Lietas redigesana).
Noklikskiniet uz opcijas Delete case (Dzést lietu), lai dzéstu esosu lietu (skatit 6.3.5.1 Lietas dzésana).

Noklikskiniet uz opcijas Copy case (Kopét lietu), lai pievienotu lietas kopiju un tas slaidus (skatit 6.3.6 Lietas
kopésana).

Komandam Edit (Redigét), Delete (Dzést) un Copy (Kopét) var piek|Gt arT uznirsto$aja izvelng, ar peles labo pogu
noklikskinot uz lietas.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 139



Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

Noklikskiniet uz opcijas Case report (Lietas parskats) (zem lietu saraksta), lai skatitu atlasitas lietas parskatu (skat.
6.3.8 Lietas parskats).

Turpmak esosaja tabula ir noradita aktivas lietas informacija.

Lietas ID Lietas identifikators. Tas var but jebkuras burtciparu rakstzimes.

Ta ka Sis lauks var saturét burtus un ciparus, noklikskinot uz kolonnas Case ID (Lietas ID)
virsraksta tabula, Sis lauks tiek kartots ka teksts — identifikatori, kas sakas ar ciparu “10”,
tiks kartoti pirms identifikatora, kas sakas ar ciparu “2".

Pacienta vards, uzvards  Pacienta identifikators.

Arsta vards, uzvards Par pacientu atbildiga arsta vai norikojo$a patologa vards, uzvards.
Slaidi Atlasitajai lietai konfiguréto neapstradato slaidu skaits.
Sakoties slaidu apstradei, tie tiek parvietoti no ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) uz
ekranu Slide history (Slaidu vésture), un Sis skaitlis tiek attiecigi atjauninats.
Lieta, kas atziméta ar sarkanu joslu kreisaja pus€, norada, ka ta satur vienu vai vairakus prioritarus LIS slaidus (skat.
11.2.5 Prioritarie slaidi).

Zem aktivo lietu saraksta ir pieejams kopsavilkums par visam lietam un slaidiem, ka noradits turpmak.

Pozitivo audu kontroles  Visu paslaik ievadito un neapstradato lietu pozitivo audu kontroles paraugu kopskaits.
paraugi

Negativo audu kontroles  Visu paslaik ievadito un neapstradato lietu negativo audu kontroles paraugu kopskaits.
paraugi

Lietu kopskaits Aktivo lietu kopskaits.

Slaidu kopskaits Visu paslaik ievadito un neapstradato lietu slaidu kopskaits.

6.3.2  Lietu identifikatori

BOND sistéma izmanto divus primaros lietu identifikatorus: lietas ID un lietas numuru (programmatira attiecigi Case
ID (Lietas ID) un Case No. (Lietas nr.)).

 Case ID (Lietas ID): lietotaja ievadits lietas ID, izmantojot laboratorijas identifikacijas shému. Lietam, kas
izveidotas BOND sistema, lietas ID ievada péc lietas izveidoSanas dialoglodzina Add case (Pievienot lietu). LIS-

ip sistemu gadijuma lietas ID tiek sanemts no LIS (kur ta apzimésanai var tikt izmantots nosaukums
“pievieno$anas numurs” vai ar cits termins).

 Case No. (Lietas nr.): unikals identifikacijas numurs, ko BOND sistéma automatiski pieskir katrai lietai sistema
(abi tiek izveidoti BOND sistema un sanemti no LIS). Lietas numurs tiek paradits dialoglodzina Case properties
(Lietas rekviziti).
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Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

BOND versijas, kas vecakas par 4.1, nepastaveéja prasiba lietas ID but unikalam, tade| bija iespéjams izmantot divas
vai vairak atseviSkas lietas ar vienadu lietas ID. Tomer lietam, iespéjams, bija atskirigs pacienta vards un uzvards un

lietas numurs. BOND 4.1 un jaunakas versijas visiem jaunajiem lietas ID jabut unikaliem.

Lietas biezi tiek identificétas arl péc pacienta varda un uzvarda, tomer pacienta vards un uzvards nav obligats un tam
nav jabut unikalam.

6.3.3  Lietas pievienosana

Lai pievienotu lietu, uzsakot darbibu ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana), rikojieties turpmak noraditaja veida.

1 Ekrana Slide setup (Slaida iestatisana) noklikskiniet uz Add case (Pievienot lietu), lai paraditu dialoglodzinu
Add case (Pievienot lietu) (skatit Attéls 6-2).

Attels 6-2: Dialoglodzin$ Add case (Pievienot lietu)

]
Add case
Casa ID: |
Patenl nama:
Casa commants:
Lotz - n
Manage doctors
Add case —
Cispense volime: 100 ul
w150 ul
Praparatian profncol: “Dirwax -
=

2 levadiet informaciju péc nepiecieSamibas laukos Case ID (Lietas ID), Patient name (Pacienta vards, uzvards),
Case comments (Komentari par lietu) un Doctor (Arsts).

‘ Lietas var pievienot bez jebkadiem lietas datiem.

3 JanepiecieSamais arsts nav iek|auts arstu saraksta, pievienojiet vinu, noklikskinot uz opcijas Manage doctors
(Parvaldit arstus), lai atvertu dialoglodzinu Manage doctors (Parvaldit arstus) (skatit 6.4 Arstu parvaldisana).
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4 Atlasiet attiecigajai lietai izveidoto slaidu devu tilpumu, ja tas nav vienads ar jau konfiguréto nokluséjuma
devas apjomu.

Nemiet vera, ka visiem slaidiem, kas apstradati BOND-III un BOND-PRIME apstrades modulos, atlasiet 150
dozesanas tilpumu. Turklat visiem ISH slaidiem atlasiet 150 ul dozesanas tilpumu visiem apstrades modulu
veidiem.

Informaciju par izmantojamam zonam uz slaidiem un devu tilpumiem skatiet 6.5.8 Dozesanas apjomi un audu
novietojums uz slaidiem.

5 Saraksta Preparation protocol (Sagatavosanas protokols) atlasiet opciju Preparation (Sagatavosana) (skatit
Attéls 6-2), lai iestatitu to ka noklusgjuma opciju $aja lieta izveidotajiem slaidiem.

6 Laiaizvértu dialoglodzinu, neievadot sistema informaciju, noklikskiniet uz opcijas Cancel (Atcelt).
7 Laiievaditu lietas informaciju, noklikskiniet uz OK (Labi).

Lieta tiek pievienota lietu sarakstam.

Ja sistéma jau pastav lietas ID, tiek atvérts dialoglodzins Case ID duplication (Lietas ID
dublésana) (skat. 6.3.4 Lietu dubleSana, atjauno$ana un izbeigsanas).

6.3.4  Lietu dublesana, atjaunoSana un izbeigsanas

Programmaturas versijas pirms, kas vecakas par BOND 4.1, atSkirigam lietam bija atlauts izmantot vienu un to pasu
lietas ID. Sadas lietas parasti var atskirt péc pacienta varda un uzvarda, un atskiribu parasti nodro$inaja lietas
numurs, kas vienmer ir unikals. BOND vairs nelauj izmantot jaunam lietam tos pasSus lietas ID, ka esoSam lietam —
katrai jaunai lietai ir japieskir unikals lietas ID vai ar ta ir jaidentificé ka jau sistéma pastavosa lieta.

Ja jus ievadat lietu ar jau sistéma pastavosu lietas ID, atveras dialoglodzin$ Case ID duplication (Lietas ID dublésana),
paradot pastavoS$o lietu ar tadu paSu lietas ID. Lai izmantotu pastavosSu lietu, atlasiet to un noklikSkiniet uz opcijas
Use selected (Izmantot atlasito) (skatt arT Lietu apvienosana (6.3.4.1. sadala 142. Ipp.)). Pretéja gadijuma aizveriet
dialoglodzinu un mainiet lietas ID, lai noformétu lietu ka jaunu.

Dialoglodzina Case ID duplication (Lietas ID dublésana) atrodamas lietas var bit dzestas, var bit beidzies to
deriguma termins (lietas, kuras visi slaidi ir apstradati — skat. turpmak) vai ari tas var bt lietas, kas joprojam ir
aplukojamas ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana). Kad lieta ir atlasita un atjaunota lietu saraksta, ta tiek uzskatita
par “atjaunotu”.

Lai aplukotu izklastijumu par LIS lietu dublétajiem ID, skatit Dubléts lietas ID (. sadala 238. Ipp.).

6.3.4.1 Lietu apvienoSana

Redigejot lietas ID, lai tas bltu vienads ar esosas lietas ID, un péc tam noklikskinot uz opcijas Use selected (Izmantot
atlasito) dialoglodzina Case ID duplication (Lietas ID dubléSana), kas atveras péc tam, visi redigetas lietas
neapstradatie slaidi tiek parnesti uz esoso lietu.
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@ Redigesanai ir pieejamas tikai tadas lietas, kuras ir neapstradati slaidi; attiecigi nav iesp&jams mainit
lietu, kurai piesaistiti apstradati slaidi.

6.3.4.2 Apstradatas lietas darbmuzs

Kad ir sakta pedeja slaida apstrade liet3, lieta (athilstigi nokluséjuma iestatijumiem) tiek dzésta no ekrana Slide setup
(Slaidu iestati$ana), un ta tiks paradita ekrana Slide History (Slaidu vésture).

Jus varat iestatit BOND sistemu, lai glabatu lietas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) noteiktu dienu skaitu péc

Yo

tam, kad ir apstradati pédgjie attiecigas lietas slaidi. lestatiet $o “apstradatas lietas darbmuzu” administracijas klienta

profila ekrana Laboratory (Laboratorija) (skatit 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi).

Lietas, kuram ir beidzies deriguma termins, tiek glabatas sistéma, bet tas nevar apskatit. Lietas, kuram ir beidzies
deriguma termins, var atjaunot saraksta, atkartoti pievienojot tas (atjaunojot tas) vai pievienojot lietai slaidu,
izmantojot LIS.

I @ Lietas, kuras nav apstradatu slaidu, netiek automatiski dzéstas no slaidu iestatiSanas ekrana.

6.3.5  Lietas redigésana

Lai redigétu lietas informaciju, atlasiet to saraksta un péc tam noklikskiniet uz opcijas Edit case (Redigét lietu).
Programmatra tiek paradits dialoglodzing Case properties (Lietas rekviziti). To var izmantot tada pasa veida ka
iepriek$ aprakstitaja dialoglodzina Add case (Pievienot lietu).

@ Ja jus redigéjat informaciju par lietu, kura ir izdrukatas slaidu etiketes, pirms slaidu apstrades
uzsaksanas izdrukajiet etiketes atkartoti (ekrana paradisies attiecigs zinojums).

6.3.5.1 Lietas dzesana

Lai dzestu lietu, atlasiet to saraksta un péc tam noklikskiniet uz opcijas Delete case (Dzést lietu).

@ Ja BOND lieta ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) satur tikai neapstradatus slaidus, jus varat
manuali dzest lietu, atzimgjot to ka “expired” (beidzies deriguma termins). (Visu LIS lietu termins

beidzas automatiski, tiklidz tajas nav neapstradatu slaidu.)

‘ Jus nevarat manuali dzest lietu, ja ta satur vismaz vienu apstrade esoSu vai apstradatu slaidu.

Dzesot lietu, tiek dzesti ari visi taja izveidotie neapstradatie slaidi.

Jus varat atgut informaciju par dzestajam lietam, bet ne to slaidiem.
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6.3.6  Lietas kopesana

Lietu kopéSanas opcija nodrosina éertu veidu, ka izveidot pacientam jaunu lietu. Jus varat mainit lietas informaciju
jaunaja lieta vai péc izveles saglabat to pasu. Tiek automatiski izveidots jauns lietas numurs, un jums ir jaievada jauns
lietas ID.

‘ Lietu nevar kopét, ja ta satur slaidu, kas sniedz atsauci uz dzestu protokolu.

Kopétie slaidi ir gatavi etikeSu drukasanai un apstradei ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana). Dzésiet nevélamos
slaidus, noklikskinot ar peles labo pogu uz tiem un atlasot opciju Delete slide (Dzést slaidu).

Lai kopétu lietu, veiciet turpmak noraditas darbibas.
1 Ekrana Slide setup (Slaidu iestati$8ana) kreisaja puseé esosaja lietu saraksta atlasiet kopgjamo lietu.
Noklikskiniet uz Copy case (Kopét lietu); programmatura atveras dialoglodzin$ Copy Case (Kopét lietu).

levadiet jaunu lietas ID un nepiecieSamibas gadijuma rediggjiet tas informaciju.

N w N

Ka nepiecieSams, atlasiet opciju Unprocessed slides (Neapstradatie slaidi) vai All slides (Visi slaidi).
» Neapstradatie slaidi — kopeét tikai neapstradatus slaidus no sakotngjas lietas.
« Visi slaidi — kopeét visus slaidus (neapstradatos, apstrade eso$os un apstradatos) no sakotnéjas lietas.
Jaunaja lieta sistema atzime visus slaidus ka neapstradatus.
5 Noklikskiniet uz OK (Labi).

Sistéma izveido jaunu lietu un kope slaidus, tostarp komentarus, saskana ar atlasito opciju. Visi nokopétie
slaidi (tostarp LIS) darbojas tada pasa veida ka slaidi, kas izveidoti dialoglodzina Add Slide (Pievienot slaidu)
(skat. 6.5.1 Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi).

6.3.7  lkdienas lietas opcija

BOND sistému var konfigurét t3, lai ta ik péc 24 stundam automatiski izveido jaunu lietu, laujot izveidot visus katras
dienas slaidus viena lieta. Tas var ietaupit laiku laboratorijam, kuras apstrada nelielu slaidu skaitu, jo netiek ievaditi
pacientu vardi un lietu ID. Katrai ikdienas lietai ir Sadas ipasibas:

* lietas ID ir iestatits uz jaunas dienas datumu,

» dozeSanas tilpuma un sagatavoSanas protokola nokluséjuma parametri ir iestatiti uz administracijas klienta
profila iestatitajiem sistémas noklusejuma parametriem. Tos var redigét.

« Lauki Patient name (Pacienta vards, uzvards) un Doctor (Arsts) paliek tuksi, un tos nevar mainit.

Jus péc izveles joprojam varat veidot atseviskas lietas ierastaja veida, kame ikdienas lietas opcija ir ieslégta.

Noradijumus ikdienas lietas opcijas iestatiSanai skatiet 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi.
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6.3.8  Lietas parskats

Jus varat veidot parskatus par atseviSkam lietam. Parskatos ir ieklauta pamatinformacija par lietu un visiem tas
slaidiem, pieméram, slaidu ID un tajos izmantotajiem protokoliem un reagentiem. Parskata izdrukasanas gadijuma ir
pieejama vieta komentaru ierakstiSanai par katru slaidu. Pilns apraksts pieejams 9.6 Lietas parskats.

Veidojiet lietu parskatus no ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana) un Slide history (Slaidu vesture). Atlasiet attiecigo
lietu vai slaidu un péc tam noklikskiniet uz pogas Case report (Lietas parskats). Lietu parskatos ir iek|auta tikai
informacija par slaidu reagentiem, kas ir apstradati un atblokéti apstrades modul.

6.4  Arstu parvaldisana

BOND sistéma glaba arstu sarakstu, kurus var pec izveles pievienot lietas informacijai. Dialoglodzina Add Case
(Pievienot lietu) vai Case properties (Lietas rekviziti) atlasiet arstu no “vélamo” arstu saraksta vai pievienojiet vai
redigejiet arstus dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus), kuru var atvért no ta pasa lietas rekvizitu

dialoglodzina.
Par katru arstu tiek raditi $adi lauki:

« Name (Vards, uzvards) — arsta vards, uzvards,
 LISID — unikals identifikators, ko nodros$ina laboratorijas informacijas sistéma (ja piemérojams),

« Pref. (Velamais) - arsta velamais statuss (izveidojot lietas, nolaizamaja saraksta ir pieejami tikai vélamie
arsti). Sis statuss ir iestatits dialoglodzina Edit doctor (Redigét arstu).

Sis vértibas tiek raditas arf dialoglodzina Edit doctor (Redigét arstu). Turklat dialoglodzina Edit doctor (Redigét arstu)
ir pieejami $adi elementi:
 |D — BOND sistemas automatiski izveidots un pieskirts unikals D,

« Comments (Komentari) — redigéjams lauks, kura pievienot visparigus komentarus vai papildu informaciju par
vardu, uzvardu.

Kad ir atverts dialoglodzin$ Manage doctors (Parvaldit arstus), noklikSkiniet uz opcijas Add (Pievienot) vai Edit
(Rediget), lai pievienotu jaunus arstus vai redigétu eso$o arstu datus. Redigéjumu veik§ana ir pieejama tikai
komentaru lauka un vélama statusa mainai — péc arsta izveido$anas nav iesp&jams mainit ta(s) vardu, uzvardu.

Jus varat dzést arstus dialoglodzina Manage doctors (Parvaldit arstus). Jau izveidotas lietas, kuram ir piesaistits
dzests arsts, joprojam ir noradits attieciga arsta vards, uzvards, tacu $ads arsts nav pieejams jaunam lietam. Jaunam
arstam nav iespejams atkartoti izmantot dzésta arsta vardu, uzvardu.
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6.5 Darbs ar slaidiem

Saja sadala ir aprakstita slaidu izveido$ana un parvaldiba ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana). Pédéja sadala ir
aprakstits devu tilpuma iestatijums un tas, ka tas ietekme audu novietojumu uz slaidiem.

e 6.5.1 Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi
e 6.5.2 Slaida izveidoSana

» 6.5.3 Slaida kopésana

e 6.5.4 Slaida redigesana

e 6.5.5 Slaida dzésana

 6.5.6 Slaida manuala identificeSana

e 6.5.7 Slaidu panela pievienoSana

e 6.5.8 Dozesanas apjomi un audu novietojums uz slaidiem

6.5.1  Slaida lauku apraksts un kontroles paraugi

Slaidu saraksta augspuse ir divas pogas:
« noklikskiniet Add slide (Pievienot slaidu), lai pievienotu slaidu atlasitajai lietai,
« noklikSkiniet Add panel (Pievienot paneli), lai pievienotu paneli atlasitajai lietai.
« Detalizétaku informaciju skatiet 6.5.7 Slaidu panela pievienosana.

Ekrana labaja pusé esosaja slaidu saraksta ir redzama ekrana kreisaja puse atlasitas lietas informacija. Katram
slaidam ir noradits slaida ID un attieciga slaida apstradei izmantojamo protokolu informacija. EtikeSu zonas slaidu
labaja puse ir kodétas ar krasam, lai noraditu to izveides vietu.

1. 00000401 Balta:
“CO10
MG F "D *— "H2i20) slaids, kas izveidots dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu)

(skatit 6.5.2 Slaida izveidosana.)

2. 00000402 ' Dzeltena:
Con
er D slaids, kas izveidots dialoglodzina Slide identification (Slaidu identificé$ana)
| — "H2{20)
(skatlt 6.8 Improvizéta slaidu un lietu izveide.)
2. 00000404 Gaisi peleka:
"CD1i0
MHGF "D *— "H2(20) LIS slaids

(skatit 11 LIS integracijas pakotne (BOND kontrolleri).)
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Slaidos ir redzami ar turpmak noraditie simboli.

(3. D00DO4DS - Minusa zime:

*Coio

G F %D " H2E20) negativu audu slaids (skatit 6.5.2 Slaida izveido$ana 4. darbibu).
4. 00000406 B Plus zime:

il

THCF "D "~ 21 pozitivu audu slaids (skatit 6.5.2 Slaida izveidosana 4. darbibu).
1. 00000407 P ' Sarkans burts “P":

*COiD

WCF D " HI20) LIS prioritarais slaids (skatit 11.2.5 Prioritarie slaidi).

6. 00000403 7 Parauga etikete:

‘CoiD 4]

MGF D " W) 18 slaida mark&jums ir izdrukats.

Veiciet dubultklikski uz slaida, lai atvértu dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti). Noklikskiniet ar peles labo
pogu uz slaida, lai izdrukatu ta etiketi.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 147



Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

6.5.2  Slaidaizveidosana
Lai izveidotu slaidus Bond™ Oracle ™ HER2 IHC sistémai, skatiet produktam pievienotos lietoSanas noradijumus.
Jauna slaida izveidoSana

1 Lietu saraksta noklikskiniet uz attiecigas lietas.

2 Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu), lai atvértu dialoglodzinu Add slide (Pievienot slaidu).

Attéls 6-3: Dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu)

Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 ype: P
Doctor: +  Test tissue 100 pL
Smith Negative tissue 150 pL
Slide 1D: N
Puositive tissue
Case N°:
3 Staining mode:
Case comments: Single H Routine n
Date created: Single
6/29/2020 12:21:24 PM
Process: + [HC ISH
Marker: *CD5 (4C7) [~ |
Protocols
Staining: *IHC Protocol F n
Preparation: *Dewax n
HIER: “HIER 20 min with ER2 [ ~ |
Enzyme: o n

Marker UPI:

Auto n

Detection System UPI:
Auto

s

Jaunajam slaidam automatiski tiek pieskirts numurs ar unikalu Slide ID (Slaida ID), tomér tas netiek attélots,
kamér slaids nav saglabats, dialoglodzina noklikskinot uz pogas Add slide (Pievienot slaidu).

3 Slaidam var péc izveles pievienot komentaru.

4 Atlasiet audu veidu (testeéjamie audi, negativie audi, pozitivie audi), grupa Tissue type (Audu veids) noklikskinot
uz vienas no izveles pogam.

Skatit 6.2.1 Kontroles audi; visparigs kontroles audu izklastijums pieejams 14.3.2 Audu kontroles paraugi.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 148



Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

5 NepiecieS8amibas gadijuma mainiet slaida dozésanas tilpumu (skat. 6.5.8 Dozeésanas apjomi un audu
novietojums uz slaidiem).

6 Atlasiet iekrasoSanas rezimu.

a Lauka Staining mode (lekraso$anas rezims) atlasiet Single (Viens) (noklusejuma), ja tiks lietots viens
iekrasojums, vai Sequential multiplex (Secigais multiplekss) vai Parallel multiplex (Paral€élais multiplekss)
multipleksa iekrasojuma slaidam (skatit 7.1.1 lekrasosanas rezimi).

b Otraja lauka atlasiet Routine (Parasta) (noklusejuma iestatijums) (atlasiet Oracle tikai tad, ja tas ir
noradits Bond™ Oracle™ HER2 IHC sistémas instrukcijas).

¢ Secigas multipleksas iekrasoSanas nolaizamaja saraksta Stains (lekrasojums) atlasiet iekrasojumu
skaitu. Varat izveleties ne vairak ka divus iekrasojumus.

Paraditas cilnes ir atkarigas no atlasita iekrasoSanas rezima:
« Viens - cilne Single (Viens)
« Paralélais multiplekss - cilne Parallel multiplex (Paraléls multiplekss).

« Secigais multiplekss - cilne katram iekrasojumam (pieméram, cilne First (Pirmais), cilne Final

(Pedejais)).
Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: Tissue type: Dispense volume:
3688
Doctor: « Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue « 150 pL
Slide ID: Paositive tissue
Case N*:
3 Staining mode:
Case comments: Sequential multiplex n Routine -
P
6/29/2020 12:21:24 PM
Process: IHC (& ISH
Marker: n
Protocols
Preparation: -
Addsice
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7 Katra attélotaja cilné:
a atlasiet iekraso$anas procesu (IHC vai ISH).

b Nolaizamaja saraksta Marker (Markieris) atlasiet primaro antivielu vai zondi.

c Laiapstradatu sériju ar negativu IHC kontroles reagentu, atlasiet nokluséjuma negativo reagentu
*Negative (Negativs) vai sevis izveidoto negativo reagentu (skat. 14.3.3 Negativi reagentu kontroles
paraugi IHC).

d Laiapstradatu sériju ar negativu ISH kontroles reagentu, atlasiet *RNA Negative Control Probe (RNS
negativa kontroles zonde) vai *DNA Negative Control (DNS negativa kontrole).

e Laiapstradatu pozitivo ISH kontroles reagentu, atlasiet *RNA Positive Control Probe (RNS pozitivo
kontrolzondi) vai *DNA Positive Control Probe (DNS pozitivo kontrolzondi).

‘ Lai pievienotu vai nonemtu vienumus no nolaizama saraksta Marker (Markieris),
programmataras ekrana Reagent Setup (Reagentu iestati$ana) atlasiet vai nonemiet
atzimi no reagenta lauka Preferred (Vélamais). Papildinformaciju skatiet 8.2.1 Reagentu
pievienosana vai redigesana.

f Atlasiet katram apstrades posmam atbilstoSo protokolu.

g Atlasot primaro antivielu vai zondi, programmatura ievada noklusejuma protokolus. Parbaudiet, vai
katram posmam ir iestatiti atbilstoSi protokoli, un nepiecieSamibas gadijuma attiecigaja nolaizamaja
saraksta atlasiet jaunu protokolu. Atlasiet *-- - - ja konkrétam posmam nav nepiecieSams protokols.

h Nokluséjuma protokolus iestata ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana). Skatiet 8.2.1 Reagentu
pievieno$ana vai redigesana.

| Lai pievienotu un dzestu vienumus no nolaizamajiem sarakstiem Protocol (Protokols), atlasiet vai
nonemiet atzimi no protokola lauka Preferred (Vélamais), kas atrodas ekrana Protocol setup (Protokola
iestatiSana). Papildinformaciju skatiet 7.2.1 Protokola informacija.

j ISH slaidiem varat izvéleties zondes lietoSanas protokolu un zondes nonemsSanas protokolu. Vai art varat
izveleties neizmantot zondes lietoSanas protokolu un zondes nonems$anas protokolu.

k Janav atlasits neviens zondes lietoSanas protokols vai zondes nonems$anas protokols, parliecinieties, ka
ir nonemti art hibridizacijas un denaturacijas protokoli.

8 Vienas iekraso$anas gadijuma parasti dialoglodzina kreisaja pusé jaatstaj Auto (Automatiskais iestatijums)
unikaliem produkta identifikatoriem (Unique Product Identifier, UPI). Tomer, ja vélaties atlasit konkrétu partijas
numuru konkréetam slaidam (piem., validesanai pec partijas), atlasiet So nolaizamo sarakstu Sados laukos:

 Marker UPI (Markiera UPI) - reagenta konteinera UPI markierim
« Detection System UPI (NoteikSanas sistémas UPI) - noteikSanas sistemas UPI.

Lai slaidi tiktu apstradati viena sérija (ieslegti BOND-MAX un BOND-III), jaatlasa vai nu UPI, vai art Auto
(Automatisks).
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9 Noklikskiniet uz Add slide (Pievienot slaidu).

Opcija Add slide (Pievienot slaidu) pievieno slaidu ar informaciju, kas paslaik tiek paradita dialoglodzina Add
slide (Pievienot slaidu), un péc tam atstaj dialoglodzinu atvértu. Tas |auj atri pievienot vairakus slaidus
izveletajai lietai.

10 Kad ir pabeigta slaidu pievieno$ana lietai, noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvert).

6.5.3  Slaida kopesana

‘ ‘ Slaidu nevar nokopét, ja tas sniedz atsauci uz dzestu protokolu.

Esosa slaida kopéSana
1 Veiciet dubultklikski uz slaida, kuru vélaties kopét, lai atvértu dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekvizti).
2 Noklikskiniet uz opcijas Copy slide (Kopeét slaidu).
Nospiezot pogu Add slide (Pievienot slaidu), dialoglodzin§ mainas uz opciju Add slide (Pievienot slaidu).
3 Parbaudiet slaidu informaciju un nepiecieSamibas gadijuma mainiet to.

4 Noklikskiniet uz opcijas Add slide (Pievienot slaidu).

Jaunais slaids, tostarp visi komentari, tiks pievienots tai pa$ai lietai, ka nokopeétais slaids.

6.5.4  Slaidaredigesana

Lai redigétu slaida informaciju ekrana Slide setup (Slaida iestatisana) veiciet dubultklikski uz ta, lai atvértu
dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti). Mainiet informaciju, ka aprakstits 6.5.2 Slaida izveidosana.

Ja jus redigéjat informaciju par slaidu, kuram jau ir izdrukata etikete, pirms slaida apstrades atkartoti
izdrukajiet etiketi.

6.5.5  Slaida dzesana

Lai dzéstu slaidu no slaidu saraksta, ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) slaidu saraksta noklikSkiniet ar peles labo
pogu uz attieciga slaida, tad apaksizvelne atlasiet opciju Delete slide (Dzést slaidu). JUs varat izmantot taustinu
‘Delete” (Dzést), lai dzéstu atlasito slaidu.
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6.5.6  Slaida manuala identificesana

BOND sistéma var identificét jebkuru slaidu jebkura laika. Lai atvértu dialoglodzinu Manual ID entry (Manuala ID

Search
ievade), funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Search (Meklegana).

Attéls 6-4: Dialoglodzin$ Manual ID entry (Manuala ID ievade)

Manual ID eniry

Select search mode:

» | Automatic Slide Reagent package

Erilef he shide of feagen 1D, (The shde 10 s ¢ aie sendilive).
Chek Validate when complebed.

Slaidiem ar divdimensiju svitrkoda etiketem, piemeéram, tiem, kas drukati ar BOND sistému, skengjiet etiketi, lai atvertu
slaida dialoglodzinu Slide properties (Slaida rekviziti). Tapat jus varat manuali ievadit astonciparu ID, tostarp ta
sakuma esosas nulles, un péc tam noklikskinat uz opcijas Validate (Validét).

6.5.7  Slaidu panela pievienosana

Panelis ir iepriek$ noteikts markieru komplekts ar saistitiem audu veidiem. Izmantojiet panelus, lai atri pievienotu
vairakus slaidus ar markieriem, kas bieZi tiek izmantoti kopa — skatit 8.4 Reagentu pane|u ekrans.

Lai pievienotu lietai slaidu paneli, ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) veiciet turpmak noraditas darbibas.

1 Noklikskiniet uz opcijas Add panel (Pievienot paneli). Atveras dialoglodzin§ Add slides from panel (Pievienot
slaidus no paneja).

2 Nolaizamaja saraksta atlasiet paneli. Tiek paraditi panela slaidi.

3 NepiecieSamibas gadijuma izsledziet dazus slaidus, nonemot atlasi izvéles ratinas, un péc tam noklikskiniet uz
Add Slides (Pievienot slaidus).

BOND pievieno slaidus lietai.
* |SH slaidu dozesanas tilpums tiek automatiski iestatits uz 150 pL.
* |HC slaidu dozesanas tilpums tiek iestatits uz lietas noklusejuma vertibu.

* Visu slaidu sagatavosanas protokols ir iestatits uz lietas nokluséjuma vertibu.

@ Panelus var izmantot, lai pievienotu slaidus ar iekrasoSanas rezimu Viens vai Paralélais
multiplekss, bet ne ar Seciga multipleksa iekrasojuma rezimu.
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6.5.8  Dozesanas apjomi un audu novietojums uz
slaidiem

BOND programmaturai ir divi dozeSanas tilpuma iestatijumi, kas tiek iestatiti katram slaidam dialoglodzina Add slide
(Pievienot slaidu) (skat. 6.5.2 Slaida izveidosana).

BOND-MAX apstrades moduli 100 pl iestatijumu var izmantot tikai IHC slaidiem - visiem slaidiem, kas apstradati ar
BOND-IIl un BOND-PRIME, un visiem ISH slaidiem (abos apstrades modulu veidos), ir jaizmanto 150 pl iestatijums.
BOND-PRIME apstrades modulis izmanto citu doze$anas metodi neka aprakstits talak (skatit 7 Protokoli (BOND

kontroller)).

BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos dozesanas tilpuma iestatijums nosaka, reagenta devas novietojumu uz
slaida, ka ar1 dozéto apjomu:

» 100 pl dozéSanas gadijuma Covertiles tiek pavilktas atpakal aptuveni lidz slaida vidusdalai, un atsuk$anas
zonde dozé antivielu uz Covertiles aug$dalas (aptuveni slaida vidusdala),

150 pl dozésanas gadijuma Covertiles parklaj lielako slaida daju. Ari $aja gadijuma reagents tiek padots
Covertiles augsdala, tade| reagents parklaj lielaku slaida laukumu.

Reagenta dozéSanas zonu atskirtba nozimé, ka ir svarigi novietot audus pareizi. 100 yl dozé$anas gadijuma parasti
var iekrasot tikai vienu paraugu, un tas janovieto uz slaida apak3gjas dalas (talak prom no etiketes). 150 pl dozéSanas
gadijuma uz slaidiem var vieglak novietot divus audu paraugus, vai, ja ir tikai viens paraugs, tad tas butu janovieto

slaida vidu. Dazadiem dozeSanas tilpuma iestatijumiem izmantojamas slaidu zonas ir paraditas Attels 6-5. Leica
BOND Plus slaidi un Leica BOND Apex slaidi ir marketi, lai noraditu zonas, kur janovieto audi.

Attéls 6-5: Dazadiem dozesanas tilpuma iestatijumiem izmantojamas slaidu zonas

Izmantojama
zona

* legravetas zonas parada, kura vieta uz slaida novietot audus dazada tilpuma dozesanas gadijuma.

« Attélotie marketie punkti ir noradrti uz Leica BOND Plus slaidiem un Leica BOND Apex slaidiem (skatit
2.6.1 Slaidi).

BOND-IIl un BOND-PRIME apstrades moduli péc nokluséjuma veic dozeSanu 150 pl pozicija - ieladgjot slaidus ar
100 pl dozesSanas tilpumu, jus nevarésiet uzsakt apstradi.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 153



Nodala 6 Slaidu iestatiSana (uz BOND kontrollera)

BOND-MAX un BOND-III IHC slaidu gadijuma antivielu padeves tilpumi ir noraditi dialoglodzina Add slide (Pievienot
slaidu) — 100 pl vai 150 yl. ISH slaidu gadijuma (abiem apstrades modulu veidiem) tiek iespgjots 150 pl iestatijums un
apstrades moduli izmanto 150 pl Covertile un zondes pozicijas. Tomér BOND sistéma no zondes doze vairak neka

150 l:
» RNS zondém BOND doze 220 pl divos posmos — 150 pl un 70
» DNS zondem BOND doze 240 pl divos posmos — 150 pl un 90 l.

Atkariba no protokola, mazgaSanas un citiem posmiem tiek izmantoti dazadi tilpumi.

DozéSanas tilpumu noklusé&juma vértibas

IHC gadijuma BOND-MAX padeves tilpumu (150 pl vai 100 pl) var iestatit katram slaidam atseviski, tomér BOND
programmatdra |auj konfigurét divus noklusejuma limenus. Var iestatit noklusejumu visai sistémai (skatit 10.5.2 Lietu
un slaidu iestatijumi). Atseviskos gadijumos to var ignorét, izmantojot noklusgjuma lietas vertibas, kas iestatitas
dialoglodzina Add case (Pievienot lietu) (skatit 6.3.3 Lietas pievienosana). Un visbeidzot dozesanas tilpumu var
iestatit atseviskiem slaidiem dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu) (skatit 6.5.2 Slaida izveidosana).

Visiem slaidiem ir jabt vienadam dozésanas tilpumam, lai tos varétu apstradat viena un taja pasa serija (skatit
6.9 Slaidu saderiba).

6.6  Slaidu markesana

Visi BOND sistema iekrasojamie slaidi ir jamarke, lai varétu tos identificét programmatara ta, lai tiem tiktu pieméroti
atbilsto$i protokoli. BOND sistéma izveidotajiem slaidiem ir etiketes ID (divdimensiju svitrkoda veida), ko izmanto
automatiskai slaidu identificéSanai apstrades modulos. LIS izveidotas etiketes (divdimensiju svitrkodu ID) var
identificet arf automatiski. Tomer uz slaidu etiketem vienmer butu jaieklauj papildu cilvekam lasama informacija, lai

varétu identificét slaidus, ja etiketes ID nevar identificét automatiski, ja, pieméram, ta ir izpludusi (skatit 10.3 Etiketes
).

Etiketes ir jauzlime slaidiem pirms to ievieto$anas apstrades moduli. NodroSiniet, lai etiketes butu pareizi
piestiprinatas, lai ID attélveidotajs varétu efektivi skenét (divdimensiju svitrkodus) no etiketes ID.

Jums jaizmanto Leica Biosystems piegadatas slaidu etiketes izmantoSanai BOND slaidu marketaja.

e 6.6.7 EtikeSu drukasana un uzlimésana uz slaidiem

e 6.6.2 Slaidu ID un etikesu ID

6.6.1  EtikesSu drukasana un uzlimésana uz slaidiem

1 Laiizdrukatu etiketi vienam slaidam, noklikskiniet ar peles labo pogu uz slaida un pec tam atlasiet opciju Print
label (Izdrukat slaidu). Sada gadijuma netiek paradits dialoglodzin$ Print slide labels (Drukat slaidu etiketes).
BOND-ADVANCE sistéma, kura ir iek|autas noteiktas grupas, etikeSu drukasanai tiks izmantots noklusejuma

slaidu markeétajs. Pretéja gadijuma tiks izmantots saraksta pirmais slaidu markétajs (skatit 10.6.3 Slaidu
markétaji).
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2 Kad visi slaidi ir izveidoti, ekrana Print labels (Drukat etiketes) noklikskiniet uz opcijas Print labels (Drukat
etiketes).

3 Atlasiet izdrukajamas slaidu etiketes:
* visas vél neizdrukatas slaidu etiketes — visu to lietu slaidi, kuras vél nav izdrukatas etiketes,

* visas pasreizéja lieta vél neizdrukatas slaidu etiketes — visi pasreizéjas lietas slaidi, kuriem vél nav
izdrukatas etiketes,

 paSreizeja lieta — visi paslaik atlasitas lietas slaidi, tostarp ieprieks izdrukatie.

Slaidu etiketes tiek drukatas tada seciba, kada tas tika izgatavotas, savukart katra lieta — tada seciba, kada tas
tika izveidotas.

4 Atlasiet slaidu marketaju, kuru izmantot.

(lestatiet noklusejuma markeétaju administracijas klienta profila ekrana Hardware (Aparatra) — skatit
10.6.2 Grupas.)

5 NoklikSkiniet uz opcijas Print (Drukat). E
Slaidu etike$u izdrukasanas laika ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana) apakséja -
kreisaja sturi paradas mirgojosa ikona.

6 Parliecinieties, vai slaidu matétais laukums, uz kura tiks uzklata etikete, ir pilnigi tirs un sauss.

7 Uzlimejiet etiketi ar slaida ID, salagojot paraléli ar slaida galu. Etiketei jabut vérstai ar labo pusi uz augsu (taja
pasa slaida puse, uz kuras novietoti audi).

» Novietojiet etiketi taisna veida, jo apstrades modulis nespéj pareizi atveidot neathilstosi novietotu
etikeSu attelus.

» LainodroSinatu piestiprinasanu, stingri piespiediet uz visa BOND printera etiketes laukuma.

» Printera etiketei jabut pilniba piestiprinatai pie virsmas. Printera etiketei nedrikst but parkare pari slaida
malai.

» Jauzlime ir iemerkta skidruma, pirms uzglabasanas |aujiet tai nozut.

Attéls 6-6: levietojiet etiketi slaida robezas.

%5:' e || Pareizi: |@ | Nepareizi: . Ei?s‘ oL Nepareizi:
s etiketer novietota || gzw | etikete atrodas | e | Uzlimeir
/ taisna veida arpus slaida : novietota Skibi.
attieciba pret X malam. X
slaida malam.

UZMANIBU! Novietojiet visas etiketes dalas ta, lai tas atrastos visu slaidu malu iek$iené. Atsegtas
lipigas virsmas var izraisTt slaidu etikeSu (un slaidu) pielipSanu pie Covertile vai cita aprikojuma un
slaida sabojasanu.
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Kad BOND printera lente un etikeSu rullitis ir nomainiti, nomainiet tintes lenti ar tadu pasu

izstradajuma numuru. Noradijumi etikeSu rulliSu un tintes lentes nomainai ir ieklauti iepakojuma.

agresivai procedurai, nemiet vera turpmako.
» Peéc apstrades uzklajiet slaidu mark&jumu.
Uz slaida virsmas uzklajiet sekundaro identifikatoru
* |zvairieties vai ierobezojiet BOND printera lentes un etikeSu iegremdéSanu

 Uzklajiet aizsargparklajumu

@ Izlietotajiem tintes rulliem bus apgriezti drukatas informacijas attéli. Ja informacija satur personu
identificejosu informaciju, izlietotie tintes rulli ir jaiznicina saskana ar laboratorijas procediram

un/vai vietejiem privatuma noteikumiem.

@ Limes un tintes noturiba ir atkariga no klientu testéSanas nosacijumiem. BOND sistéma printera
lentes un etikeSu izmantoSana ir japarbauda laboratorijai attieciba uz to proceduram un

| Attieciba uz printeru etiketém, kas tiek pak|autas ilgstosai reagenta iegremdésanai vai tiek pak|autas
‘ nosacijumiem.
Aréja atvasko$ana un epitopu izguve

AtvaskoSana un epitopu izguvi visieteicamak veikt pec slaidu markésanas, ja to veic arpus BOND sistémas. Tas |auj
izvairities no slaidu izzG$anas, kamer jus ievadat slaidu informaciju un iestatat BOND sistému, lai palaistu
nepiecie$amo(s) protokolu(s), ka art novers sarezgijumus ar mitru slaidu markesanu, veicot $adas darbibas.

@ Ja jus izmantojat ksilolu apstrades modula atvaskoSanai, izvairieties no ta saskares ar etiketi, lai
neizplustu uzdrukatie dati.

llgstoSa iemérkSana vai iedarbiba uz benzola atvasinajumiem, D-limonéniem un alifatiskajiem
ogludenraziem, acetonu, Gdeni un Gdeni saturoSiem reagentiem var samazinat slaida ID mark&juma
limes efektivitati un iespéjamu drukas integritates zudumu. lesakam etiketes ilgstosi neiegremdet.
Konkrétu informaciju par izstradajumiem skatiet LBS timek|a vietne.

UZMANIBU! BOND-III un BOND-MAX apstrades modulu atvasko$anai izmantojiet tikai BOND Dewax
! i : Solution.

BOND-PRIME apstrades modulu atvasko$anai izmantojiet tikai BOND-PRIME Dewax Solution.

Neizmantojiet ksilolu, ksilola aizstajejus un citus reagentus, kas var sabojat apstrades modulu dalas
un izraisit Skidruma nopludi.
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6.6.2  Slaidu ID un etikesu ID

BOND sistéma pieskir unikalu “Slide ID” (Slaida ID) ikreiz, kad tiek izveidots jauns slaids. Tapat BOND sistéma izveido
unikalu “Label ID” (Etiketes ID) ikreiz, kad tiek izdrukata slaida etikete. Etiketes ID ir divdimensiju svitrkods.

@ LIS slaidu ID var noteikt LIS, un ta var bit jebkada skaitliska vértiba (kura sastav no astoniem vai
mazak cipariem).

Slaidu identificéSana

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Ja slaidiem ir piestiprinatas etiketes, sistéma var identificét slaidus katra slaidu iekraso$anas bloka pozicija (skatit
5.1.5.1 Automatiska slaidu identificesana).

Slaidi, kuriem nav slaida ID, un slaidi ar neatpazitu slaidu ID ir vai nu manuali jaidentificé sistéma (skatit
5.1.5.2 Manuala slaidu identificesana iekarta), vai ari tiem ir jaizdruka etikete, janovieto ta uz slaida, un atkartoti
jauznem slaida attels.

Konfiguréjiet informaciju, kas noradama uz slaidiem administracijas klienta profila ekrana Label configuration
(EtikeSu konfiguracija) (skatit 10.3 Etiketes ).
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6./  Slaidu iestatisanas kopsavilkuma parskats

Slaidu iestatiSanas kopsavilkuma parskata ir ieklauti visi slaidi (par visam lietam), kas paslaik ir konfiguréti ekrana
Slide setup (Slaidu iestati$ana). Slaidi tiek grupéti pec lietas ar tadiem datiem ka markieris un dozésanas tilpums.
Parskata lejasdala ir saraksts ar visiem reagentiem un reagentu sistémam, kas nepiecieSamas saskana ar parskata
slaidiem, kura ir noradits katra testu skaits. Katram BOND apstrades modulim ir atseviski saraksti.

‘ NepiecieSams vismaz viens BOND-PRIME apstrades modulis, par kuru japasuta apskatit informaciju
parskata.

Parskats ir vertigs paliglidzeklis serijas apstrades sagatavoSanas procesa. Tas palidz nodroSinat to, ka slaidi, kas tiek
ievietoti katra paplate, ir saderigi (skat. 6.9 Slaidu saderiba), un norada ieladéjamos reagentus un reagentu sistémas.

Lai izveidotu slaidu iestatiSanas parskatu, noklikskiniet uz opcijas Slide setup Summary (Slaidu iestatiSanas
kopsavilkums).

Parskata ir ieklauta turpmak noradita informacija par katru slaidu.

Lauks Apraksts

Slaida ID BOND sistema pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.

Marker (Markieris) Markieris(-i)

Staining protocol lekrasoSanas protokols

(lekraso$anas

protokols)

Sagatavosana Sagatavo$anas protokols (ja tads ir)

HIER (Karstuma HIER protokols (ja tads ir)

ierosinata epitopu

izguve)

Enzyme (Enzims) Enzimu izguves protokols (ja tads ir)

Dozesanas tilpums Dozéjama reagenta tilpums (skatiet 6.5.8 Dozesanas apjomi un audu novietojums uz
slaidiem)

Tissue type (Audu Testejamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi

veids)

Secigas multipleksas iekraso$anas slaidiem slejas Marker (Markieris) Protocol (Protokols), Dispense volume
(Dozesanas tilpums) un Tissue type (Audu veids) tiek raditas divas rindas, kas grupétas péec slaidu ID.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.
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6.8 Improvizeta slaidu un lietu izveide

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

BOND sistéma péc nokluséjuma ir konfiguréta ta, ka jaunas lietas un slaidus var izveidot péc tam, kad slaids ir
ievietots apstrades moduli un ir izveidoti slaidu attéli.

Pirmaja sadala ir sniegtas norades “improvizetai” lietu un slaidu izveidoSanai. Otraja sadala ir aprakstiti alternativu

darbplUsmu opciju iestatijumi.
e 6.8.1 Jaunu lietu un/vai slaidu izveidoSana pec attéelveidoSanas

e 6.8.2 Slaidu identificeSanas iekarta iespgjas

6.8.1  Jaunu lietu un/vai slaidu izveidoSana pec
attelveidosanas

Rikojieties saskana ar turpmak aprakstito proceduru, lai pievienotu lietu un slaidu informaciju péc slaidu ielades un
attélveido$anas (proceddra ir lidziga ka sadala 5.1.5.2 Manuala slaidu identificésana iekarta aprakstita asistétas 1D
procediras proceddra, bet tagad ta ietver jaunu lietu un slaidu izveidi).

1 leladgjiet slaidus apstrades moduli, ka ierasts.

Nav nepiecieSams BOND programmatura izveidot lietas vai slaidus vai drukat uzlimes — var izmantot ar roku
rakstitas vai treSo personu etiketes.

Sistéma neatpazis slaidus, tade| ta paradis etikeSu attelus.

Attéls 6—7: Slaids nav automatiski identificéts

@ Ja noteikta apstrades moduli netiek konsekventi raditi etikeSu attéli, tos var konfigurét slaidu
etikeSu attelu neveidoSanai. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai noorganizetu $a

iestatijuma atkartotu konfiguréSanu apstrades modulim.
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2 Lai palaistu dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificéSana), veiciet vienu no turpmak aprakstitajam
darbibam.

a Veiciet dubultklikski uz slaida attéla.
b NoklikSkiniet ar peles labo pogu uz attéla un apaksizvelné atlasiet Select manually (Atlasit manuali).

Atveras dialoglodzin$ Slide identification (Slaidu identificéSana), kura ir pieejamas jaunas pogas New case
(Jauna lieta) un New slide (Jauns slaids) (Attéls 6-8 1. un 2. vienums).

Attéls 6-8: Dialoglodzins Slide identification (Slaidu identificéSana) ar slaida statusa displeju
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@ DaZas laboratorijas var tikt atspéjota poga New case (Jauna lieta) vai gan New case (Jauna
lieta), gan New slide (Jauns slaids) — skatit 6.8.2 Slaidu identificéSanas iekarta iespéjas.
Aktivais slaids tiek izcelts slaidu paplate (3. vienums).

Dialoglodzin$ ietver palielinatu uzlimes attélu (4. vienums), lai palidzétu veikt slaidu identifice$anu. Turiet
kursoru virs slaida labas puses rutl, lai vél vairak palielinatu etiketi.

Kreisaja rutl ir noraditas visas lietas ar pasreizejiem slaidiem. Noklusejuma iestatijumu gadijuma tiek paraditas
tikai tas lietas, kuram ir izdrukatas slaidu etiketes (to var maintt, lai iek|autu tas lietas, kuras slaidi nav drukati,
skatit 6.8.2.2 Argjas slaidu etiketes).
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Centralaja rutl tiek raditi kreisas puses ruti atlasitaja lieta konfigurétie slaidi, kur slaidi vél nav saskanoti ar

apstrades moduli attélotajiem slaidiem. Atkartojumam: noklusejuma iestatijumu gadijuma paradas tikai tie
slaidi, kuriem ir izdrukatas etiketes, tacu tos var mainit, lai paraditu visus $aja lieta konfigurétos slaidus.

I @ Parliecinieties, ka atlasat pareizo etiketes attélu, jo nepareiza atlase var ietekmét jusu slaidus.

3 Laiizveidotu jaunu lietu, noklikskiniet uz New Case (Jauna lieta) (1. vienums).

Izveidojiet jaunu lietu atlasitajam slaidam ierasta veida (skatit 6.3.3 Lietas pievieno$ana).

4 Pec tam, kad dialoglodzina Add case (Pievienot lietu) basiet noklikskinajis(-usi) uz OK (Labi), dialoglodzina
Slide identification (Slaidu identificéSana) esosaja lietu saraksta atlasiet jaunu lietu.

5 Laiizveidotu jaunu slaidu tikko ka izveidotaja lieta, noklikskiniet uz opcijas New slide (Jauns slaids) (2.
vienums).

Atveras dialoglodzin$ Add slide (Pievienot slaidu).

6 Programmatura ierasta veida izveidojiet jaunu slaidu tam fiziskajam slaidam, kas atlasits labas puses rati
(skatit 6.5.2 Slaida izveidosana).

Kad slaids ir pievienots, tas slaids tiek paradits dialoglodzina centralaja ruti (t. i., lai gan jauna lieta joprojam ir
atlasita kreisas puses lietu saraksta).

7 Lainodrosinatu, ka labas puses rati joprojam ir atlasits pareizais etiketes attéls, noklikskiniet uz Insert
(levietot), lai to saskanotu ar jauno slaidu centralaja ratr.

Slaids vairs nav redzams centralaja ruti un labas puses ruti tiek nomainits etiketes attéls, lai paraditu sistemas
informaciju par slaidu, jo tas tika ievadits par jauno, tikko izveidoto slaidu.

Ja slaidi ir saskanoti nepareizi, jus varat atcelt So darbibu, atlasot slaidu labas puses rati un noklikskinot uz
Remove (Dzést).

8 Tagad slaidu var apstradat ierasta veida.

Atkartojiet jaunu lietu un slaidu izveidoSanas proceduru atlikuSajiem slaidu paplates slaidiem.

6.8.2  Slaidu identificesanas iekarta iespejas

Administracijas klienta profila pieejamie iestatijumi var atlaut vai noteikt par pienakumu apstradat dazadas slaidu
identifikacijas darbplismas, selektivi iespéjojot vai atspejojot iespejas dialoglodzina Slide identification (Slaidu
identificéSana).

6.8.2.1 Improvizetu lietu un slaidu izveidoSanas ierobezoSana un aizliegSana

BOND sistéma péec nokluséjuma |auj ieladét slaidus, kas nav izveidoti BOND programmatara (vai importéti no LIS), un
izveidot lietas un slaidus programmatura pec slaidu attélveidoSanas, izmantojot dialoglodzinu Slide identification
(Slaidu identificéSana). JUs varat péc izvéles iestatit sistému, lai aizliegtu izveidot jaunas lietas $ada veida (bet
joprojam atlautu izveidot jaunus slaidus jau eso$am lietam) vai pilnigi aizliegtu izveidot slaidus (un lietas) péc slaidu

ieladesanas. Atkariba no iestatijuma dialoglodzina Slide identification (Slaidu identificeSana) ir atspéjota poga New
case (Jauna lieta) vai gan New case (Jauna lieta), gan New slide (Jauns slaids) (skatit Attéls 6-8).
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Administracijas klienta ekrana Settings (lestatijumi) ierobeZojiet improvizetas registra un slaidu izveides opcijas
(skatit 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi).

6.8.2.2 Aréjas slaidu etiketes

Jus varat iestatit BOND sistému, lai ta noteiktu vai nenoteiktu pienakumu izdrukat visus slaidus BOND sistema pirms
tos var apstradat. LIS slaidiem un slaidiem, kas nav izveidoti LIS, ir atseviski iestatijumi.

Slaidiem, kas nav izveidoti LIS, nokluséjuma iestatijums ir izdrukasanas plieprasijums BOND sistéma. Tas nozimé, ka
fiziskie slaidi bez BOND sistéma izdrukatam etiketem netiek automatiski savietoti ar slaidiem, kas tiem izveidoti
programmatura (pat tad, ja ir vienadi ID). Turklat jus nevarat savietot slaidus manuali, izmantojot dialoglodzinu Slide
identification (Slaidu identificéSana), jo taja tiek raditi tikai BOND sistémas izdrukatie slaidi. Tadé| laboratorijam,
kuram nav BOND LIS integracijas un kuras veic uzrakstus uz etiketem ar roku vai izdruka tas, izmantojot treSo
personu aprikojumu, ST opcija ir jaizsledz. Tas |auj visiem sistéma izveidotajiem slaidiem but pieejamiem savietoSanai
ar apstrades moduli ieladétajiem slaidiem neatkarigi no ta, vai etiketes ir izdrukatas BOND sistema.

Lai iespejotu to slaidu apstradi, kam BOND sistema nav izdrukajusi markejumus, nonemiet atlasi Force printing in
BOND (Piespiedu izdruka) administracijas klienta ekrana Settings (lestatijumi) (skatit 10.5.2 Lietu un slaidu
iestatijumi). (Nav nepiecieSams nonemt atlasi opcijai Force printing in BOND (Piespiedu izdruka) tikai tadel, lai atjautu
improvizéetu lietu un slaidu izveidi — skat. 6.8.2.1 Improvizetu lietu un slaidu izveidoSanas ierobezo$ana un
aizliegsana.)

nebUs pieejami apstradei lidz bridim, kad tiks izdrukatas to etiketes, lai gan slaidiem, kas izveidoti

‘ Slaidi, kas izveidoti pirms atlases nonemsanas opcijai Force printing in BOND (Piespiedu izdruka),
pec Sis opcijas atlases nonems$anas, nebus nepiecieSams izdrukat etiketes.

Slaidiem, kas izveidoti LIS, nokluséjuma iestatijums nepieprasa izdrukat etiketes BOND sistéma. Tas nozime, ka
slaidus ar etiketem, kuras izdrukatas LIS, var automatiski savietot ar slaidiem BOND programmatdra (importéti no
LIS). Vai ar, ja nav iespgjams savietot automatiski (pieméram, slaida etikete ir izpludusi), jus varat manuali savietot
slaidus, izmantojot dialoglodzinu Slide identification (Slaidu identificé$ana). Tomeér ieslédziet $o opciju, ja jlsu
darbplasma ir slaidi, kas izveidoti LIS, bet jis vélaties noteikt pienakumu izdrukat etiketes BOND sistéma (atlasiet
opciju Force LIS printing in BOND (Piespiedu izdruka LIS) administracijas klienta profila ekrana LIS — skat. 10.2 LIS).

6.9 Slaidu saderiba

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Lai katras serijas apstrades darbibas tiktu sinhronizétas ta, lai nodrosinatu optimalus rezultatus visiem paplates
slaidiem, pec slaidu paplasu ielades BOND programmatura parbauda slaidu saderibu. Nesaderigie slaidi tiek paraditi
ekrana System status (Sistémas statuss). Pirms sérijas apstrades uzsak$anas jaiznem vai janomaina nesaderigie
slaidi (skatit 5.1.4.4 Nesaderigu slaidu iestatijumu labo$ana).

Lai slaidi butu saderigi:
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 todozesanas tilpumam jabut vienadam,

» visiem slaidiem ir japiemero vai nu vienkarsa iekrasoSana, vai paraléla multipleksa iekraso$ana, vai seciga
multipleksa iekrasosana,

* irtads pats UPI, ja tas ir ipa$i atlasits slaidu pievienoSanas procesa;

 tiemirjaizmanto viens un tas pats sagatavosanas protokols,

« tiem irjaizmanto viens un tas pats iekraso$anas protokols, un

e jaizmanto saderigi priekSapstrades protokoli un/vai ISH denaturacijas un hibridizacijas protokoli.
Noteikumi par protokolu saderibu ir sniegti 6.9.1 Protokolu saderiba.

Slaidu iestati$anas parskati (6.7 Slaidu iestatisanas kopsavilkuma parskats ) sniedz palidzibu, lai nodrosinatu
saderigu slaidu ievietoSanu katra paplate.

6.9.1 Protokolu saderiba

lekrasoSanas un sagatavo$anas protokoliem ir stingri saderibas ierobezojumi, savukart siltuma un enzimu
priek$apstrades protokoliem un ISH hibridizacijas un denaturacijas protokoliem pastav variaciju iespéjas. So
protokolu saderiba ir atkariga no apstrades modula veida (BOND-III vai BOND-MAX), protokola darbibu skaita un
ilguma, un apstrades modula stavokliem darbibu laika. Protokoli ir savietojami, ja visi Sie faktori ir vienadi vai atskirigi
tados veidos, kuriem var veikt pielagojumus, neietekmejot iekrasoSanas kvalitati.

Talak ir izklastiti visu protokolu veidu saderibas noteikumi.

6.9.1.1 lekrasoSanas protokoli

Katram slaidam jaizmanto viens un tas pats iekraso$anas protokols. Secigiem divkarSiem iekrasoSanas cikliem viena
un taja pasa kartiba ir jaizmanto tie pasi iekrasoSanas protokoli.

IHC un ISH slaidus nevar jaukt vienkarSas iekrasoS$anas cikla, bet tos var kombinét secigos multipleksos iekrasoSanas
ciklos.

6.9.1.2 SagatavoSanas protokoli
Protokoliem “atvaskosana” un “karséSana un atvaskosana”:

* visu paplatée esoSo slaidu apstradei jaizmanto viens un tas pats protokols, un

» slaidus ar sagatavoSanas protokolu nevar jaukt ar slaidiem, kam netiek piemérots sagatavoSanas protokols.

6.9.1.3 Prieksapstrades protokoli

Slaidus, kam javeic tikai siltuma izguve, tikai enzimu izguve, siltuma un enzimu izguve, ka ari netiek veikta nekada
epitopu izguve, var apstradat kopa. Slaidi, kam netiek veikta pasreizeja priekSapstrade, tiek mitrinati, kamer protokols
apstrada citus slaidus (siltuma ierosinata izguve vienmeér tiek veikta pirms enzimu ierosinatas izguves).

Tapat ir saderigas visas slaidu kombinacijas ar un bez ISH denaturacijas un hibridizacijas.
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Turpmak esosajas sadalas ir sniegti priekSapstrades protokolu saderibas nosacijumi ar tada pasa veida
priekSapstrades protokoliem.

PriekSapstrade ar siltumu

1 PriekSapstrades ar siltumu protokoli ir saderigi, ja:
e tiemir vienads darbibu skaits,
» vienads katra posma inkubacijas laiks, iznemot sildiSanas darbibas.

Lai veiktu vienlaicigas sildiSanas darbibas, visiem slaidiem tiek izmantots procedurai iestatitais
maksimalais ilgums. Slaidi ar 1saku iestatito ilgumu tiek uzsilditi tikai uz tiem konfiguréto laika periodu,
un péc tam tiek izslégta slaidu silditaja elektroenergijas padeve.

2 Seriju apstrade var jaukta veida izpildit protokolus, kuros tiek izmantots Skidums Epitope Retrieval Solution 1
un 2.

3 Slaidus, kam tiek veikta priekSapstrade ar siltumu, var novietot kopa uz paplatém ar tiem slaidiem, kam netiek
veikta priekSapstrade ar siltumu — slaidi, kam netiek veikta priekSapstrade ar siltumu, tiek mitrinati ar epitopu
izguves Skidumu apkartéjas vides temperatura, kamer tiek apstradati pargjie slaidi.

Enzimu priekSapstrade

1 PriekSapstrades ar enzimiem protokoli ir saderigi, ja :

 tiemirvienads darbibu skaits,
* vienads katras darbibas inkubacijas laiks.
2 Serijas apstrades laika var izmantot maksimali divus enzimu veidus.

3 Slaidus, kam tiek veikta enzimu priekSapstrade, var novietot kopa uz paplatém ar tiem slaidiem, kam netiek
veikta enzimu priekSapstrade — slaidi, kam netiek veikta enzimu priekSapstrade, tiek mitrinati apkartéjas vides
temperatura, kamer tiek apstradati pargjie slaidi.

6.9.1.4 ISH denaturacija

Denaturacijas protokoli ir saderigi, ja tiem ir vienads inkubacijas laiks. Inkubacijas temperatura var atSkirties.

6.9.1.5 ISH hibridizacija

Hibridizacijas protokoli ir saderigi, ja tiem ir vienads inkubacijas laiks. Inkubacijas temperatura var atskirties.

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 164



Protokoli (BOND kontroller)

BOND programmatura protokoli ir posmu seérija, kas veikta audu paraugu iekrasoSanai.

Jusu BOND sistéma ir aprikota ar iepriek$definétu Leica Biosystems protokolu kopumu, ko nevar ne redigét, ne dzést.

Leica Biosystems ir apstiprinajis iepriekSdefinétos protokolus. Tomer pielagotus protokolus var izveidot, kopéjot un
redigejot esosos ieprieks definétos protokolus.

BRIDINAJUMS: Visi pielagotie protokoli ir javalidé saskana ar vietéjam laboratorijas proceddram un
prasibam. lespéja izveidot un saglabat protokolu nenorada, ka tas ir piemeérots attiecigajam
uzdevumam.

Saja nodala ir Sadas sadalas:
» 7.1 Protokolu veidi

7.2 Protokola iestatisanas ekrans

7.3 Jaunu protokolu izveidoSana

7.4 Lietotaju protokolu redigésana

7.5 Protokolu parskati

7.6 leprieksdefinétie protokoli
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7.1 Protokolu veidi

Visiem protokoliem BOND sistéma ir noteikts “veids” atbilstoSi konkrétajam funkcijam, kuram tos paredzéts izmantot.
Piemeram, priekSiekrasoSanas HIER protokoli ir viens veids, savukart IHC seciga multipleksa iekrasojuma
iekraso$anas protokoli cits veids.

¢ Protokola veidu nevar mainit.

* Laiizveidotu jaunu protokolu, jums ir janokope tada veida esoSs protokols, kadu vélaties izmantot jaunajam
protokolam. Péc tam jus varat pec nepiecieSamibas redigét protokola darbibas.

Parasti ikviena apstrades cikla tiek apstradati vairaki dazadu veidu protokoli, lai sagatavotu slaidus, izmantotu
markierus un péc tam izmantotu hromogénus. Sis secibas un tajas izmantotos protokolus parasti ir nepiecie$ams
mainit multipleksa iekrasojuma iekraso$anas cikliem.

e 7.1.1 lekrasoSanas rezimi

e 7.1.2 Protokolu seciba

/1. lekrasosanas rezimi

BOND sistémai ir tris iekrasoSanas rezimi.
« Single (Vienkara) — viena markiera un hromogéena izmanto$ana vienam slaidam.

« Parallel multiplex (Paralélais multiplekss) - divu dazadu markieru un hromogénu izmanto$ana uz viena slaida.
Markieri tiek sajaukti kokteill un uzklati ar vienkarsu iekrasoSanas protokolu.

« Sequential multiplex (Secigais multiplekss) - divu dazadu markieru un hromogénu izmanto$ana uz viena
slaida. Markieri tiek lietoti viens péc otra atseviSkos iekraso$anas protokolos.

Katram iekrasoSanas protokolam ir “iekrasoSanas metode”, kas norada ta lomu attieciba uz multiplekso vai vienkarso
iekraso$anu.

Vienkarsai iekraso$anai ir tikai viena iekraso$anas metode “Single” (Vienkarsa).
Paralélai multipleksa iekrasoSanai ir tikai viena iekraso$anas metode “Parallel multiplex” (Paralélais multiplekss).
lepriek$ definétajiem seciga multipleksa iekrasojuma iekrasosanas protokoliem ir iestatita “Single” (Vienkarsa)
iekrasoSanas metode, ko nevar mainit. Tomér varat kopét Sos ieprieks definétos protokolus un modificét
iekrasoSanas metodi athilstosi savam prasibam.
Seciga multipleksa iekrasojuma iekrasoSanai ir Sadas iekrasoSanas metodes.

o First (Pirma) - izmanto pirmajam protokolam seciga multipleksa iekrasojuma iekrasosana

« Final (Pédgjais) - izmanto pédejam protokolam seciga multiplekss iekrasojuma iekrasosana

Piemeéram, lietotaja izveidotu protokolu var konfigurét lietosanai ka vienkarSu protokolu vai ari to var konfigurét
lietoSanai ka sakotnejo protokolu un/vai pedejo protokolu. Noteikti parskatiet visu protokolu, lai parliecinatos, ka visas
darbibas ir piemérotas visam iekraso$anas metodem (pieméeram, vienam protokolam ir pretgjs iekrasojums, kas nav
nepiecieSams iepriek$gjiem protokoliem).

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 166



Nodala 7 Protokoli (BOND kontroller)

Protokolu veidi un iekrasoSanas metodes ir aplukojamas talak tabula.

lekrasosana IHC iekraso$ana - Vienkarsa Protokols vienas antivielas noteiksanai,
vienkarsa iekrasosana veicot vienkarsu iekrasoSanu.
IHC iekrasoSana - Vienkarsa Protokols vienas antivielas noteikSanai,
seciga multipleksa veicot vienkarsu iekrasosanu.
iekrasojuma _ . - - S
eraso) Sakotnéjais Protokols pirmas antivielas noteikSanai,
iekrasoSana . ! . S
veicot secigu multipleksa iekrasojuma
iekrasoSanu
Pedéjais Protokols pedejas antivielas noteik$anai,
veicot secigu multipleksa iekrasojuma
iekrasoSanu
IHC iekrasoSana Paraléls multiplekss ~ Protokols antivielu kokteila noteiksanai,
&l tiolek veicot paralélu multipleksa iekrasojuma
Paralela multipleksa iekrasoganu.
iekrasojuma
iekrasoSana
ISH noteikSana - Vienkarsa Protokols vienas zondes noteiksanai,
Vienkaréa veicot vienkarsu iekrasosanu.
ISH noteikSana - Seciga Vienkarsa Protokols vienas zondes noteikSanai,
multipleksa iekrasojuma veicot vienkarsu iekrasoSanu.
iekrasoSana I o G
Sakotnejais Protokols pirmas zondes noteik$anai,
veicot secigu multipleksa iekrasojuma
iekrasoSanu
Pédejais Protokols pédejas zondes noteik$anai,
veicot secigu multipleksa iekrasojuma
iekrasoSanu
ISH noteikSana Paraléls multiplekss Protokols kokteilu zonZu noteik$anai,

veicot paraléelu multiplekso iekrasoSanu

Paraléla multipleksa (3aja kategorija pasreiz nav protokolu).

iekrasojuma
iekrasosana

PriekSiekrasoS$ana  SagatavoSana n/p Atvasko vai karsé slaidu (audu sakerei),

pec tam atvasko audus.

PriekSapstrade ar n/p Epitopu izguve, izmantojot karstumu
siltumu
Enzimu priekSapstrade  n/p Epitopu izguve, izmantojot enzimus
ISH denaturacija n/p DNS ISH denaturacijas protokoli
ISH hibridizacija n/p ISH hibridizacijas protokoli
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/7.1.2  Protokolu seciba

Parasti katram slaidam tiek izmantota dazadu veidu protokolu seciba. Ta ir sagatavo$anas, epitopu izguves,
denaturacijas, hibridizacijas un iekrasoSanas protokolu izlase, kas atbilst attiecigo audu, markieru un visparigo
laboratorijas procediru vajadzibam. So secibu var iestatit katram slaidam individuali slaidu izveido$anas laika (skatit
6.5.2 Slaida izveidosana), tacu BOND programmatura |auj iestatit arf noklusejuma protokolus, lai paatrinatu slaidu
izveidoSanu, kad nav nepiecieSami specializéeti protokoli:

« noklusejuma sagatavo$anas protokols (pieméram, *Atvaskos$ana) ir iestatits visai BOND sistémai

administrésanas klienta profila (skatit 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi);

* visu paréjo protokolu veidu noklusejuma vertibas ir iestatitas katram markierim ekrana Reagent Setup
(Reagentu iestati$ana) (skatit 8.2.1 Reagentu pievienosana vai redigesana).

lestatiet piemérotus nokluséjuma protokolus ta, lai maksimali samazinatu atsevisku slaidu sagatavosanai veltito

laiku. NepiecieSamibas gadijuma slaidu izveidoSanas laika jus varat mainit atsevisku slaidu protokolus.
Kartibu, kada tiek veikta protokolu izpilde seciba, automatiski iestata BOND programmatdra, un ta ir redzama talak
tabula. Dozé$ana no zondem un iznemsSana nav ieklauta neviena protokola — ari tas notiek automatiski.

Kartiba Protokols (vai zonde) IHC vai ISH Komentars

1 SagatavosSana Abi Izveles vaska nonemsana sistema,
sagatavojoties kimijai.

2 Karstuma izraisita epitopu ieguve Abi Lielakajai dalai slaidu tiek izpildits HIER vai EIER
(HIER) protokols — dazkart abi, bet citkart — neviens.

(karstuma ierosinata epitopu izguve)

3 EIER Abi

(enzimu ierosinata epitopu izguve)

4 Zondes pielietojums Hibridizacija  Lietotajs neatlasa So opciju — BOND automatiski
(ISH) iek|auj attiecigo protokolu.

5 Denaturacija Hibridizacija  Denaturacijas protokols DNS zondém.
(1SH) DNS zondem vienmer jaizmanto denaturacija.

6 Hibridizacija Hibridizacija  NepiecieSams ISH hibridizacijas protokols vai
(ISH) neviens cits.

7 Zondes nonem$ana Hibridizacija  Lietotajs neatlasa So opciju — BOND automatiski
(ISH) iek|auj attiecigo protokolu.

8 lekrasoSana Abi NepiecieSamais protokols hromogénu un saistito

reagentu izmanto$anai. Saja protokola tiek
padoti IHC primarie.

Protokolu secibam atlasitos protokolus var noteikt ieprieks vai izveidot pielagotus protokolus un atlasit tos (skat.
7.3. nodala: Jaunu protokolu izveidosana).
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7.1.2.1  Seciga multipleksa iekrasojuma iekrasoSanas protokoli un protokolu
seciba

Seciga multipleksa iekrasojuma cikli butiba tiek darbinati, vienu pec otra secigi veicot divus iekrasoSanas ciklus. Tas
var but jebkadas IHC protokolu un/vai ISH protokolu kombinacijas. Parasti, tacu ne visos gadijumos, pirmaja markiert
izmanto sistemu BOND Polymer Refine Detection System ar DAB hromogénu, bet otraja markiert izmanto BOND

Polymer Refine noteikSanas sistemu ar sarkanu krasvielu ar Fast Red hromogenu.

BieZi vien, izmantojot otro markieri, dazus seciba iek|autos protokolus var izlaist, vai arl, ja tie ir iek|auti, tie batu
jamaina. lekrasosanas protokolu pirma un otra markiera darbibas ari parasti butu jamaina (protokoliem ir obligati
nepiecieSamas noteiktas izmainas, lai butu iestatita atbilstoSa iekrasoSanas metode — skatit 7.1.1 lekrasosanas
rezimi). Turpmak ir sniegti dazi ieteikumi par seciga multiplekss iekrasojuma iekraso$anas protokolu un protokolu

secibas modifikacijam. Ikviena gadijuma jums ir javeic savi testi, lai parbauditu rezultatus.

« Sagatavo$anas protokolus (pieméram, atvaskoS$anu) var palaist tikai pirma markiera seciba — programmatra

nelauj izveleties sagatavoS$anas protokolu otrajai iekrasoSanas protokola secibai.

» Epitopu izguvi var but nepiecieSams veikt tikai vienreiz, pirms tiek izmantots pirmais markieris. Ja otrajam
markierim ir nepiecieSama papildu izguve, var but pietiekams 1saks laiks vai zemaka temperatura.

 JajUs veicat multipleksa iekrasojuma iekraso$anu ar divam zondém, biezi vien denaturaciju ir nepiecieSams
veikt tikai vienu reizi, pirms tiek izmantots pirmais markieris. Ja otrajam markierim ir nepiecieSama papildu
denaturacija, tas ilgumam parasti ir jabut isakam.

* lekrasoSanas protokoliem labaki rezultati parasti tiek panakti, ja no pirma protokola beigam tiek nonemts
krasvielas (pieméram, hematoksilina) segments. Tas tiks saglabats otrajam protokolam.
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/.72  Protokola iestatisanas ekrans

Protocol setup

Lai stradatu ar protokoliem, funkciju josla noklikskiniet uz kS ikonas Protocol setup (Protokola iestatiSana).

Attéls 7-1: Ekrans Protocol setup (Protokola iestati$ana)

D) Protocol setup
sl *IHC Protacol F IHC staining BOND Polymer DAB System for IHC Leica 812712020 v
-c . “IHC Protocol G IHC staining Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 8127/2020 v
m *IHC Protocol H IHC staining Bond Oracle IHC System protocol Leica 8/27/2020 4
, “IHC Protocol J IHC staining BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 8127/2020 v
sy
-c [ ] *IHC Pratocol K IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
S “IHC Protocol K - 50 Test IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
“ *IHC Protocol @ IHC staining BOND Polymer DAB System with altered Px on [HC Leica 8/27/2020 L4
‘I;- *FISH Protocol A ISH detection FISH System protocol - 30 Test Leica 8127/2020 v
-c “FISH Protocol C ISH detection FISH wash protocol Leica 8127/2020 L4
m *FISH Protocol D ISH detection FISH wash protocol (DS9636 and D39604) Leica 8127/2020 v
s “ISH Protocol A ISH detection BOND Polymer RNA ISH Protocol Leica 812712020 v
'c - *“ISH Protocol B ISH detection BOND Polymer DNA ISH Pratocol Leica 8/27/2020 4
TH_B3
ale
-
sle
oy Protocol group: Protocol type: Staining method Protocol origin: Preferred status:
) Staining B ~ B~ B ~ B e B

Ekrana Protocol setup (Protokola iestati$ana) ir tabula, kura noraditi visi protokoli, ka art dazi pamatdati.
lepriek§definétie protokoli ir atziméti ar zvaigzniti (*), kas ir pirma to nosaukuma un saisinata nosaukuma rakstzime.

Saja tabula var atlasit protokolu tadam darbibam ka kopésana, redigésana un parskatu veidosana. Sim darbibam var
piek|at, izmantojot virs tabulas eso$as pogas vai izvelni, kuru var atvert ar peles labo pogu.

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo protokola veidu. Jus varat atlasit iekraso$anas un priekSiekrasoSanas
protokolus un precizét tos, lai paraditu konkrétus protokolu veidus (skatit 7.7 Protokolu veidi). Turklat jis varat filtrét
iekrasoSanas metodi, protokola izcelsmi un velamo statusu.
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Protokolu saraksta informacija ir aprakstita turpmak.

Cosaams | praas | s

Protokola Pilns protokola nosaukums. lepriekSdefinétie (Leica Biosystems) protokoli
nosaukums vienmer sakas ar zvaigzniti (*)
Protokola veids Apraksta protokola darbibu. Skatiet 7.1 Protokolu veidi.
Apraksts Apraksta protokola funkciju un
pielietojumu.
Modificéja Norada personu, kas izveidojusi vai Leica apzime iepriekSdefinétu Leica Biosystems
pedejoreiz modificejusi protokolu. protokolu

Mod. datums  Protokola izveidoSanas vai pedejo
modifikaciju ievieSanas datums.

Veélamais Parada protokola vélamo statusu. Atzimets - Sis ir velamais protokols, kas pieejams
atlasei dialoglodzina Add Reagent (Pievienot
reagentu) un Add Slide (Pievienot slaidu).

Neatziméts — $is nav vélamais protokols, un tas nav
pieejams atlasei dialoglodzina Add Reagent
(Pievienot reagentu) un Add Slide (Pievienot slaidu).
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7.2.1  Protokola informacija

Lai atvéertu ekrana Protocol setup (Protokola iestati$ana) redzamu protokolu skati$anai vai redigeésanai, veiciet

dubultklikski uz ta (vai iezimgjiet to un péec tam noklikskiniet uz Open (Atvért)). Programmatira atveras dialoglodzins
Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus) ar protokola informaciju.

lepriek$definétiem Leica Biosystems protokoliem var redigét tikai iestatijumu "Velamais”, savukart lietotaja

protokoliem var mainit citus iestatijumus.

Attéls 7-2: Lietotaja protokola dialoglodzin$ Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus)

Edit protocol properties
Name IHC Protocel F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB System for IHC
Staining methad «  single Preliminary Final « Prefered
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
[t | ok |~ Rosgen | Sopplor | i | Tomparre | b |

1 *MARKER Leica Microsystems 28 15:00

4 *Post Primary Leica Microsystems v 800

7 “Peroxide Block Leica Microsystems v 3:00

10 *Polymer Leica Microsystems v 800

14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems ' 500

15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00

18 “BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems ' 400

Show wash steps. Insert segment | Duplicate | Delete segment

Dialoglodzina tiek paradita cilne katram apstrades modula veidam (BOND-MAX, BOND-III, un BOND-PRIME). Ja
neviens apstrades modulis nav nodots ekspluatacija, tiek radits tikai BOND-MAX un BOND-III. Lai redzetu ta cilni, jums
ir japasuta vismaz viens BOND-PRIME apstrades modulis.

Ir pieejama ari poga Import protocol (Importét protokolu), kas paradas, kad tiek veidots jauns protokols vai redigéts
lietotaja protokols. Detalizetu informaciju skatiet 7.4.4 Vairaku apstrades modulu veidi un protokola versijas.

Zem tabulas atlasiet Show wash steps (Radit mazgasanas darbibas), lai skatitu visas protokola darbibas (tostarp
mazgasanas darbibas). Nonemt atlasi, lai pasléptu mazgasanas darbibas.

Dialoglodzina Edit Protocol properties (Redigéet protokola rekvizitus) tiek radita talak noradita protokola informacija.

Nosaukums Pilns protokola nosaukums.

Salsinatais Salsinatais protokola nosaukums, ko izmanto, pieméram, uz slaidu etiketem.
nosaukums

Apraksts Iss protokola apraksts.

lekraso$anas metode  (Skatit talak)

Protokola veids Veids norada protokola funkciju un nosaka pielaujamos posmus un reagentus.
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Velama noteikSanas  Vélama noteikSanas sistéma Sim protokolam.

sistema , o .
Tas neattiecas uz prieksiekrasoSanas protokoliem.

Saja dialoglodzina tabula zem protokola informacijas ir noradita katra protokola darbibas un ta rekviziti (skatit Attéls
7-2). Saja tabula redigeé lietotaju protokolu redigéjamas darbibas (skatit 7.4 Lietotaju protokolu redigésana).

Tabula ir paradita $ada informacija:

Darbibas nr. Seciba, kada tiks veiktas protokola darbibas.
Mazgasana Atzimets, ja darbiba ir mazgasanas darbiba.
Reagents Darbiba izmantotais reagents.

Piegadatajs Reagenta piegadatajs. To nevar redigét.

Apkartejas vides  Parbaudiet, vai darbiba ir apkartéjas vides temperatura.

temperatira

Temperatira Atlasita slaidu temperatira, ja ta atSkiras no apkartgjas vides temperatiras (tikai
priekSiekrasoSanas protokoliem).

Ink. (min.) Minimalais laiks, kadu reagents atradisies uz slaida.

lekrasoSanas metode

lekrasoSanas protokoli ietver sadalu “lekrasoSanas metode”. Vienkarsas un secigo multiplekss iekrasojuma
iekrasoSanas protokoliem ir pieejamas $adas opcijas:

« Single (Vienkarsais) — protokols ir paredzéts vienkarsas iekrasosanas cikliem,
« Preliminary (Sakotngjais) - seciga multiplekss iekrasojuma iekraso$anas pirmais protokols
« Final (Pédgjais) — seciga multiplekss iekrasojuma iekraso$anas pédejais protokols

Paraléla multipleksa iekrasojuma iekraso$anas protokoliem ir tikai viena iekrasoSanas metode: Parallel multiplex
(Paraléla multipleksa iekrasojuma iekraso$ana).

Skatiet 7.1.1 lekrasosanas rezimi, lai iegutu papildu informaciju par iekrasoSanas metodem.

Statuss “Preferred” (Vélamais)

Dialoglodzina Add Reagent (Pievienot reagentu) un Add Slide (Pievienot slaidu) atlasei ir pieejami tikai vélamie
protokoli, tade| ir ieteicams atlasit ka velamus tos protokolus, kurus planojat izmantot. Lai to izdaritu, atziméjiet
izvéles rutinu Preferred (Vélamais) — nonemiet atlasi, lai dzéstu protokolu no vélamo protokolu saraksta.
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/.3 Jaunu protokolu izveidoSana

Jus varat izveidot jaunus protokolus, kopéjot pastavosus lietotajus vai Leica Biosystems protokolus. Kopéjot
protokolu, protokola veids saglabajas nemainigs, un vélak to vairs nevar mainit. Tadéjadi, ja vélaties izveidot jaunu
IHC protokolu, jums ir jakope pastavoss IHC protokols; lai izveidotu HIER protokolu, jakopé pastavosu HIER protokolu
un ta talak.

Lai kopétu protokolu, atlasiet to ekrana Protocol setup (Protokola iestatiSana) redzamaja saraksta un péc tam
noklikSkiniet uz pogas Copy (Kopét). Atlasita protokola kopija tagad paradas dialoglodzina New protocol properties
(Jauna protokola rekviziti) un ir gatava redigesanai.

Jaunajam protokolam ir janorada unikals nosaukums un saisinatais nosaukums, kam jaatbilst visiem noteikumiem,
kas noraditi 7.4.3 Protokolu noteikumi. Iznemot protokola nosaukuma un saisinata nosaukuma mainu, jums nav
jamaina neviena cita jauna protokola dala. Tomer, protams, jus varat mainit jebkuru protokola aspektu, ka aprakstits
7.4 Lietotaju protokolu redigésana.

Pec BOND-IIl vai BOND-MAX redigeésanas noklikskiniet Save (Saglabat). Ja protokols atbilst noteikumiem, jums lugs
apstiprinat, ka jus izveidojat protokolu “uz savu atbildibu”. Sis zinojums ir atgadinajums, ka Leica Biosystems nevar
prognozet neviena lietotaja izveidota vai redigéta protokola rezultatu kvalitati. Péc tam, kad apstiprinasiet, ka esat
gatavs(-a) turpinat, protokola izmainas tiks saglabatas.

Informaciju par BOND-PRIME, skatit BOND-PRIME specifiski protokola noteikumi.

‘ Pirms lietoSanas visiem protokoliem jabut apstiprinatiem jusu laboratorija.
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7.4 Lietotaju protokolu redigésana

Jus varat redigét lietotaja protokolus (bet ne Leica Biosystems protokolus), izmantojot dialoglodzinu Edit protocol
properties (Redigét protokola rekvizitus). Lai redigétu protokolu, atlasiet to saraksta ekrana Protocol setup (Protokola
iestatiSana) un péc tam noklikskiniet Open (Atvert) (vai veiciet dubultklikski uz protokola). Tapat jus varat konfigurét
jaunu protokolu, kopégjot pastavosu ta pasa veida protokolu un redigéjot to (skatit 7.3 Jaunu protokolu izveidos$ana).

lekrasoSanas protokolos var pievienot un dzest reagentu darbibas, ka ari iestatit jaunus reagentus un inkubacijas
laikus. Var pievienot vai dzést papildu mazgaSanas darbibas.

*Bake and Dewax (Karsé$anas un atvasko$anas) protokoliem varat mainit tikai karse$anas darbibas laiku un
temperatdru. Citiem iepriek$€jas iekraso$anas protokoliem (HIER, enzimi), temperatras un inkubacijas laikus dazam
darbibam var mainit. Sarakstu ar atlautajam izmainam skatiet 7.4.3 Protokolu noteikumi.

Ta ka péc jauna reagenta dozesanas ir javeic mazgasanas posms, jauna reagenta posma iek|ausana iekraso$anas
protokola automatiski pievieno protokola “segmentu’, kas sastav no reagenta darbibas un turpmakiem tris
mazgasanas posmiem (BOND-IIl un BOND-MAX) vai diviem mazgasanas posmiem (BOND-PRIME).

Redigéejot protokolu, mainitas vai jaunas darbibas, kuram ir visa nepiecieSama informacija, kreisaja pusé ir atzimetas
ar zalas krasas joslu. Darbibas, kuram nepiecieSama papildu informacija, ir atzimétas ar sarkanas krasas joslu.

Redigesanas laika jus varat skatit visas protokola darbibas vai pasléept mazgasanas darbibas, izmantojot zem tabulas
esoso opciju Show wash steps (Radit mazgasanas darbibas).

lespeja izveidot un saglabat protokolu nenorada, ka tas ir piemerots paredzéetajam uzdevumam.
Jums jauznemas atbildiba par ikvienu izveidota vai redigéta protokola testéSanu un apstiprinasanu.

Saja sadala aplikotas turpmak minétas témas.

» 7.4.1 Protokola darbibu redigésana

7.4.2 Protokola posmu pievieno$ana un dzéSana

7.4.3 Protokolu noteikumi

7.4.4 Vairaku apstrades modulu veidi un protokola versijas

7.4.5 Protokolu dzésana

7.41  Protokola darbibu redigesana

|Izpildiet talak sniegtos noradijumus, lai dialoglodzina New protocol properties (Jauna protokola rekviziti) konfigurétu
jaunu protokolu vai dialoglodzina Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus) redigétu esosu protokolu. Lai
nodroSinatu deriga protokola izveidi, skatiet 7.4.3 Protokolu noteikumi.

lkreiz, kad saglabajat protokolu, ta kopija tiek saglabata sistéma. Izveidojot protokola parskatu (skatit 7.5 Protokolu
parskati), jums ir jaatlasa datums, kura protokols bija aktivs. Lai izvairitos no vairakam liekam protokola versijam,
saglabajiet protokolus tikai pec konfiguré$anas pabeig$anas.
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1 Jauniem protokoliem ierakstiet protokola nosaukumu un saisinato nosaukumu.
Pec izveles ierakstiet protokola aprakstu.

lestatiet iekraso$anas protokola iekraso$anas metodi (skatit 7.1.1 lekrasosanas rezimi).

N w0

lestatiet protokolam statusu Preferred (Vélamais (skatit Statuss “Preferred” (Velamais)).

5 lekrasoSanas protokoliem nolaiZzamaja saraksta Preferred detection system (Velama noteik$anas sistéma)
atlasiet protokola izmantojamo noteikSanas sistemu.

6 Pievienojiet vai dzésiet protokola darbibas (skatit 7.4.2 Protokola posmu pievienosana un dzésana), lidz
iegustat protokola nepiecieSamo darbibu skaitu.

7 Paredzéts tikai BOND-MAX un BOND-III, mainiet redigéjamos parametrus jaunas un eso$as protokola darbibas,
vispirms divreiz noklikSkinot uz parametra, kuru vélaties mainit.

a Paredzets BOND-MAX un BOND-III, nolaiZamaja saraksta atlasiet reagentu.
b Informaciju par BOND-PRIME, skatiet noteikumos, kas minéti 7.4.2.1 Reagentu segmenti.

¢ Piezime. Atlasiet *MARKER (Markieris), lai noraditu darbibu, kura primara antiviela tiek izmantota IHC
protokolos. Mazgasanas darbibas var izmantot tikai Skidumu *BOND Wash Solution vai dejonizétu Gdeni.

d lestatiet inkubacijas laiku minatés un sekundés (mm:ss). Tas ir minimalais laiks, kuru slaids tiek izturéts
pirms nakamas darbibas. Informaciju par inkubacijas laika ierobezojumiem skatiet sadalas
7.4.3 Protokolu noteikumi . punkta.

e Parasti:

« BOND-MAX un BOND-IIl reagenta uzklasanas darbibam Leica Biosystems iesaka inkubacijas laiku,
kas nav ilgaks par 30 minatém. Ja nepiecieSami ilgaki darbibas laiki ta pasa reagenta dozesanai,

izveidojiet dublétus posmus (skatit 7.4.2.2 Dublétas reagentu darbibas). Tas neattiecas uz BOND-
PRIME protokoliem.

« BOND-PRIME reagenta uzklasanas darbibam Leica Biosystems iesaka inkubacijas laiku, kas nav
ilgaks par 20 minutem, ja tiek veiktas uzsilditas priekSapstrades darbibas. Informaciju par
minimalo inkubacijas laiku, skatit BOND-PRIME specifiski protokola noteikumi.

f Parastireagenta uzklaganas darbibam Leica Biosystems iesaka inkubacijas laiku, kas nav ilgaks par
30 minutém. Ja nepiecieSami ilgaki darbibas laiki ta pasa reagenta dozesanai, izveidojiet dublétus
posmus (skatit 7.4.2.2 Dublétas reagentu darbibas).

g Parasti reagenta uzklasanas darbibam Leica Biosystems iesaka inkubacijas laiku, kas nav ilgaks par
30 minatem.
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h lestatiet temperatiru (daziem posmiem prieksiekraso$anas protokolos).

Ja velaties iestatit temperaturu, kas nav apkartéejas vides temperatura, vispirms nonemiet atzimi no
parametra Ambient (Apkartéja gaisa temperatira). Péc tam atlasiet tukSo parametru Temperature
(Temperatira) un ievadiet temperaturu Celsija grados ka veselu skaitli.

Ja véelaties mainit temperaturu uz apkartéjas vides temperatiru, atlasiet un tad atzimejiet parametru
Ambient (Apkartéja gaisa temperatara).

Informaciju par pielaujamo temperaturas diapazonu skatiet sadalas 7.4.3 Protokolu noteikumi . punkta.

i Noklikskiniet uz jebkura cita posma, lai apstiprinatu mainitos parametrus.

/.47  Protokola posmu pievienoSana un dzesana

JUs varat pievienot un dzest darbibas lietotaja IHC un ISH protokolos, bet ne darbibas pirmsiekrasoSanas protokolos.

Pievienojiet vai dzesiet darbibas, izmantojot zem protokola darbibu tabulas pieejamas pogas. Pogas ir kontekstjutigas
un to pieejamiba un funkcijas mainas atkariba no izvelétas darbibas.
Sikaki noradijumi ir sniegti talak sadalas

o 7.4.2.1 Reagentu segmenti

e 7.4.2.2 Dublétas reagentu darbibas

e 7.4.2.3 Mazgasanas posmi

7.4.2.1 Reagentu segmenti

Jauna reagenta segmenta pievienosana (reagenta darbiba un tris obligati mazgasanas posmi (BOND-IIl un BOND-
MAX) vai divi obligati mazgasanas posmi (BOND-PRIME))

1 Atlasiet reagentu un noklikskiniet uz Insert segment (levietot segmentu). Jaunais segments ir ievietots virs
attieciga reagenta.

‘ Atlasot pédejo reagentu, varat izveléties ievietot jauno segmentu zem attieciga reagenta.
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New protocol properties
Name: IHC Protocol H - 1
Abbreviated name: IHC H1
Deseription: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method ¥ Single Preliminary Final «  Preferred
BOND-MAX BOND-II Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system Bond Oracle HER2 IHC System @
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
%) Showstps (mersegnen 1 Dt 1 Dot segment

Saraksta paradas jauns segments (ar reagentu un mazgasanas darbibam). Mazgasanas darbibas ir atzimétas
ar zalas krasas joslu, kas norada saglabataja protokola veiktas izmainas. Reagenta darbiba ir atziméta ar
sarkanu joslu, kas norada, ka darbibai ir jaatlasa reagents.

New protocol properties
Name: IHC Protocol H - 1
Abbreviated name: IHC H1
Description Bond Oracle IHC System protocol
Staining methad ¥ Single Preliminary Final « Preferred
BOND-MAX BOND-Il Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System n @
T B I e B
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00 B
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 5 *MARKER Leica Microsystems. v 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
9 “MARKER Leica Microsystems v 30-00
10 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
11 - *Rond Wash Solution Leica Microsvstems - 0:00
/| Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete segment

2 NoklikSkiniet uz tuk$a Reagent (Reagenta) parametra un nolaizamaja saraksta atlasiet nepiecieSsamo
reagentu.

Redigéjiet citus jauna reagenta un mazgasanas posmu parametrus pec nepiecieSamibas.
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3 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

Tiek paradits apstiprinajuma dialoglodzins.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

4 Noklikskiniet uz Yes (Ja).

Lai dzestu segmentu, atlasiet reagentu un noklikskiniet uz opcijas Delete segment (Dzést segmentu). Lai dzéstu
segmentu ar dublétu reagentu, vispirms izdzésiet dublgjumu.
Lai iegutu labakos iekrasosanas rezultatus BOND-PRIME:

 NEIZDZESIET hromogéno segmentu;

» NEPARDEVEJIET reagentu segmentu;

» NEKARTOQJIET seciba Peroksida bloku péc poliméra.
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7.4.2.2 Dubletas

reagentu darbibas

Dubleéta darbiba ir tada darbiba, kur divi vai vairaki identiski reagenti tiek izmantoti viens péc otra bez mazgasanas

darbibas starp tiem.

1 Posmu saraksta atlasiet reagenta darbibu, lai to dublétu.

Noklikskiniet Duplicate (Dublét).

Name
Abbreviated name:

Description:

Preferred detection syste

Staining method +  Single Preliminary Final

BOND-MAX BOND-II

Edit protocol properties

IHC Protocol H- 2
IHC H2
Bond Oracle IHC System protocol

| Preferred

Import protocol

m: Bond Oracle HER2 IHC System - @

Protocol type: IHC staining

a anaanr [ Y C—— -

+ Show wash steps

Cancel

1

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystemns v 0:00
3 vy *Bond Wash Solution Leica Microsystems vy 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 10:00
6 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 g *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
& g *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

an-nn d

Insert segment || Duplicate | | Delete segment
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2 Virs pasreizejas darbibas tiek pievienota jauna darbia ar Sai darbibai identiskiem parametriem.

Jauna darbiba ir atziméta ar zalas krasas joslu, kas norada izmainas no saglabata protokola.

x
Edit protocol properties
Name: IHC Protocol H - 2
Abbreviated name: IHC H2
Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method +| Single Preliminary Final «  Preferred
BOND-MAX BOND-III Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System n @
[Sepn | Voo | Rosgm | Supler | Anven | Tmporare | b ||
1 *Peroxide Block Leica Microsystems g 5:00 =
2 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
3 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
| I 5 *MARKER Leica Microsystems s 10:00
] *MARKER Leica Microsystems o 10:00
T v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
n - Lo TR TSR A I atoe Ml nneenb - n-nn M
+ | Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete duplicate

3 NepiecieSamibas gadijuma rediggjiet jaunas darbibas inkubacijas laiku.

@ Ja mainat dublétas darbibas reagenta veidu, tiek mainitas ari visas paréjas reagentu darbibas
seciba — dubletam darbibam jaizmanto viens un tas pats reagents.
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4 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

Tiek paradits apstiprinajuma lodzins.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

5 Noklikskiniet uz Yes (Ja).

Lai dzéstu dublétu darbibu, atlasiet to un noklikskiniet Delete duplicate (Dzést dublikatu).

7.4.2.3 Mazgasanas posmi

MazgaSanas posmu pievieno$ana var mainit slaidu fluidikas Tpasibas un bt par iemeslu neapmierinosai
iekraso$anai. Pirms diagnostikas vienmeér validgjiet jaunus vai redigétus protokolus.

Pirms un péc hromogéna vai hematoksilina posma ir ieteicams ieklaut mazgasanas posms ar dejonizetu udeni.

@ Ja mazgasanas darbibas nav redzamas, zem darbibu saraksta atlasiet iespeju Show wash steps
(Radit mazgasanas darbibas).
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Papildu mazgasanas darbibas ievietoSana

1 Darbibu saraksta atlasiet esoSu mazgasanas darbibu (ISH un IHC protokoli).

2 Noklikskiniet Insert wash (levietot mazgasanu).

Name IHC Protocol H - 2

Abbreviated name: IHC H2

*Bond Wash Solution Leica Microsystems

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
5 *MARKER Leica Microsystems
6 *MARKER Leica Microsystems
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems
9 « *Bond Wash Solution Leica Microsystems
10 *MARKER Leica Microsystems
1 o *Rand Wash Salition Leica Microsvstems

+  Show wash steps

Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method +| Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-II
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System -

Edit protocol properties

L

L S N RN

8

Cancel

Import protocol

0:00

0:00

[“Sopr [ wosh |~ asgen | Suppter | bien | Tomporotre | _bcmi) ||
3 v 7

Insert wash | |

| Preferred

Protocol type: |HC staining

9

Gan ISH, gan IHC protokoliem jauna mazgaSanas darbiba tiek pievienota pasreizéjas mazgasanas secibas

beigas.

Jauna mazgasanas darbiba ir atziméta ar zalas krasas joslu, kas norada izmainas no saglabata protokola.

Name IHC Protocol H - 2

Abbreviated name: IHC H2

Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method: +  Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-IlI
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System [ - ]

Edit protocol properties

Import protocol

x

«  Preferred

Protocol type: IHC staining

9

| Show wash steps

Save

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
5 "MARKER Leica Microsystems v 10:00
6 "MARKER Leica Microsystems v 10:00
7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
9 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
| I 10 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. s 0:00
" *MARKER Leica Microsystems v 30:00

Insert wash |

| Delete wash
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3 Peéc nepiecieSamibas mainiet darbibas parametrus darbibu saraksta.
4 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).
5 Apstiprinajuma loga noklikskiniet uz Yes (Ja).

Lai dzeéstu mazgasanas darbibu, atlasiet to un noklikSkiniet uz iespgjas Delete wash (Dzést mazgasanu). Gan ISH, gan

IHC protokola varat iznemt tikai tadus mazgasanas posmus, kas seko obligatajiem mazgasanas posmiem.

New profocol properties
Name! IHC Protocol H
Abbreviated name: IHCH
Description: Bond Oracle IHC System protocol
Staining method | Single Preliminary Final | Preferred
BOND-MAX BOND-III Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System - g
4 v *Bond Wash Selution Leica Microsystems. v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 30:00
6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
I 9 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
10 *Post Primary Leica Microsystems. v 10-:00
1 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 2:00
+'  Show wash steps Insert wash | | | Delete wash

7.4.3  Protokolu noteikumi

lkvienam jUsu izveidotajam vai redigétajam protokolam ir jaathilst daziem pamata noteikumiem, lai varétu to
saglabat. Ludzu, nemiet vera, ka Sie noteikumi negaranté, ka, izmantojot protokolu, tiks ieguti apmierinoSi rezultati.

1 Protokola nosaukumam:
a jabut unikalam,
b jasakas ar rakstzimi, kas nav atstarpe vai zvaigznite.
2 Protokola saisinatajam nosaukumam:
a jabat unikalam,
b jasakas ar rakstzimi, kas nav atstarpe vai zvaigznite,
c jabut ne vairak ka 8 rakstzimem.
3 Visiem IHC protokoliem jaietver vismaz viena markiera darbiba.

4 Visiem iekraso$anas protokoliem ir jaietver vismaz viens reagents no Leica Biosystems noteik$anas sistémas.
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5 Reagenta posmam ir jaseko vai nu (vismaz) trim mazgasanas posmiem (paredzets BOND-IIl un BOND-MAX,
vai (vismaz) diviem mazgasanas posmiem, paredzéts BOND-PRIME) vai tam pasam reagentam.

6 lekrasoSanas protokolu pedejam tris darbibam ir jabut mazgasanas darbibam.
7 IHC iekrasoSanas protokolu gadijuma visu darbibu temperattram jaatbilst apkartejas vides temperaturai.

8 PriekSiekrasoSanas protokolu gadijuma sildiSanas darbibu temperaturai jabut talak tabula noraditajas robezas.

Protokola darbiba Temperatiiras diapazons (°C)

Karsésanas un atvaskosanas, sildiSanas darbiba 35-72
PriekSapstrade ar siltumu (BOND-IIl un BOND-MAX) 35-100
PriekSapstrade ar siltumu (BOND-PRIME) 35-104
Enzimu priekSapstrade 35-100
Denaturacija 70-100
Hibridizacija 37-65

9 Darbibu inkubacijas laikiem, kuri jaiestata minGsu un sekunzu izteiksme (mm:ss), jabut talak tabula noraditajas
robezas. Diapazoni netiek pieméroti:

Protokola darbiba Inkubacijas diapazons (minités)
Karsésanas un atvaskoSanas, sildiSanas darbiba 0-60
PriekSapstrade ar siltumu (apkartéjas vides temperatras darbibas) 0-15
PriekSapstrade ar sildiSanu (BOND-IIl un BOND-MAX sildiSanas 5-60
darbibas)
Priek$apstrade ar sildisanu (BOND-PRIME sildisanas darbibas) 2-20
Enzimu priek$apstrade (1. darbiba) 0
Enzimu priek$apstrade (enzimu darbibas) 0-15
Denaturacija 5-20
Hibridizacija 20-950
lekrasosanas protokoli, reagentu darbibas 0-60
lekrasoSanas protokoli, mazgasanas darbibas 0-55

10 Katrai darbibai jabut pilniba definétiem reagentu, inkubacijas laika un (attieciga gadijuma) temperatiras

iestatijumiem.
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17 Katra vienas iekrasoSanas un seciga multipleksa iekrasojuma iekrasoSanas protokolos var but tikai viens

12

sajaukts reagents (pieméram, jaukts DAB), ko izmanto maksimali divos protokola posmos. Seciga multipleksa
iekrasojuma iekrasos$anas proceddra var bat divi sajaukti reagenti — pa vienam katra protokola - un lidz
Cetram izmantoSanas darbibam - pa divam katra protokola.

Paraléla multipleksa iekrasojuma iekraso$anas protokolos var bt divi jaukti reagenti, un katru jaukto reagentu
var izmantot [idz divam reizém viena protokola.

Visu iekrasosanas protokola jauktajam(-iem) reagentam(-iem) nepiecieSamu komponentu avotam ir jabt
protokola vélamajai noteikSanas sistémai.

BOND-PRIME specifiski protokola noteikumi

Siltuma izguve

Darbiba lietotaja redigetaja BOND-PRIME HIER protokola nedrikst parsniegt inkubacijas laiku, kas ir 20 mindtes. Lai
izveidotu ilgaku protokolu, vai nu izmantojiet esosu HIER protokolu, piem., *HIER 40 min ar ER2, vai arf mainiet ilgaku
protokolu, lai saisinatu to lidz vélamajam inkubacijas laikam. Pieméram, lai izveidotu 25 minasu ER2 HIER protokolu:

1 kopéjiet *HIERER 30 min ar ER2.

New protocal properties

Name: [ *HIER 30 min with ER2 ]

Abbreviated name: [ *H2(30) ]

Description: 30 min Heat Refrieval using ER2

| Preferred

BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems o 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00

Show wash steps
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2 Mainiet otro karseé$anas darbibu no 10 minutém uz 5 mindtém un péc tam noklikskiniet uz Save (Saglabat).

New protocol properties
Name: HIER 25 min with ER2
Abbreviated name: H2(25)
Description: | 25 min Heat Retrieval using ER2|
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment
1 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems J 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20-00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
Show wash steps
=3

lekrasosana

Katram reagenta solim ir mi
redzamaja tabula ir attélots

nimalais inkubacijas laiks, kura protokols tiks pienemts apstrades moduli. Talak
minimalais inkubacijas laiks pienemamam protokolam BOND-PRIME.

Tabula 7-1: *IHC F un *IHC J inkubacijas minimalais pie|laujamais inkubécijas laiks sistéma BOND-PRIME

*IHC protokols F *IHC protokols J
DETT]E] Minimalais Darbiba Minimalais inkubacijas
inkubacijas laiks laiks (min.)

(min.)

Marker (Markieris) 9:00 Marker (Markieris) 9:00

Péec primara 5:00 Pec primara AP 11:00

Peroksida bloks n/p Poliméra AP 16:00

Polimers 5:00 Jaukts RED-PRIME 2:00

Jaukts DAB-PRIME 2:00 Jaukts RED-PRIME 2:00

Jaukts DAB-PRIME 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin n/p

BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Ja iestatat BOND-PRIME protokola darbibu uz laiku, kas isaks par ieprieks noradito laiku, BOND kontrolleris Jaus jums
saglabat protokolu. Tomeér, ieladéjot slaidu apstrades modula atvilktné Preload (leprieks€ja ielade), tiks paradits $ads
klGdas zinojums:

‘Nav iespejams apstradat slaidu. Nederiga protokola definicija. Nonemiet slaidu no atvilktnes Preload
(lepriekseja ielade) un pec tam parbaudiet protokolu. Ja probléma joprojam pastav, sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu (29012).”

Ja slaidi paslaik tiek apstradati ARC modulos, |aujiet Siem slaidiem pabeigt apstradi, pirms restartéjat apstrades
moduli.

7.4.4  Vairaku apstrades modulu veidi un protokola
versijas

BOND sistemas ar BOND-III, BOND-MAX un BOND-PRIME apstrades moduliem katram protokolam var but atseviska
versija tris apstrades modulu veidiem.

Leica Biosystems protokoli ir testéti un optimizéti izmantoSanai BOND sistemas. Leica Biosystems ir rapigi testéjis un
apstiprinajis Sos protokolus.

Dazadas protokola “tadas pasas” versijas ir saistitas ar aparaturas atSkiribam, pieméram:

« atraka dzeséSana BOND-IIl apstrades modulos (protokola darbibas, kuras slaidi tiek atdzeseéti, parasti ir isaki
BOND-IIl protokola versijas neka atbilstosas darbibas BOND-MAX versijas)

« jauna Aktivas reagentu kontroles (Active Reagent Control, ARC) modulu pamattehnologija BOND-PRIME.

Dazas protokola versiju atSkiribas nevar redzet programmatura attélotaja darbibu saraksta, pieméram, BOND-III

protokola versijas ietver sléptus noradijumus lielapjoma Skidruma robotiem, kas nav BOND-MAX apstrades modulos.
Visam BOND sistemam ir gan visu ieprieks definetas protokolu BOND-III, BOND-MAX un BOND-PRIME versijas.

Tomer, ja sistemai tiek pievienots jauns apstrades modula veids, jaunajam apstrades modula veidam ir jaizveido
eso$o lietotaja noteikto protokolu versijas. Veiciet to, importéjot Leica Biosystems ieprieks definétos protokolus, un

pec tam kopegjiet vai mainiet darbibas, ka nepiecieSams (skatit 7.4.4.1 Protokola versijas importésana).

@ BOND-PRIME - ja jusu laboratorijai ir nepiecieSams veikt talakas ieprieks$ defineto Leica Biosystems
protokolu izmainas (pieméram, *IHC F vai *IHC J), jumsiir:

« jaimporté/jakope ieprieks definéto protokolu laboratorijas paSreizeja protokola. Skatit
7.4.4.1 Protokola versijas importéSana.

* |evérojiet minimalos inkubacijas laikus, kas uzskaititi sadala Tabula 7-1 *IHC F un */HC J
inkubacijas minimalais pielaujamais inkubacijas laiks sistema BOND-PRIME.

* |everojiet BOND-PRIME iekrasoSanas secibu, jo ta ir optimizeta izmantoSanai sisttma BOND-
PRIME. Skatit 7.1.2 Protokolu seciba.
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7.4.41 Protokola versijas importesana

Lai izveidotu protokola versiju jauna apstrades modula veidam, izpildiet talak sniegtos noradijumus. So metodi var
izmantot arl, lai parrakstitu esosas protokola versijas, tomér parasti péc sakotnéjas konfiguréSanas tas nav
nepiecieSams.

Protokolus var parsutit tikai uz tiem pasiem apstrades modula veidiem, pieméram, BOND-III uz BOND-III un BOND-
PRIME uz BOND-PRIME.

1 Ekrana Protocol setup (Protokola iestatiana) atlasiet to lietotaja protokolu, kuram vélaties izveidot jaunu
versiju.

2 Noklikskiniet Open (Atvért).
Atveras dialoglodzin$ Edit protocol properties (Redigét protokola rekvizitus).

3 Noklikskiniet Import Protocol (Importét protokolu).

Mew prolocol properdies

Mama: Lak proboce

Abbreviated nams Imps

Description BOND Pobyrmar DAB System for IH(

Stalrdng mathad «  Single Prefirinary Fimal ¥ Prefencd
BOMD-MAX BOMDHI BOMND PRIME ! 1 protocol Protoce type: IHC sisining

Prafarred detaction system BOND-ITINE Polymar DAB Dubecton Syster - m

T I Sapiirtan e ) Dopwsorpa | ]

m

4 Atveras dialoglodzin$ Import Protocol (Importét protokolu).

5 Nolaizamaja saraksta Processing modules (Apstrades moduli) atlasiet jauna apstrades modula veidu.

Import profoco

Procesaing modubes|  BOND-PRIM -

Dialoglodzina attéloto protokolu saraksts tiek atjauninats, lai paraditu tikai tos protokolus, kuru versijas atbilst
atlasitajam apstrades modula veidam.
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6 Pec izveles atlasiet vai nonemiet atlasi Preferred (Velamais), lai paraditu tikai velamos protokolus vai visus
protokolus.

miport protocol

Processing modules | BOND-HHIME -

Pratacal nama Pratocal typa Prafemad detection system
"IHG Protoced F IHG staining ~ BOND-PRIME Polymsr DAB BOND Polymer OAB System for IHC

*IMC Protoced J IHC staining DOND-PRIME Paolymer AP Detaction.... BOND Polymer AP RED Systam for..

“IHC Protoced G HC: staining BOND-PRIME Paolymer DAB. . BOND Polymer DAB System with...

7 Saraksta atlasiet import€jamo protokolu.

Protokolu labakas prakses.
 Ja protokols ir paredzets BOND Polymer DAB sistémas IHC, atlasiet *IHC F.

» Ja protokols ir paredzets BOND Polymer AP Red sistemas IHC, atlasiet *IHC J.

* |zvélieties nepiecieSamo noteikSanas komplekta noklusejuma protokolu

Lai atvieglotu konfiguréSanu velak, atlasiet protokolu, kas ir pec iespéjas lidzigs tam protokolam, kuram
veidojat jaunu versiju. Piemeéram, atlasiet protokolu, kas izmanto to pasu noteikSanas sistému un, ja
iespéjams, kam ir tads pats darbibu skaits.
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8 NoklikSkiniet uz opcijas Import (Importét).

Aizveras dialoglodzins Import Protocol (Importét protokolu). Tagad dialoglodzina Edit protocol properties
(Rediget protokola rekvizitus) jauna apstrades modula veida cilne tiek aizpildita ar importéto protokola versiju.

Edil protocol properbes

Hame: Lab protocol
Abbreated name Impest
Dascriptian: BOND Polymer DAB System for IHC
Staining method ¥ Single Preliminary Final +| Prefemed
BOND-MAX BOMND-MI BOND-PRIME Import protoco Protocol type: IHT staining
Prafarred dataction systemc BOND-PRIME Polymer DAE Detection System - m
Step b | Wash Fzagent | swpplier | Ambienl | Temperature | o (min) Depensebpr | |
1 “MARKER Leica Microsysiems - 1500 Chamber Dispensa
4 *Post Primary Leica Microsystems o 800 Chamber Dispensa
T *Paroide Block Lelca Microsystems o 300 Chamber Dispensa
10 "Palyrmer Leica Microsystams o B:00 Chamber Disp
14 “Mixed DA - FRIME gica Microsystems s 500 Charnber Dispense
15 “Mixed DAE - PRIME mita Micro: 4 A:0D Chamber Dispense
18 *BOND-PRIME Hemataeyin Leica M o 4:00 Chamber Dispense
Showi wash staps ngert segment | Duplicate | Debete segment

=3 e

‘ Tiek atjauninata tikai atlasita apstrades modula veida cilne.

9 Rediggjiet jauno protokola versiju, ka nepiecieSams (skatit 7.4.1 Protokola darbibu redigesana). Jus varat
noklikskinat, lai parvietotos starp apstrades modula cilném, nezaudejot datus.

10 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

Lietotajs ir atbildigs par to, lai parliecinatos, ka protokoli nodrosina lidzvertigu iekrasoSanu
abiem apstrades modulu veidiem.

/.45  Protokolu dzesana

Lai dzestu lietotaja protokolu, atlasiet to saraksta ekrana Protocol setup (Protokola iestatisana) un noklikskiniet
Delete (Dzést).

Nevar dzést ieprieks definétus Leica Biosystems protokolus (tie, kuru nosaukuma sakuma ir zvaigznite). Tomer jus
varat tos paslépt — atveriet protokolus un nonemiet atzimi Preferred (Vélamais), péc tam ekrana Protocol setup
(Protokola iestatisana) iestatiet filtru Preferred status (Velamais statuss) ka “Preferred” (vélamais).
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7.5  Protokolu parskati

Protokolu parskati atspogulo informaciju par atlasito protokolu posmiem. Lai izveidotu parskatu, atlasiet protokolu no
saraksta ekrana Protocol setup (Protokola iestatiSana) un péc tam noklikskiniet uz Report (Parskats). Ja sistema ir
vairaki apstrades modulu veidi, atlasiet vélamas protokola versijas apstrades modula veidu. Varat ari izvéléties
datumu, no kura generét parskatu. Kad tas ir pabeigts, noklikskiniet uz Generate report (Izveidot parskatu).

Parskats tiek paradits jauna loga. Parskata aug$eja labaja sturiir redzama informacija, kas noradita talak tabula.

T ™

Pilns nosaukums
D

Veids

lzveidoja

IzveidoSanas laiks

lestade

lekrasoSanas statuss

Pilns protokola nosaukums.

Protokola unikalais identifikacijas numurs.

Protokola veids (skatit 7.1 Protokolu veidi).

Tas personas lietotajvards, kura izveidoja redzamo versiju.

leprieksdefineétiem protokoliem — datums un laiks, kad protokols tika importets BOND
datubazes datu (Data Definitions, BDD) atjauninajuma. Lietotaja definétiem protokoliem
— izveides datums un laiks.

lestades nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana Laboratory
settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) (skatit 10.5.1 Laboratorijas

iestatijumi).

Funkcijas, kuram protokols ir piemerots attieciba uz multipleksu vai vienkarsu
iekrasoSanu (skatit lekrasosanas metode).

Parskata pamatteksta ir sniegta turpmak noradita informacija par katru posmu.

 Reagents un piegadatajs

» Posma veids (reagents vai mazgasana)

* Inkubacijas laiks

e Temperatura

 DozéSanas veids (apraksta Covertile novietojumu un dozésanas tilpumu — var pieprasit jusu servisa parstavis)

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.
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7.6 leprieksdefinetie protokoli

Talak sadalas ir aprakstiti iepriekSdefinétie protokoli, kas tiek piegadati BOND programmatiras komplektacija.

Talak izklastitie protokoli var mainities, ja tie tiek atjauninati pirms nakama programmataras laidiena. Talak sniegtais
saraksts ir speka ta publicésanas bridi. Nemiet ari véra, ka dazi protokoli vél var nebut pieejami lietoSanai BOND-
PRIME apstrades moduli.

e 7.6.1 lekrasosanas protokoli

o 7.6.2 PriekSiekrasoSanas protokoli

7.6.1  lekrasoSanas protokoli

Katrs iekrasoSanas protokols ir paredzéts noteiktas BOND noteikSanas sistemas izmantoSanai.

Detalizeétu informaciju par katru noteikSanas sistemu skatiet katra izstradajuma pavaddokumentacija vai apmekléjiet
Leica Biosystems timek|a vietni: www.leicabiosystems.com.

Jus varat izmantot $os protokolus ka savu pielagoto protokolu pamatu, lietojot protokola redigésanas funkcijas (skat.
7.3 Jaunu protokolu izveido$ana un 7.4 Lietotaju protokolu redigesana).

Dazi no turpmak noraditajiem protokoliem ir paredzeéti lieto$anai ar noteikSanas sistémam, kuram jlsu regiona var
nebdt normativa apstiprinajuma. Sadi protokoli neparadisies jisu programmatara.

7.6.1.1  Imunhistokimija (IHC)

Nosaukums Velama noteiksanas NoteikSanas sistemas piezimes
sistema
*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Biotinu nesaturos$a noteikSanas sistéma ar augstu pastiprinasanu,
Detection kas optimizeta lietoSanai BOND sistéma. Sniedz augstas
izSkirtspéjas mérka antigenu attélojumu ar augstas intensitates
iekrasoSanu.
*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER?2 Pilna HER2 noteikSanas sistéma sastav no HER2 primaras
IHC System antivielas un HER2 negativa kontroles parauga, kas apvienota ar |oti

jutigu Compact Polymer balstitu noteikSanas sistemu.

Sistéma ietver HER2 profilam paredzétus kontroles slaidus, kas
nodroSina pilniba automatizétu konsekventu HER2

Pieejamiba ir atkariga no imunhistokimisko profilu pretiekrasoSanai.

normativa apstiprinajuma.

PIEZIME.

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  Augstas jutibas kompakta polimeru sistéma izmantoSanai
Red Detection laboratorijas apstak|os, kas nodroSina imunkraso$anas metodi
spilgti sarkana krasa ar sarmaino fosfatazi, ka ari pretiekraso$anu
ar hematoksilinu (tostarp zila krasa).
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Velama noteiksanas NoteiksSanas sistemas piezimes
sistema

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (100 test)

*|HC Protocol K= ChromoPlex™ 1 Dual
50 Test Detection (50 test)

*IHC Protocol Q Bond Polymer Refine
Detection

7.6.1.2  Hibridizacija (ISH)

Nosaukums Velama noteikSanas
sistema

Paredzeta izmantoSanai in vitro, audiem piesaistitu pelu un trusu
IgG primaro antivielu noteik$anai.

Ta ir paredzeta formalina fiksetu parafina ieslegtu audu segmentu
iekrasosanai BOND sistéma.

Paredzéta izmantoSanai in vitro, audiem piesaistitu peju un trusu
IgG primaro antivielu noteikSanai.

Ta ir paredzeta formalina fiksétu parafina ieslégtu audu segmentu
iekrasoSanai BOND sistéma.

Biotinu nesaturos$a noteikSanas sistéma ar augstu pastiprinasanu,
kas optimizéta lietoSanai BOND sistéma. Sniedz augstas
izSkirtspejas mérka antigenu attélojumu ar augstas intensitates
iekrasoSanas protokolu specifiski pret peroksidu jutigiem
antigéniem.

NoteikSanas sistemas piezimes

*F|ISH Protocol A Leica HER2 FISH
System — 30 Test

PIEZIME. Pieejamiba ir
atkariga no normativa
apstipringjuma.

*ISH Protocol A BOND Polymer Refine
Detection

*ISH Protocol B BOND Polymer Refine
Detection

Pilna dualas zondes LSI HER2/CEP17 FISH sistéma, kas sastav no
RTU LSI HER2/CEP17 dualas zondes un péc hibridizacijas
izmantojama mazgasanas Skiduma 2. Nosaka HER2 géna
amplifikaciju FFPE cilveka kruts véza audu paraugos, izmantojot
fluorescento hibridizaciju (FISH). Izmantosanai in vitro diagnostika.

PIEZIME. LSl un CEP ir uznémuma “Abbott Molecular Inc.” precu
Zimes. Visas tiesibas aizsargatas. Tiek izmantotas saskana ar
licenci.

Biotinu nesaturos$a noteikSanas sistéma ar augstu pastiprinasanu,
kas optimizéeta lietoSanai BOND sistéma. Nosaka RNS, izmantojot
anti-FITC savienotaju.

Biotinu nesaturo$a noteikSanas sistéma ar augstu pastiprinasanu,
kas optimizeta lietoSanai BOND sistéma. Nosaka DNS, izmantojot
antibiotinu savienotaju.
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7.6.2  Prieksiekrasosanas protokoli

Protokola veids

SagatavoSana

PriekSapstrade ar
siltumu

Enzimu
priekSapstrade

Hibridizacija (ISH)
Denaturacija
Hibridizacija (ISH)
Hibridizacija

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04

Protokola nosaukums

*AtvaskoSana

*KarséSana un atvaskoSana

*HIER ar ER1 vai ER2

*1. enzims
*2.enzims
*3. enzims
*5. enzims

*Denaturacija (10 min.)

*|SH hibridizacija (2 st.)
*ISH hibridizacija (12 st.)

Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Piezimes

Sagatavo$anas protokoli izmanto Skidumu BOND vai BOND-
PRIME Dewax Solution, lai notiritu parafina vasku, ko
izmanto audu ieslegsanai, un veic paraugu mitrinasanu.

Pirms atvaskoSanas audi tiek karseéti, lai uzlabotu to
pielipsanu slaidam.

Papildinformaciju skatiet 14.2.3 Atvaskosana un karsesana

Siltuma ierosinata epitopu izguves procesa grieztie audi tiek
apstradati ar uzsilditu buferSkidumu, kas palidz mainit audu
struktlras konformaciju un uzlabot iekraso$anu. Ir pieejami
vairaki iepriekSdefinéti siltuma priekSapstrades protokoli,
kas atSkiras ar ilgumu un izmantoto temperataru.

Ir pieejami astoni enzimu priekSapstrades protokoli.

Sie protokoli at$kiras ar izmantoto enzimu un inkubacijas
laiku.

Ir pieejams viens (10 minasu) iepriek$definéts ISH
denaturacijas protokols.

Ir pieejami divi iepriekSdefineti ISH hibridizacijas protokoli
(2 stundu un 12 stundu).
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Reagentu parvaldiba (BOND
kontrollert)

BOND sistéma registré visus sistéma izmantotos reagentus, kas nav lielapjoma reagenti, sekojot lidzi katram
reagentu konteineram un ta saturam. Ta |auj iestatit arT slaidu panelus ar noraditajiem markieriem, lai paatrinatu lietas

izveidi.

Saja nodala ir talak noradtas sadalas.
8.1 Reagentu parvaldibas parskats
8.2 Reagentu iestatiSanas ekrans
8.3 Reagentu krajumu ekrans

» 8.4 Reagentu panelu ekrans
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8.1  Reagentu parvaldibas parskats

Reagentu parvaldiba BOND sistema ietver individualu reagentu informacijas iestati$anu un uzturé$anu, visu reagentu
iepakojumu krajumu parvaldibu (iznemot lielapjoma reagentus) un markieru kopu, kas pazistamas ka “paneli’,
veidoSanu izmantoSanai slaidu izveide.

Lai atvertu reagentu parvaldibas ekranus, kur tiek veiktas $is darbibas, funkciju josla noklikskiniet uz Reagent setup
ikonas Reagent setup (Reagentu iestati$ana). °,j

Noklikskiniet uz cilnem ekrana augs$éja kreisaja stlri, lai atvértu nepiecieSamo ekranu (Setup (lestatisana),
Inventory (Krajumi) vai Panels (Paneli)).

Attéls 8—1: Reagentu iestatiSanas ekrans

Reagent setup

Setup Inventory Panels

— e el e L swe  u ]

*CD10 (56C6) *CD10 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD30 (1G12) *CD30 Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CDS Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS6 (CDS64) *CDS6 Primary antibody  Leica Microsystems
*CO7 (LP15) "NEW* *co7. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Primary antibody  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primary antibody  Leica Microsystems
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin A (N1CLA) “Igh Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primary antibody  Leica Microsystems
*Immunoglobulin G (Polyclonal) "Ig6 Primary antibody  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primary antibody  Leica Microsystems

*Negative “Neg Primary antibody  Laboratory Specified

[ SR N N N N N N N N R N S SRR R N N NN

Package type: Reagent type: Supplier: Preferred status:

B3 | primaries - Leica Microsystems - Preferred n

Ekrans Reagent Setup (Reagentu iestatisana) var paradit pilnigi visu BOND sistéma zinamo reagentu sarakstu.
Saraksta nav iek|autas iepriek$ iepakotas reagentu sistemas, pieméram, BOND noteik$anas sistémas, taéu sistema
tiek paraditi to sastava esosie reagenti. Taja ir ari jaukti reagenti, kas apstrades moduli tiek sajaukti no noteikSanas
sistému komponentiem. So ekranu izmanto, lai skatitu reagentu rekvizitus, izveidotu sistéma jaunus reagentus un
iestatitu reagentu opcijas.

Ekrans Reagent Inventory (Reagentu krajumi) rada reagentu sistému, ka art atseviski iepakotu reagentu krajumus.
Saraksta ir redzams ikviena reagenta vai sistémas veida kopéjie krajumi ar informaciju arf par atseviskiem

pieejamajiem iepakojumiem.

Ekrans Reagent panels (Reagentu paneli) |auj izveidot markieru kopas, ko parasti izmanto kopa konkrétas diagnozes
noteikSanai. Slaidu izveides laika BOND programmatura panela atlase izveido slaidu katram markierim paneli, tadéjadi
ievérojami paatrinot So procesu.
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8.1.1  Vispariga informacija
 8.1.1.1 Reagentu kategorijas
 8.1.1.2 Reagentu darbplisma

8.1.1.3 Reagentu identificéSana

8.1.1.4 Reagentu aizstasana
8.1.1.5BOND™ Oracle™ HER2 IHC sistema

8.1.1.1 Reagentu kategorijas
@ BOND reagentu sistémas ir paredzéetas lieto$anai tikai BOND-IIl un BOND-MAX apstrades modulos.
BOND-PRIME reagentu sistémas ir paredzétas lietosanai tikai BOND-PRIME apstrades modulos.

BOND sistema var izmantot ne tikai lielapjoma Skidumus, bet ari Cetrus dazadus fluidikas “iepakojumu veidus”:

« BOND noteik$anas sistémas: ieprieks iepakotas noteik$anas reagentu paplates izmantosanai kopa ar slaidu

iestatiSanas laika lietotaju atlasitajiem markieriem,

 Bond Oracle™ HER2 IHC sistéma: ieprieks iepakota markieru, paligaprikojuma un noteik$anas reagentu
paplate. Sistéma ietver kontroles slaidus.

» BOND tirisanas sistemas BOND-III un BOND-MAX apstrades moduliem: ieprieks iepakotas tirisanas sSkidumu
paplates, kuras izmanto apstrades modulu tiri$anai (skatit 12.6.1 Atstks$anas zondes tirisana). Informaciju par
BOND-PRIME tiriSanas sistemu lietoSanu skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

« reagentu konteineri: atseviski reagentu konteineri, kas satur markierus (primaros vai zondes) vai papildu
reagentus — lietoSanai gatavus vai atvértos konteineros esosus (skatit 2.6.3 Reagentu sistémas un
konteineri).

BOND noteik$anas sistemas, tostarp Bond Oracle HER2 IHC sistéma, un tiriSanas sistemas kopa tiek sauktas par
‘reagentu sistemam”.

Termins “markieris” attiecas uz primaro antivielu IHC apstradé vai zondi ISH apstrade.
Reagenti tiek sikak iedaliti $ados “reagentu veidos”:
e primarie: IHC izmantotie markieru reagenti,
« zondes: ISH izmantotie markieru reagenti,
« papildu: visi reagenti bez markieriem, ko izmanto audu apstradei pirms vai péc iekraso$anas ar markieri,

« jauktie: papildu reagenti, kas izveidoti protokola darbibas laika no reagentu sistémas komponentiem vai
komponentiem atseviskos konteineros. Nevar pastavét samaisito reagentu krajumi, bet tiem jabat iek|autiem
sistéma, lai tos izmantotu protokola darbibas.

Reagentu un reagentu sistému sarakstus ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) un Reagent Inventory
(Reagentu krajumi) var filtrét saskana ar $o iedalijumu.
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8.1.1.2 Reagentu darbplisma
Pirms BOND sistéma var izmantot reagentu, tai ir jaatpazist tas, veicot tris posmu procesu.

1 Reagentu veids ir jaieklauj reagentu ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) - visi Leica Biosystems
lietoSanai gatavie reagenti un daudzi Leica Biosystems papildu reagenti (tostarp tie, kas atrodas BOND

noteik§anas un tirisanas sistémas) ir ieprieks definéti, bet lietotaji pievienojami sarakstam citus reagentus.

2 Sanemot jaunus krajumus, BOND sistema tiek ieskenéti atseviski reagentu konteineri un reagentu sistemas,
vai ari tos "registrée”, lai pievienotu krajumiem.

3 Kad reagents vai sistéma ir gatava izmantoSanai, tas ta/tas tiek ieladéts reagentu paplaté, kur BOND sistema
to identifice, un atjaunina krajumu datus, kad reagents tiek izmantots.

BOND programmatra tiek saglabats katra atseviska konteinera un sistémas satura ieraksts, ka ari katra reagenta
veida kopéjais apjoms. Leica Biosystems reagentiem var iestatit atkartotas pasatisanas limitu, lai sanemtu
bridinajumu, kad tiek sasniegts zems krajumu limenis. Skatit Reagenta vai reagentu sistémas informacija

8.3.2 Reagenta vai reagentu sistémas informacija.

8.1.1.3 Reagentu identificéSana

Atseviskiem reagentu konteineriem identificeSanas noltkos ir divi svitrkodi. Garakie svitrkodi konteineru priek§pusé
tiek izmantoti konteineru registréSanai un identificé$anai péc registracijas (skatit 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu
registrésana). Isaki svitrkodi uz konteineru virspuses (zem vaciniem) kodé unikalos iepakojuma identifikatorus (UPI),
ko BOND sistema izmanto konteineru identificéSanai, kad tie tiek ieladéti apstrades modulos. Izmantojiet UPI, lai
manuali identificétu ieladétu reagenta konteineru, kas netika sekmigi noskenéts (skatit 5.1.3.5 Nekonstatétu reagentu
labosana).

BOND reagentu sistemas izmanto$anai BOND-III un BOND-MAX apstrades modulos identifice ar diviem svitrkodiem
uz paplates saniem. Izmantojiet abus svitrkodus, lai registrétu sistémas un identificétu tas péc registrésanas.

BOND-PRIME reagentu sistémam ir viens divdimensiju svitrkods paplates sanos, un to izmanto, lai péc registracijas
identificetu reagentu sistému.

Atseviskiem reagentu sistému konteineriem virspusé un priek$puse ir UPI svitrkodi. BOND programmatdra tos
izmanto, lai identificétu sistémas, kad tas tiek ieladétas apstrades modulos. Ja automatiska identifikacija neizdodas,
kad reagentu sistéma tiek ieladeta BOND-MAX vai BOND-III, Sos unikalais pakotnes identifikatora numurus var ievadit,
lai manuali identificétu konteinerus. To nevar izdarit BOND-PRIME apstrades moduli.

Informaciju par ikvienu registréto reagentu un reagentu sistému var paradit, atkartoti noskengjot garo svitrkodu
atsevisko konteineru sanos vai divus svitrkodus (vai viens divdimensiju svitrkods) reagentu sistemu sanos.

Ja iepakojumu nevar noskenét, atveriet dialoglodzinu Manual ID entry (Manuala ID ievade), vai nu funkciju josla

uzklikskinot uz ikonas Search (Meklet), vai ekrana Reagent Inventory (Reagentu krajumi) noklikskinot uz pogas
Enter ID (levadit ID).

lerakstiet numurus, kas saistiti ar garo(-ajiem) svitrkodu(-iem) atsevisku konteineru/reagentu sistému priek$puse, vai
ar divdimensiju svitrkodu saistitos numurus, péc tam noklikskiniet uz Validate (Apstiprinat) (reagentu sistémam péec
katra svitrkoda ievadisanas noklikskiniet uz Validate (Apstiprinat)).
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8.1.1.4 Reagentu aizstasana

BOND-PRIME

Nav nevienas reagenta aizstasanas BOND-PRIME.

Ja BOND-PRIME konstatés, ka taja nav pietiekams reagenta daudzums, tas vai nu:

atzimes skarto(-s) slaidu(-s), ja tas jau ir sacis apstradat slaidu ARC modulr;

noraida slaidu, ja slaids joprojam atrodas atvilktné Preload (leprieks€ja ielade).

BOND-IIl un BOND-MAX

Lai uzsaktu apstradi, apstrades modult ir jaievieto pietiekams daudzums visu nepiecieSamo reagentu. Tomeér dazkart
reagents, kas bijis sakotngji pieejams, var nebat pieejams, kad tas ir nepiecieSams. lespgjams, tas ir tadel, ka lietotajs

ir iznémis reagentu paplati vai faktiskais daudzums reagenta konteinera ir bijis mazaks, neka sakotnéji noteikts. Sada
gadijuma BOND sistéma mégina aizstat truksto$o reagentu ar tada pasa veida reagentu no cita konteinera. Aizstajot
nepieejamu reagentu, BOND sistéma izmanto talak izklastitos noteikumus.

Sistema sakotngji méegina aizvietot trikstoso reagentu ar identiska veida reagentu no identiskas reagentu
sistemas.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma seérijas apstrade turpinas bez pazinojuma.

Tad sistéma mégina aizstat trukstoSo reagentu ar citu avotu, kuram ir tads pats veids un tads pats partijas
numurs.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma seérijas apstrade turpinas bez pazinojuma.

Tad sistema mégina aizstat trukstosSo reagentu ar citu avotu, kuram ir tads pats reagenta veids, bet ar jebkurs
cits partijas numurs.

Veiksmigas aizstasanas gadijuma turpinas sérijas apstrade, bet ietekmétajiem slaidiem tiek izveidots
notikuma pazinojums.

Ja reagenta aizstasana nav iespgjama, reagents tiek aizstats ar lielapjoma reagentu dozésanai uz visiem
ietekmetajiem slaidiem [idz sérijas apstrades beigam.

Turpinas sérijas apstrade, bet ietekmeétajiem slaidiem tiek izveidots notikuma pazinojums.

Ja ir ietekméti visi slaidi un reagents ir jaaizvieto ar lielapjoma reagentu, sérijas apstrade tiek atcelta.
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8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER?2 IHC sistéma

‘ ‘ Nav pieejamas lietoSanai BOND-PRIME apstrades modulos.

BOND™ Oracle™ HER2 IHC sistema sastav no reagentu sistémam un var ietvert kontroles slaidus. Ir nepiecieSami ari
standarta lielapjoma reagenti un dazam sistemam — paligreagenti.

Vienmer ieverojiet noradijumus, kas iek|auti izstradajumu komplektacija, ka ari nemiet véra talak izklastito.

» Bond™ Oracle™ HER2 IHC sistemas komplektacija iek|autos kontroles slaidus sauc par Oracle kontroles
slaidiem, un tie atSkiras no iekséjiem kontroles slaidiem, ko izmanto ar Oracle sériju apstradé:

* ieksegjie kontroles slaidi tiek izveidoti programmatura, izmantojot standarta iestatijumus Tissue type
(Audu veids) un Marker (Markieris) dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu), nevis izmantojot iespgju
Oracle control (Oracle kontroles slaidi).

« Oracle kontroles slaidi jaiestata, izmantojot opciju Oracle control (Oracle kontroles slaidi) papildus
atbilsto$ajai opcijai Tissue type (Audu veids).

o Qracle kontroles slaidus var izmantot tikai ar konkrétu sistemu, no kuras tie nak.

« Oracle slaidu etiketém izmanto ipaSas Oracle etikeSu veidnes, kuras definé administracijas klienta profila
ekrana Labels (Etiketes) (skatit 10.3 Etiketes ).

8.2  Reagentu iestatiSanas ekrans

Ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatiSana) tiek paradits visu BOND programmatdrai zinamo reagentu saraksts,
tostarp reagentu sistému reagenti, ka ari apstrades moduli izveidotie reagentu maisijumi no reagentu sistému
komponentiem. Visi BOND lieto$anai gatavie primarie reagenti, ka art BOND lieto$anai gatavas ISH zondes un vairaki
parastie Leica Biosystems paligreagenti ir iepriekSdefinéti saraksta (un tos nevar dzést).

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo reagentu veidu. Nav iespé&jams filtret iepakojumu veidus, bet var izmantot
reagentu veidus (primaros reagentus, zondes, paligreagentus, jauktos reagentus, Oracle reagentus un paralélas
multipleksa iekrasojuma iekrasosanas primaros reagentus un zondes), ka ari piegadataju un vélamo statusu.

Virs tabulas eso$as pogas |auj: pievienot sarakstam jaunus reagentus; atvert tabula atlasito reagentu, lai skatitu vai
redigétu ta informaciju; ka ari dzést tabula atlasito reagentu (var dzést tikai reagentus, kas nav Leica Biosystems
reagenti).

Nav iespéjams registrét reagentus, kas ieklauti $aja saraksta, ka art lietotaja definétus reagentus,
kam nav pieskirts statuss “Vélamais”.
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Tabula ir ietverta $ada informacija par katru reagentu:

Nosaukums Pilns reagenta nosaukums.

Rakstzime "*" pirms nosaukuma norada, ka reagents ir iepriekSdefinéts Leica Biosystems

reagents.
Salsinatais Reagenta salsinatais nosaukums, kas tiek izmantots uz slaidu etiketem un statusa ekrana.
nosaukums
Veids Reagenta veids, pieméram, primarais.
Piegadatajs Reagenta piegadataja nosaukums.
Velamais Atzimétie (velamie) markieri ir iek|auti slaidu konfiguracijas sarakstos citviet BOND
programmatura.

Redigejamie reagentu rekviziti
Papildus nosaukumam un piegadataja informacijai reagentiem ir talak noraditas redigeéjamas opcijas.
1 Markieriem:

a pec noklusejuma atlasitie protokoli, ja markieris ir atlasits slaida izveides laika (skatit 6.5.2 Slaida
izveidoSana). Var iestatit dazadus protokolus vienkarsam markiera lietojumam, ka arf lietojumam
multipleksas iekrasoSanas sakotnéja un galéja ciklg;

b vélamais statuss — tikai vélamie markieri tiek raditi nolaizamaja saraksta Marker (Markieri) slaidu
izveides laika (skatit 6.5.2 Slaida izveidosana) un dialoglodzina Reagent panels properties (Reagentu
paneju rekviziti) saraksta Available markers (Pieejamie markieri) — panela izveides laika (skatit
8.4.1 Panela izveidosana). Reagentu ekrana sarakstus var filtrét ari péc $a rekvizita,

¢ bistamibas statuss — markieri, kas atziméti ka bistami, tiek izskaloti bistamajos atkritumos. So
iestatijumu nevar mainit iepriek$definétiem reagentiem.

2 Papildu reagentiem:

a arreag@entu saderigie lielapjoma reagenti — BOND sistéma automatiski novers saskari ar nesaderigiem
paligreagentiem un lielapjoma reagentiem,

b velamais statuss — reagentu ekrana sarakstus var filtrét péc $a rekvizita,

¢ bistamibas statuss — reagenti, kas atziméti ka bistami, tiek izskaloti bistamajos atkritumos. So
iestatijumu nevar mainit iepriek$definétiem reagentiem.

Skatit sadalas:
 8.2.1 Reagentu pievieno$ana vai redigésana

» 8.2.2 Reagenta dzésana
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8.2.1  Reagentu pievienoSana vai redigesana

Lai pievienotu sarakstam reagentus, ekrana Reagent setup (Reagentu iestatisana) noklikskiniet uz iespéjas Add
(Pievienot). BOND programmatra tiek paradits dialoglodzin§ Add reagent (Pievienot reagentu). Skatit Attéls 8-2
talak.

Attéls 8-2: Dialoglodzin§ Add reagent (Pievienot reagentu)

Add reagent

MName: [ ] The name must start with a letter or number

Abbreviated name: [ ]

Type: Primary antibody n

Supplier:

Staining method: Single/Sequential multiplex n
Single Preliminary Final

Default staining protocol:

Default HIER protocol: S

#

Default enzyme protocol: S

Compatible bulks:
“BWash

+ Preferred Hazardous
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Lai mainitu eso$a reagenta datus, atlasiet to un noklikskiniet uz iespéjas Open (Atvert) vai divreiz noklikskiniet uz ta.
Atveras dialoglodzin$ Edit reagent properties (Redigét reagentu rekvizitus). Tas ir tas pats, kas dialoglodzins Add
reagent (Pievienot reagentu) ar atlasitajam reagentam ievadito informaciju.

Lai pievienotu vai redigétu reagentus, sekojiet turpmak sniegtajam noradem.

1 Jatiek pievienots jauns reagents, lauka Name (Nosaukums) ievadiet aprakstosu nosaukumu.

Jaunu reagentu nosaukumi nevar sakties ar “*" - Si rakstzime ir rezervéta Leica Biosystems reagentiem.

Veidojot protokolus vai slaidus, raugieties neizmantot nosaukumu, kas var izraisit attieciga
reagenta sajauk$anu ar citu.

2 Jauniem reagentiem lauka Abbreviated Name (Salsinatais nosaukums) ievadiet saisinato nosaukumu.
Saisinato nosaukumu garums ir ne vairak ka astonas rakstzimes.

Sis nosaukums ir redzams uz slaidu ikonam ekrana Status (Statuss) un tas tiek drukats uz slaidu etiketém.

3 JaBOND sistéma ir pieslégta LIS, lauka Public name (Publiskais nosaukums) ievadiet LIS izmantota reagenta
nosaukumu (nav piemérojams papildu reagentiem).

4 |zveidojot jaunu reagentu, nolaizamaja saraksta Type (Veids) atlasiet reagenta veidu. Dialoglodzing mainas
atkariba no atlasita veida.

5 Lauka Supplier (Piegadatajs) ievadiet reagenta piegadataja nosaukumu.

6 Jareagents ir markieris (primara antiviela vai RNS vai DNS zonde), atlasiet noklusgjuma protokolus, ko
izmantot dazadu veidu iekrasoSanas ciklos, kuros izmanto attiecigo markieri.

7 Lauka Staining method (lekraso$anas metode) atlasiet opciju Single/Sequential multiplex (Vienkarsa/seciga
multipleksa), lai cilne Single (Vienkarss) iestatitu nokluséjuma protokolus vienkar$as iekraso$anas ciklos
izmantotajiem markieriem. Markieriem seciga multipleksa iekrasojuma iekraso$anas serijas iestatiet
nokluséjuma protokolus pirmajai pielieto$anai cilné Preliminary (Sakotnéji) un pedéjas pielietosanas
noklusgjuma protokolus iestatiet cilné Final (Galgja).

8 Laiiestatitu nokluséjuma protokolus paralélas multipleksa iekrasoSanas cikliem, atlasiet Parallel multiplex
(Paraléla multipleksa iekrasosana).

Jareagents ir RNS vai DNS zonde, visas iepriek$ noraditajas cilnés tiek raditi papildu protokoli
(denaturacija un hibridizacija).

O Lai skatitu ieprieks definetus BOND markierus, noklikskiniet Restore factory default protocols (Atjaunot
ripnicas nokluséjuma protokolus), ja vélaties atgriezt protokolus rapnicas noklusejuma iestatijumus, kas
ieteicami markierim (ai atjaunotu ripnicas noklusejuma iestatijumus, jums ir japierakstas vaditaja statusa).
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10 Jareagents ir lietotaja izveidots paliglidzeklis, parbaudiet lielapjoma $kidumu saderibu un nepiecieSamibas
gadijuma veiciet pielagojumus.

Vairakums sistému saraksta Compatible bulks (Saderigie lielapjoma $kidumi) péc noklusejuma parada
$kidumu BOND Wash Solution (*BWash) un dejonizétu adeni (*DI). Tas nozimé, ka jebkurs$ no Siem skidumiem
tiks izmantots fluidikas sistéma, lai smeltu un atsuknétu reagentu. Lai gan lielapjoma Skidumi nedrikst nonakt
tieSa saskare ar papildu reagentu, atstiknésanas zonde var bit neliela saskare. Lai pilniba izvairitos no $adas
varbatibas, atlasiet lielapjoma $kidumu, kura saskari ar reagentu jus vélaties noverst, un noklikskiniet uz
opcijas <<, lai parvietotu to uz sarakstu Available bulks (Pieejamie lielapjoma Skidumi).

Ir jabut vismaz vienam saderigam lielapjoma Skidumu komplektam.

var tikt ieguti neapmierinoSi iekrasoSanas rezultati un potenciali izraisiti apstrades modula

c UZMANIBU! Savstarpéji nesaderigu $kidumu savstarpéjas saskar$anas pielau$anas rezultata
bojajumi. Sazinieties ar Leica Biosystems lai noteiktu, vai Skidumi ir saderigi.

11 Markieru gadijuma slaidu iestatiSanas dialoglodzinos noklikskiniet uz Preferred (Velamais), lai raditu primaro
vai zondi.

Papildu reagentu gadijuma velamais statuss tiek izmantots tikai saraksta filtriem ekranos Reagent Setup
(Reagentu iestati$ana) un Inventory (Krajumi).

12 Javélaties, lai reagents tiktu novadits bistamo atkritumu konteinera, noklikskiniet uz opcijas Hazardous
(Bistams).

13 Noklikskiniet uz opcijas Save (Saglabat), lai pievienotu reagenta informaciju BOND sistémai.

Noklikskiniet uz opcijas Cancel (Atcelt) jebkura bridi procesa laika, lai izietu, neveicot nekadas izmainas.

8.2.2  Reagenta dzeSana

Lai dzéstu reagentu, atlasiet to no saraksta ekrana Reagent setup (Reagenta iestatiS8ana) un noklikskiniet uz opcijas
Delete (Dzest). Nevar dzést ieprieks definétus Leica Biosystems reagentus (tie, kuru sakums ir atziméts ar zvaigzniti).

DzesSot reagenta informaciju, js dzésat ari attieciga reagenta iepakojumu krajumu informaciju. Nav
iespéjams atgut dzésto reagentu informaciju vai krajumu informaciju.

Ja jums vairs nav nepiecieS8ams kads ieprieks izmantotais reagents, iesakam neatzimét to ka vélamo reagentu, nevis
dzést. ST darbiba dzés$ to no vairakuma programmatira eso$o ekranu, tacu saglaba to sistema.
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8.3  Reagentu krajumu ekrans

Ekrana Reagent Inventory (Reagentu inventarizacija) ir uzskaititi visi reagenti un reagentu sistémas, kas jebkad ir
registrétas (un nav dzestas) BOND sistéma, un to pasreizgjie krajumi. Izmantojiet So ekranu krajumu skatisanai un
parvaldiSanai.

Attéls 8-3: Ekrans Reagent Inventory (Reagentu krajumi)

Reagent setup
Selap Iresiary Panis

I """ A YT I YTV
*Higzn Probss Lt e resysling Pt A FEE45 aTED 100 |
*COAE [Cade-1) L Mbsicdyilin Prismidy antibedy Pal0n 4485 700
GFAF [ERS, Enppmat) BB, B bocmm Primury anibody Cipmn contminer 151 1]
"Ant-Flugracen fabbody  Lsia Moosysisme Ancilary ARG 0 w0

I "CO 1E12) Leica Mamayeleme Primary antibody PSS (1 1] 100
“Wedan & (A0 Leica M isysline Primary antibady PalZIN 70 (1]

I 'COT JLF5) THEW" Lt Mberogy siime Primary anibady Paldir 30 400
‘Lamida Prote L Mbsicdyiling Prota RMA PEDSES S50 550
*Entogan Aecazicr 5F 11} Laica Microayulema Primuary antbody PadnE1 B0 700
0 T Leica Mcromysieme Erimary antbady =80 (313 L]
"Cylnkamain 20 (PWS] Leka Moioayeiema Pramary anihady PRI 0 10
*Estogss Aetapiar EF 11} Leica M isy sl Primary antibody 2 i) 0 1300
rvranoglobulin D Lt Mberogysiime Primary anibady Paliisd 70 200

I * Gl ey Ak Lt Mbsitdyaling Prisidy antibady Pali2E [e1E1] 500
LD MO Laica Microayulems Primury antbody [0k ATED 14 30
GO0 (B Leica Mcroaysieme Erimary antbady EET] -1 b
"immraglasubn G Leica Moimayelema Primary anbhady P o0 100
OG0 M) Leica M isy sl Primary antibody PaE0E 47ER 1400

| ——— " . - - —

Package typa Asagent type lrweniiory almlus Sugpliar Frabamed slaho

Feapen! Containers - B - B B [ e B

Leica Biosystems reagenti ar mazak neka minimalo krajuma tilpumu tiek ieziméti ar sarkanu vertikalo joslu ekrana
kreisaja puse.

Filtri zem tabulas |auj iestatit paradamo reagenta vai sistémas veidu.

BOND konstaté$anai Oracle un tiri$anas sistémas, kuras ir atlasitas filtra Package type (lepakojuma veids), var filtret
tikai pec Inventory status (Inventara statusa). Tas |auj jums apskatit visas registrétas sistemas, tikai tas, kuras
atrodas krajuma, vai tas, kuras atrodas zem atkartotas pasutiSanas limeniem.

Atseviskus reagentu konteinerus var filtrét arf pec parametriem Supplier (Piegadatajs), Preferred status (Velamais
statuss) un Reagent type (Reagenta veids) (t. i. skatit “Primaries” (primaros), “Probes” (zonzu), “Parallel cocktail
primaries” (paralélus kokteilu primaros), “Parallel cocktail probes” (paralélas kokteilu zonzu), “Ancillaries” (papildu) vai
“All" (visus) reagentus).
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Atkariba no reagenta veida var tikt paradita visa turpmak noradita informacija vai tas dala.

Nosaukums
Piegadatajs
Veids

Kataloga nr.
Apjoms (ml)

Atl. apstr. sérijas
Atlikusas tirisanas
Min. (ml)

Min. (sérijas)

Min. (tiriSanas)

Pilns reagenta nosaukums.
Reagenta piegadataja nosaukums. Netiek radits reagentu sistemam.

Reagenta veids, pieméram, primarais. Netiek radits reagentu sistemam.

Reagenta kataloga numurs, kas janorada, veicot atkartotu pasttijumu. Tas netiek radits
reagentu sistemam (kolonna pastav, bet visas vértibas ir tuksas).

Kopéjais pieejamais reagenta daudzums. Tas ietver visus registrétos reagentu iepakojumus
neatkarigi no ta, vai tie paslaik tiek ieladéti apstrades modult (skatit 8.3.1 Reagenta tilpuma
noteik3ana).

Oracle sistemam - atlikuSo apstrades sériju skaits sistema.
TirSanas sistemas atlikuso tirisanas reizu skaits.

Tikai Leica Biosystems reagentiem — krajumu limenis, pie kura jums tiek llgts veikt

atkartotu pasutijumu (skatit 8.3.2.1 Minimalo krajumu iestatijuma mainisana).

Oracle sistemam - atlikuSo apstradajamo sériju skaits, pie kada ir javeic atkartots

pasatijums (skatit 8.3.2.1 Minimalo krajumu iestatijuma mainisana).

TiriSanas sistemam - atlikuSo tirisanas ciklu skaits, pie kada ir javeic atkartots pasutijums

(skatTt 8.3.2.1 Minimalo krajumu iestatijuma mainisana).

Virs reagentu tabulas redzamas vadibas pogas |auj parvaldit reagentu krajumus.

« Noklikskiniet uz opcijas Details (Informacija), lai skatitu informaciju par atlasita reagenta veida atseviskiem
reagentu iepakojumiem un iestatitu to opcijas.

Papildinformaciju skatiet 8.3.2 Reagenta vai reagentu sistémas informacija.

« NoklikSkiniet uz opcijas Enter ID (levadit ID), lai pievienotu sistémai reagenta krajumus dialoglodzina Manual
ID entry (Manuala ID ievade), ja rokas skeneris nevar automatiski atpazit attiecigo ID (tikai BOND-III un BOND-

MAX).

Papildinformaciju skatiet 8.3.3 Reagentu un reagentu sistému registresana.

« Noklikskiniet uz opcijas Details report (Informacijas parskats), lai izveidotu parskatu par paslaik tabula

noraditajiem reagentiem vai reagentu sistémam.

Skatiet 8.3.4 Krajumu informacijas parskats.

« Noklikskiniet uz opcijas Reagent usage (Reagentu izlietojums), lai izveidotu reagentu izlietojuma parskatu par
noteiktu laika periodu.

Skatiet 8.3.5 Reagentu izlietojuma parskats.

Skatiet ar1 8.3.1 Reagenta tilpuma noteiksana, lai aplukotu visparigu aprakstu par to, ka BOND izseko reagentu

krajumus.
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8.3.1  Reagenta tilpuma noteikSana

BOND-PRIME sistéma izmanto divas metodes, lai noteiktu reagenta tilpumu konteineros, kas atrodas uz reagentu
paplates: ta aprekina tilpumu, pamatojoties uz sakotnéjo tilpumu un turpmako lietoSanu, un mera to tiesa veida,
izmantojot Skidruma limena sensoru (liquid level sensor, LLS) BOND un BOND-II vai ulstraskanas $kidruma limena
sensoru (Ultrasonic Liquid Level Sensor, uLLS) BOND-MAX.

Tilpuma aprekins balstas uz sakotnéjo reagenta tilpumu, no kura atnemts dozéetais daudzums un kuram pieskaititas
ta uzpildes (atvertiem konteineriem). Neatbilstibas var rasties tad, ja rodas reagenta zudumi iztvaiko$anas vai
iz8|akstiSanas rezultata.

BOND-MAX un BOND-III - LLS sistéma ir integréta atsuksanas zonde. Ta nosaka reagentu tilpumus, fiksgjot limena
reagenta augstumu, kad atsik$anas zonde tiek iemeérkta konteineros. Izmantojot nokluséjuma iestatijumus, LLS
tilpuma merijumi (ko médz saukt par “iegremdesanas testu”) tiek automatiski veikti dazados apstak|os, pieméram, ja
konteinera tilpums nav mérits ilgak par 30 dienam. Reagents var bt iztvaikojis vai arf konteiners var bit izmantots
cita sistéma. Sie nokluséjuma iegremdésanas testi tiek ieplanoti tad, kad tie neaizkavé apstradi, tadé| pastav iespéja,
ka reagentam, kas sakotngji uzskatits par pieejamu, vélak var tikt noradits ieplanotajam apstradém nepietiekams
tilpums. Sada gadijuma tiek aktivizéts bridinajums un operatoram ir jauzpilda konteiners (tikai atvértie konteineri) vai

janodrosina piemérota alternativa reagenta pieejamiba (skat. 8.1.1.4 Reagentu aizstasana).

BOND-PRIME - uLLS ir integréts ARC zonde. Ja notiek neatbilstiba, uLLS veic iegremdesanas testu tada pasa veida,
ka tas tiek darits BOND-MAX un BOND-III.

Tapat BOND sistemu var iestatit, lai ta pirms katras apstrades konteineros veiktu iegremdésanas testu. Tas ir
atseviski iestatits atvértiem konteineriem, lietoSanai gatavajiem konteineriem un reagentu sistémam. lestatijums
nodro8ina, ka apstrades tiek uzsaktas ar pietiekamu reagenta daudzumu, lai varétu tas pabeigt, tacu tas kavé
apstradi, kamer tiek veikti iegremdesanas testi. lestatiet Sis opcijas administracijas klienta profila ruti Settings >

Laboratory settings (lestatijumi > Laboratorijas iestatijumi) (skatit 10.5.1 Laboratorijas iestatijumi).

@ Neparpildiet reagentu konteinerus. Par parak pilnu reagentu konteineri tiks zinots ka par tuksu, kad to
lieto iegremdéesanas testa

8.3.1.1 NoteikSanas sistemu parskata tilpums

BOND noteikSanas sistemu parskata tilpumu salidzinamibas nodrosinasanai ar atsevisku konteineru parskata
tilpumiem (kas |auj aprekinat slaidu skaitu, kam var izmantot noteikSanas sistemu), sistémas tilpumi ir noraditi
mililitros attieciba uz atseviskiem konteineriem. Tomer, ta ka noteikSanas sistémas sastav no konteineriem ar
atSkirigiem tilpumiem, ir japieméro parskata apjomu noteikumi, kas izklastiti $aja sadala.

Nemiet véra, ka ST noteikums neattiecas uz Oracle un tiri§anas sistemam, kas attiecigi sniedz informaciju par
apstrades vai tirisanas ciklu skaitu.

NoteikSanas sistému gadijuma tiek sniegta informacija par tilpumu attieciba pret lielako atsevisko konteineru
sistéma. Pieméram, ja lielakaja konteinera ir 30 ml, sistémas parskata tilpums tiek fikséts attieciba pret 30 ml. BOND
programmatara tiek pienemts, ka visi jaunu sistému konteineri ir pilni, tadél, registréjot lielako 30 ml konteineru, tiek
piefikséts, ka ta uzpildes tilpums ir 30 ml.
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Izmantojot reagentu, parskata vértiba ir ta konteinera tilpums, kuram ir viszemakais relativais tilpums. Ja $a
konteinera tilpums nav tads pats ka lielaka konteinera tilpums sistema, tad vertiba tiek normeta atbilstosi lielaka
konteinera tilpumam. Pieméram, sistema ar vairakiem konteineriem, kuru tilpums ir 30 ml, un diviem konteineriem,
kuru tilpums ir 2,4 ml, var bt ta, ka viena no konteineriem ar 2,4 ml tilpumu, ir vismazakais reagenta tilpums
salidzinajuma ar sakotngjo tilpumu. Ja taja ir atlikusi 1,2 ml (puse no ta sakotnéja tilpuma), sistemas tilpums kopuma
tiek noradits ka puse no 30 ml (15 ml).

8.3.1.2 Parbaudes, kas atlikusas pétijuma reagentu sistemam

Katra pétijuma reagentu sistéma var veikt noteiktu testu skaitu (pieméram, 200 testi, ja nokluséjuma dozesanas
tilpums ir 150 pl).

Katru reizi, kad slaids tiek iekrasots, izmantojot So pétijuma reagentu sistému, atlikuso testu skaits tiek samazinats.

Kad atliku$o testu skaits sasniedz nulli, sistéma ir atziméta ka Empty (Tuksa).

8.3.2  Reagenta vai reagentu sistémas informacija

Lai skatitu informaciju par atseviskiem reagenta vai reagentu sistémas iepakojumiem, reagenta inventara tabula
veiciet dubultklikski uz reagenta veida vai atlasiet to un noklikskiniet uz Details (Informacija).

Attéls 8-4: Dialoglodzin$ Reagent inventory details (Informacija par reagentu krajumiem)
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Krajumu informacijas dialoglodzing parada katru atsevisko izvéléta reagenta vai sistémas iepakojumu. Dialoga lauki
un iespéjas atskiras atkariba no reagenta iepakojuma veida un piegadataja. Péc noklusejuma tiek raditi tikai
iepakojumi ar pieejamu reagentu, kam nav beidzies deriguma termins. Jis varat aplikot ari tukSus iepakojumus
(kuriem nav beidzies deriguma termins) vai visus iepakojumus, kuru deriguma termins ir beidzies pédéja menesa laika
— dialoglodzina péc vajadzibas atlasiet Available (Pieejams), Empty (TukSs) vai Expired (Beidzies deriguma termins).
Visiem reagentu iepakojuma veidiem tiek radits reagenta parametrs Package name (lepakojuma nosaukums). Turklat
BOND reagentiem tiek radits parametrs Catalog N° (Kataloga nr.) atkartotas pasutisanas nolukiem, un BOND
reagentiem (bet ne sistémam) tiek radits ari Package name (lepakojuma nosaukums), kas ietver iepakojuma apjomu.
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BOND reagentiem un sistémam ir ari lauks Minimum stock (Minimalie krajumi), kura noradits krajumu limenis, kad

tiek pieprasits atkartoti pasitit reagentu (skatit 8.3.2.1 Minimalo krajumu iestatijuma mainisana).

Izmantojot rokas skeneri, varat skenét registreta reagenta konteinera vai reagentu sistémas sanos eso$o(s) svitrkodu
(-s) vai divdimensiju svitrkodu, lai atvértu ta krajumu informacijas dialoglodzinu. Noskenétais krajumu vienums tiek
izcelts informacijas tabula, un péc vajadzibas tiek automatiski iestatiti Show (radisanas) filtri (Available (pieejams),
Empty (tukSs) vai Expired (beidzies deriguma termins)).

Dialoglodzina tabula ir redzama talak noradita informacija par katru reagentu iepakojumu.

unikalais pakotnes
identifikators,

Partijas nr.

Deriguma termins

Unikalais iepakojuma identifikators (skatit 8.1.1.3 Reagentu identificesana).

lepakojuma partijas numurs.

lepakojuma deriguma termins. lepakojumus nedrikst izmantot pec $a datuma.

Registréts Datums, kad iepakojums pirmo reizi registréts BOND sistéma.

Pirma izmantoSanas
reize

Datums, kad iepakojums pirmo reizi izmantots BOND sistéma.

Atzimets ka tukss Datums, kad iepakojums tika atzimets ka tukss. To var automatiski iestatit programmatara

vai manuali (skatit 8.3.2.3 lepakojuma atzimésana ka “Empty” (tukss) vai “Not Empty” (nav

tukss)).

Sakotnéjais tilpums Reagenta tilpums, kas ir jauna, pilna iepakojuma.

(m) Netiek radits reagentu sistemam.

Apjoms (ml) Pasreizéjais reagenta tilpums konteinera. Noteik$anas sistémas skatit 8.3.1.1 Noteiksanas
sistemu parskata tilpums.

Uzpilde (ml) Atverto konteineru gadijuma atlikusais reagenta tilpums, ko var izmantot konteinera

uzpildei.

Atliku$ie tiriSanas cikli  TiriSanas sistemu gadijuma — tiriSanas ciklu skaits, ko var veikt ar atliku$o reagentu.

Atliku$ais sériju skaits Oracle sistemu gadijuma — sériju skaits, ko var veikt ar atlikuso reagentu.

Krajumu informacijas dialoglodzina redzamas pogas lauj konfigurét dazadus krajumu datus (kas ir piemeéroti
iepakojuma veidam) un izveidot informacijas parskatu par konkréto reagentu vai sistemu. Turpmakajas sadalas ir
aprakstitas konfiguracijas un parskatu iespéjas.

8.3.2.1  Minimalo krajumu iestatijuma mainiSana

lepriek$definétajiem Leica Biosystems reagentiem un reagentu sistémam var bit iestatits “minimalais krajumu
limenis”. Ja kopéjais reagentu krajums ir zem iestatita limena, ekrana Reagent Inventory (Reagentu krajumi)
attiecigais reagents ir atziméts sarkana krasa, lai noraditu lietotajam pasitit reagentu vai sistémas krajumus.

Lai mainitu minimalo krajumu iestatijumu, noklikskiniet uz opcijas Set minimum stock level (lestatit minimalo krajumu
limeni). Uznirstosaja dialoglodzina lauka Minimum stock (Minimalie krajumi) ievadiet minimalo nepiecieSamo
krajumu limeni. Atkariba no iepakojuma veida izmantojiet mililitrus, apstrades vai tirisanas ciklus. NoklikSkiniet uz OK
(Lahi).
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8.3.2.2 Reagentu parskats

Noklikskiniet uz opcijas Details report (Informacijas parskats), lai izveidotu parskatu tikai par atlasito reagentu vai
reagentu sistemu. Plasaku informaciju skatiet 8.3.4 Krajumu informacijas parskats.

8.3.2.3 lepakojuma atziméeS$ana ka “Empty” (tukss) vai “Not Empty” (nav tukss)

Reagenta iepakojumu var atzimét ka tuksu, pieméram, gadijuma, kad tas ir jaizmet pirms pilnigas izmantos$anas. Lai
to izdaritu, atlasiet tabula iepakojumu un péc tam noklikskiniet uz opcijas Mark as empty (Atzimét ka tuksu).
Programmatura ievada pasreizéjo datumu lauka Marked as empty (Atziméts ka tukss).

Lai atjaunotu reagenta iepakojumu, kas atziméts ka tukss, atlasiet to tabula un noklikskiniet uz opcijas Mark not
empty (Atzimet ka “nav tukss”). To var izdarit tikai tad, ja iepakojums nav ieladéts apstrades moduli. Uz iepakojuma ir
noradits reagenta tilpums, kads tas bija, pirms tas tika atziméts ka tukss.

Lai paraditu vienumus, kas atzimeti ka tuksi, virs tabulas atlasiet izvéles pogu Empty (Tukss).

8.3.2.4 Atvérta reagenta konteinera uzpilde

Jus varat atkartoti izmantot BOND atvértos reagentu konteinerus, lai dozétu lidz pat 40 ml noteikta reagenta.
Konteineru uzpildes reizu skaitam nav ierobezojuma, ja tiek uzpildits mazaks tilpums, neka konteinera tilpums.

Lai uzpilditu atverto konteineru, izpildiet talak sniegtas norades.

1 Uzpildiet konteineru ar vélamo reagenta daudzumu.

2 Noskenéjiet konteineru (ka aprakstits 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu registrésana. sadala) un pec tam
noklikskiniet uz opcijas Refill (Uzpildit).

Uzpildisanas poga nebis pieejama, konteinera uzpildita reagenta tilpums parsniedz 40 mL robezu.

3 lestatiet jauna reagenta deriguma terminu.

@ Nemiet vera, ka tad, kad tiek uzpildits atvértais konteiners (pirma reize vai atkartota uzpilde),
programmatura pienem, ka konteiners tiek piepildits [idz maksimali pieejamajam tilpumam (ml), kuru
norada lietotajs, pirmoreiz registréjot reagentu, vai tiek summeéts pasreizéjais tilpums ar atlikuso

pielaujamo uzpildes tilpumu. NepiecieS8amibas gadijuma fiksétais tilpums tiek korigéts, veicot
iegremdeésSanas testu. Tas var notikt tikai pec konteinera lietoSanas.

@ Katrs atvertais konteiners tiek piesaistits konkrétajam reagentam, kad tas tiek pirmoreiz registréts.
Veicot atkartotu uzpildi, katra atvértaja konteinera vienmeér jaizmanto viens un tas pats reagents.
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8.3.3  Reagentu un reagentu sistému registrésana

Registréejot reagenta iepakojumu, tas tiek pievienots krajumiem. Pirms reagenta iepakojuma registré$anas tas ir
jaievada ekrana Reagent Setup (Reagentu iestatisana).

Reagenti ir jaregistré pirms to iepakojumu izmanto$anas BOND apstrades modulos.
leladejot neregistréetu reagenta konteineru apstrades moduli, programmatura to neatpazist un ekrana System status
(Sistémas statuss) attieciga reagenta pozicija parédés ikona.

Informaciju par BOND-PRIME apstrades moduli ievietoto reagentu konteineru statusu skatiet atseviska BOND-PRIME
lietotaja rokasgramata.

‘ BOND programmatra seko [1dzi reagenta izlietojumam un bridina, kad ir janomaina reagents.

Neméginiet atkartoti uzpildit BOND lieto$anai gatavu reagentu konteineru, jo BOND programmatdra atpazis to ka
lietotu konteineru un atteiksieties to izmantot.

Ja BOND neatpazist jaunu reagenta iepakojumu, kuru jus skengjat registrésanai, iespéjams, jums nav instaléts
jaunakais BOND datu definiciju (BDD) fails; parbaudiet jaunakas BDD faila pieejamibu timekli, pec tam lejupieladgjiet
un instalgjiet to (izmantojot Administracijas klienta profila ekranu BDD update (BDD atjauninasana)), ja ta “Datu
versija” ir vélaka neka paradits dialoglodzina About BOND (Par BOND). Péc tam, kad ir instaléts jaunakais BDD fails,
restartéjiet kliniska klienta profilu un méginiet atkartoti registrét jauno reagenta konteineru vai reagentu sistému.

Dazadu reagentu iepakojumu veidu registré$anas metodes ir aprakstitas sadalas talak.
« 8.3.3.1 Reagentu sistemu registrésana
» 8.3.3.2 BOND lieto$anai gatavo reagentu registréSana
 8.3.3.3 lietoSanai negatavo reagentu registrésana

e 8.3.3.4 Manuala ID ievadisana

8.3.3.1 Reagentu sistemu registrésana

- —v .

Lai registretu BOND noteik$anas vai tirisanas sistému, noskenéjiet divus reagentu paplates sanos eso$os svitrkodus.

@ Dazam reagentu sistémam, pieméram, sistémam ar vienu vai diviem konteineriem, uz reagentu
paplates ir tikai viens svitrkods.

BOND-PRIME reagentu sistémam paplates sanos ir viens divdimensiju svitrkods.
Programmatra atvérsies dialoglodzin$ Add reagent system (Pievienot reagentu sistému).

Lazera apdraudejums. lespéjami smagi acu bojajumi. Izvairieties no acu nonakSanas tiesSa saskare ar lazera stariem.
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Attéls 8-5: BOND noteik$anas sistémas registrésana
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Parbaudiet, vai dialoglodzina redzama informacija athilst uz iepakojuma noraditajai informacijai, un péc tam
noklikskiniet uz OK (Labi).

‘ Neméginiet registrét tadu reagentu konteinerus, kas veido dalu no reagentu sistémas.

8.3.3.2 BOND lietoSanai gatavo reagentu registréSana

Lai registretu BOND lietoSanai gatava reagenta iepakojumu, noskengjiet ta konteinera priek$puse esoso svitrkodu.
Programmatra atvérsies dialoglodzin$ Add reagent package (Pievienot reagenta iepakojumu).

Attéls 8—-6: BOND reagentu iepakojumu registrésana

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS), 7 mL
Catalog N°: PAD026 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. (mL) 7.00

Parbaudiet, vai dialoglodzina redzama informacija athilst uz iepakojuma noraditajai informacijai, un péc tam
noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot).
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8.3.3.3 lietoSanai negatavo reagentu registréSana

Reagentus, kas netiek piegadati BOND lieto$anai gatavos iepakojumos, var izmantot BOND sistema, BOND atvertos
vai titréSanas konteineros. Kad reagents, kas nav gatavs lieto$anai, ir sagatavots lieto$anai un iepildits atverta
konteinera ar tilpumu 7 ml vai 30 ml vai titréSanas konteinera ar tilpumu 6 ml, tas tiek registréts tada pasa veida ka
BOND reagenti.

1 Parliecinieties, vai reagents ir izveidots sistéma un vai tas ir atziméts ka vélamais reagents. Lai registrétu
krajumu, lietotaja definéts reagents ir jaatzimé ka vélamais reagents. (Skatiet 8.2.1 Reagentu pievienosana vai
redigesana.)

Nemiet véra, ka enzimi, kas izveidoti, izmantojot BOND enzimu priekSapstrades komplektu, sistéma ir ieprieks
definéti un tos nav nepiecieSams izveidot manuali.

2 Noskengjiet atverta vai titréSanas konteinera priekSpuse esoso svitrkodu, lai atvertu dialoglodzinu Add open
container (Pievienot atverto konteineru).

3 Nolaizamaja saraksta Reagent Name (Reagenta nosaukums) atlasiet reagenta nosaukumu. (Piegadataja
nosaukums tiek paradits iekavas blakus reagenta nosaukumam.)

Saraksta ir iek|auti visi sistéma iek|autie paligreagenti un markieri, kas nav BOND un kas ir atziméti ka véelamie,
ka ar1 Cetri iepriekSdefinétie enzimi, kurus var sagatavot, izmantojot BOND enzimu priekSapstrades komplektu.
Ja neesat izveidojis(-usi) reagentu sistema, atceliet dialoglodzinu Add open container (Pievienot atvéerto

konteineru) un vispirms izveidojiet to (skatit 1. darbibu ieprieks).

4 levadiet reagenta partijas numuru no reagenta piegadataja dokumentacijas.

5 Noklikskiniet lauka Expiration date (Deriguma termins), lai iestatitu deriguma terminu, izmantojot kalendara
vadiklas (vai ievadiet datumu).

@ Varat ievadit dalejus datuma datus, pieméram, D/M, DD/MM vai DD/MMM; gada vertibai tiek
piemeérots Sis gads. Ja jus ievadat, pieméeram, MM/GGGG vai MMM/GGGG, tiek pienemta $a

menesa pirmais datums.

levadot nederigu datumu, laukam Expiration Date (Deriguma termin$) paradas sarkana apmale un validacijas
kladas zinojums.

Noklikskinot uz lauka Expiration date (Deriguma termins), deriga datuma ieraksts tiek automatiski
parformateéts, lai tas atbilstu sistémas datuma formatam. Ja pirms nederiga datuma ievadisanas ir ticis
ievadits vismaz viens derigs datums, tad péec noklikSkinasanas uz ta lauks tiek atiestatits uz pedejo ievadito
derigo datumu.

6 Noklikskiniet uz OK (Labi), lai registretu reagentu.
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8.3.3.4 Manuala ID ievadiSana

Ja BOND sistema nespéj nolasit reagenta svitrkodu, veiciet turpmak noraditas darbibas ekrana Reagent Inventory
(Reagentu krajumi).

1

Noklikskiniet uz Enter ID (levadit ID).
BOND programmatura atveras dialoglodzin$ Manual ID (Manuala ID ievade).

Veida numuri, kas saistiti ar garajiem svitrkodiem konteinera priekSpuse vai numuriem, kas saistiti ar
divdimensiju svitrkodu, tiek ietverti dialoglodzina aug$eja rinda.

Noklikskiniet uz Validate (Validét).

Jaiir vairak neka viens svitrkods (tapat ka attieciba uz noteik$anas sistémam), pec atbilstoso skait|u
ievadi§anas katram svitrkodam noklikskiniet uz Validate (Validét).

Pec tam, kad ir parbaudita svitrkodu numura legitimitate, programmatara atveras atbilstosais dialoglodzins
Add reagent package (Pievienot reagenta iepakojumu).

Parbaudiet iepakojuma informaciju vai péc nepiecieSamibas pievienojiet informaciju dialoglodzina Add reagent
package (Pievienot reagenta iepakojumu) un péc tam noklikskiniet uz OK (Labi), lai registrétu iepakojumu.

8.3.4  Krajumu informacijas parskats

Jus varat izveidot parskatu ar reagentu vai reagentu sistemu krajumu informaciju, kas tiek attélota tabula ekrana
Reagent Inventory (Reagentu krajumi). Izveidotaja parskata ir redzama informacija par katru redzamo reagentu un
sistemu, tostarp par kopgjiem atlikuSajiem krajumiem. Ja kop€jais krajumu limenis ir mazaks par minimalo krajuma

limeni (skatit 8.3.2.7 Minimalo krajumu iestatijuma mainisana), ta statuss parskata ir atzimets ka “Low” (Zems).

lestatiet filtrus ekrana apaksdala, lai paraditu interesejo$os reagentus vai reagentu sistémas, un péc tam noklikskiniet
uz opcijas Details report (Informacijas parskats). Parskats tiek izveidots un attélots jauna loga.

Reagentu parskata augs$éja labaja stlrt ir redzama informacija, kas noradita talak tabula.

Lauks Apraksts

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana Settings >

Laboratory settings (lestatijumi > Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) — skatit
10.5.1 Laboratorijas iestatijumi.

Temats Filtra iestatijumi, ko izmanto, lai atlasitu reagentus vai reagentu sistémas parskatam.

Par katru tabula ieklauto reagentu tiek parskata kopuma tiek paradita Sada informacija:

nosaukums,

kopgjais pieejamais krajumu apjoms (izcelts, ja tas ir mazaks par minimalo krajumu limeni),
kataloga numurs (BOND lieto$anai gataviem konteineriem) vai “atvérts” (atvertiem konteineriem),
veids (primarais, zonde, papildu vai reagentu sistémas veids),

piegadatajs.
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Par katru atsevisku reagentu iepakojumu parskata ir redzams:
« unikalais pakotnes identifikators,
* partijas numurs,
 deriguma termina beigu datums,
* registresanas datums,
 pirmreizejas izmantoSanas datums,
» pedejas izmantoSanas datums,
« atlikuSais daudzums.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.

8.3.5  Reagentu izlietojuma parskats

Reagentu izlietojuma parskats rada izmantoto reagentu daudzumu un to, cik daudz testu tika apstradati noteikta
perioda, izmantojot attiecigo reagentu. Informacija tiek noradita par atseviskiem konteineriem, ka ari tiek raditi
reagentu kopgjie apjomi.

Parskats ietver visus noteikta laika perioda izmantotos reagentus, neatkarigi no ekrana Reagent Inventory (Reagentu

krajumi) paslaik raditajiem reagentiem. Reagentu sistému izlietojums nav ieklauts.

‘ BOND-PRIME lielapjoma reagentu lietoSana tiek izsekota un paradita parskata.

Noklikskiniet uz opcijas Reagent usage (Reagentu izlietojums), lai atvértu datumu atlases dialoglodzinu, kura jaiestata
laika periods, par kuru vélaties izveidot parskatu. lestatiet datumu From (No) un To (Lidz) un laiku (skatit Datuma un
laika atlases parametru izmanto$ana (. sadala 223. Ipp.)) un péc tam noklikSkiniet uz opcijas Generate (Izveidot).
Parskats tiek izveidots un attélots jauna loga.

Reagentu izlietojuma parskata aug$éja labaja stiri ir redzama informacija, kas noradita tabula talak.

T "

lestade lekartas nosaukums, kas ievadits administracijas klienta profila ekrana Settings >

Laboratory settings (lestatijumi > Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) - skatit
10.5.1 Laboratorijas iestatijumi.

Laika periods Parskata perioda datumi par laikposmu, kura datumi atlasiti logos “From” (No) un “To"
(Lidz).
Par katru attiecigaja perioda izmantoto reagentu parskata tiek sniegta Sada informacija:

 nosaukums (reagenta saisinatais nosaukums),
» katra izmantota konteinera UPI,

» katra izmantota konteinera partijas numurs,
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« katra izmantota konteinera deriguma termins,
« apstradato slaidu skaits, gan par konteineru, gan par reagenta kopéjo daudzumu,
« attiecigaja perioda izmantota reagenta tilpums, gan par konteineru, gan par reagenta kopéjo daudzumu.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.

8.4  Reagentu panelu ekrans

Panelis ir lietotaja noteikts markieru komplekts. Jus varat izmantot panelus, lai sistéma atri pievienotu vairakus
slaidus.

Panelus var izmantot tikai parastajiem vienkarsas iekraso$anas slaidiem un paralélas multipleksa iekrasoSanas
slaidiem - tos nevar izmantot secigas iekraso$anas slaidu izveidoSanai. Lai izveidotu panelus, jums ir japierakstas
sistema vaditaja statusa.

Lai atvertu ekranu Reagent Panels (Reagentu paneli), funkciju josla noklikskiniet uz ikonas Reagent Setup (Reagentu
iestati$ana) un péec tam noklikskiniet uz cilnes Panels (Paneli).

Papildinformaciju skatiet:
e 8.4.1 PanelaizveidoSana
 8.4.2 Panela informacijas skatiSana un redigeésana

» 8.4.3 Panela dzesana
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8.4.1  Panelaizveidosana

Lai izveidotu paneli, rikojieties turpmak noraditaja veida (jums jabat pierakstitam(-i) sistéma vaditaja statusa).

1 Noklikskiniet uz opcijas Add panel (Pievienot paneli).

Programmatra tiks paradits dialoglodzin§ Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti).

Attéls 8-7: Dialoglodzin$ Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti)

Faagent panal propertas

Pl ame: | WER2 Panel
Avallatle markers: Penel concaing:
4&!!- I .ﬂ;. l!:ls!lM! .
P TER: Nagatia Gonml Lesg Test
“Earagen Racepio: (BF 1) Lemzm bl i ronwyadserms doais il
“(dml Fiasllary Acidic Probeis 385) Lmzm bl ooy
"HERZ Magaise ol Lisca i rossysstems
"HERZ Primary Aty Liskea Wit rosysstismss
“vwva iawinhioks & JKA AN 1 eab & Wl ivev-limvel ™

Dialoglodzina Reagent Panel properties (Reagentu panela rekviziti) labaja pusé eso$aja tabula ir redzams
panela saturs, savukart tabula kreisaja puse ir redzami visi pieejamie markieri.

Dialoglodzina aug$dala eso$aja lauka Panel Name (Paneja nosaukums) ievadiet panela nosaukumu.
Nav iespejams saglabat paneli bez nosaukuma.

Lai panelim pievienotu markieri, kreisaja puse esosaja tabula atlasiet vienumu pieejamo antivielu vai zonzu

saraksta un pec tam noklikskiniet uz .

Lai pievienotu pozitivu audu kontroles paraugu, noklikSkiniet uz markiera un péec tam noklikskiniet uz

Pos. tissue >

Lai pievienotu negativu audu kontroles paraugu, noklikSkiniet uz markiera un pec tam noklikskiniet uz

Lai dzestu vienumu no panela, atlasiet to tabula labaja pusé un noklikskiniet uz .

‘ ‘ Pane|os jabut testejamajiem audiem. Nav iespéjams saglabat paneli, kura nav testéjamu
audu.

Kad panelis ir pareizs, noklikskiniet OK (Labi), lai saglabatu informaciju.

Ja jus nevélaties saglabat paneli, noklikskiniet Cancel (Atcelt).
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Nodala 8 Reagentu parvaldiba (BOND kontrolleri)

8.4.2  Panelainformacijas skatiSana un redigésana

Lai skatitu panela informaciju, atlasiet to ekrana Reagent panels (Reagentu paneli) kreisaja pusé esosaja tabula.
Paneli eso$ie markieri tiek paraditi tabula ekrana labaja pusé. Lai redigétu paneli, noklikskiniet uz opcijas Panel
properties (Panela rekviziti) un rediggjiet, ka aprakstits 8.4.1 Panela izveidosana.

8.4.3  Paneladzesana

Lai dzéstu paneli no sistémas, atlasiet to ekrana Reagent panels (Reagentu paneli) tabula un péc tam noklikskiniet uz
opcijas Remove panel (Dzést paneli). Jums tiks IUgts apstiprinat dzésanu.

‘ Dzesiet panejus apdomigi. Dzésto panelu informaciju nevar atgut.
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Slaidu vesture (BOND
kontrollert)

Ekrana Slide history (Slaidu vesture) ir redzama informacija par BOND sistéma ieplanotajiem, apstradatajiem un
paslaik apstrade esosajiem slaidiem.

leplanotajam sérijam, kas tikusas apturétas pirms apstrades (atblokéjot paplati), tiek dzesti atsevisko slaidu ieraksti
no véstures saraksta un visai paplatei tiek paradita viena rinda ar statusu “Rejected” (Noraidits). Sadam sérijam var
veidot apstrades notikumu un detalizétas informacijas parskatus.

Saja nodala ir $adas sadalas:
« 9.1 Ekrans Slide history (Slaidu vésture)
e 9.2 Slaidu atlase
9.3 Slaidu rekviziti un slaidu atkartota apstrade
» 0.4 Seérijas notikumu parskats
» 0.5 Sérijas detalizétas informacijas parskats
» 0.6 Lietas parskats
e 0.7 Protokola parskats
9.8 Slaidu kopsavilkums
» 0.9 Datu eksportesana

9.10 Isa slaidu vésture
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9.1 Ekrans Slide history (Slaidu vesture)

Lai skatitu informaciju par slaidu vésturi vai veidotu sériju apstrades notikumu, sériju apstrades S"de";”y
informacijas vai lietu parskatus, funkciju josla atlasiet ikonu Slide history (Slaidu vesture). =

Attels 9-1: Ekrans Slide history (Slaidu vésture)

Slide history

Shile iy Dol i - P | H-daa-13 E 546 Akl H Tar  O5-Aget] E 45 A H m
-ty a4 1 e Ky Chirs P Bacen CEXE - 25575 Tasi 2 progeass :
Hobeg 13 H Ll e ] g Chirs P Bassn S5 - JEETED Tasl In progeasa
FICE Rk T DEEM1 ] Chim P Bazon CENE - JEETI0 Tent In progeaas
Ef-Aeg- 13 ad Lt )] *Keg Chire, P Bcon =L BT Teat 12 prmgess
g i s e *Kig Chirs P Bacon 505 - 255TED Test |n progeess
It a4 i) "Hig Chirz P Baven CE205 - 255750 Tesl I progress
-t 13 4 00033 R Chiirs P Bagen CE205 - 255750 sl 18 prigrass
IMfemg 1l M 00005254 L] Chirs P Bazen CEME - 255750 Tasl I progeans
Idmge13 a DS00539E L] Chim P, Biscon CEN0E - Q56T Teat I proaeas
Ef-fmg- 13 at DCACTH "Keg Chir P Bacon R - 2R6TED Teat 12 prmagesy
b1 a0 oo "COS Chey Cale M - Bareat Test |a progeess
-t 90 oL "Tyrees Jaciats Cxsan C53235 - 5a75ED Test I progress
-ty 13 30 D00 ‘CO20 Jazsts Danani 5335 - 5a75a0 sl I3 prograss
M-tmg13 50 [Ler e ‘oS Jacsk Daan C53235 - Ea7oal Tasl I progeans
Hbeg 13 ] B0 “Tyrom Aranda Franca CEXI34 - EXT0 Teat In progeess
Fi-feg-13 a0 Lt )] R Arransia Franos LR - BT Teat 12 prnayress
o k] 0 DO0Cng *Coan Chey Dol O - Bareat Test |n progeess
-tup i 90 et "Held Jacabs Csan CEI325 - 5I75E0 Test I pogess
-t i3 30 Lt b ‘Hald Arranda Frans 5324 - BXTE0S sl |a prograss

Fut 1D e et (vsry (el IVEFETTSet] Syt By

Lo

Slaidu véstures saraksta ir redzami virs saraksta eso$aja filtra Date range (Datumu diapazons) atlasitaja perioda
apstradatie slaidi vai filtra Slide ID (Slaida ID) atlasttais konkrétais slaids (skatit 9.2 Slaidu atlase).

Nemiet vera, ka ekrana paraditie sériju apstrades ID numuri var nepalielinaties pakapeniska veida. BOND-III un BOND-
MAX apstrades moduliem - sérijas ID numuri tiek pieskirti tad, kad ir bloketas slaidu paplates, tadel, ja paplate tiek
blokéta, atblokéta un péc tam atkal blokéta (pirms sérijas apstrades uzsaks$anas), sérijas ID numurs tiek palielinats,
un péc pirmas blokesanas pieskirtais numurs tiek izlaists.

BOND-PRIME apstrades moduli katram slaidam tiek pieskirts sérijas ID numurs.
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Nodala 9 Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

Slaidu krasu kodéjums ir identisks ekrana Slide setup (Slaidu iestatiS8ana) izmantotajam (skatit 6.5.1 Slaida lauku
apraksts un kontroles paraugi):

« balta — slaidi, kas izveidoti dialoglodzina Add slide (Pievienot slaidu),

« dzeltena — slaids, kas izveidots dialoglodzina Slide identification (Slaidu identificeéSana) (skatit 6.8 Improvizéta
slaidu un lietu izveide),

* gaiSi peleka — LIS slaidi,

« sarkana — prioritarie LIS slaidi (skatit 11.2.5 Prioritarie slaidi).
Katram slaidam saraksta ir Sadas vertibas:

« apstrades datums (datums, kad uzsakta slaidu apstrade),

e Serijas D

« Slaida ID

 markieris (primaras antivielas vai zondes nosaukums),

 Pacienta vards, uzvards

e LietasID

« Veids (testejamie vai pozitivie, vai negativie kontroles audi),

« Statuss (notiek apstrade vai apstrade pabeigta, ka ari informacija par to, vai ir novéroti kadi negaiditi notikumi;
ari testiem, kas apturéti pirms apstrades uzsak$anas iespéjams statuss “Rejected” (Noraidits)).

@ Ja statuss ir Done (notification) (Pabeigts ar pazinojumu), parbaudiet Run Events Report (Sérijas
notikumu parskats), lai noteiktu, vai neparedzetie notikumi var bat ietekméjusi iekrasosanu. Negaiditi
notikumi tiek atteloti treknraksta.

Lai skatitu informaciju par slaidu, atlasiet to saraksta, pec tam noklik$kiniet uz kadas no pogam zem saraksta.
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Nodala 9 Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

9.2 Slaidu atlase

Filtréjiet slaidus sarakstam ekrana Slide history (Slaidu vésture), kura paraditi visi noteiktaja perioda apstradatie
slaidi, vai art atveriet konkréetu slaidu, ievadot ta slaida ID. NoklikSkiniet uz nolaizamas izvélnes un atlasiet vajadzigo
slaidu filtru.

Datumu diapazona slaidu filtrs

Attéls 9-2: Datumu diapazona slaidu filtrs

Slide history

Lai noraditu ekrana radito parskata periodu, izmantojiet slaidu filtru Date range (Datumu diapazons); tiek paraditi tikai

attiecigaja perioda apstradati slaidi. lestatiet datumus “From” (No) un “To" (Lidz) un nepiecieSamibas gadijuma laikus,
lai noteiktu paradamo laika periodu. Tad noklikskiniet uz opcijas Apply (Lietot), lai paraditu slaidus.

Ja noteiktaja perioda tikusi apstradati vairak neka 1000 slaidi, tiek attéloti tikai pirmie 1000 slaidi. Lai skatitu visa
kopuma informaciju, jums ir jaeksporté slaidu dati — skatit 9.9 Datu eksportésana.

Lauks To (Lidz) ir sakotngji iestatits ka paSreizejais datums un laiks, savukart lauks From (No) — uz laiku tiesi pirms
nedélas. Mainot iestatijumus, jus varat atgriezties pie $is konfiguracijas, noklikskinot uz opcijas Last seven days
(Pédgjas septinas dienas).

Datuma un laika atlases parametru izmantoSana

Lai iestatitu dienu, ménesi un gadu, noklikSkiniet uz kalendara ikonas un atlasiet datumu. Ritiniet meénesus, klikSkinot
uz bultam kalendara nosaukuma josla. Vai ari noklikskiniet virsraksta joslas centra, lai atlasitu citu menesi, vai ritiniet
cauri gadiem. Tapat jus varat ierakstit datumu tiesi lauka.

Lai iestatitu laiku, noklikSkiniet uz laika lauka un izmantojiet augSup un lejup vérstas pogas (vai tastatiras augSup un
lejupverstos bulttaustinus). Atkariba no ta, kur ir novietots kursors, laiks mainas par vienu stundu, desmit minatém vai
vienu minati. Tapat jus varat ierakstit laiku tiesi lauka.

Slaidu ID filtrs

Izmantojiet slaidu filtru Slide ID (Slaidu ID), lai atrastu informaciju par konkrétu slaidu. lerakstiet slaida ID lauka Slide
ID (Slaida ID) un noklikskiniet uz opcijas Apply (Lietot).
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9.3  Slaidu rekviziti un slaidu atkartota apstrade

Lai skatitu slaida rekvizitus saraksta Slide history (Slaidu vésture), atlasiet slaidu un péc tam noklikSkiniet uz opcijas
Slide properties (Slaida rekviziti) (vai veiciet dubultklikski). Sis ir tas pats dialoglodzing, ko atver ekrana Slide setup
(Slaidu iestati$ana) (6.5.4 Slaida redigesana).

Ja dialoglodzin$ Slide properties (Slaida rekviziti) ir atverts ekrana Slide history (Slaidu vésture), tad nav iespéjams
mainit pacienta vai testa informaciju (jo slaids ir ticis vai tiek apstradats), bet var pievienot komentarus lauka
Comments (Komentari) vai atkartoti apstradat slaidus — skatit 9.3.1 Atkartota slaidu apstrade.

9.3.1  Atkartota slaidu apstrade

Ja slaids neatbilst prasibam, tam var tikt noradits, ka nepiecieSams veikt atkartotu apstradi. Veiciet talak noradito
procedru, lai uzsaktu slaidu atkartotu apstradi no dialoglodzina Slide properties (Slaida rekviziti).

1 Noklikskiniet uz opcijas Copy slide (Kopét slaidu).

Dialoglodzin$ Slide properties (Slaida rekviziti) mainas uz dialoglodzinu Add slide (Pievienot slaidu) ar
redigejamiem laukiem.

2 Veiciet nepiecieSamas izmainas un péc tam noklikskiniet uz opcijas Pievienot slaidu.

3 Apstipriniet nokopéta slaida lietu, pacientu un arstu, lai pievienotu slaidu ekranam Slide setup (Slaidu
iestatiSana).

Dialoglodzins Add slide (Pievienot slaidu) paliek atvérts, lai pec izvéles varétu pievienot papildu slaidus.

4 Noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvert), lai atgrieztos ekrana Slide history (Slaidu vésture).

5 Veiciet jaunizveidoto slaidu apstradi ierasta veida.
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9.4  Sérijas notikumu parskats

Sis parskats, ko sastada ekrana Slide history (Slaidu vésture), ietver informaciju par visiem notikumiem ar visiem uz
tas paplates esosajiem, kura tika apstradats atlasitais slaids. Noklikskiniet uz opcijas Run events (Sérijas notikumi),
lai izveidotu parskatu.

BOND-PRIME apstrades modulim parskata tiek paraditi atsevisku slaidu notikumi.

BOND-IIl vai BOND-MAX - sérijas notikumu parskatus var izveidot ari slaidu apstrades laika. Noklikskiniet ar peles
labo pogu uz attiecigas sérijas vai saraksta ekrana System status (Sistémas statuss) vai Protocol status (Protokola
statuss) un izvelne atlasiet opciju Run events (Sérijas notikumi). Notikumi, kuros tika aktivizéts slaida pazinojums, ir
izcelti treknraksta, lai tos varétu viegli atrast.

Sérijas notikumu parskata aug$eja labaja stari ir redzama talak tabula redzama informacija.

T ™ S

PM serial No. (PM Serijas apstradei izmantota apstrades modula sérijas numurs
sérijas Nr.)
Processing module Serijas apstradei izmantota apstrades modula nosaukums

(Apstrades modulis)

Slide tray (Slaidu Sérijas apstradei izmantota slaidu iekrasosanas bloka numurs (BOND-III vai BOND-MAX)
paplate)

ARC module (ARC Procedrai izmantota BOND-PRIME ARC modula numurs

modulis)

Dispense volume Dozéta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 Dozesanas apjomi un audu novietojums uz
(Doze$anas tilpums) slaidiem)

Start time (Sakuma Sérijas apstrades uzsak$anas datums un laiks

laiks)

Run progess (Sérijas Vai sérijas apstrade ir pabeigta jeb ta joprojam ir apstrade

apstrades progress)

Staining mode Izmantota iekraso$anas metode, pieméram, vienkar$a procedura
(lekraso$anas rezims)

Visu serija iek|auto slaidu etikeSu attéli ir noraditi parskata augSdala. Parskata pamatteksta ir redzams proceduras

sérijas laiks un notikuma numurs un apraksts. NepiecieSamibas gadijuma Leica Biosystems izmanto notikuma
numuru izmanto kjudu izsekoSanai.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.
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9.5  Serijas detalizetas informacijas parskats

Sis parskats, ko sastada ekrana Slide history (Slaidu vésture), ietver informaciju par katru tas paplates slaidu, kura ir
Sobrid atlasitais slaids. Paplates apstradei jabut pabeigtai un tai jabut atbloketai. Noklikskiniet uz opcijas Run details
(Informacija par sérijas apstradi), lai izveidotu parskatu. Parskata aug$éja labaja stlrt ir redzama informacija, kas
noradita tabula talak.

Lauks Apraksts

PM serial No. (PM sérijas  Sérijas apstradei izmantota apstrades modula sérijas numurs
Nr.)

PM name (PM nosaukums) Sérijas apstradei izmantota apstrades modula nosaukums

Slide tray (Slaidu paplate)  Serijas apstradei izmantota slaidu iekraso$anas bloka numurs (BOND-III vai BOND-
MAX)

Staining location Proceddrai izmantota BOND-PRIME ARC modula numurs
(lekraso$anas vieta)

Start time (Sakuma laiks)  Seérijas apstrades uzsak$anas datums un laiks

Run started by (Sérijas Tas personas lietotajvards, kas uzsaka seérijas apstradi
apstradi uzsaka)

Slide loaded by (Slaidu Tas personas lietotajvards, kura ieladeja slaidu
ieladéja)
Slide unloaded by (Slaidu  Tas personas lietotajvards, kura izladéja slaidu
izladeja)
Parskata pamatteksta ir katra sérijas apstradé iek|auta slaida etiketes attéls un talak noradita informacija.

Lauks Apraksts

Slide ID (Slaida ID) BOND sistéma pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.

Slide created by (Slaidu Tas personas lietotajvards, kura izveidoja slaidu, vai nepiecieSamibas gadijuma “LIS"
izveidoja)

Case No. (Lietas nr.) Unikals BOND programmaturas izveidots lietas identifikators

Tissue type (Audu veids)  Testejamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi

Dispense volume Dozéta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 Dozesanas apjomi un audu novietojums uz
(Dozesanas tilpums) slaidiem)
Patient name (Pacienta Pacienta identifikators

vards, uzvards)

Case ID (Lietas ID) Slaida iestatiSanas laika ievaditais lietas identifikacijas numurs
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T ™

Staining protocol Izmantotais iekrasoSanas protokols
(lekrasos$anas protokols)

Preparation Izmantotais sagatavo$anas protokols (ja tads ir)
(Sagatavosana)

HIER protocol (HIER Izmantotais HIER protokols (ja tads ir)
protokols)

Enzyme protocol (EnzZimu  Izmantotais enzimu izguves protokols (ja tads ir)

protokols)

Denaturation Tikai ISH: izmantotais denaturacijas protokols (ja tads ir)
(Denaturacija)

Hybridization Tikai ISH: izmantotais hibridizacijas protokols (ja tads ir)

(Hibridizacija)
LIS reference [2to 7] (LIS Papildu LIS atsauces informacija sistémam, kuras ir uzstadits LIS-ip (skatit 11.2.6 LIS
atsauce [2 lidz 7]) slaidu datu lauki)

Stain (lekrasosana) Izmantota iekrasoSanas metode, pieméram, vienkar$a proceddra

Completion status Norada, vai slaids tiek apstradats, ta apstrade ir pabeigta vai tam ir novertets

(Pabeigsanas statuss) rezultats. Aritas, vai ir tikusi registréti jebkadi pazinojuma notikumi.

Comments (Komentari) Komentarus jebkura laika var ievadit slaida rekvizitos

Sign off (Paraksts): Paraksts ir ipasi paredzeta vieta drukataja papira parskata, kur vaditajs var parakstit
katru slaidu

Izmantotie readenti (vai vélamais komplekts, kas satur reagentu maisijuma sastavdalas)

UPI (unikalais pakotnes Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta unikalais iepakojuma identifikators vai
identifikators) velamais komplekts
Name (Nosaukums) Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta nosaukums vai veélamais komplekts

Public name (Publiskais To sistému publiskais nosaukums, kuras ir instaléts LIS-ip
nosaukums)

Lot No. (Partijas nr.) Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta partijas numurs vai vélamais komplekts
Lielapjoma reagentu partiju numuri ir iekjauti BOND-PRIME

Expiration date (Deriguma  Katra attiecigajam slaidam izmantota reagenta vai vélama komplekta deriguma
termins) termin$

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.
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9.6

Lietas parskats

Sis parskats ietver informaciju par katru tas lietas slaidu, kura ir ieklauts pasreiz atlasitais slaids. Parskatu var
izveidot, izmantojot ekranu Slide setup (Slaidu iestati$ana), ekranu Slide history (Slaidu vésture) un dialoglodzinu
Slide identification (Slaidu identificéSana). Lietas parskata aug$éja labaja stdrt ir redzama informacija, kas noradita

tabula talak.

T ™ S

Case ID (Lietas ID)

Patient name (Pacienta
vards, uzvards)

Case comments (Lietas
komentari)

Doctor (Arsts)

Doctor comments (Arsta
komentari)

Created (Izveidots)

Case No. (Lietas nr.)

Slaida iestatiSanas laika ievaditais lietas identifikacijas numurs

Pacienta vards, uzvards

Papildu informacija par lietu

Par pacientu atbildiga arsta vai norikojosa patologa vards, uzvards

Papildu informacija par arstu

Lietas izveidoSanas datums un laiks

Unikals BOND sistemas izveidots lietas identifikators

Parskata ir sniegta talak noradita informacija par katru slaidu.

Lauks Apraksts

Slide ID (Slaida ID)

Slide created by (Slaidu
izveidoja)

Run (Sérija)

Run started by (Sérijas
apstradi uzsaka)

Tissue type (Audu veids)

Dispense volume
(Dozésanas tilpums)

Staining protocol
(lekraso$anas protokols)

Preparation
(Sagatavo3ana)

HIER protocol (HIER
protokols)

BOND sistéma pieskir unikalu identifikatoru katram slaidam.

Tas personas lietotajvards, kura izveidoja slaidu, vai nepiecieSamibas gadijuma “LIS".

Serijas numurs, kura slaids tika apstradats

Tas personas lietotajvards, kas uzsaka seérijas apstradi

Testejamie audi, pozitivie kontroles audi vai negativie kontroles audi

Dozéta reagenta tilpums (skatit 6.5.8 Dozésanas apjomi un audu novietojums uz
slaidiem)

Izmantotais iekrasoSanas protokols

Izmantotais sagatavosanas protokols (ja tads ir)

Izmantotais HIER protokols (ja tads ir)

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 228



Nodala 9 Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

T ™

Enzyme protocol (Enzimu

protokols)

Denaturation
(Denaturacija)

Hybridization
(Hibridizacija)

LIS reference [2 to 7] (LIS

atsauce (2 lidz 7))

Stain (lekraso$ana)

PM serial No. (PM sérijas

Nr.)

Staining Location
(lekraso$anas vieta)

Completion status
(Pabeig$anas statuss)

Comments (Komentari)

Sign off (Paraksts):

UPI
Name (Nosaukums)

Public name (Publiskais
nosaukums)

Lot no. (Partijas nr.)

Expiration Date (Deriguma

termins)

Izmantotais enzimu izguves protokols (ja tads ir)

Tikai ISH: izmantotais denaturacijas protokols (ja tads ir)

Tikai ISH: izmantotais hibridizacijas protokols (ja tads ir)

Papildu LIS atsauces informacija sistémam, kuras ir uzstadits LIS-ip (skatit 11.2.6 LIS

slaidu datu lauki)
Izmantota iekrasoSanas metode, pieméram, vienkarsa procedura

Serijas slaidu apstradei izmantota apstrades modula sérijas numurs
Pozicija, kura slaids tika apstradats

Norada, vai slaids tiek apstradats, ta apstrade ir pabeigta vai tam ir novertets
rezultats. Aritas, vai ir tikusi registréti jebkadi pazinojuma notikumi.

Komentarus jebkura laika var ievadit slaida rekvizitos

Paraksts ir rezerveta vieta drukataja papira parskata, kur vaditajs var parakstit
rezultatu un ievadit komentarus

Izmantotie reagenti
Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta unikalais iepakojuma identifikators
Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta nosaukums

To sistemu publiskais nosaukums, kuras ir instaléts LIS-ip

Katra attiecigaja slaida izmantota reagenta partijas numurs
Lielapjoma reagentu partiju numuri ir ieklauti BOND-PRIME

Katra attiecigajam slaidam izmantota reagenta deriguma termins

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.

9.7

Protokola parskats

Lai izveidotu atlasitajiem slaidiem izmantoto protokolu parskatus, atlasiet slaidu un pec tam noklikskiniet uz opcijas

Protocol report (Protokola parskats). Atlasiet vienu no slaidiem izmantotajiem protokoliem, un péc tam noklikskiniet
uz opcijas Report (Parskats), lai izveidotu parskatu. Parskata aprakstu skatiet 7.5 Protokolu parskati.
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9.8  Slaidu kopsavilkums

Slaidu apstrades kopsavilkums parada slaidu skaitu, kuru apstrade uzsakta noteiktaja perioda. Informacija tiek
attelota gan tabulas veida, gan grafiska formata ka noteikta laika perioda apstradato slaidu skaits uz laika vienibu.

Lai veidotu parskatu par apstradato slaidu skaitu, ekrana Slide history (Slaidu vesture) noklikSkiniet uz Slides
summary (Slaidu kopsavilkums), lai atvértu dialoglodzinu Slides summary (Slaidu kopsavilkums).

Nolaizamaja saraksta Processing module (Apstrades modulis) atlasiet konkrétu apstrades moduli péc ta nosaukuma
vai opciju All (Visi) (visus apstrades modulus vai sisttma BOND-ADVANCE visus grupas apstrades modulus, kam
klients paslaik ir pieslégts).

Lauka Resolution (Izskirtspéja) atlasiet laika vienibu, ko izmantot parskata sastadiSanai par apstradat uzsakto slaidu
skaitu, pieméram, opcija “Day” (diena) izveido parskatu, kura noradits katru dienu apstradat uzsakto slaidu skaits

noteiktaja laika perioda, savukart opcija “Month” (ménesis) norada slaidu skaitu, kuru apstrade uzsakta attiecigaja
perioda katru ménesi.

lestatiet datumus To (Lidz) un From (No). Lauka Resolution (Izskirtspeja) iestatita laika vieniba sakas datuma From
(No) un turpina darboties pilnas vienibas lidz datumam To (Lidz), kad perioda pabeig$anai var bit nepiecieSama
nepilna vieniba.

Noklikskiniet uz Generate (Izveidot), lai izveidotu parskatu.

Papildinformaciju par parskata logu un drukasanas opcijam skatiet 3.7 Parskati.
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9.9 Datu eksportesana

Ekrana Slide history (Slaidu vésture) noklikskiniet uz opcijas Export data (Eksportét datus), lai izveidotu failu, kura ir
detalizeta informacija par visiem slaidiem, kuriem atlasitaja datumu diapazona ir pabeigta apstrade. Eksportétais fails
tiek izveidots standarta "komatatdalito véertibu” (csv) faila formata un to var viegli importét treSo personu izklajlapu
lietojumprogrammas, pieméeram, Microsoft Excel. Pec importésanas izklajlapa dati tiek attéloti formata, kas |auj
(atkariba no izklajlapas funkcionalitates) kartot, meklét un izveidot pielagotus parskatus un grafikus.

Eksportétaja faila ir ieklauta talak noradita informacija par katru slaidu atlasitaja datumu diapazona.

Apstrades datums

PM sérijas numurs
Slaida ID

Serijas apstradi uzsaka
Markiera UPI

2. markiera UP!
Pacienta vards, uzvards

Audu veids (testéjamie vai pozitivie vai negativie
kontroles audi)

Statuss

Komentari

Sagatavo$anas protokola nosaukums
HIER protokola nosaukums

2. HIER protokola nosaukums

Enzimu protokola nosaukums

2. enzimu protokola nosaukums
Denaturacijas protokola nosaukums
2. denaturacijas protokola nosaukums
Hibridizacijas protokola nosaukums
2. hibridizacijas protokola nosaukums
lekraso$anas protokola nosaukums

2. iekrasoSanas protokola nosaukums

Apstrades modula nosaukums
Seérijas ID

Slaidu izveidoja

lekrasoSana

Markiera nosaukums

2. markiera nosaukums

Lietas ID

Arsts

Dozésanas tilpums

SagatavosSanas protokola versija
HIER protokola versija

2. HIER protokola versija

Enzimu protokola versija

2. enzimu protokola versija
Denaturacijas protokola versija
2. denaturacijas protokola versija
Hibridizacijas protokola versija

2. hibridizacijas protokola versija
lekrasoSanas protokola versija

2. iekrasoSana protokola versija

» NoteikSanas sistemas nosaukums » NoteikSanas sistemas sérijas numurs

2. noteikSanas sistemas nosaukums » 2. noteik§anas sistemas sérijas numurs

Slejas ar numuru “2" to nosaukuma attiecas tikai uz secigiem multipleksa iekrasoS$anas slaidiem; tie nosaka
informaciju, kas saistita ar attieciga slaida otro iekrasosanu.

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 231



Nodala 9 Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

Lai eksportétu slaidu, veiciet talak aprakstito proceduru.

1 Atlasiet nepiecie§amo datumu diapazonu (skatit 9.2 Slaidu atlase).
2 Noklikskiniet uz opcijas Export data (Eksportét datus).
3 Atlasiet, lai saglabatu failu, kad tas tiek prasits.
Datne tiek saglabata lejupielazu mape (vai atlasiet opciju Save as (Saglabat ka), lai saglabatu to cita mapé).

Saglabato failu var atvert standarta izklajlapu programma, pieméram, Microsoft Excel, un izmantot to atbilstosi
lietojumprogramma pieejamajam funkcijam. Atverot failu, jums var but janorada dazi faila parametri. Fails ir “csv”
formata, parametri ir Sadi:

« faila veids ir Delimited (NorobeZots),
« Delimiter (NorobeZotajs) vai Separator (Atdalitajs) ir Comma (Komats),

« izmantojiet General (Visparigs) kolonnu formatu.

@ Eksportéto slaidu informacija noraditais apstrades sakuma laiks precizi neatbilst ekrana
redzamajam vesturiskajam slaidu apstrades sakuma laikam. Slaidu vestures ekrana redzamais
sakuma laiks ir laiks, kura tika nospiesta sérijas apstrades palaides poga 05 . Savukart

eksportétajos datos noraditais laiks ir laiks, kad sérijas apstrade tika faktiski uzsakta apstrades
modul.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 232



Nodala 9 Slaidu vésture (BOND kontrolleri)

9.10 Is3 slaidu vésture

Isaja slaidu vestures parskata tiek radita informacija par visiem grupa apstradatajiem (vai joprojam apstradé
esosajiem) slaidiem par laika periodu, kas izmantots slaidu atlasei ekrana Slide history (Slaidu vésture). Zinojumam ir
paraksta zona, kuru var izmantot ierakstiem par apstradatajiem slaidiem.

Lai izveidotu Tsu slaidu vestures parskatu, atveriet ekranu Slide history (Slaidu vésture) un iestatiet datumus From
(No) un To (Lidz) un laiku, lai izveidotu ekrana sarakstu ar visiem $aja laika perioda grupa apstradatajiem slaidiem
(skatit 9.2 Slaidu atlase). Noklikskiniet uz opcijas Brief slide history (Isa slaidu vésture), lai izveidotu parskatu.

(viena nedgla) var ietvert tikstosiem slaidu. Sada apjoma slaidu parskata izveidosana aiznem
vairakas minutes — ja iespgjams, apsveriet isaka laika intervalu noteikSanu noklusejuma perioda

‘ Laboratorijas ar augstu apriti nokluséjuma laika diapazons ekrana Slide history (Slaidu vesture)
vieta.

Parskats ietver talak noradito informaciju par katru slaidu.

Audu veids

e LietasID

« Pacienta vards, uzvards Dozésanas tilpums

e Slaida ID o Statuss

* Markieris Paraksts

* |ekrasoSanas vieta
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'I Administracijas klienta profils
(BOND kontrollert)

Visa vispareja BOND sistémas konfiguracija (iznemot protokolus un reagentus) tiek veikta atseviska programmatras

lietotné “administracijas klients”. Administracijas klienta lietotni var palaist tikai tie lietotaji, kam ir administratora
statuss, kur ir pieejams pilns funkciju klasts.

Administracijas klienta lietotnei ir talak noraditie ekrani, kurus atver, izmantojot klienta lietotnes funkciju joslas
augSdala esosas ikonas.

Help Log out

@ <D

e 10.7 Lietotaji
e 10.2LIS

e 10.3 Etiketes
e 10.4BDD

e 10.5 lestatijumi

e 10.6 Aparatura
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10.1 Lietotajl

BOND sistémas lietotajus parvalda administracijas klienta lietotnes ekrana User management (Lietotaju
parvaldiba). Jus varat izveidot, redigét un atspéjot lietotajus. Jus nevarat dzést lietotajus — tie saglabajas

sistéma uz visiem laikiem. Tomer jus varat atspejot lietotajus, nelaujot tiem piek|ut nevienam klientam.

lespejotiem lietotajiem ir statusi, kas pieskir tiem dazadas tiesibas programmatura. Administracijas klienta lietotni var
atvert tikai tie lietotaji, kam ir administratora statuss (kur vini var veikt visas funkcijas). Lietotaji ar operatora statusu
var registrét reagentus, iestatit un apstradat slaidus, ka ari veidot parskatus, bet tie nevar redigét reagentu datus,
reagentu panelus un protokolus. Lietotajiem ar vaditaja statusu ir visas operatora tiesibas, bet vini var ari redigét
reagentu, panelu un protokolu informaciju. Lietotajiem var bt vairak neka viens statuss.

Attéls 10-1: Ekrans User Management (Lietotaju parvaldiba)

1 2 3 4
User manggement
Show users: B3 Adduser
Nhrsem‘J‘:h Smitt gt 5
3 i 6
= e
10 9 8 7
Apziméjumi
1 Visu BOND lietotaju saraksts 7  Reset (Atiestatit)
2 Filtrs, kas |auj radit visus lietotajus, tikai Atce| nesaglabatas izmainas
iespéjotus vai tikai atspéjotus lietotajus 8 Save (Saglabat)
3 Atlasita lietotaja informacija Saglaba pasreizéjam lietotajam veiktas izmainas
o 9 Paslaik atlasttais lietotajs — ta informacija tiek
4  Paroles prasibu pazinojums g _ T
radita ekrana labaja pusé
5 Dlsatz[e user (At_spejgt Iletgtaju) - ) 10 Add (Pievienot)
|A_tfpte_J_o (vai atkartoti iespejo) paslaik atlasito Noklikskiniet, lai dzestu informaciju ekrana labaja
ietotaju

6 Roles (Lomas)
Atlasiet lietotaja lomas
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Katram jaunam lietotajam ir nepiecieSams lietotajvards un parole. Lai pierakstitos kliniska klienta konta un
administracijas klienta lietotné, ir nepiecieSami abi. Péc lietotaja izveidoSanas nevar mainit lietotajvardu, tacu var
mainit paroli. Lietotaji jebkura laika var mainit savas paroles no BOND pieteikSanas dialoglodziniem un administratori
var tas mainit ari no ekrana User Management (Lietotaju parvaldiba). Paroles garums ir 4-14 rakstzimes un tai
jasatur vismaz viens cipars.

@ Paroles ir registrjutigas un ieteicams izmantot paroles ar lielajiem un mazajiem burtiem. BOND
programmatura valide paroles, kad tas tiek mainitas; nav iespéjams saglabat paroli, kamer ta

neatbilst minimalajam prasibam. Nekopigojiet paroles ar citiem darbiniekiem. Atrodoties prombutne
no apstrades modula, vienmer izrakstieties no sava konta.

Citi lietotaja dati (vards, uzvards un amata nosaukums) nav obligati. Tie paradas Zurnalos un parskatos. Lietotaja ID
tiek automatiski pieskirts, un tas tiek paradits zurnalos un parskatos.
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10.2 LIS

Lielako dalu LIS konfiguracijas veic servisa personals, instalgjot BOND LIS-ip, tomeér ekrana LIS configuration
(LIS konfiguracija) lietotajiem ir pieejamas dazas konfiguracijas iespéjas. Ekrana ir art kjidu zinojumu Zurnals.

Attéls 10-2: Ekrans LIS configuration (LIS konfiguracija)

LIS configuration
1 License: | AAAAAAAAAL
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrsy | 1 7
Log messages
Gt Jioet Jiogeriy Joorce ||
6
8
Apziméjumi

1 Licence Enable unprocessed LIS slide unprocessed
Rada LIS-ip licences paroli. lifetime (hrs) (lesp&jot neapstradato LIS slaidu

2  Duplicate case ID (Dublétas lietas ID) r[?u_zvu (h)EIS 05 slaidus. kas netiek
lestata darbibu lietam ar tadu pasu lietas ID ka £ES N0 Lo SaNEMIos STaldus, kas netle
esosajam lietam. apstradati ievadito stundu laika.

3 Forece LIS printing in BOND (Piespiedu LIS Log Messages (Zumala zinojumi)
drukagana BOND sistéma) Noklikskinot uz pogas View Log (Skatit Zurnalu)
NodroS$ina visu LIS slaidu izdrukasanu BOND. (skayt pa labi), Sie zinojumi tiek radrti saraksta
Skatit 11.7 Slaidu etiketes. veida.

4 Enable LIS to update LIS slides (lespéjot LIS, lai Edit LIS data fields (Redigeét LIS datu laukus)

atjauninatu LIS slaidus)

Parraksta (atjaunina) neaprstradatus slaidus, ja
LIS atkartoti nosuta slaidus ar tadu pasu svitrkoda
ID. Ja Sis iestatijums ir atspéjots, BOND noraidis
jebkuru LIS méginajumu atkartoti izmantot to
pasu svitrkoda ID.
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Konfigure slaidu datu atteloSanu BOND.

View log (SkatTt Zurnalu)

Parada k|udu sarakstu, kas izriet no zinojumiem,
kurus LIS nosutita BOND, vai BOND atbildém uz
LIS zinojumiem. Noklikskiniet velreiz, lai
atjauninatu sarakstu ar jaunakajam kjadam.

237



Nodala 10 Administracijas klienta profils (BOND kontrolleri)

Licence

Jums ir nepiecieSama BOND LIS-ip licence, kuru aktivizé ar paroli un kuru nodroSina Leica Biosystems. Parasti paroli
jums ievadis servisa personals, kas iestatis savienojumu ar LIS-ip, bet, ja ta nav, ekrana paradisies tikai lauks License
(Licence). levadiet paroli, lai ieslégtu LIS-ip funkciju un paraditu Attéls 10-2 attélotas konfiguracijas opcijas un
zurnalu.

Dublets lietas ID

Izmantojiet iestatijumu Duplicate case ID (Dubléts lietas ID), lai iestatitu to, ka apstradat no LIS sanemtas lietas, kuras
jau ir BOND sistéma un kuram ir identisks lietas ID ar LIS lietam, kuram beidzies deriguma termins vai kuras ir
dzestas. (Ja LIS lietai ir identisks lietas ID ka eso$ai BOND lietai, t.i., tadai, kas izveidota BOND sistéma, ta tiek
automatiski noraidita.) Pastav divas iespéjas:

« Resurrect existing case (Esosas lietas atjauno$ana) — esosa lieta tiek atjaunota (t.i,, ta tiek izmantota
atkartoti), ja tiek sanemta jauna lieta ar nosacijumu, ka tai ir identisks pacienta vards, uzvards ar eso3as lietas
pacienta vardu, uzvardu. Ja lietas ID ir identisks, bet pacientu vardi atskiras, jauna lieta tiek noraidita.

Ja ir mainijies arsta vards, uzvards, tiek izmantots jaunais vards,

* Reject message (Noraidijuma pazinojums) — jauna LIS lieta netiek parsutita BOND sistémai. Attiecigais
pazinojums tiek registréts LIS. Jums ir jamaina lietas ID LIS un atkartoti janosdta lieta.

Lai aplukotu izklastijumu par darbu ar dublétiem lietas ID lietas, kas nav LIS lietas, skatiet 6.3.4 Lietu dublesana,
atjaunosana un izbeigSanas. Vispariga informacija par LIS lietam pieejama 11.2.2 LIS lietas.

LIS slaidu datu lauki

Jus varat konfigurét BOND LIS-ip instalaciju ta, lai LIS nosatitu BOND sistemai lidz pat septiniem parametriem par
katru slaidu. Sie parametri ir paredzéti tikai skatiSanai, un tie tiek raditi dialoglodzina Slide properties (Slaidu rekviziti)
cilne LIS. Lai gan $o parametru pamata konfiguraciju veic servisa tehnikis, jus varat izvéléties paslépt kadu no
parametru laukiem un iestatit lauku nosaukumus.

Atzimejiet laukus, kurus vélaties paradit, un ievadiet lauku nosaukumus.
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10.3 Etiketes

Izmantojiet ekranu Label templates (Etikesu veidnes), lai izveidotu un redigétu slaidu etikesu veidnes, ka ar Lavet
atlasitu veidnes lietoSanai. <

Pastav astoni divdimensiju veidnu veidi, ko izmantot astoniem slaidu veidiem BOND sistema:

» BOND vienkarsa iekrasoSana

» BOND Oracle

» BOND secigs multiplekss iekrasojums

» BOND paralélais multiplekss iekrasojums
LIS vienkarsa iekrasoSana

e LISOracle

» LIS secigs multiplekss iekrasojums

LIS paralelais multiplekss iekrasojums

‘BOND" veidnes ir paredzeétas slaidiem, kas izveidoti BOND sistéma, un “LIS" veidnes ir paredzétas slaidiem, kas
izveidoti LIS, bet izdrukati no BOND sistémas.

Sis ieprieks definétas veidnes nevar redigét vai dzést.
BOND var nolasit viendimensiju, divdimensiju un OCR svitrkodus, bet izveidot tikai divdimensiju svitrkodus.

Ja jusu BOND sistema tika jauninata no 5.1 vai agrakas versijas, jus nevarat turpinat izmantot esoso svitrkodu
skeneri, jo Sis iepriek$ejais modelis neatbalsta divdimensiju svitrkodus.

Lai izmantotu slaidam citu veidni, nokopgjiet noklusejuma veidni un rediggjiet iegato “lietotaja veidni”. Tad
“aktivizejiet” to, lai izveidotu veidni, kuru BOND sistema izmantos $a veida slaidiem. Katram slaidu veidam var izveidot
neierobezotu veidnu skaitu, tacu vienlaikus var aktivizet tikai vienu.

BRIDINAJUMS: Vienmér iek|aujiet pietiekamu informaciju etiketés, lai nodro$inatu, ka etikeSu

automatiskas identifikacijas neizdoSanas gadijuma etiketes var identificét manuali. Leica
Biosystems iesaka pievienot visiem slaidiem $adus laukus:

* lietas ID vai pacienta vards, uzvards,
e Slaida ID
e audu veids — lai identificetu kontroles audus, un

» markieris — lietojama primara antiviela vai zonde.
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Attéls 10-3: Ekrans Label templates (EtikeSu veidnes)

1

Label templates

Slide type:

B3 siide label designer

03456787

Template properties B 7
limeters

eeeeeeeeeeee

12/12/2016 .

: *mARK(1) "
Mr. J. Citizen .
*IHC F (+) :
:'Dr. Jones :
5
4 6

Apziméjumi

1  Slide type (Slaida veids)
Atlasa slaida veidu — visas veida veidnes ir
paraditas talak esoSaja rut

2 Aktiva veidne (atziméta ar zilas krasas keksiti)

3 Atlasita veidne, kas tiek radita redigésanas rati
pa labi

4 Veidnu parvaldibas komandas — skatit Attels
10-4 EtikeSu veidnu parvaldibas komandas

5 RedigéSanas ruts ar kreisaja puse atlasito

veidnes izkartojumu

6 Veidnes redigésanas komandas — skatit Attéls

10-5 EtikeSu veidnu redigesanas komandas

7 Template properties (Veidnes rekviziti )

Paslaik atlasita veidnes izkartojuma rekviziti
kopuma (tikai apskatami, lidz kreisaja ruti
noklikskinat uz pogas Edit (Redigét))

Attéls 10-4: EtikeSu veidnu parvaldibas komandas

1 2

3 4

I3 3 8 3

Apziméjumi

1 lestata paslaik atlasito veidni, kas tiks
izmantota visam paslaik atlasita slaidu veida
etiketém.

2 Kope paslaik atlasito veidni, lai izveidotu
jaunu “lietotaja” veidni.
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3 Redigé paslaik atlasito veidni, izmantojot

ekrana labaja puse pieejamo redigésanas riti
un komandas. Nokluséjuma veidnes nevar
redigét.

4 Dzes paslaik atlasito veidni. Noklusejuma

veidnes nevar dzest.
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Attéls 10-5: EtikeSu veidnu redigesanas komandas

Label templates

Slide type: Bl | slice label designer

[, [BOND single stain 20
W% Y BOND singie siain

fg=) BOND single stain 2D_1
5% ") 80ND singlestan

*mARK(1) ceoo. B
Mr. J. Citizen :

Template properties a

Template name: | BOND single stain 20_1

Units: Milimeters

Height: 14.2239995559057 1
Width 21.0820000807444

Show outlines: 2

Field selection -
Field name: Staining protocol -

Demo label; "IHCA 3

Text properties a
Font Asal Nartow

12345678
12/12/2016

Weight Extra Light -
Alignment: Left -

Barcode properties -

e (+)

s

Apzimejumi

1 Template properties (Veidnes rekviziti)
levada veidnes nosaukumu un izméru

2 Show outlines (Rada kontiras)
Redigésanas ruti rada lauka kontlras

3 Field selection (Lauka atlase)
Atlasa lauka veidu, lai izceltu lauku
redigésanas ritl. levada lauka
demonstracijas tekstu.

4  Teksta rekviziti
Konfigure atlasita lauka teksta rekvizitus

Skatiet ar';

Choose fields (Lauku izvéle)

Atver dialoglodzinu Choose fields (Atlasit
laukus), lai pievienotu vai dzéstu laukus no
izkartojuma

Print (Drukasana)
Izdruka paSreizéjo izkartojumu atlasitaja
printert

Bidama vadiba demonstracijas etiketes
tuvinasanai un talinasanai

PaSlaik atlasitais lauks — konfigurgjiet pa labi
esoS$aja rati Text Properties (Teksta rekviziti).
Pavelciet lodzinus jebkura gala, lai mainitu to
platumu, vai pavelciet visu lauku, lai to
parvietotu.

Etiketes ID vai svitrkoda lauks — nedrikst
mainit izmerus

e 10.3.1 EtikeSu veidnu izveido$ana, redigésana un aktivizésana

» 10.3.2 Informacijas veidi
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10.3.1  EtikeSu veidnu izveidoSana, redigesana un
aktivizesana
Izveidojiet jaunas veidnes, kopéjot eso$as un redigejot tas, vai ari redigejiet esosas lietotaju veidnes (bet ne

nokluséjuma veidnes). Aktivizéjiet veidni, lai iestatitu to ka veidni, kas tiek izmantota BOND sistéma izdrukatajam
etiketém.

e 10.3.1.7 Jaunas veidnes izveidoSana
e 10.3.1.2 Veidnes redigésana
e 10.3.1.3 Veidnes aktivizacija

10.3.1.1 Jaunas veidnes izveidoSana

1 Atlasiet slaida veidu, kam ir paredzeta jauna veidne.
Tiek paraditas visas attiecigajam slaida veidam esosas veidnes.
2 Atlasiet veidni kopésanai (atlasiet veidni, kas visvairak [idzinas tai, kuru vélaties izveidot).

3 Noklikskiniet uz Copy (Kopét).
@ Veidnes ar divdimensiju svitrkodu kopéSana izveidos jaunu “lietotaja veidni” ar divdimensiju
svitrkodu.

10.3.1.2 Veidnes redigesana

1 Atlasiet veidni kreisaja puse redzamaja ruti un noklikskiniet uz opcijas Edit (Redigét).

Redigesanas rlts, pogas un rekvizitu saraksti ekrana labaja puse ir iespéjoti, lai varétu redigét veidnes
izkartojumu, kas redzams redigésanas rati.

2 Lairedigésanas rati redzetu lauka robezas, péc izvéles atlasiet opciju Show outlines (Paradit kontdras) (sadala
Template properties (Veidnes rekviziti) augseja labaja stari).

3 levadiet veidnes nosaukumu sadala Template properties (Veidnes rekviziti).

@ Etiketes veidnes nosaukumu garuma ierobezojums ir 64 rakstzimes, turklat visiem
nosaukumiem, kas tiek lietoti viena slaidu veida kategorija, jabut unikaliem.
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4 |zkartojuma redigesana

a Pievienojiet vai dzésiet laukus — noklikskiniet uz opcijas Choose fields (Izvélieties laukus) un atlasiet
paradamos slaida rekvizitus (visu pieejamo rekvizitu saraksts piegjams 10.3.2 Informacijas veidi).

Nemiet véra, ka nav iespgjams dzést lauku Label ID (Etiketes ID), kas tiek izmantots automatiskai
identificesanai.
b Pozicijas lauki — atlasiet un velciet laukus redigésanas rati.

¢ Mainiet lauku platumu — velciet lodzinus jebkura lauka gala. (Lauku augstumus iestata teksta fonta
izmers.)

Ja iestatitais lauka platums nav pietiekami gars, lai noraditu vértibu uz konkrétas etiketes, kad ta tiek
izmantota, teksts tiek saisinats un tiek pievienota daudzpunkte, lai butu skaidrs, ka ir veikta saisinasana.

Lauka Label ID (Etiketes ID) izmerus nedrikst mainit — laukam ir jasaglabajas
noklusejuma iestatijuma, lai to varétu nolasit apstrades modula attélveidotajs.

d lestatiet teksta rekvizitus — atlasiet lauku un sadala Text properties (Teksta rekviziti) iestatiet ta fontu un
fonta lielumu, stilu un nozimigumu. lestatiet art lauka teksta lidzinajumu.

5 NoklikSkiniet uz Save (Saglabat).

Parliecinieties, ka ap lauku Label ID (Etiketes ID) ir briva vieta. Ja teksts no citiem laukiem skar $o
lauku, tas var traucét automatisko identificeéSanu.

10.3.1.3 Veidnes aktivizacija

1 Atlasiet veidni kreisaja puse redzamaja ratr un noklikskiniet uz Activate (Aktivizet).

Veidne ir atziméta ar zilas krasas atzimi, ta noradot, ka tagad ta ir aktiva.

10.3.2 Informacijas veidi

EtikeSu veidnes var konfiguret, lai paraditu jebkuru talak noradito slaida informaciju, kas atlasita ekrana Labels
(Etiketes) redzamaja dialoglodzina Choose fields (Atlasit laukus).

Neviena veidné nevar dzest lauku Label ID (Etiketes ID), kas tiek izmantots automatiskai identificéSanai. Tas tiek
paradits ka divdimensiju svitrkods.

T ™ S

Lietas ID Slaida lietas ID (UZMANIBU nevis lietas numurs - skatit 6.3.2 Lietu identifikatori).

Slaidu izveidoja Tas personas lietotajvards, kura bija pieteikusies klienta sistéma, kad tika izveidots
slaids, vai “LIS’, ja nepiecieSams.

Denaturacijas protokols Denaturacijas protokola saisinatais nosaukums.
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T ™ S

2. denaturacijas protokols

Dozésanas tilpums

Arsta komentars

Arsts
EIER protokols
2. EIER protokols

lestade

HIER protokols

2. HIER protokols

Hibridizacijas protokols

2. hibridizacijas protokols

LIS arsta komentari
LIS arsts
LIS atsauce [2-8]

Marker (Markieris)

2. markieris

Pacienta komentars
Pacients
Sagatavo$anas protokols

Publiskais nosaukums

Otra denaturacijas protokola saisinatais nosaukums (var bit nepiecieSams
multipleksas iekrasosanas protokolos).

100 pL vai 150 yL dozesanas tilpums.

Komentars norikojo$ajam arstam, kas ievadits BOND sistéma (skatit 6.4 Arstu
parvaldisana).

Norikojosa arsta vards, uzvards.

Enzimu protokola saisinatais nosaukums.

Otra enzimu protokola saisinatais nosaukums (var bt nepiecieSams multipleksas
iekraso$anas protokolos).

lestades nosaukums, kas ievadits administracijas klienta lietotnes ekrana

Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi) lauka Facility (lestade) — skatit
10.5.1 Laboratorijas iestatijumi.

HIER protokola saisinatais nosaukums.

Otra HIER protokola salsinatais nosaukums (var bt nepiecieSams multipleksas
iekraso$anas protokolos).

ISH hibridizacijas protokola saisinatais nosaukums.

Otra ISH hibridizacijas protokola saisinatais nosaukums (var bit nepiecie§ams
multipleksas iekraso$anas protokolos).

LIS-ip sistemas — komentars arstam LIS sistema.
LIS-ip sistemas — arsta vards un uzvards.

BOND sistéma importéto LIS slaidu rekviziti.
Skatiet 11.2.6 LIS slaidu datu lauki.

Primaras antivielas vai zondes saisinatais nosaukums vienkarsa iekrasojuma,
paraléla multipleksa iekrasojuma vai seciga multipleksa iekrasojuma protokolos.

Multipleksas iekraso$anas protokola otra cikla primaras antivielas vai zondes
saisinatais nosaukums.

Lietas komentars (skatit 6.3.3 Lietas pievienosana).
Pacienta vards, uzvards.
Sagatavo$anas protokola saisinatais nosaukums.

LIS-ip sistemas vienkarSa iekrasojuma vai multipleksa iekrasojuma protokola pirma
cikla primaras antivielas vai zondes publiskais nosaukums (skatit 11.2.4 Publiskie
markieru nosaukumi).
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T ™ S

2. publiskais nosaukums

Slaida komentars

Slaida dati

Slaida ID
Slaida prioritate
lekraso$anas rezims

Staining protocol
(lekrasosanas protokols)

2. iekrasosanas protokols

Tissue type (Audu veids)

LIS-ip sistemas multipleksa iekrasojuma protokola otra cikla primaras antivielas vai
zondes publiskais nosaukums (skatit 11.2.4 Publiskie markieru nosaukumi).

Slaida komentars (skatit 6.5.2 Slaida izveidosana).

Etiketes drukasanas datums (isais formats atbilsto$i Windows regionalajas un
valodas opcijas (Control Panel (Vadibas panelis) iestatitajam).

8 ciparu slaida ID, kas ir unikals slaida ID BOND sistema.
LIS-ip sistemas — slaida prioritates statuss.
VienkarSais iekrasojums, multiplekss iekrasojums vai Oracle slaids.

VienkarSa iekrasojuma vai multipleksa iekrasojuma protokola pirma cikla
saisinatais nosaukums.

Multipleksa iekrasojuma protokola otra cikla saisinatais nosaukums.

Testéjamie audi vai pozitivie, vai negativie kontroles audi. BOND druka “(-)"
negativajiem kontroles audiem un “(+)" — pozitivajiem kontroles audiem, savukart
testa audiem tas nedruka apzimejumus.
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10.4 BDD

Izmantojiet ekranu BDD update (BDD atjauninasana), lai atjauninatu BOND datu definicijas un izveidotu B0
notikumu registracijas failus. w7

Attéls 10-6: Ekrans BDD update (BDD atjauninasana)

3 4 5
BDD update
Leica Biosystems periodically distributes BOD (BOND Delta Definitions) updates on the web site, &.g. 1o add newly released reagents.
2 File selected:
Import status: Successful
=
Update log
1 23-Aug-13 11:30:52 AM Information Test management Finished .
23-Aug-13 11:30:52 AM Information Instrument management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Instrument management Finished
23-Aug-13 11:31:49 AM Information ‘Case management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information ‘Case management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Rules management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50 AM Information Import SQL scripts Finished
23-Aug-13 11:31:50 AM Information Label management Started
23-Aug-13 11:31:51 AM Information Label management Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM Information BOD update Finished
6
Apziméjumi
1 BDD atjauninajumu Zurnals 5 Load (lelade)

Lai instaletu BDD atjauninajumu failu lauka,

2 Atlasitais BDD atjauninajumu fails e T
noklikSkiniet kreisaja puse
3 BODatjauninajumu progresa josla un statuss 6. Export audit trail (Eksportet notikumu registracijas
4 Browse (Parlukot) datus)
Atrodiet BDD atjauninajumu failu un atveriet lauka Noklikskiniet, lai izveidotu notikumu registracijas
kreisaja puse failus — 10.4.2 Notikumu registracija
Skatit:

e 10.4.1 BDD atjauninajumi
» 10.4.2 Notikumu registracija
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10.4.1 BDD atjauninajumi

Leica Biosystems periodiski izplata BDD (BOND datu definiciju) atjauninajumus timek|a vietne, pieméram, lai
pievienotu jaunizlaistos reagentus. BDD atjauninajumu failiem BOND ir paplasinajums "*.bdd". Instaléjiet Sos
atjauninajumus no ekrana BDD update (BDD atjauninajumi).

dazadus attiecigajos regionos speka eso$os noteikumus. Noteikti instaléjiet pareizo atjaunina$anas
failu savam regionam (dialoglodzina About BOND (Par BOND) ir redzama regiona informacija, skatit
3.9 Par BOND). Ja neesat parliecinats(-a) par to, kuru failu izmantot, sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu.

c UZMANIBU! Dazadiem pasaules regioniem ir atkirigi BDD atjauninajumu faili, kas atspogulo

BDD atjauninajumu var instalét jebkura laika.

1 Lejupieladéjiet atjauninajumu failu no timek|a vietnes Leica Biosystems un saglabajiet to USB zibatmina, kas
nesatur virusus.

2 levietojiet USB zibatminu BOND vai BOND-ADVANCE kontroliert (vai, alternativi, jebkura BOND sistémas
BOND-ADVANCE terminalr).

3 Administracijas klienta lietotné atveriet ekranu BDD update (BDD atjauninajumi).

4 Noklikskiniet uz opcijas Browse (Parlukot) un Windows dialoglodzina Open (Atvért) atrodiet atjauninajuma
failu.

5 NoklikSkiniet uz opcijas Open (Atvért), lai lauka blakus ekrana aug$ejam kreisajam stirim paraditu BDD failu.
6 Noklikskiniet uz opcijas Load (leladét), lai atjauninatu definicijas ar jaunajiem datiem.

7 Zinojumi tiek ierakstiti Update Log (Atjauninajumu Zurnala), norisinoties atjaunina$anas procesam. Kad
atjauninasana ir pabeigta, beigu rinda tiek paradits statuss “BDD update: Finished” (BDD atjauninajums:
pabeigts), un aug$ejas rlts progresa josla ir redzams statuss “Successful” (Veiksmigs).

8 Atveriet ekranu About BOND (Par BOND), lai parbauditu, vai BDD ir atjauninats uz jaunako informaciju.

@ Vienigais veids, ka noskaidrot, vai BDD atjauninajums ir veiksmigs, ir aplukot ekranu BDD update
(BDD atjauninajums) vai ekranu About BOND (Par BOND). Sis process aiznem tikai dazas min(tes,

tadel mes iesakam uzgaidit, [1dz tiek pabeigta atjauninasana, un péc tam pariet uz citu ekranu.

@ Ja atjauninasana nav izdevusies, datu definicijas tiek atjaunotas stavokli pirms atjauninajuma, un
atjauninajumu Zurnala tiek veikts attiecigs ieraksts. Ja atjauninasana neizdodas, sazinieties ar

klientu atbalsta dienestu.
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10.4.2  Notikumu registracija

@ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli. BOND-PRIME notikumu registracijas dati tiek
ierakstiti pakalpojumu Zurnala parskata.

Jus varat izveidot visu sistéma veikto izmainu notikumu registraciju, tostarp to, kur$ un kad veicis izmainas.
Notikumu registracijas dati tiek ierakstiti vairakos CSV failos, katra ierakstot atskirigu informacijas kategoriju. Faili
tiek saglabati mapé: BOND Drop-box\\Audit\\YYYMMDD-HHmmss kontrollert.

Lai izveidotu notikumu registracijas failus, veiciet talak noraditas darbibas.

1 Atveriet ekranu BDD update (BDD atjauninasana) un noklikskiniet uz opcijas Export audit trail (Eksportét
notikumu registraciju).

2 Atlasiet opciju All data (Visi dati), lai veidotu parskatus par visam izmainam visa sistémas ekspluatacijas laika,
vai opciju Custom date range (Pielagots datumu diapazons), lai noteiktu konkrétu periodu, péc tam atlasiet
datumu From (No) un To (Lidz) un laiku.

3 Noklikskiniet uz opcijas Export (Eksportét).

10.5 lestatijumi

Ekrana Settings (lestatijumi) ir pieejami visparigi laboratorijas méroga BOND sistemas (Laboratory settings

(Laboratorijas iestatijumi)) un nokluséjuma lietu un slaidu iestatijumi un darbplismas opcijas (Case and slide

settings) (Lietu un slaidu iestatijumi)).

e 10.5.1 Laboratorijas iestatijumi
e 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi

» 10.5.3 Datubazes dubléjumi
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10.5.17 Laboratorijas iestatijumi

lestatiet visparigas laboratorijas iespégjas riti Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi).

Attels 10-7: Ekrana Settings (lestatijumi) ritT Laboratory settings (Laboratorijas iestatijumi)

Settings
Laboratory settings Laboratory settings
Case and slide settings Facility: 'I
Play welcome 2
Always dip test (BOND-IIl and BOND-MAX only)
Ready-to-use reagents
Reagent systems. 3
Open containers
BOND-PRIME settings
Uﬁerinadiviw-ﬁhnn 15 (minuleﬁ) 4
User inactivity - long 180 (minutes)
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 14:00 B 5
6
Last backup: 26/10/2025 14:00 7
Export de-i { (with data
' Active database Archived database backups Export 8
Apziméjumi
1 lestade 5 24 stundu dublésana ieplanota plkst. (h)
lerakstiet savas laboratorijas nosaukumu, kas lestatiet laiku ikdienas automatisko datubazes
paradisies parskatos dubléjumu veiksanai (24 stundu laika formata)
2 Atskanot sveiciena zinojumu — skatit 10.5.3 Datubazes dublejumi.
BOND programmatdras startésanas laika 6 Dublet talit
atskano sveiciena zinojumu Nekavejoties sakt datubazes dublesanu —

3 Vienmer veikt iegremdésanas testu 10.5.3 Datubazes dublejumi.

Atzimgjiet, lai pirms katras sérijas apstrades 7 Informacija par pedejo dubléSanu vai progresa

noraditajiem reagentu konteineru veidiem tiktu josla, kameér tiek veikta dublesana.

veikts iegremdesanas tests — skait 8 Eksportét neidentificétu datubazi

8.3.1 Reagenta tilpuma noteikSana Atlasiet, vai vélaties eksportét neidentificétus
4 Lietotdja neaktivitate datus no aktivas datubazes vai no datubazes

Tikai BOND-PRIME. dubléjuma.

Short (Iss) - iestatiet neaktivitates periodu
(mintes), péc kura lietotajam bds atkartoti
jaievada savs PIN kods.

Long (ligs) - iestatiet neaktivitates periodu
(minates), pec kura lietotajam atkal ir
japiesakas.
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10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi

Lietu un slaidu iestatijumi |auj iestatit Sadus parametrus:

» vairaku konfiguréjamu vertibu nokluséjuma vertibas lietu un slaidu izveidoSanai,

» darbplusmas opcijas lietu un slaidu izveidoSanai.

Lietu un slaidu opciju aprakstus skatit Attels 10-8 un Attels 10-9.

Attéls 10-8: Lietas iestatijumi rti Case and slide settings (Lietu un slaidu iestatijumi)

Case settings

Default preparation:
Default dispense volume:
Create impromptu cases or slides:

Processed case lifetime:

= W R =

Create daily case

"Dewax n

150 L | ~ |

Cases and slides '
30| (days)

Apziméjumi

1 Nokluséuma sagatavoSana
Noklusejuma sagatavoSanas protokols jaunam
lietam.

2 Noklusgjuma dozésanas tilpums
Nokluséjuma dozesanas tilpums jaunam lietam.

3 Improvizéta lietu/slaidu izveide
lestata opcijas, lai izveidotu lietas un/vai slaidus péc
slaidu ielades — skatit 6.8.2 Slaidu identificesanas
iekarta iespgjas.
Piezime: nav piemerojams BOND-PRIME apstrades
moduliem.
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4 Apstradatas lietas mazs
Dienu skaits, kura lieta saglabajas ekrana Slide
setup (Slaidu iestatiSana) péc lietas pédéja slaida
apstrades palaiSanas - skatit 6.3.4.2 Apstradatas
lietas darbmuzs.

5 lzveidojiet ikdienas lietu
Katru dienu automatiski izveido vienu lietu visiem
Saja diena apstradatajiem slaidiem — skatit
6.3 Darbs ar lietam.
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Attéls 10-9: Slaidu iestatijumi rati Case and slide settings (Lietu un slaidu iestatijumi)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID v Barcode
Apziméjumi
1 lekraso$anas reZzims 3 Piespiedu drukasana BOND
Jaunu slaidu nokluséjuma iestatijums — skatit At|auj apstradat tikai slaidus ar etiketém, kas
6.5.2 Slaida izveidoSana. izdrukatas BOND — skatit 6.8.2 Slaidu
2 BOND etiketes ID identificeSanas iekarta iespéjas.
Slaidiem paredzétie etikeSu identifikatori BOND ir Piezime: nav piemérojams BOND-PRIME apstrades
divdimensiju svitrkodi. moduliem.

10.5.3 Datubazes dublejumi

Datubaze tiek glabata svariga pacientu informacija, un ta ir nepiecieSama pareizai BOND sistémas darbibai. Tade|, lai

nodroSinatu datu bazes atkopSanu tas bojajuma gadijuma, BOND sistémai ir automatiska un manuala dublejumu
sistema:

 automatiski ikdienas dublejumi,

e "manuali”, dublejumi péc pieprasijuma.
Visi dublejuma faili tiek saglabati §is BOND kontrollera mapes apakSmapés:
B:\\BOND Drop-box\\Backups
Katram dubléjuma veidam tiek izveidotas divi faili, kuriem vienmer ir vienads nosaukuma formats:
[lestades nosaukums]_BOND_GGGG-MM-DD-HH-mm-ss,

kur iestades nosaukums ir identisks ar administracijas klienta lietotnes ekrana Settings (lestatijumi) ievadito (skatit
10.5.1 Laboratorijas iestatijumi) (vai péc nokluséjuma tas tiek iestatits uz “lestade’, ja nav ievadits iestades
nosaukums). Nosaukums ietver dubléSanas datumu un laiku. Galvenajiem dublgjuma failiem ir paplasinajums
‘.dump”, un tiem ir ari zurnala fails ar paplasinajumu “.log".

Automatiska ikdienas dublésana tiek veikta laika, kas iestatits administracijas klienta lietotnes ekrana Settings
(lestatijumi) (10.5.1 Laboratorijas iestatijumi). Jaunakais dublésanas fails atrodas mapé "Scheduled_Latest". Ta tiek
parvietota uz mapi “Scheduled_1_Days_0Id", kad tiek palaists nakamas dienas dublejums, un ta talak turpmakas

seSas dienas (uz mapi “Scheduled_7_Days_0ld"), un péc tam ta tiek dzésta.

Dublesana netiek veikta, ja planotaja dubléSanas laika BOND kontrolleris ir izsleégts. NodroSiniet, ka tiek iestatits laiks,
kad kontrolleris bus ieslegts un kad nav sagaidams, ka norisinasies sérijas apstrade.
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Manualu dublesanu var veikt jebkura laika (iznemot gadijumus, kad notiek automatiska dublésana) administracijas

klienta ekrana Settings (lestatijumi). Sadala Database backup (Datubazes dublésana) noklikskiniet uz opcijas Backup
now (Dublét tagad) (skatit 10.5.1 Laboratorijas iestatijumi).

Kad dublesana pabeigta, dialoglodzina paradas attiecigs pazinojums. Dubléjuma un Zurnala faili tiek saglabati mape
‘Manual” (Manuali). Veicot nakamo manualo dublésanu, faili tiek parvietotas uz mapi “Manual_Previous”. Faili tiek
dzesti pec tresas manualas dublésanas, t. i., tiek saglabati tikai divu pédejo manualo dubléSanu dati.

Jebkura veida nesekmigas dublésanas gadijuma funkciju joslas labaja pusé paradas ikona (pa labi) gan X
administracijas klienta lietotne un kliniska klienta profila. Ikona turpina but redzama, lidz veiksmigi tiek

veikta dublésana. lkonas paradisanas gadijuma méginiet veikt manualu dublésanu péc iespéjas atrak. Ja ‘=
neizdodas veikt ari to, nekaveéjoties sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Jo 1pasi vecakas BOND sistémas, kuras uzkrajies lielaks datu apjoms, periodiski parbaudiet, vai pietiek vietas
dubléjuma failiem. Parasti viens dublejuma fails tiek dzésts, kad tiek izveidota jauns, tade| izmantotais diska apjoms
pieaugs ar relativi maziem soliem. Tomer kada bridi var but nepiecieSama papildu vieta uzglabasanai — $ada
gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Papildu dro$ibas labad regulari dubléjiet dubléjuma failus cita atrasanas vieta (arpus BOND kontrollera). Ja
iespéjams, organiz€jiet automatisku dubléSanu sadarbiba ar savu IT nodalu. Pretéja gadijuma kopéjiet failus manuali
reizi nedé|a (biezak laboratorijas ar augstu apriti). BOND kontrolleris darbina dro$u FTP serveri, lai IT nodala varétu

pierakstities un lejupieladét dubléjuma failus no BOND Drop-box mapes, izmantojot drosu FTP.

Datubazes atjaunoSanas nepiecieSamibas gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
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10.6  Aparatura

Izmantojiet ekranu Hardware configuration (Aparatras konfiguracija), lai konfigurétu apstrades modulus, Harduware

grupas (apstrades modulu grupas, kas tiek kontrolétas no viena klienta profila) un slaidu uzlimju printerus. &
Aparaturas konfiguracija tiek veikta tris cilnés:

e 10.6.1 Apstrades moduli

¢ 10.6.2 Grupas

» 10.6.3 Slaidu marketaji

10.6.1  Apstrades moduli

Apskatiet BOND sistema esos$os apstrades modulus un konfiguréjiet to lielapjoma reagentu konteinerus cilné
Processing modules (Apstrades moduli).

Ja apstrades modulis ir fiziski savienots ar BOND kontrolleri, izmantojot tikla kabeli, tas automatiski paradas cilnes
Processing modules (Apstrades moduli) kreisaja rat.

‘ BOND kontrolleris |auj pievienot tikai saderigus apstrades modulus. Ja ir pievienots nesaderigs
apstrades modulis, tiek ekrana paradas ikona un k|tdas zinojums (skatiet ikonu tabulu un to nozimi
nakamaja lappuse).
Atlasiet apstrades moduli, lai cilnes labaja pusé paraditu ta informaciju. Pieskiriet apstrades modulim unikalu
nosaukumu un nepiecieSamibas gadijuma atspéjojiet daZus beztaras konteinerus (skat. 10.6.1.7 Lielapjoma reagentu
konteineru atspejosana). Saglabajot Sos iestatijumus, apstrades modulis tiek uzskatits par “ievaditu ekspluatacija”

Tas saglabajas cilné ari tad, kad tas ir izslégts vai atvienots, lidz jus partraucat to ekspluatét (skat. 10.6.1.2 Apstrades
modula ekspluatacijas partrauksana).
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Attéls 10-10: Cilne Processing modules (Apstrades moduli) ekrana Hardware configuration (Aparaturas

Hardware configuration
Procebsing modules. Pods Slide labellers
3210123
BOND-Ill Bulk reagent configuration has been defined for the procssing module.
BOND-IIl #1
=Y Nomal
M210178 ol N°
BOND-MAX Serial N' 3210123
BOND-MAX #2
o Name: BOND-IIl #1
M212025 P Address: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
BOND-MAX #4 Type: BOND-IIl
Homal
M212053 Bulk container configuration

BOND-MAX #3

Norml

TH B3

BOND-IIl

TH B3
Notyat configured

TH_Max
BOND-MAX
TH Max

il
9
<
g B
il
<

4 5 6 7
Apziméjumi
Visi pievienotie apstrades moduli. Apkope pabeigta

Paslaik atlasitais apstrades modulis —ta
informacija tiek radita ekrana labaja puse.

Atlasita apstrades modula sérijas numurs,
nosaukums (redigéjams), IP adrese un apstrades
modula veids.

Partraukt ekspluataciju

Atlasita apstrades modula ekspluatacijas
partrauk$ana — skatit 10.6.1.2 Apstrades modula
ekspluatacijas partraukSana.

Lielapjoma konteineru konfiguracija — jus varat
nonemt atzimi dazam stacijam, ja tas netiks
izmantotas - skatit 10.6.1.7 Lielapjoma reagentu
konteineru atspéjosana talak.

Piezime: nav piemerojams BOND-PRIME
apstrades moduliem.
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NoklikSkiniet, lai atiestatitu datumu un slaidu
skaitu péc profilaktiskas apkopes — skatit
Profilaktiska apkope sadala 12 TiriSana un apkope
(tikai BOND-IIl un BOND-MAX).

Saglabat

Lai ievaditu ekspluatacija jaunpievienotu
apstrades moduli, jums ir jasaglaba
konfiguracijas iestatijumi. Lai saglabatu
apstrades modula konfiguracijas iestatijumus,
vispirms ir japarliecinas, ka ir atbloketi visi ta
slaidu iekraso$anas bloki.
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Ikonas blakus apstrades modula attéliem kreisaja rati norada, kad moduli atrodas dazados stavok|os:

A1/ Apstrades modulis nav pievienots. @ Tiek veikti apstrades modula apkopes
- darbi.

Stikona tiek radita (kopa ar klidas
zinojumu) art tad, ja pievienotais
apstrades modulis nav saderigs ar BOND
sistemu.

Apstrades modulis tiek inicializets. — Apstrades modulis nav sanémis
@ lielapjoma reagentu konfiguraciju.
Noklikskiniet uz opcijas Save (Saglabat),
lai nosutitu konfiguraciju.

Paslaik tiek veikts apstrades modula ] Apstrades moduli tika sanemta
Serviss. l i lielapjoma reagentu konfiguracija.

® |||

10.6.1.1 Lielapjoma reagentu konteineru atsp&josana

‘ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli.

Laboratorijas, kas neveic epitopu izguvi un/vai atvaskoSanu BOND sistéma, var atspéjot attiecigos konteinerus
programmatdra un iznemt tos no apstrades modula. Péc tam Sajos konteineros nav jauztur reagenti - tas paatrina
apstrades modula inicializaciju, jo nav nepiecieSams sagatavot Skidumu padeves linijas uz konteineriem. Lai
atspejotu lielapjoma konteinerus, rati Bulk container configuration (Lielapjoma konteineru konfiguracija) nonemiet
tiem atzimi un noklikskiniet uz opcijas Save (Saglabat). Kad tiek prasits, restartéjiet apstrades moduli, lai izmainas
statos speka. Atspéjotus konteinerus var dzést vai atstat attiecigaja pozicija apstrades modul.

10.6.1.2 Apstrades modula ekspluatacijas partraukSana

Jajums vairs nav nepiecieSams apstrades modulis, partrauciet to ekspluatét, lai dzéstu to no cilnes Processing
modules (Apstrades moduli). Parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslégts, péc tam atlasiet to cilné Processing
modules (Apstrades moduli) un noklikskiniet uz Decommission (Partraukt ekspluataciju). Ja apstrades modulis
joprojam ir pievienots grupai, pec ta ekspluatacijas partraukSanas tas tiks automatiski dzests no grupas.

Lai atkartoti ievaditu apstrades moduli ekspluatacija, no jauna pievienojiet ta tikla kabeli.
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10.6.2  Grupas

Grupas ir apstrades modulu (un slaidu etikeSu printeri) kopumi, ko var kontrolét no viena kliniska klienta profila —

skatit 3.1 Sistemas arhitektura. Izveidojiet grupu pat vienas darbvietas instalacijam, kur visi apstrades moduli tiek
kontroléti no BOND kontrollera. Izveidojiet un redigéjiet grupas cilné Pods (Grupas).

Attéls 10-11: Cilne Pods (Grupas) ekrana Hardware configuration (Aparatras konfiguracija)

Haidware configuration
Procgssing modules Pods Slide labellers
Nam: Fi
@ Fire
Q7 Podt Description Pod 3
9 viater
Q" @ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH_B3 M212025
2 o g e Q |E2ts.
@@ Pod3 & P ety compues T roms
TH_Max 4
Q@ BOND-MAX
ato @{"‘. S
Allocated slide labellers Available slide labellers
=), ZDesigner TLP 3822
Apzimejumi
. - = — . . . Y
1 Visu grupu saraksts 6 Atlasitaja grupa ieklautie slaidu etikeSu

printeri. Nokluséjuma printeris ir atziméts ar
zilas krasas atzimi — skatit 10.6.2.7 Jaunas
grupas izveidoSana talak.

2 Apstrada modulus atlasttaja grupa. So pasu
kartibu izmanto kliniskaja klienta - skatit

10.6.2.1 Jaunas grupas izveidoSana talak. o - . L
7 PasSlaik atlasita grupa — tas informacija tiek

3 Izvéletas grupas nosaukums un apraksts (abi radita ekrana labaja pusé.
redigejami). o
. _ _ . . ) 8 Grupas pievienosana
4  Visiapstrades moduli, kas nav ieklauti grupas. Noklikskiniet, lai konfigurétu jaunu grupu —
5  Visi slaidu markétaji, kas nav ieklauti grupas. skatit 10.6.2.7 Jaunas grupas izveidosana
talak.
Dzést

Noklikskiniet ar peles labo pogu uz tuksas
grupas un noklikskiniet uz Delete (Dzést), lai to
dzestu.
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Lai apstrades moduli bitu pieejami iek|lau$anai grupa, konfiguréjiet tos cilné Processing modules (Apstrades moduli)

(skatit 10.6.1 Apstrades moduli). Lai slaidu markétaji batu pieejami ieklausanai grupa, konfigurgjiet tos cilné Slide
labelers (Slaidu marketaji) (skatit 10.6.3 Slaidu markétaji).

10.6.2.1 Jaunas grupas izveidoSana
1 Noklikskiniet uz opcijas Add pod (Pievienot grupu).
2 levadiet unikalu grupas nosaukumu un pec izvéles pievienojiet aprakstu.

3 RUtT Available processing modules (Piegjamie apstrades moduli) (aug$€ja labaja stur) atlasiet apstrades

modulus un noklikskiniet uz virziena pa kreisi vérstas bultinas pogas , lai tos pievienotu ruti Allocated
processing modules (Pieskirtie apstrades moduli) (augseja kreisaja stari).

Vairaku apstrades modulu pievienoSanas gadijuma pievienojiet tos tada seciba, kada vélaties, lai cilnes tiktu
paraditas kliniska klienta profila, pieméram, ja jus vispirms atlasat apstrades moduli A un otru apstrades
moduli B, tad paneli apstrades modulis A tiks radits virs B; savukart System status (Sistémas statuss) cilnés
grupai pieslegtos klientos. Lai parkartotu apstrades modulu secibu, dzesiet tos, izmantojot virziena pa labi
vérsto bultinas pogu un péec tam pievienojiet tos pareiza seciba.

4 Rt Available slide labelers (Pieejamie slaidu markétaji) (apakseja labaja stari) atlasiet vienu vai vairakus
slaidu etike$u printerus un pievienojiet tos ratij Allocated slide labelers (Pieskirtie slaidu markétaji) (apakseja
kreisaja stari).

Vairaku printeru pievieno$anas gadijuma visi printeri ir pieejami atlasiSanai, drukajot slaidus. lestatiet
nokluséjuma printeri, veicot labo klikski, un noklikskinot uz opcijas Set as default printer (lestatit ka

noklusgjuma printeri). Noklus&juma printeris ir atziméts ar zilas krasas atzimi.

5 NoklikSkiniet uz Save (Saglabat).

Lai dzestu grupu, dzésiet visus apstrades modulus un printerus, pec tam kreisaja ruti noklikskiniet ar peles labo pogu
uz grupas un noklikskiniet Delete (Dzést).

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 257



Nodala 10 Administracijas klienta profils (BOND kontrolleri)

10.6.3  Slaidu marketaji

BOND sistémas izmantotie slaidu markétaji janovieto, jaidentificé un jaaktivize administracijas klienta lietotnes
ekrana Hardware configuration (Aparatras konfiguracija) cilné Slide labelers (Slaidu marketaji). Tas |auj iek|aut tos
grupas (skatit 10.6.2 Grupas).

Attéls 10-12: Cilne Slide labelers (Slaidu markétaji) ekrana Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija)

1 2 3

Hafdware configutation

Prockssing modules Pods| Slide labellers

=] ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842

=4 ZDesigner TLP 3342 Host name:

Printer type: Zebra TLP3842 ﬂ

=3
4
Apzimejumi
1 Saraksts ar visiem slaidu marketajiem. 3 Slaidu etikeSu printera informacija — skatit

2 Palaik atlasitais slaidu markétajs — t3 10.6.3.1 Slaidu etikeSu printera dati talak.

informacija tiek radita ekrana labaja puse. 4 Pievienot printeri
Noklikskiniet, lai pievienotu jaunu slaidu

markétaju — konfiguréjiet to ekrana labaja
PUSE.

Lai no jauna pievienotais slaidu markétajs bitu pieejams ieklausanai grupa, noklikskiniet uz Add printer (Pievienot
printeri) un péc tam ekrana labaja puse ievadiet informaciju par printeri.

Ne visas instalacijas pastav grupas. Ja nepastav neviena grupa, nokluséjuma printeris ir pirmais
printeris saraksta.
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Ja slaidu markeétajs tiek aizstats, jums nav japievieno jauns marketajs — jus varat aizstat veca
markétaja informaciju ar jauna markétaja informaciju.

Lai dzéstu marketaju no saraksta, noklikskiniet ar peles labo pogu uz ta un atlasiet Delete (Dzést).

10.6.3.1 Slaidu etikeSu printera dati

BOND sistémai ir nepiecieSama turpmak noradita informacija par katru slaidu etikeSu printeri.
« Display name (Displeja nosaukums): markétaja nosaukums, kas paradas BOND programmatra

« Printer name (Printera nosaukums): Windows izmantota printera nosaukums

Printera nosaukums BOND-ADVANCE instalacijas faktiski ir printera parametrs Share name
(KoplietoSanas nosaukums), kas noradits dialoglodzina Windows Printers and Faxes (Printeri un
faksi).

 Host name (Resursdatora nosaukums): atstajiet tuksu, ja vien tas nav Zebra printeris (pieméram, ZDesigner
TLP 3842) BOND-ADVANCE instalacija — tada gadijuma ievadiet ta terminala Computer name (Datora
nosaukumu), kuram piesaistits slaidu markétajs.

Parametrs Computer name (Datora nosaukums) ir atrodams Windows dialoglodzina System
(Sistéma) (skatit Attels 10-13).

Attéls 10-13: Datora nosaukums Windows sistemas dialoglodzina

Compaster name, domsin, ared workgroup setings
[ computer name: ¢ CRAFISTL | # Change setengs
*Full computer neme: CRRFETL
Compuste descripbon: Leica BN Temminal PC [Leica 3040
Workgroup: LExcA

« Printer type (Printera veids): printera modelis (pieméram, ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Testa etikesu drukasana

Lai parbauditu drukas izlidzinajumu, rikojieties talak izklastitaja veida. Labels
S
Z
1 Administracijas klienta lietotné atveriet ekranu Labels (Etiketes). ~>
2 Kreisaja paneli atlasiet etiketi un noklikskiniet uz opcijas Print (Drukat).
Attéels 10-14: Testa etiketes drukasana
Label templates
Slide type: BOND single stain - Slide label designer
@ ;Egyfwgin'g‘lisminzD Template properties. -
5D s an 20 s B
: | 12345678 .
. 12/12/2016 |
3 8 :
] ]
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
#IHC A +):
Dr. Jones ;
]
= v
=3
3 Dialoglodzina Select a Printer (AtlasTt printeri) atlasiet attiecigo printeri un noklikSkiniet uz opcijas Print
(Drukat).
4 Atkartojiet 3. darbibu, tris lidz piecas reizes. Parliecinieties, ka visas rakstzimes ir skaidri un precizi uzdrukatas
uz etiketes.

5 Ja attéla novietojums uz etiketes nav pareizs, skatiet Zebra printera kalibracijas pielagosana (10.6.3.3. sadala
260. Ipp.) vai Kognitiva printera kalibracijas pielagosana (10.6.3.4. sadala 266. Ipp.).

10.6.3.3 Zebra printera kalibracijas pielagoSana
@ Si procediira attiecas uz abiem Zebra printeru veidiem: TLP 3842 un GX430t. Pastav dazas
atSkiribas, kas ir aprakstitas attiecigajos iestatijumos.

‘ BOND-ADVANCE instalacijas gadijuma veiciet talak aprakstito proceduru BOND-ADVANCE terminali.
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1 Windows uzdevumjosla noklikSkiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers (lerices un

printeri).

2 Noklikskiniet ar peles labo pogu uz printera ikonas (pieméram, ZDesigner TLP 3842) un atlasiet Printer

Properties (Printera rekviziti).

Sistéma atver dialoglodzinu Printer Properties (Printera rekviziti), ka paradits Attels 10-15.

Attéls 10-15; Printera rekviziti

E&Q ZDesigner TLP 3842 Properties

X

Printer Settings ~ Stocks Language  Barcode Fonts ~ Command Fonts ~ About
General Sharing Parts Color Management Securty
= ZDesigner TLP 3342 |
Location: | |
Comment:
Model: ZDesigner TLP 3842

Features

Color: Mo

Paper available:

Double-sided: No BOMND Slide Label
Staple: Unknown User defined
Speed: Unknown
Maximum resclution: 300 dpi
Preferences... Print Test Page
Cancel Apply Help
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3 Atlasiet cilni Advanced (Paplasinatie).

Attéls 10-16: Printera rekviziti — cilne PaplaSinatie

[ ZDesigner TLP 3842 Properties X

Prirter Settings ~ Stocks  Language  Barcode Forts  Command Forts  About
General Sharng Ports Advanced Color Management Security

() Available from 12:00 AM
Priority: 1 =
Diriver: ZDesigner TLP 3842 ~ Mew Driver...

(®) Spool print documents so program finishes printing faster
(D) Start printing after last page is spocled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[[1Held mismatched documents
Print spooled documents first
[[1Keep printed documents
[“]Enable advanced printing features

P g Defaults... Print Processor... Separator Page...

Gl | [ b | [ e
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4 Noklikskiniet uz pogas Printing Defaults... (Drukas nokluséjuma parametri...).

Sistéma atver dialoglodzinu Printing Defaults (Drukas noklusejuma parametri), ka paradits Attéls 10-17.

Attéls 10-17: Drukas noklusejumi

@A ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Printer Memary
Settings
Speed: 50 ~ | mm/s
Darkness: 7 ~
[Stocks: User defined v
Paper Format
O cm i @ portrait
BCD (O landscape
Oen MM A rtate 180°
Size
wa
Height: 15.50
Unprintable Area
O —
A [ e
Cocd | [ B | [ e

Sis dokuments attiecas uz printera iestatijumiem milimetru izteiksmé. Tadé| iestatiet papira formatu uz mm.

5 Nolaizamaja saraksta Stocks (Krajumi) atlasiet “BOND Slide Label” (BOND slaida etikete).
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6 Atlasiet cilni Stocks (Krajumi).

Attéls 10-18: Drukas noklusejumi — cilne Stocks (Krajumi)

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About
Ciptions Advanced Setup Dithering Stocks Prirter Memary

Defined stocks

BOND Slide Label

Stock deseription

BOND Slide Label

Description

Define your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores |abel dimensions and some printer settings.

| Mew | || Change... " | Delete |
[ok ]| Cancel || ooy || Heb |
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Nodala 10 Administracijas klienta profils (BOND kontrolleri)

7 Noklikskiniet uz pogas Change... (Mainit...).
Sistema atver logu Define Stock (Noteikt krajumus), ka paradits Attéls 10-19.

Pirms iestatijumu mainiSanas ieteicams iestatit printeri nokluséjuma iestatijumos, ka redzams talak esoSaja

tabula, un izdrukat dazas testa etiketes.

Etiketes platums 24,00 mm 40,00 mm
Etiketes augstums 15,50 mm 15,00 mm
Neapdrukajama zona — pa 0,00 mm 4,50 mm
kreisi

Neapdrukajama zona — pa 1,50 mm 0,00 mm
labi

Attéls 10-19: Dialoglodzin$ Define Stock (Noteikt krajumus)

Define Stock ? b4

MName

BOMD Slide Label

Options
Darkness 7 e
Speed 50 w | mm/s
Dimensions
Label Width 2400 mm
Label Height 1550 mm

Unprintable Area
Right: Bottom:

Cancs e

« Jairnogriezta kreisa mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz samaziniet vertibu

lauka Right (laba puse), pieméram, no 1,50 mm lidz 1,00 mm.

« Jairnogriezta laba mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz palieliniet vértibu

lauka Right (laba puse), pieméram, no 1,50 mm Iidz 2,00 mm.

8 Noklikskiniet uz OK (Labi).
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0 Atkartojiet etikeSu drukasanas un pielagoSanas proceduru, lidz iegustat pienemamu informacijas izvietojumu
uz etiketes (teksts nav nogriezts).

(Krajumu nosaukumu jau izmanto sistémas veidnu datubaze) pec noklikskinasanas uz OK
(Labi). Saja gadijuma dialoglodzina Define Stock (Noteikt krajumus) mainiet parametru Name

‘ Jus varat sanemt k|udas pazinojumu Stock name already used by system form database
(Nosaukums), ka paradits Attels 10-20, un pec tam noklikskiniet uz OK (Labi).

Attéls 10-20: EtikeSu krajumu pardévesana

Define Stock ? >

Mame

BOND Slide Label 1

Options
Darkness 7 v

Speed ) w | mmSs

10.6.3.4 Kognitiva printera kalibracijas pielagosana

BOND-ADVANCE instalacijas gadijuma pierakstieties BOND-ADVANCE kontrolleri ka informacijas paneli
BONDDashboard. Ja panelis tiek radits paslaik, nospiediet Alt+F4, lai to aizvertu.

1 Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers (lerices un
printeri).
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2 Veiciet labo klikski uz printera ikonas (pieméram, Cognitive Terminal 1) un atlasiet opciju Printer Properties
(Printera rekviziti).

Attels 10-21: Atlasiet printera rekvizitus

See what's printing

@ Set as default printer
a

Printing preferences

Printer properties

Cognitive
Terminal 1 Create shortcut

E;‘ Remove device

Troubleshoot

Properties

@ Neatlasiet opciju Printing Preferences (Drukas preferences) — dialoglodzini ir identiski, bet
iestatijumi netiek atjauninati pareiza veida.

Sistéma atver dialoglodzinu Cognitive Printer Properties (Cognitive printera rekviziti), ka paradits Attéls 10-22.

Attéls 10-22: Cognitive printera rekviziti

= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties *
Printer Settings ~ Stocks  language  Barcode Fonts ~ Command Forts  About
General Sharing Ports Color Management Security
f—

|Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties |

Location: | |
Comment:
Model: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: Mo User defined ~

Staple: Unknown 0.75%0.75 inch

115x% 1 inch
Speed: Unknown 1.2x1inch
Maximum reselution: 300 dpi 1.25x2inch v
Preferences... Print Test Page

Cancel Zoply Help
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3 Atlasiet cilni Advanced (Paplasinatie).
Sistéma atver cilni Advanced (Paplasinatie), ka paradits Attels 10-23.
Attéls 10-23: Cilne Advanced (Paplasinatie)

=1 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties x

Printer Seftings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Forts  About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

Priority:

Driver: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT ~ Mew Driver...

(®) Spool print documents so program finishes printing faster
(D) Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[ Hold mismatched documents
Print spooled documents first

[ Keep printed documents

[] Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor... Separator Page...

Conosl | [l [
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4 Noklikskiniet uz pogas Printing Defaults... (Drukas nokluséjuma parametri...).
Sistéma atver dialoglodzinu Printing Defaults (Drukas noklusejuma parametri), ka paradits Attéls 10-24.

Attéls 10-24: Dialoglodzin$ Print Defaults (Noklusgjumu drukasana)

A Cegnitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings  About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fants

Settings
Speed: Low
Darkness: 100
Stocks: [ BOND Slide Label b
Paper Format
Oem (®) portrait
Omis
|
Oinch rotate 180°
Size
Width: 2200
Height: 15.00
Unprintable Area
Left: 0.00 Top: 0.00
Right: 0.00 Bottom: 0.00

Concel (oo b

Sis dokuments attiecas uz printera iestatijumiem milimetru izteiksmé. Tadé| iestatiet papira formatu uz mm.

5 NolaiZzamaja saraksta Stocks (Krajumi) atlasiet “BOND Slide Label” (BOND slaida etikete).
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6 Atlasiet cilni Stocks (Krajumi).

Attéls 10-25: Drukas noklusejumi — cilne Stocks (Krajumi)

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

X

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock description
BOND Slide Label

Description

Diefine your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores label dimensions and some printer settings.

0K Cancel Apply Help
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7 Noklikskiniet uz pogas Change... (Mainit...).
Sistema parada dialoglodzinu Define Stock (Noteikt krajumus), ka paradits Attéls 10-19.
Attéls 10-26: Dialoglodzins Define Stock (Noteikt krajumus)

Define Stock ? e

Name

BOND Slide Label

Ciptions
Darkness 300 ~
Speed Low w
Dimensions
abel it ™
Label Height 15.00 mm

Unprintable Area
Left:

 Jairnogriezta kreisa mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz samaziniet vértibu
lauka Right (laba puse), pieméram, no 0,50 mm [idz 0,30 mm.

 Jairnogriezta laba mala, iedala Unprintable area (Neapdrukajama zona) nedaudz palieliniet vértibu
lauka Right (laba puse), pieméram, no 0,50 mm [idz 0,70 mm.

 Jairnogriezta aug$eja vai apakséja mala, skatiet Pielagojiet vertikalo etiketes novietojumu printert
Cognitive Cxi Printer (10.6.3.5. sadala 273. Ipp.).
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8 Noklikskiniet uz OK (Labi).

(Krajumu nosaukumu jau izmanto sistemas veidnu datubaze) péec noklikskinasanas uz OK
(Labi). Saja gadijuma dialoglodzina Define Stock (Noteikt krajumus) mainiet parametru Name

‘ Jus varat sanemt k|udas pazinojumu Stock name already used by system form database
(Nosaukums), ka paradits Attéls 10-27, un péc tam noklikskiniet uz OK (Labi).

Attels 10-27: EtikeSu krajumu pardévesana

Define Stock ? >

MName

BOND Slide Label 1

COptions
Darkness 300 "

Speed Low e

O lzdrukajiet etiketi, lai parbauditu rezultatu. Atkartojiet proceduru, lidz iegUstat pienemamu informacijas
izvietojumu uz etiketes (teksts nav nogriezts).
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10.6.3.5 Pielagojiet vertikalo etiketes novietojumu printeri Cognitive Cxi Printer

Ja etikete ir novietota parak augstu vai zemu, dialoglodzina Printing Defaults (Drukas noklusgjuma parametri) atlasiet

cilni Advanced Setup (Papildiestatijumi), ka paradits Attels 10-28.

Attéls 10-28: Cilne Advanced Setup (Paplasinatie iestatijumi)

Options Advanced Setup

Print Mode
() Direct Themal
Sensor Type

Present Label
[ Disabled

=0 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About

Stocks Barcode Fonts

(®) Themmal Transfer

(®) Gap () Black Bar

() None

Distance Advance

Distance Reverse

inch

Cutter/Peeler Options
Enable Cutter

Settings

Print Resolution
Graphic Options

() Direct Print
Export Label Format to Printer

(O RAM

Enable Peeler Mode

Full Cut After Every Label

[] Disable Settings Sent to the Prirter

®Storing Graphic;

® FLASH

Delimiter: MNone

Apply Help

Mare Settings

 Jairnogriezta aug$eja mala, iedala Present Label (Pasreizeja etikete) nedaudz palieliniet parametra Distance
Advance (Attalums pirms teksta) vertibu, pieméram, no 0,00 mm Iidz 1,00 mm.

 Jairnogriezta apakseja mala, iedala Present Label (Pasreizéja etikete) nedaudz palieliniet parametra Distance
Reverse (Attalums péc teksta) vertibu, pieméram, no 0,00 mm fidz 1,00 mm.

« Piemeérojiet pielagojumus tikai vienam iestatijumam. Ja parametra Distance Advance (Attalums pirms teksta)
lauka jau ir noradita vértiba un ir nogriezta apakséja mala, samaziniet parametra Distance Advance (Attalums
pirms teksta) vertibu ta vieta, lai palielinatu parametra Distance Reverse (Attalums péc teksta) vertibu. Viena

vertiba ir nulle, savukart otra vertiba kontrolé novietojumu.

1 Noklikskiniet uz OK (Labi).

2 lzdrukajiet etiketi, lai parbauditu rezultatu. Atkartojiet proceduru, lidz iegustat pienemamu informacijas

izvietojumu uz etiketes (teksts nav nogriezts).
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'I 'I LIS integracijas pakotne (BOND

kontrollert)

Izveles BOND LIS integracijas pakotne (LIS-ip) savieno BOND sistému ar jebkuru saderigu laboratorijas informacijas
sistemu (LIS). LIS-ip nodod lietu un slaidu informaciju no LIS uz BOND sistému, un BOND sistéma nosita apstrades
informaciju uz LIS, izmantojot LIS-ip.

LIS-ip ir augsti konfigurejama un spgj darboties ar dazadiem LIS veidiem un laboratorijas darbplusmam. LIS-ip var
konfigurét ta, lai nodrosinatu nevainojamu integraciju starp LIS un BOND sistemu, sniedzot iesp&ju automatiski
atpazit LIS slaidus, kas novers nepiecieSamibu atkartoti market slaidus. Visparéjo parskatu par pieejamajam
darbplasmam skatiet Darbplusmas (11.8. sadala 284. Ipp.).

Leica Biosystems nodrosina centram pielagotu visaptveroSu apmacibu par instalaciju.
Informaciju par BOND LIS-ip skatiet turpmak noraditajas sadalas.
» Noteikumi par LIS-ip lietoSanu
Skatit 11.1 LIS terminologija.
» Informacija par programmaturas papildu funkcijam
Skatit 11.2 Programmaturas papildu funkcijas.
* LIS savienojuma un konfiguracijas parskats
LIS kludas pazinojumu un atkopsanas apraksts
Skatit 11.4 LIS pazinojumi.
Atsauces saraksts ar lietu un slaidu datiem
Skatit 11.5 Lietu un slaidu datu prasibas.
« Slaidu statusa datu apraksts, kuru BOND LIS-ip var zinot LIS
Skatit 11.6 Slaidu datu nosutiSana atpakal uz LIS.
 Atsauce uz slaida etikeSu prasibam
Skatit 11.7 Slaidu etiketes.
 Parskats par tipveida LIS ievieSanu
Skatit 11.8 Darbplusmas.
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11.1 LIS terminologija

Lai aprakstitu LIS funkcionalitati un noskirtu BOND sistémas standarta elementus no LIS elementiem, ir nepiecieSami
vairaki jauni termini. Sie termini ir aprakstiti talak saraksta.

LIS — laboratorijas informacijas sistéma; programmatura, kas parvalda ar laboratorijas darbu saistito
informaciju.

» LIS-ip —BOND LIS integracijas pakotne, kas ir neobligats papildinajums un |auj BOND sistémai stradat ar LIS.

LIS slaids — slaids, ko izveidojusi LIS un kas tiek nosutits BOND sistémai uz apstradi.

» LISlieta — lieta, ko izveidojusi LIS un kas nosutita BOND sistémai.

 Auto-ID slaida etikete — slaida etikete, ko BOND sistéma var automatiski atpazit. Tos var izdrukat BOND
sistéma vai LIS, ja vien tiek izmantots atpazistams svitrkoda formats. Skatiet 11.3 LIS savienojums un

« Slaida etikete bez auto-ID — jebkura slaida etikete, ko BOND sistéma nevar atpazit automatiski.

» LIS slaida etikete — slaida etikete, kas izdrukata, izmantojot LIS pieslegtu printeri. LIS slaida etiketé ir redzams
LIS svitrkods un jebkura cita informacija, kas etiketeém ir konfiguréta LIS.

» BOND-LIS slaida etikete — slaida etikete, kas izveidota LIS, bet izdrukata no BOND sistémai pieslégta printera.
BOND-LIS etikete tiek izmantota BOND LIS slaidu etikeSu konfiguracija, ko var redigét, izmantojot BOND
programmataru.

» PievienoSanas numurs — pla$i lietojams LIS termins, ar kuru apzimé numuru vai citu ID, kas identificé noteiktu
lietu. Pievieno$anas numurs ir ekvivalents BOND sistémas “case ID" (lietas ID).

 Pacienta dati — pacienta informacija, kas veido “lietu” BOND sistema.
» Demografiskie dati — plasi lietojams LIS termins, ko izmanto pacientu datu vai lietu datu apzimésanai.

LIS svitrkods — LIS pieskirtais svitrkods, kas unikali identifice katru LIS slaidu.

11.2 Programmatlras papildu funkcijas

BOND sistemam, kuras ir iesp€jota LIS, standarta versija ir pieejami programmaturas papildu funkcijas. BOND LIS-ip
sistémas saglaba visus BOND programmaturas standarta lidzek|us un funkcijas.

Skatit:
e 11.2.1 LIS statusa ikona
e 11.2.2 LIS lietas
e 11.2.3 LIS slaidi
e 11.2.4 Publiskie markieru nosaukumi
e 11.2.5 Prioritarie slaidi
e 11.2.6 LIS slaidu datu lauki
e 11.7 Slaidu etiketes
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11.2.1 LIS statusa ikona

Attels 11-1: LIS statusa ikona BOND programmatiras ekrana augséja labaja sturt

b

BOND programmatura ar LIS-ip ietver LIS statusa ikonu standarta funkciju joslas labaja mala. Ta attélo:

o LISk|udas pazinojumu (skatit 11.4 LIS pazinojumi).

11.2.2 LIS lietas

LIS lietas ir lietas, kas izveidotas LIS un péc tam nosutitas uz BOND sistemu. Savukart BOND lietas ir lietas, kas
izveidotas BOND sistéma.

« LISlietas ietver tos pasus rekvizitu laukus, ka BOND lietas, bet informaciju nevar redigét péc lietas
nosutiSanas uz BOND sistemu.

» BOND sistema automatiski pieskir unikalu lietas numuru katrai LIS lietai.
« LIS pievieno$anas numurs vai lietas ID BOND sistéma k|ust par lietas ID.
 Jalietas ID ir sakrit ar esoSas BOND lietas ID, jauna LIS lieta tiek noraidita. Jums ir jamaina lietas ID LIS.

» Jajaunas LIS lietas ID un pacienta vards un uzvards sakrit ar aktivas LIS lietas datiem, kas jau ir noraditi
ekrana Slide setup (Slaidu iestatiSana), eso$a lieta tiek izmantota automatiski. “Jaunaja” lieta esosie slaidi tiek
pievienoti esosaja lieta ieklautajiem slaidiem. Ja lietas ID ir vienads, bet pacientu vardi atskiras, jauna lieta tiek
noraidita.

» Ja LIS lietas ID un pacienta vards un uzvards sakrit ar BOND sistéma esoSas LIS lietas datiem, kurai ir beidzies
deriguma termins vai kura ir dzésta, tiek atjaunota esosa lieta vai noraidita jauna lieta atkariba no

administracijas klienta profila LIS ekrana veiktajiem iestatijumiem (skat. Dubléts lietas ID (. sadala 238. Ipp.)).
« Slaidi, kas pievienoti LIS lietai, izmantojot BOND programmaturu, tiek veidoti ka BOND slaidi.

LIS lietam ir tads pats noklusejuma sagatavoSanas protokols un dozésanas tilpums ka BOND lietam, kas

iestatitas administracijas klienta profila (skat. 10.5.2 Lietu un slaidu iestatijumi).
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11.2.3 LIS slaidi

LIS slaidi ir slaidi, kas izveidoti LIS un péc tam nosutiti uz BOND sistemu. Savukart BOND slaidi ir slaidi, kas izveidoti
BOND sistema, vai nu BOND lieta vai LIS lieta.

LIS slaidus var identificet slaidu saraksta péec to etiketes krasas: LIS slaidiem ir peleka etikete.

Attéls 11-2: LIS slaids (pa kreisi) un vienkar$as iekraso$anas standarta BOND slaids (pa labi)

Uz LIS slaidiem attiecas turpmak noraditie punkti.

» No LIS izdrukatas etiketes parasti ietver svitrkodu. Ja svitrkods ir viena no sesiem BOND sistéma
atbalstitajiem formatiem un BOND sistéma ir konfiguréta Si formata nolasiSanai, BOND sistéma var identificéet

» No LIS izdrukato slaidu etiketém BOND sistema izmanto BOND LIS slaidu etikeSu konfiguraciju. Skatit
10.3 Etiketes .

* LIS slaidi var ietvert noteiktus papildu LIS laukus. Skatit 11.2.6 LIS slaidu datu lauki.
o LIS slaidu rekvizitus nevar redigét, izmantojot BOND programmatru.

 Ja LIS slaida kopéSanai izmanto BOND programmaturu, kopija tiek izveidota BOND slaida veida ar BOND
slaida etiketes konfiguraciju. Visi specifiskie LIS lauki ir dzésti un visi lauki k|ust redigejami.

11.2.4  Publiskie markieru nosaukumi

Publiskie markieru (primaro antivielu un zonzu) nosaukumi nodrosina saikni starp LIS noraditajiem un BOND sistéma
registrétajiem markieriem. Ja LIS ir noradits testa markieris, BOND sistéma attiecigajam testam izmanto reagentu ar
identisku publisko markiera nosaukumu. BOND sistéma noraida LIS noradito testu, ja LIS markiera nosaukumam
neatbilst neviens publiskais nosaukums.

Publiskie markieru nosaukumi ir noraditi, izmantojot dialoglodzina Edit reagent properties (Redigét reagentu
rekvizitus) pieejamo lauku Public name (Publiskais nosaukums) (skat. 8.2 Reagentu iestatisanas ekrans). Sis lauks ir
redzams tikai tad, ja ir instaléts LIS-ip.

Katram publiskajam nosaukumam jabut unikalam. Publiskos nosaukumus var jebkura laika savstarpgji samainit

BOND reagentu starpa, un $ada gadijuma netiek ietekméti jau izveidotie slaidi.
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11.2.5 Prioritarie slaidi

LIS var noradit prioritaros slaidus, kuriem nepiecieS§ama steidzama apstrade. Ikviena lieta, kas ietver prioritarus
slaidus, paradas ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana) ar sarkanu joslu.

atvilktné Preload (lepriek$€ja ielade) un péc tam pagaidiet, lidz Sie slaidi tiek parvietoti apstradei,

‘ Lai BOND-PRIME apstrades moduli noteiktu slaida prioritati, ievietojiet tikai prioritaros slaidus
pirms atvilktné Preload (lepriek$€ja ielade) tiek ievietoti citi slaidi.

Attéls 11-3: Lieta ar prioritariem slaidiem, kas izcelta sarkana krasa ekrana Slide setup (Slaidu iestati$ana)

| B B =
I L0012 - 45216 Shady, Albart Joseph
20130416-153HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Huray Arthur Josey 10

PaSlaik prioritaras LIS lietas tiek sakotnéji pievienotas saraksta lejasdala. Lieta paradas saraksta
aug$dala tikai kliniska klienta profila nakamajas sesijas.

Prioritarie slaidi ir apziméti ar sarkanu burtu ,P".

Attéls 11-4: Prioritars LIS slaids, ka tas paradas ekrana Slide setup (Slaidu iestatisana)

P

11.2.6 LIS slaidu datu lauki

Papildus standarta slaidu rekvizitiem BOND LIS-ip ir pieejami septini konfiguréjami datu lauki, kurus var iestatit
atlasitas informacijas paradisanai no LIS. Pamata savienojumu izveido Leica Biosystems servisa parstavis
instaléSanas laika, tacu, kad tas ir izdarits, lietotaji var izveleties radit vai neradit laukus un iestatit katra lauka
nosaukumu — skatit LIS slaidu datu lauki (. sadala 238. Ipp.).

Lauki tiek paraditi ipasa LIS cilng, kas atrodas dialoglodzina Slide properties (Slaidu rekviziti), un tos var izdrukat ari uz
slaidu etiketém (skat. 10.3 Etiketes ). Tie ir paredzéti tikai parskatu veido$anai un neietekmé slaida apstradi.
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11.3 LIS savienojums un inicializacija

Katrs BOND LIS-ip modulis ir jainstalé pilnvarotam Leica Biosystems parstavim, kur$ pielagos darbibu atbilstosi
katras laboratorijas prasibam.

BOND sistému var konfigurét nolasit jebkuru no Siem svitrkodu formatiem:

divdimensiju svitrkodi

QR [=]g; =]

Aztec

Data Matrix

Jairinstaléts LIS modulis, BOND programmaturas ekrana aug$éja labaja sturt tiek paradita LIS ikona, noradot
savienojuma statusu (Attéls 11-5).

Attéls 11-5: LIS nav pievienota (pa kreisi) un pievienota (pa labi)

\ls

ol ol
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11.4 LIS pazinojumi

BOND programmatura attélo LIS savienojumu vai datu k|udas, BOND programmaturas ekrana augS€ja labaja stari
paradot LIS statusa ikonu (skatit 11.2.1 LIS statusa ikona). Neapstradatu LIS pazinojumu gadijuma tiek paradits

neapstradato pazinojumu skaititajs. Jauna pazinojuma notikuma gadijuma skaititajs 1slaicigi mirgo.

Attéls 11-6: LIS statusa ikona

Use

]

Lai atrastu pazinojumu informaciju, noklikSkiniet ar peles labo pogu uz statusa ikonas un atlasiet Show LIS report
(Paradit LIS parskatu), lai atvertu dialoglodzinu LIS service events (LIS servisa notikumi). Dialoglodzins parada k|udas
un slaidus, kas netika sekmigi parsutiti. Tiek noradits ari kjudas iemesls. Tipiskas LIS k|udas ietver trukstoSos datus,
datu konfliktus (pieméram, dazadam lietam izmantots vienads pievienosanas numurs) vai gadijumus, kad BOND
sistéma nav registréts publiskais markieris (skatit 11.2.4 Publiskie markieru nosaukumi).

Attéls 11-7: Dialoglodzin$ LIS service events (LIS servisa notikumi)

x
LIS service events
(o [ o Jeewe | s | e |
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
g Marker ID GFAP Unable to add LIS slide -

Teco 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker2 1D Barcode already used Acknowledge
Tissue type test
Message ID 002.1
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones

1. 24-Jan-17 2:34... 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge
Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 002.1
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210

.. 24-Jan17235.. 7006 PatientID  PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP

Close

Atkariba no LIS konfiguracijas var bit iespgjams izlabot k|idas un atkartoti iesniegt lietu vai slaidu. Ja LIS nespgj
atkartoti nosutit informaciju, lietu vai slaidus var izveidot tieSa veida, izmantojot BOND programmaturu.

Péec katra k|ldas pazinojuma izlasi$anas noklikskiniet uz saistitas pogas Acknowledge (Apstiprinat), lai dzéstu
pazinojumu no dialoglodzina.

Kad dialoglodzina ir dzesti visi k|udu pazinojumi, pazinojumu skaititajs no ekrana pazud.

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 280



Nodala 11 LIS integracijas pakotne (BOND kontrolleri)

lai atvértu dialoglodzinu About BOND (Par BOND). Péc tam nolaizamaja saraksta Serial No. (Sérijas
numurs) noklikSkiniet uz Service log (Servisa Zurnals) un atlasiet *LIS*. Tapat jus varat iestatit laika

@ NepiecieSamibas gadijuma jus varat joprojam skatit pazinojumus LIS servisa zurnala, vispirms
noklikSkinot uz Leica Biosystems logotipa administracijas klienta profila ekrana augSeja labaja stari,
intervalu un péc tam noklikskinat uz Generate (Izveidot), lai izveidotu LIS servisa zurnalu.

11.5 Lietu un slaidu datu prasibas

Dati, kas BOND sistémai nepiecieSami no LIS lietu un slaidu importésanai, ir sniegti sadalas talak (skatit 11.5.1 Lietas
dati un 11.5.2 Slaidu dati).

‘ BOND nevar mainit datus LIS lietas un slaidos, iznemot slaidu komentarus.

11.5.1 Lietas dati

11.5.1.1 Obligati aizpildamie lauki

BOND lauka Visparigie LIS nosacijumi
nosaukums

Case ID (Lietas ID) Numurs vai nosaukums, kas identifice lietu PievienoSanas numurs

Pasutijuma numurs

11.5.1.2 Izveles lauki

BOND lauka Apraksts Visparigie LIS nosacijumi

nosaukums

Patient name (Pacienta  Pacienta vards, uzvards Pacienta vards, uzvards

vards, uzvards) Laboratorija pieskirtais ID (labAssld)

Doctor (Arsts) NorikojoSais arsts Arsta vards, uzvards un/vai ID
Arstgjosais arsts

NorikojoSais arsts
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11.5.2 Slaidu dati
11.5.2.1 Obligati aizpildamie lauki

BOND lauka Visparigie LIS
nosaukums nosacijumi

Marker (Markieris) Primara antiviela (IHC) vai ~ Primara antiviela (IHC) Publiskais nosaukums nodroSina
zonde (ISH) Zonde (ISH) sa|kn.| s’Farp LIS norad|tAaJ|‘_em_
markieriem un BOND sistéma
Markieris (viens no) registrétajiem markieriem.
Katram LIS noradamajam
markierim ir janorada publiskais
nosaukums. Skatiet
11.2.4 Publiskie markieru
nosaukumi.

lekrasoSana

Katram markierim ir
noklusejuma iekrasoSanas un
pirmsapstrades protokoli, kurus
nepiecieSamibas gadijuma var
maintt, izmantojot BOND
programmataru.

11.5.2.2 lzvéles lauki

BOND lauka Visparigie LIS
nosaukums nosacijumi

[LIS barcode ([LIS Katram LIS slaidam tiek Svitrkods Lai BOND sistéma atpazitu
svitrkods]) pieskirts unikals ID slaidu, ir nepiecieSams pilnigs ID
Piezime: BOND Sistéms swtrkodg (izdzesto slaidu §V|trkod§. Tasir neplem?sams,
o ID nevar izmantot izmantojot LIS 1. darbplusmu
lietotajam nav redzams o -
_ atkartoti) (skat. 11.8 Darbplusmas).
svitrkods.
Tissue type (Audu Testejamie vai kontroles  Testa veids Ja LIS nesniedz So informaciju,
veids) audi (pozitivi vai negativi) ta péc nokluséjuma tiek iestatita
ka “Test” (Testejamie). Skatiet
6.2.1 Kontroles audi.
Comments (Komentari) = Visi komentari vai Komentars Ja LIS nosuta LIS slaidam
noradijumi, kas attiecas uz atjauninajumu, visi jaunie slaida
slaidu. komentari tiks pievienoti

esosajiem slaida komentariem.
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11.6 Slaidu datu nosutisana atpakal uz LIS

BOND LIS-ip var zinot slaida statusu LIS BOND LIS-ip var zinot Sadu informaciju:
» slaids izveidots — noraditais slaids ir izveidots BOND programmatura,
« slaids izdrukats — konkréta slaida etikete ir izdrukata,
 notiek slaida apstrade — noraditais slaids tiek apstradats,
« slaids apstradats — noradita slaida apstrade ir pabeigta (ar vai bez k|idam),

« slaids dzésts — noraditais slaids ir dzésts no BOND sistémas.

11.7 Slaidu etiketes

Katram fiziskam slaidam ir nepiecieSama identifikacijas etikete, lai to varétu saskanot ar atbilstosu lietas un testa
informaciju. Visértakaja darbplisma LIS slaidiem ir LIS drukatas etiketes (“LIS slaidu etiketes”), un BOND sistéma
atpazist Sis etiketes. Tomer tas ir iespéjams tikai tad, ja:

1 LIS nodroSina katram slaidam unikalu svitrkodu BOND sistéma, un

2 LIS printer tiek izmantots viens no BOND sistemas atbalstitajiem svitrkoda formatiem.

Jajusu LIS neathilst Sim prasibam, BOND sistéma var izveidot savas etiketes LIS slaidiem — “BOND-LIS slaidu

etiketes”. Sada gadijuma iespéjams péc izvéles iestatit BOND sistému t3, lai ta apstradatu LIS slaidus tikai tad, ja to
etiketes ir izdrukatas BOND sistema. To iestata administréSanas klienta LIS ekrana — skatit 10.2 LIS.

Tapat arf var izmantot tre$as personas markétaja vai ar roku rakstitas etiketes. Sis etiketes ir manuali jaidentificé
BOND sistéma pirms apstrades (skatit 5.1.5.2 Manuala slaidu identificésana iekarta).
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11.8 Darbplusmas

Lai gan katra LIS-ip ievieSana ir augsti pielagota, joprojam ir noderigi sniegt dazus visparigus BOND LIS-ip darbplismu
aprakstus, pamatojoties uz galvenajam LIS-ip iespejam. Talak tabula ir redzamas Cetras darbplusmas. Tapat ir
iespéjamas ari citas darbplusmas. Centram tiek nodrosinata visaptveroSa pielagota apmaciba katrai instaléSanai.

Darbplusma Dati no LIS Dati, kas ievaditi Etiketes, kas IdentificeSana
BOND sistema izdrukatas

Lietas un slaida dati (ar LIS Nav LIS Automatiska
svitrkodu)

2 Lietas un slaida dati Nav BOND sistéma Automatiska

3 Papildu slaids BOND sistéma Automatiska

4 Nav Argji Nav automatizéta

automatlskl atpazist LIS slaldus, un apstrade var sakties nekaveéjoties bez nepiecieSamibas atkarto’u markeét slaidus
vai ievadit papildu informaciju.
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TiriSana un apkope (tikai
BOND-IIl un BOND-MAX)

@ Tinsanas un apkopes proceduras, kuras saistitas ar BOND-PRIME apstrades moduli, skatiet
atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

BRIDINAJUMS: Tiri$anas vai apkopes uzdevumu veik$anas laika vienmeér izslédziet apstrades moduli
(iznemot gadijumus, kad tiek darbinats atsik$anas zondes tiriSanas vai lielapjoma Skidruma robota
tirsanas cikls).

BRIDINAJUMS: Dazi no imanhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
Q Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilsto§u apmacibu $is procedaras veik§anai:
1 rikojoties ar reagentiem vai tirot apstrades moduli, lietojiet lateksa vai nitrila cimdus,

aizsargbrilles un citu atbilstoSu aizsargapgeérbu;

2 rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizéjiet tos saskana ar visam proceddram un
valsts noteikumiem, kas piemerojami laboratorijas iestadei.

bistamibu, ja to tuvuma tiek novietoti uzliesmojosi materiali:

nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz silditajiem un to tuvuma,
nenovietojiet uzliesmojosus materialus uz jebkuras apstrades modula karstas virsmas,

if BRIDINAJUMS: Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit aizdeg$anas
pec uzpildisanas vai iztukSoSanas nodrosiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi noslégti.

elementiem. Tie var but |oti karsti un izraisit smagus apdegumus. Péc darbinasanas beigam

ii BRIDINAJUMS: Izvairieties no saskares ar slaidu iekraso$anas blokiem un tiem apkart eso$ajiem
nogaidiet 20 minutes, lai slaidu iekrasoSanas bloki un to apkart esoSie elementi atdzistu.
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Nodala 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-IIl un BOND-MAX)

UZMANIBU! Tiriet visus nonemamos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem,

nemazgajiet nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina. Netiriet nevienu dalu ar

Skidinatajiem, kodigiem vai abraziviem tiriSanas Skidrumiem, vai raupjam vai abrazivam dranam.
Saja nodala ir izklastitas tirisanas un apkopes procediras. Kliniska klienta lietotné katram sistémas apstrades
modulim ir savs apkopes ekrans. Noklikskiniet uz apstrades modula cilnes galvena loga kreisaja puse, lai atvertu
ekranu System status (Sistémas statuss), un pec tam noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope).

Papildinformaciju skatiet 5.3 Apkopes parskats. Ikreiz izmantojot BOND sistemu, uzmanieties no nopludem,
nodilusam vai bojatam detalam. Ja Saja nodala ir sniegtas norades par nodilusu vai bojatu detalu laboSanu vai
nomainu, ieverojiet tas. Pretéja gadijuma sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Profilaktiska apkope

Papildus Saja nodala izklastitajiem kartéjiem apkopes uzdevumiem (kurus veic lietotaji) BOND-II servisa parstavim
regulari javeic BOND-MAX un Leica Biosystems apstrades modulu apkope.

BOND-IIl un BOND-MAX - BOND programmatura informé par nepiecieSamibu veikt profilaktiskas apkopes
servisu katram apstrades modulim reizi gada vai pec katriem 15600 slaidiem (atkariba no ta, kurs gadijums &L |
iestajas pirmais). b

SkaitiSana tiek atiestatita, kad administracijas klienta lietotnes (10.6.1 Apstrades moduli) cilné Processing modules
(Apstrades moduli) tiek nospiesta poga Maintenance Complete (Apkope pabeigta).

Saja nodala ir turpmak noraditas sadalas.
e 12.1 Tinsanas un apkopes grafiks
e 12.2 Lielapjoma konteineri
e 12.3 Covertiles
e 12.4 Slaidu iekrasosanas bloks
e 12.5 Apstrades modula restartéSana
e 12.6 Atsuksanas zonde
» 12.7 MazgaSanas bloks un maisisanas iekarta
» 12.8 Apvalki, durvis un vaks
e 12.91D attelveidotajs
e 12.10 Notekpaplates
e 12.11 Slaidu paplates
e 12.12 Lielapjoma $kidruma robota zondes (tikai BOND-III)
e 12.13Slirces

e 12.14 BaroSanas droSinataji
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12.1 Tirnsanas un apkopes grafiks

Ja jUs iekrasojat lidz aptuveni 300 slaidiem nedéla viena apstrades moduli, izmantojiet turpmak noradito grafiku. Ja
jus apstradajat lielaku apjomu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pielagota grafika izstradasanai.

Uzdevums Sadala

Katru dienu — dienas sakuma
parbaudit, vai lielapjoma atkritumu konteineri nav piepilditi vairak neka lidz pusei* 12.2

Parliecinieties, ka lielapjoma reagentu konteineri ir piepilditi ar athilstosu reagentu attieciba 12.2
uz iekrasosanas dienam*

Katru dienu — dienas beigas
Notiriet Covertiles 12.3
Katru nedéju

Notiriet slaidu iekraso$anas blokus* 12.4
Parbaudiet Covertile skavas 12.4
Restartéjiet apstrades modulus 12.5
Noslaukiet galvena robota atsuksanas zondi 12.6
Parbaudiet mazgasanas blokus un maisiSanas iekartu — nepiecieSamibas gadijuma notiriet 12.7
vai nomainiet to

Notiriet apvalkus, durvis (ja tadas ir) un vaku 12.8
Notiriet ID attélveidotaju 12.9
Notiriet rokas svitrkodu skeneri 13.7

Reizi ménest

Notiriet visas notekpaplates* 12.10
Nomainiet maisiSanas iekartu 12.7

|ztiriet lielapjoma reagentu konteinerus 12.2
ztiriet lielapjoma atkritumu konteinerus 12.2
Notiriet slaidu paplates 12.11
Notiriet lielapjoma $kidrumu robota zondes (BOND-III) 12.12
Notiriet slaidu markétaju 13.2
Parbaudiet §lirces 12.13
Kad tiek pieprasits

Notiriet galvena robota atsuk$anas zondi 12.6.1
Nomainiet §lirces 12.13

* NepiecieSamibas gadijuma veiciet Sos uzdevumus biezak, neka noradits grafika.
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12.1.17 Tirnsanas un apkopes kontrolsaraksti

Nakamaja lapa apkopes grafiks tiek atveidots tabula, kas izstradata izdrukasanai un izmantosanai kontrolsaraksta
veida. Taja ir paredzeti lauki BOND mazgasanas, ERT, ER2 un atvaskoSanas $kidumu partijas numuru registrésanai.

Pabeidzot uzdevumus, atzimejiet atlikusas Sunas vai ierakstiet tajas inicialus.
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Nodala 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-IIl un BOND-MAX)

Tinsanas un apkopes grafiks

Pi. ot. Tr. Ct. Pk. Se. Sv.
KATRU DIENU

Parbaudiet lielapjoma reagentu O a a a a O O
konteinerus

BOND mazgasSanas lidzek|a partijas
numurs

ER1 partijas numurs
ER?2 sérijas numurs

Atvasko$anas Skiduma partijas
numurs

a

O O
Notiriet Covertiles O O O O O O
REIZI NEDELA BOND-MAX:

O
O
O
a

Parbaudiet atkritumu konteinerus

O

Notiriet slaidu iekrasosanas blokus* O o Ja aréjam atkritumu konteineram ir tikai viens
Parbaudiet Covertile skavas O vacins, pirms atskravesanas atvienojiet kabeli un
Atsaknejiet apstrades modulus O skidumu padeves finijas.

Noslaukiet atsikianas zondi 0 * Ja ||e|.apjoma kontel'ne[| |_r necz_au”r_sp|d'|g|, pgcehet
: ' » konteineru galus attieciga pozicija, lai noteiktu
Parbaudiet mazgasanas bloku un - tilpumu - konteinerus nav nepieciesams iznemt
maisiSanas iekartu no apstrades modula.

Notiriet apvalkus, durvis (ja tadas ir) un O

vaku

Notiriet ID attélveidotaju 0O Neplemesaml_bas gadijuma veiciet tiriSanu biezak, neka
noteikts grafika

Notiriet rokas skeneri O

REIZI MENESI

Notiriet notekpaplates* O

Nomainiet maisi$anas iekartu O

|ztiriet lielapjoma reagentu konteinerus O

|ztiriet lielapjoma atkritumu konteinerus O

Notiriet slaidu paplates O

Notiriet lielapjoma Skidrumu robota O

zondes (tikai BOND-III)

Notiriet slaidu markétaju O
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Parbaudiet Slirces

PEC UZVEDNES PIEPRASIJUMA

Nedelas sakuma datums

beigu datums

|ztiriet atsukSanas zondi

Nomainiet §lirces a Meénesis
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Nodala 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-IIl un BOND-MAX)

12.2 Lielapjoma konteineri

BRIDINAJUMS: Dazi no imanhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
& Pirms turpinat, nodroSiniet, ka esat sanemis(-usi) atbilstoSu apmacibu $is proceduras veiksanai:
1 rikojoties ar reagentiem vai tirot apstrades moduli, lietojiet lateksa vai nitrila cimdus,
aizsargbrilles un citu atbilstoSu aizsargapgérbu;

2 rikojieties ar reagentiem un kondensatu un utilizéjiet tos saskana ar visam attiecigajam
proceduram un valsts noteikumiem, kas piemérojami laboratorijas iestadei.

ff BRIDINAJUMS: Dazi BOND apstrades moduli izmantotie reagenti ir uzliesmojosi:
nenovietojiet liesmu vai aizdeg$anas avotu apstrades modulu tuvuma,
pec uzpildisanas vai iztukSoSanas parbaudiet, vai visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi nosléegti.

Katru dienu (vismaz) parbaudiet lielapjoma konteineru limenus un katru menesi iztiriet lielapjoma konteinerus.
Detalizeta informacija:

e 12.2.1 Konteineru [imenu parbaude

e 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSoSana

e 12.2.3 Lielapjoma konteineru tiriSana

e 12.2.4 Aréjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX)

12.2.1  Konteineru imenu parbaude

Parbaudiet lielapjoma konteineru limenus katras dienas sakuma. Parbaudiet ari pirms nakts vai pagarinata ilguma
sériju apstrades veikSanas. Laboratorijas ar lielu apjomu var bat nepiecieSams katru dienu ieplanot divas lielapjoma
konteineru parbaudes.

BOND-IIl un pasreizéjo modeJu BOND-MAX apstrades modulos (un visos BOND-MAX aréjos atkritumu konteineros)
Skidrumu limeni ir redzami caur konteineru sienam. BOND-MAX modelu ar necaurspidigiem konteineriem gadijuma
paceliet konteineru galus pozicija, lai noteiktu tilpumu — nav nepiecieSams iznemt tos no apstrades modula, jo,
novietojot tos atpakal, tiks aktivizeta fluidikas uzpildiSanas procedura.

lkonas ekrana System status (Sistémas statuss) norada BOND-III lielapjoma konteineru limenus un tas izmanto
pazinojumu sniegSanai par augstu atkritumu limeni vai zemu reagentu limeni sistema BOND-MAX. Izmantojiet Sis
ikonas tikai lilmenu apstiprina$anai un/vai pazinojumu skatiSanai — tas neaizvieto ikdienas fiziskas parbaudes.

BOND-III apstrades moduli ir aprikoti ar lielapjoma konteineru apgaismojuma sistému (skatit
Lielapjoma konteineru apgaismojuma sistéma (BOND-III) (. sadala 52. Ipp.)).
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Uzpildiet vai iztukSojiet konteinerus Sados gadijumos:
* iztukSojiet atkritumu konteinerus, kas ir piepilditi vairak neka [idz pusei,
« Uzpildiet reagentu konteinerus, lai nodro$inatu, ka reagents ir pietiekams.

Skatiet 12.2.2 Lielapjoma konteineru uzpildiSana vai iztukSoSana.

BRIDINAJUMS: Katras dienas sakuma (attieciga gadijuma biezak — skatit iepriek$ sniegtas norades)
parbaudiet lielapjoma konteineru uzpildes limeni un nepiecieSamibas gadijuma iztuksojiet vai
uzpildiet tos. Preteja gadijuma var tikt apturéta seriju apstrade, kas var nelabvéligi ietekmet
iekrasosanu.

12.2.72  Lielapjoma konteineru uzpildisana vai iztukSosana

Parbaudot lielapjoma konteineru limenus, iztukSojiet atkritumu konteinerus, kas ir piepilditi vairak neka lidz pusei, un
uzpildiet reagentu konteinerus, lai nodro8inatu, ka ir pietiekams reagents. Vienmer saslaukiet visus iz$lakstijusos
Skidrumus, kas rodas, uzpildot vai iztuk$ojot lielapjoma konteinerus. Notiriet konteineru un vacinu arpusi pirms to
ievietoSanas atpakal apstrades modul.

Skatiet talak sniegtos atseviskos noradijumus par iztukSo$anu un uzpildiSanu. 12.2.2.5 Apstrades laika sadala ir
sniegti noradijumi gadijumiem, kad sérijas apstrades laika ir nepiecieSams iztukSot vai uzpildit konteineru.

e 12.2.2.1 Lielapjoma reagenta uzpilde — BOND-III

e 12.2.2.2 IztukSot bistamo atkritumu konteineru — BOND-III

e 12.2.2.3 Iztuksot standarta atkritumus — BOND-|lI

e 12.2.2.4 IztukSot bistamo atkritumu vai uzpildit lielapjoma reagenta konteineru — BOND-MAX
e 12.2.2.5 Apstrades laika

Skatiet 12.2.4 Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX), lai iegttu informaciju par BOND-MAX aréja konteinera
iztukSoSanu.

BRIDINAJUMS: Vienmér novietojiet atkartoti uzpilditos vai iztuk$otos konteinerus taja pasas vieta
apstrades modull. Pretgja gadijuma reagenti var tikt piesarnoti un tas var nelabveligi ietekmét
iekrasoSanu.

BRIDINAJUMS: Nemainiet reagenta veidu lielapjoma reagentu konteineros. Sada riciba var izraistt
piesarnojumu un nelabveligi ietekmet iekrasosanu.

UZMANIBU! Nespiediet lielapjoma konteinerus atpakal vieta, jo tas var sabojat konteineru un
Skidruma sensoru.
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12.2.2.1 Lielapjoma reagenta uzpilde — BOND-II|

BOND-III lielapjoma reagentu konteinerus var uzpildit, kamér tie atrodas apstrades moduli. Tie nav jaiznem no
lielapjoma konteineru dobuma.

1 Atskrvéjiet lielapjoma reagentu konteinera vacinu un piepildiet konteineru.

2 Kad konteiners ir pilns, uzlieciet tam vacinu un pievelciet to.

BRIDINAJUMS: Ja jis izmantojat piltuvi reagentu iepildisanai BOND-III apstrades modulu

konteineros, parliecinieties, ka piltuve ir tira. Pretéja gadijuma reagenti var tikt piesarnoti un
tas var nelabveligi ietekmét iekrasoSanu.

12.2.2.2 lztuksSot bistamo atkritumu konteineru — BOND-III

1 Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis. (Tomer, ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka
atkritumu konteiners ir pilns, ieverojiet Sos noradijumus, lai iztukSotu konteineru — skatit arf 12.2.2.5 Apstrades
laika.)

Iznemiet konteineru no lielapjoma konteineru dobuma.

Atveriet vacinu un utilizejiet atkritumus saskana ar iestade apstiprinatajam proceddram.

Uzlieciet un aizskruvéjiet vacinu.

M~ w N

5 Konteineri atgriezt atpakal apstrades moduli. Uzmanigi iespiediet to, lidz sajutat, ka konteinera savienotajs ir
savietots ar savienotaju korpusa aizmuguré. Pec tam stingri piespiediet konteineru, lidz savienotajs pilniba
nofikséjas, lai nodrosinatu hermétisku savienojumu.

12.2.2.3 1ztuksot standarta atkritumus — BOND-II

Ta ka instrumenta ir divi standarta atkritumu konteineri, jus varat jebkura laika iznemt pilnu konteineru (kuram ekrana
System status (Sistemas statuss) ikona norada, ka tas ir pilns), tostarp apstrades laika (skatit 5.1.3.6 Lielapjoma
konteineru statuss). Tomér nekada gadijuma apstrades modula darbibas laika neiznemiet abus lielapjoma atkritumu
konteinerus un, ja ekrana System status (Sistemas statuss) konteiners netiek radits ka pilns, iesakam nogaidit, lidz
tiek pabeigta apstrade, pirms iznemat to. Kad lielapjoma atkritumu konteineru var drosi iznemt, ievérojiet ieprieks

2. darbiba sniegtos noradijumus par bistamu atkritumu iztukSosanu.
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Attéls 12-1: Atkritumu konteinera novietoSana atpakal tam paredzétaja vieta

12.2.2.4 1ztuk$ot bistamo atkritumu vai uzpildit lielapjoma reagenta konteineru
— BOND-MAX

1 Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis. (Tomeér, ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka
atkritumu konteiners ir pilns, ieverojiet Sos noradijumus, lai iztukSotu konteineru — skatit arf 12.2.2.5 Apstrades
laika.)

2 lznemiet konteineru no lielapjoma konteineru dobuma.

Attéls 12-2: BOND-MAX bistamo atkritumu konteiners (kreisa puse) un lielapjoma reagenta konteiners (laba
puse)

Apziméjumi

1 Uzpildiet/iztukSojiet vacinu (zils vacins uz
vélakam bistamajam atkritumu konteineriem)

2 Skidruma limena sensors

3 Savienotajs
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3 Uzpildiet vai iztukSojiet konteineru:

« Atkritumu konteineram, atveriet konteinera uzpildes/iztukSo$anas vacinu (1. vienums Attéls 12-2) un

utilizejiet atkritumus saskana ar iestade apstiprinatajam proceddram,

« Lielapjoma reagentu konteineru novietojiet uz lidzenas virsmas, atveriet uzpildes/iztukSo$anas vacinu
(1. vienums Attéls 12-2) un uzpildiet to [idz limenim, kas ir mazliet zem ta kaklina apaksdalas, uz kura
tiek uzskravets vacins.

tas var izraisit ta bojajumu. IztukSojiet un uzpildiet lielapjoma konteinerus, izmantojot

c UZMANIBU! Nenonemiet $kidruma limena sensora vacinu no lielapjoma konteinera, jo
tikai uzpildes/iztukSosanas vacinu.

4 Uzlieciet un aizskravejiet vacinu.

5 Konteineri atgriezt atpaka| apstrades moduli. Uzmanigi iespiediet to, [idz sajutat, ka konteinera savienotajs ir
savietots ar savienotaju korpusa aizmuguré. Pec tam stingri piespiediet konteineru, [1dz savienotajs pilniba
nofiks€jas, lai nodroSinatu hermeétisku savienojumu.

12.2.2.5 Apstrades laika

Ja katru dienu tiek veiktas lielapjoma konteineru parbaudes (ar papildu parbaudém pirms nakts un pagarinata ilguma
sériju apstradem, ka ari regularas papildu parbaudes laboratorijam ar lielu darbu apjomu), atkritumu konteineri nekad
nedrikst maksimali piepildities un reagentu konteineri nedrikst beigties apstrades laika. Tomer, ja apstrades laika
iestajas kads no Siem gadijumiem, jums ir jaiztuk$o vai jauzpilda attiecigie konteineri. Izlasiet turpmak sniegtos

noradijumus, lai parliecinatos, ka tiek veikta atbilstosa procedura.

Atkritumu konteiners pilns — BOND-MAX

Ja atkritumu konteiners izpildes laika klUst gandriz pilns, uz attieciga konteinera ikonas ekrana System status

(Sistémas statuss) paradisies informacijas simbols .

Nekavejoties iztukSojiet konteineru. leverojiet visus iestades standarta piesardzibas pasakumus un atkritumu
utilizacijas proceduras. Rikojoties atri, jus varat izvairities no sérijas apstrades apturéSanas vai saisinat aptureSanas
laiku. Apstrades apturéSana var negativi ietekmét iekrasosanu.

Ja sérijas apstrade tiek apturéta, kamer jus iztukSojat konteineru, vai ar jus turpinat darbibu, l1dz apstrades modulis

tiek automatiski apturéts, uz tvertnes ikonas paradas trauksmes A& (mirgojoss) vai bridinajuma simbols

Novietojiet atpakal iztukSoto konteineru pec iespéjas atrak, nemot vera iepriek$ minetos noradijumus un piesardzibas
pasakumus.

Izveidojiet serijas notikumu parskatu, lai aplukotu partraukuma ietekmi uz sérijas apstradi.
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Reagenta konteiners tukss — BOND-MAX

Ja lielapjoma reagenta konteiners k|ust gandriz tukss, attieciga konteinera ikona ekrana System status (Sistémas

statuss) tiek paradits pazinojuma simbols .

1 Atveriet ekranu Protocol status (Protokola statuss) un apskatiet pasreizgjos un turpmakos katras apstrades
darbibas apstrades modull.

2 Jakada no apstradem tiek vai drizuma tiks izmantots lielapjoma reagents, kura uzpildes limenis ir zems,
uzgaidiet, lidz tiek pabeigtas darbibas, kuras tiek izmantots attiecigais reagents.

3 Kad darbibas, kuras tiek izmantots lielapjoma reagents, ir pabeigtas, iznemiet konteineru, uzpildiet un
nomainiet to pec iespéjas atrak (ieverojot visus standarta piesardzibas pasakumus).

Laika ietaupiSanas noluka var nebut nepiecieSams uzpildit konteineru lidz ierastajam maksimalajam limenim

BRIDINAJUMS: Ja apstrades laika ir nepiecie$ams uzpildit BOND-MAX lielapjoma konteineru,
vienmeér parbaudiet ekranu Protocol status (Protokola statuss) un parliecinieties, ka konteiners

netiek izmantots vai ka tas tulit netiks izmantots. Preteja gadijuma tas var nelabveligi ietekmét
slaidus apstrades laika. Novietojiet konteineru attiecigaja vieta péc uzpildisanas.

12.2.3 Lielapjoma konteineru tirisana

Reizi ménesi javeic turpmak noraditas tiriSanas proceduras.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND mazgasanas lidzek|a un dejonizéeta tdens konteiner

1 IztukSojiet ER1, ER2, BOND lidzek|a un dejonizéta tdens lielapjoma reagentu konteinerus.

2 Mazgajiet konteinerus ar rupnieciskas stipruma pakapes mazgasanas lidzekli un péc tam rupigi noskalojiet tos
ar dejonizéetu udeni.

3 Laujiet konteineriem noZit, pirms atkartotas uzpildiSanas ar jaunu reagentu un ievietoSanas atpakal apstrades
modull.

12.2.3.2 AtvaskoSanas un spirta konteineri

1 lIztuk3ojiet reagentu atvaskoSanas un spirta lielapjoma konteinerus. Utilizéjiet atvaskosanas Skidumu un spirtu
no lielapjoma reagentu konteineriem saskana ar jusu iestade apstiprinatajam proceddram.
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2 lelejiet nelielu svaiga reagenta daudzumu katra konteinera un pas|akstiet Skidrumu gar tvertnes sienam, lai

likvidetu piesarnojumu. Kad Si darbiba pabeigta, iztukSojiet konteineru. Utilizejiet atkritumus saskana ar
iestadeé apstiprinatajam proceduram.

@ Nekada gadijuma nelejiet tdeni vai mazgasanas lidzek|us spirta vai atvaskoSanas
konteineros.

3 Uzpildiet lielapjoma konteineru ar svaigu reagentu un ievietojiet to atpakal apstrades modul.

12.2.3.3 Lielapjoma atkritumu konteineri
1 lztukSojiet visus atkritumus no konteineriem. Utilizgjiet atkritumus saskana ar iestade apstiprinatajam
proceduram.

2 lztiriet atkritumu konteinerus, izmantojot 0,5 % balinataja Skidumu (w/v) vai ripnieciskas koncentracijas
mazgaSanas lidzekli, un rupigi noskalojiet ar dejonizétu tdeni.

3 Atkritumu konteinerus atgriezt atpaka| apstrades modul.
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12.2.4  Argjais atkritumu konteiners (tikai BOND-MAX)

Katras dienas sakuma iztukSojiet BOND-MAX 9 | aréjo standarta atkritumu konteineru un parbaudiet ta uzpildes limeni
pirms nakts un pagarinata ilguma sériju apstrades. IztukSojiet to, kad tas ir [idz pusei vai vairak pilns; izmantojiet balto
horizontalo liniju uz konteinera etiketes atsaucei par uzpildes limeni — skatit Attels 12-3.

Attéls 12-3: BOND-MAX 9 | aréjais standarta atkritumu konteiners

Apzimejumi
,I 1 Uzpildes/iztukSoSanas
. ~ vacins$
E LA 2 2 Lidz pusei piepildits limenis

|ztiriet konteineru un citus lielapjoma konteinerus reizi ménest (skat. 12.2.3 Lielapjoma konteineru tirisana).

1 Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis. (Tomér, ja sérijas apstrades laika paradas pazinojums, ka

atkritumu konteiners ir pilns, ieverojiet Sos noradijumus, lai iztukSotu konteineru — skatit arf 12.2.2.5 Apstrades
laika.)
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2 Konteineram ir Attels 12-4 [idzigi savienotaji (nemiet véra, ka dazi sensoru savienotaji ir melna krasa, nevis
sudraba krasa, ka paradits attéla).

Attéls 12-4:

Apziméjumi

1 Skidruma [imena sensora
savienotajs

2 Skidruma padeves
savienotajs

a Ar1kski paceliet sarkanas krasas aizslégu uz sensora savienotaja (1) un pavelciet savienotaju
virziena prom no vacina.

b Nospiediet metala pogu uz Skidruma savienotaja (2) un pavelciet savienotaju virziena prom no
vacina.

3 Nonemiet uzpildes/iztukSoSanas vacinu, lai iztukSotu konteineru. Nenonemiet vacinu ar savienotajiem.
Utilizejiet atkritumus saskana ar iestadé apstiprinatajam proceduram.

4 Uzskravejiet atpakal uzpildes/iztukSoSanas vacinu un cieSi aizskruvejiet to un ievietojiet atpakal apstrades
modull.

5 lespiediet Skidruma savienotaju atpakal uz vacina savienojuma, lidz tas ar klikski nofiksejas vieta.

6 Pievienojiet atpakal sensora savienotaju. Spiediet savienotaju lejup uz vacina savienojuma pamatni.

BRIDINAJUMS: Argjais atkritumu konteiners ir smags, kad tas ir pilns.

IztukSojot aréjo atkritumu konteineru, izmantojiet atbilstoSas pacelSanas metodes.

UZMANIBU! Pirms konteinera iztuk$o$anas vienmér atvienojiet sensoru un $kidruma savienotajus, lai

izvairitos no bojajumiem.
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12.3 Covertiles

Notiriet Covertiles péec katras lietosanas reizes (to var izdarit, izmantojot Leica Biosystems Covertile tiriSanas stativu).

Covertiles var izmantot atkartoti [1dz pat 25 reizém, ja tie nav maintjusi krasu vai bojati un ja tie tiek pienacigi tiriti.
Izmetiet Covertiles, ja tie ir bojati vai ja pasliktinas to iekrasoSanas kvalitate.

12.3.1  AtbrivoSanas no DAB atliekam (izveles)

1 Mercegjiet vismaz 30 minutes 0,5 % W/V natrija hipohlorita Skiduma dejonizéeta uden.
2 lznemiet un 10 reizes iegremdejiet svaiga dejonizeta tden.

- —v

3 Veiciet standarta tirisanu (skat. turpmak).

12.3.2  Standarta tirsana (obligata)

1 Vismaz 10 minGtes mércgjiet 100 % IMS (rGpnieciska metilspirta), etilspirta vai reagentu kategorijas spirta
Skiduma.
2 Maisiet 30 sekundes un iznemiet no Skiduma.
3 Zavésana:
 noslaukiet sausu ar bezpluksnu dranu, vai
* |aujiet nozut.

4 Rupigi parbaudiet, vai Covertile nav robu, plaisu vai deformaciju. Bojajumu gadijuma izmetiet tos.
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12.4 Slaidu iekrasosanas bloks

BRIDINAJUMS: Apstrades moduliem ir silditaji un apsildamas virsmas, kas var izraisit aizdeg$anas
bistamibu, ja to tuvuma tiek novietoti uzliesmojosi materiali:
» nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz silditajiem un to tuvuma,

 nenovietojiet uzliesmojoSus materialus uz jebkuras apstrades modula karstas virsmas,

 péc uzpildisanas vai iztukSo$anas nodrosiniet, ka visi lielapjoma konteineru vaki ir pienacigi
noslegti.

elementiem. Tie var but |oti karsti un izraisit smagus apdegumus. Péc darbinasanas beigam atvéliet

if BRIDINAJUMS: Izvairieties no saskares ar slaidu iekraso$anas blokiem un tiem apkart eso$ajiem
20 minutes laika, lai slaidu iekraso$anas bloki un to apkart esoSie elementi atdzistu.

nevienu komponentu automatiska trauku mazgajama masina. Netiriet nevienu dalu ar $kidinatajiem,

c UZMANIBU! Tiriet noraditos komponentus tikai ar rokam. Lai izvairitos no bojajumiem, nemazgajiet
kodigiem vai abraziviem tiriSanas Skidrumiem, vai raupjam vai abrazivam dranam.

UZMANIBU! Pirms aug$éjas platnes tirisanas vai nonemsanas parbaudiet, vai lielapjoma Skidrumu
roboti (BOND-II) atrodas sakuma pozicija apstrades modula aizmugure un vai tie neatrodas gar
slaidu iekrasoS$anas blokiem.

bloka atverumu vai slaidu iekrasoSanas bloka ieplides punktu tiri§anai, jo kokvilnas uzgalis var

c UZMANIBU! Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali mazgasanas
atvienoties un izraisit nosprostojumus.

Standarta tirsana
Tiriet slaidu iekrasoSanas ierices reizi nede|a vai biezak, ja ir novérojamas nogulSnu pazimes.

Izmantojiet bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta (péc iespéjas mazaka daudzuma). Griti nonemamu
nogul$nu gadijuma izmantojiet mazgasanas Skidumu BOND Wash Solution (péc iespéjas mazaka daudzuma) un péec
tam noskalojiet ar dejonizetu tdeni.

BOND-III sistemas gadijuma noslaukiet lielapjoma skidruma robota vadotnes sliedi (3. pozicija Attéls 12-6).
Atveriet aug$gjo platni (skatit Augsejas platnes nonemsana (. sadala 302. Ipp.)) un notiriet:

* silditaju blokus,

 drenazas atveres un iepludes punktus,

* laukumus starp silditaju blokiem,

 notekpaplati, kas atrodas ap blokiem.
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Vienmer parbaudiet, vai drenazas atverés (tostarp uz atveru malam eso$ajos mazajos iepludes punktos) nav
sveSkermenu un vai tam nav skrap&jumu vai citu bojajumu. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, ja konstatéjat

bojajumus $ajos vai citos slaidu iekraso$anas bloku komponentos.

Attéls 12-5: Slaidu iekrasoSanas bloks ar atvertu augsejo platni

ApzZiméjumi

1  Covertile skavas

2  Drenazas atveres un

iepltdes punkti
9 3 silditaju blokus,
1 4 Notekpaplate
4
-2.

Kamer augSeja platne ir atverta, apskatiet Covertile skavas platnes apakSpuse un parliecinieties, ka atsperu pamatnes
brivi kustas. Ja péc nospieSanas uz skavu atsperém tas nevirzas atpakal, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai
veiktu nomainu.

Augsejas platnes nonemsana

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita, un izsledziet baroSanu, ka ari parliecinieties, ka nav
ieladeta slaidu paplate.
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2 Atveriet augSéjo platni, nospiezot augséjo platni virziena uz leju un griezot zilas krasas stiprinagjumus abos
galos (1. pozicija Attéls 12-6 un Attéls 12-7), pagriezot tos par ceturtdalu apla pretéji pulkstena raditaju

kustibas virzienam. Novietojiet aug$ejo platni atpakal uz engém (stavot ar seju pret apstrades moduli,
aug$ejas platnes laba puse pacelas atvérta pozicija).

Attéls 12-6: BOND-IIl augséja platne

I

-

& TFT

it

Apziméjumi

1 Skravju savienojumi
2 Sarnira enges

3  Lielapjoma Skidruma
robota vadotnes sliede

Attéls 12-7: BOND-MAX augseja platne

Apzimé&jumi

1 Skrdvju savienojumi

2 Sarnira enges

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04

Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

303



Nodala 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-IIl un BOND-MAX)

3 Lai pilntba nonemtu augs$gjo platni (nav nepiecieSsams, veicot kartejo tirisanu), pavelciet ar atsperi noslogotos
Sarnira stiprinajumus abos platnes galos (2. pozicija Attels 12-6 un Attéls 12-7), tad paceliet platni virziena
prom no slaidu iekraso$anas bloka.

Attéls 12-8: AugSejas platnes Sarnira stiprinajuma atvienosana

Augsejas platnes nomaina

@ BOND-III Slaidu iekrasoSanas bloka augSejas platnes ir numurétas; vienmer novietojiet pareizo
aug$ejo platni uz attieciga slaidu iekraso$anas bloka (stavot ar skatu pret apstrades moduli, slaidu

iekraso$anas bloks kreisaja pusé ir pirmais bloks).

1 Atrodiet rotacijas punktus slaidu iekrasoSanas bloka. Turiet aug$ejo platni atvérta stavokli un ievietojiet vienu
no Sarnira stiprinajumiem slaidu iekrasoSanas bloka rotacijas punkta.

2 Pavelciet otru Sarnira stiprinajumu un ievietojiet platnes galu sava vieta, tad atlaidiet stiprinajumu.
3 Aizveriet aug$éjo platni, parbaudot, vai caurumi abos platnes galos pareizi nofiksgjas ar fiksacijas tapam.

4 Turiet nospiestu aug$ejo platni un pagrieziet griezamos fiksatorus pulkstena raditaju kustibas virziena. CieSi
nostipriniet tos, par ceturtdalu pagriezot pulkstena raditaju kustibas virziena.

12.4.1  Manuala slaidu iekrasosanas bloku atblokesana

Katru slaidu iekrasoSanas bloku var atblokét manuali, pieméram, lai stravas padeves partraukuma gadijuma iznemtu
no ta slaidus.

BRIDINAJUMS: Slaidu iekraso$anas bloki satur kustigas dalas, kas var izraisit smagus ievainojumus.
Pirms méginat manuali atblokeét slaidu iekraso$anas blokus, izslédziet apstrades modula barosanas
sledzi, izsledziet stravas padevi un atvienojiet stravas padeves kontaktspraudni no kontaktligzdas.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX
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12.4.1.1 BOND-III

prieksu. So procediru drikst veikt tikai tie operatori, kuri ir bridinati par iesp&jamo bistamibu un

2 BRIDINAJUMS: Slirces siikna modulis (BOND-II1) ir smags un péc atvieno$anas tas var nokrist uz
sanemusi atbilstoSu apmacibu.

Manuala slaidu iekrasosanas bloka atblokéSana sistema BOND.

1 lzslédziet stravas padevi un atvienojiet stravas kabeli.

2 Atskravejiet Cetras seSstura skruves, ar kuram pieskravets Slirces modula apvalks, izmantojot komplektacija
ieklauto 3 mm sesstura atslégu. Nonemiet apvalku, lai labak piek|utu atvieno$anas tapam un modula rokturim.

3 Atrodiet divas atvienoSanas tapas blakus pirmajam un ceturtajam Slirces suknim.

Attels 12-9: AtvienoSanas tapu atraSanas vieta, kad ierice ir atvérta piek|uvei

[ A .//“/t 1 .,///

4 Pavelciet abas tapas uz priekSu virziena uz sevi, lidz tas nokliksk un nolaidiet moduli lejup. Kad modulis kustas
uz priek$u, rikojieties uzmanigi, lai nevilktu vai nesaspiestu nevienu fluidikas cauruliti, kas savienota ar sirces
galvam.

5 Slirces stkna modulis atvérsies pietiekami plati, lai varétu piek|Gt slaidu iekraso$anas blokiem.
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6 Atrodiet manualas atvienoSanas pogu zem slaidu iekrasoSanas bloka.

Attéls 12-10: Manualas atvienoSanas poga

7 Pagrieziet pogu Attels 12-10 noraditaja virziena. Veicot So darbibu, Covertiles tiks novietoti pari slaidiem, un
viss bloks un paplate parvietosies uz augsu.

8 Turpiniet griezt atvieno$anas poqu, lidz sajitat pretestibu. Saja bridi vajadzétu k|Gt iespéjamam iznemt slaidu
paplati no bloka.

9 Glabajiet slaidus saskana ar savas iestades proceduram.

10 Uzmanigi iebidiet $lirces sukna moduli atpakal vieta; rikojieties uzmanigi, lai nevilktu vai nesaspiestu nevienu
fluidikas cauruliti, kas savienota ar Slirces galvinu.

11 Parliecinieties, ka tapas abas modula puses nofikséjas blokéta pozicija.

parliecinieties, ka lirces modulis (BOND-III) ir pilniba aizverts. Pretéja gadijuma ierices

c UZMANIBU! Pirms sérijas apstrades uzsaks$anas vai apstrades modula inicializé$anas
darbibas laika var tikt bojatas Slirces.

12 Novietojiet atpakal Slirces modula apvalku un nostipriniet to, izmantojot Cetras seSstura skruves.

Pirms ieslédzat apstrades moduli, ir japarbauda Protocol status (Protokola statuss) (skatit 5.2 Protokola statusa
ekrans).

sagatavotu tos lietoSanai.

Pec inicializacijas slaidu iekrasoSanas bloka statuss bus atblokéts un protokola statusa ekrana netiks attélots neviens
posms. Apstradi var but iespejams pabeigt BOND-IIl vai paréjas darbibas var but iespejams pabeigt manuali.
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12.4.1.2 BOND-MAX
Lai manuali atbloketu slaidu iekrasoSanas bloku BOND-MAX, rikojieties turpmak noraditaja veida.
1 lzslédziet stravas padevi un atvienojiet stravas kabeli.

Atveriet lielapjoma konteineru nodalijuma durvis un iznemiet lielapjoma konteinerus.

Izbidiet lielapjoma konteineru dobuma augsdala esoso paplati.

N w N

Atrodiet manualas atvieno$anas pogu (skatit Attéls 12-10) zem slaidu iekraso$anas bloka.

5 Pagrieziet pogu Attels 12-10 noraditaja virziena. Veicot So darbibu, Covertiles vajadzetu tikt novietotiem pari
slaidiem, un viss bloks un paplate parvietosies uz augsu.

6 Turpiniet griezt atvieno$anas poqu, lidz sajitat pretestibu. Saja bridf vajadzétu k|Gt iesp&jamam iznemt slaidu
paplati no bloka.

7 Glabajiet slaidus saskana ar savas iestades proceduram.

8 NepiecieSamibas gadijuma notiriet apakséjas un augsejas notekpaplates, pec tam ievietojiet atpakal augséjo
paplati lielapjoma konteineru dobuma — paplates gals ar izliekumu 45 gradu lenki atrodas prieksgala ar
izliekumu uz augsu.

9 Atkartoti ievietojiet lielapjoma konteinerus.
10 Aizveriet lielapjoma konteineru dobuma durvis.
Pirms ieslédzat apstrades moduli, ir japarbauda Protocol status (Protokola statuss) (skatit 5.2 Protokola statusa

ekrans).

sagatavotu tos lietoSanai.

Pec inicializacijas slaidu iekrasoSanas bloka statuss bus atblokéts un protokola statusa ekrana netiks attélots neviens

posms. Apstradi var but iespejams pabeigt BOND-MAX vai paréjas darbibas var but iespéjams pabeigt manuali.

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 307



Nodala 12 TiriSana un apkope (tikai BOND-IIl un BOND-MAX)

12.5 Apstrades modula restartesana

Katrs apstrades modulis ir jaizslédz un jarestarte reizi nedela. Tas ir svarigi, jo tas |auj apstrades modulim veikt
sistemas pasdiagnostikas parbaudi.

Vienas darbvietas BOND kontrolleri nav regulari jaizsledz un jarestarte. Tomer, ja BOND programmaturas darbiba
ieverojami paléninas, jums var bat jarestarté kontrolleris, izmantojot Windows izvélni Start (Sakt).

Tacu ja jums ir BOND-ADVANCE sistema, skatiet 16.1 BOND-ADVANCE sistemas restartesana.

Apstrades modulis

Apstrades modulu gadijuma parliecinieties, ka nav ieladétas, ieplanotas un netiek apstradatas sérijas, un izsledziet
baroSanas sledzi apstrades modula labaja pusé. Uzgaidiet 30 sekundes un pec tam ieslédziet to. StarteSanas laika
BOND sistéma uzpilda fluidikas sistemu un veic vairakus sistémas testus (skat. 2.2.2 Apstrades modula

Nemiet vera, ka jus varat palaist daléju fluidikas sistémas sagatavo$anu, neizslédzot apstrades moduli (skatit
Fluidikas sistemas tirisana).

Fluidikas sistemas tirisana

Poga Clean fluidics (Iztirit fluidikas sistemu) ekrana Maintenance (Apkope) sagatavo fluidikas linijas no lielapjoma

gadijuma par nosprostojumiem vai gaisa burbuliem fluidikas piegades sistema.

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tukSgaita un ka taja nav ieladeta, ieplanota vai netiek apstradata
neviena serija.

2 Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu System status
(Sistemas statuss).

3 Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Uzturé$ana) un péc tam noklikskiniet uz pogas Clean fluidics (Iztirit
fluidikas sistemu).

4 Apstiprinajuma uzvedné noklikskiniet uz Yes (Ja).

5 Fluidikas sistéma tiek uzpildita — tas var aiznemt vairakas minates.
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12.6 AtsuksSanas zonde

Atslik$anas zonde tiek automatiski iztirita mazgasanas bloka starp saskari ar katru reagentu standarta darbibas
dalas ietvaros. Tomer javeic ari papildu iknedé|as noslauciSana un tiriSana, izmantojot BOND atsukSanas zonzu
tirisanas sistému. TiriSanas sistémas reagenti ir optimizeti BOND sistémas darbibai, un BOND programmatra
izmanto tiriSanas protokolu, kas paredzets mazgasanas efektivitates maksimizesanai. BOND programmatura bridina
lietotajus par zonzu tiriSanas un nomainas nepiecieSamibu.

izraisit robota nobidi un nekvalitativu slaidu iekrasojumu.

Robota pérvietoéanas gadeumé izsledziet apstrades moduli, uzgaidiet 30 sekundes un péc tam

| é BRIDINAJUMS: Neparvietojiet galvena robota sviru, kamér apstrades modulis ir ieslégts. Tas var

Skatit:

e 12.6.1 AtsUksanas zondes tirisana

12.6.1 AtsuksSanas zondes tiriSana

Pirms noslaucisanas vienmér izsledziet apstrades moduli un raugieties, lai zonde netiktu saliekta. Katru nede|u
noslaukiet atsuk$anas zondes arpusi, izmantojot 70 % spirta Skidumu un nepluksnainu dranu vai spirta salveti.
Parbaudiet atsukSanas zondei pievienoto cauruli un parliecinieties, ka caurules elementos nav samezglojumu vai
priekSmetu. Caurulu elementiem jabut tiriem.

Ik pec 300 slaidiem BOND programmatura informé par nepiecieSamibu iztirit zondi, izmantojot ar BOND
atsukSanas zondes tiriSanas sistemu (skat. 12.6.2 Atsiknésanas zondes tirisanas procediras veikSana). &
Péec tirsanas cikla vai veiksmigas zondes nomainas skaits tiek automatiski atiestatits.

BOND atsuksanas zondes tiri$anas sistémas péc to sanemsanas ir jaregistré BOND sistéma tada pasa veida ka
noteik§anas sistémas (skat. 8.3.3 Reagentu un reagentu sistemu registresana). Programmatdra registre tirisanas

sistémas lietojumu, laujot katra sistéma veikt 15 tirisanas ciklus.

izmanto$anas. Atsuks$anas zondi nevar notirit, kameér apstrades moduli ir ievietoti citi reagenti vai
reagentu sistémas, un nav iespejams uzsakt slaidu apstradi, kameér apstrades moduliir ieladéta

‘ Lai saglabatu reagentu efektivitati tiriSanas sistémas, ieladgjiet tos apstrades modulos tikai pirms to
tirsanas sistema.
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12.6.2 Atsuknesanas zondes tiriSanas proceduras

veiksana

Izpildiet talak sniegtos noradijumus, lai iztiritu atsukSanas zondi, izmantojot BOND atstukSanas zondes tirisanas
sistemu.

TiriSanas protokola izpilde aiznem aptuveni 20 minates.

1

Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tukSgaita un ka taja nav ieladeta, ieplanota vai netiek apstradata
neviena serija.
Iznemiet no apstrades modula visas reagentu un reagentu sistémas paplates.

levietojiet BOND atslk$anas zondes tiriSanas sistemu apstrades modula reagentu paplate.

Clinical Client (Kliniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvertu ta ekranu System status
(Sistemas statuss).

Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péc tam noklik$kiniet uz pogas Clean aspirating probe
(Atsuksanas zondes tirisana).

Kad tiek pieprasits, noklikskiniet uz Yes (Ja), lai uzsaktu tirisanu.

Tiek uzsakta tirisanas protokola darbiba, ko apstrades modula cilné norada tiriSanas ikona.
Uzgaidiet, l1dz tiek sanemts pazinojums, ka tiriSana ir pabeigta.

Iznemiet BOND atstk$anas zondes tiri$anas sistému no reagentu paplates.

Dialoglodzina Cleaning Complete (Tiri$ana pabeigta) noklikskiniet uz OK (Labi), lai turpinatu ierasto darbibu.
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12.7 Mazgasanas bloks un maisisanas iekarta

Maisi$anas iekarta ir seSas atveres reagentu maisiSanai. Ta ieklaujas ka ieliktnis mazgasanas bloka.

Attéls 12-11: Skats uz mazgasanas bloku no aug$as ar mazgasanas zonu (1) un maisisanas iekartu (2) vieta

— ] pooocE—

BRIDINAJUMS: Dazi no imdnhistokimija un in situ hibridizacija izmantotajiem reagentiem ir bistami.
@ Pirms turpinat, nodrosiniet, ka esat sanémis(-usi) atbilsto$u drosibas apmacibu.

Regulari parbaudiet, vai nav mainijusies maisisanas iekartas krasa vai visparigais stavoklis, un nepiecieSamibas

gadijuma nomainiet to. Nomainiet staciju reizi menesi kartejas apkopes ietvaros. Pirms tas iznemsanas vienmer
parliecinieties, ka ir pabeigta visu sériju apstrade.

Lai iznemtu maisiSanas iekartu, satveriet maisiSanas iekartas aizmugure esosSo izcilni un izceliet to.

MaisiSanas iekartas tiriSana

Ja maisiSanas iekarta nav bojata vai ieverojami mainijusi krasu un ar nosacijumu, ka ta tiek pienacigi iztirita, to var
izmantot atkartoti lidz ikméneSa nomainas terminam.

1 Tirnsanas nepiecieSamibas gadijuma mercéjiet vismaz 30 minates 0,5 % W/V natrija hipohlorita Skiduma
dejonizeta uden.
Iznemiet un 10 reizes iegremdejiet svaiga dejonizéta tden.

Mércejiet to reagentu kategorijas spirta $kiduma vismaz 10 mindtes.

N w N

Maisiet 30 sekundes un iznemiet no skiduma.

5 Laujiet tai nozut.

Mazgasanas bloka tirisana

Iztiriet mazgasanas bloku reizi nedéla, izmantojot bezpluksnu dranu.

UZMANIBU! Nelietojiet ausu tiramos kocinus vai citus aplikatorus ar kokvilnas uzgali mazgasanas
bloka atverumu tirisanai, jo kokvilnas uzgalis var atvienoties un izraisit nosprostojumus.
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12.8 Apvalki, durvis un vaks

Reizi nedéla notiriet apstrades modula apvalkus, durvis (ja tadas ir) un vaku ar putek|u lupatu vai dranu.

Neizmantojiet tirisanas lidzek|us; ja nepiecieSams, izmantojiet udeni, lai samitrinatu bezpltksnu dranu, lai notiritu
apvalkus, durvis un vaku, tadéjadi noversot netirumu uzkrasanos.

Ja kads no apvalkiem, durvim vai vakiem deformejas vai tiek bojats, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai veiktu
nomainu.

12.9 ID attélveidotajs

Lai pareizi identificétu slaidus, galvena robota sviras ID attélveides logam jabut tiram. Katru nedé|u vai ja attélam biezi
nespej pareiziizveidot ID attélus, notiriet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

Attéls 12-12: ID attélveidotajs
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12.10 Notekpaplates

Notiriet notekpaplates reizi menesi vai biezak, ja uz tam ir izlijis reagents vai redzami atkritumi. Sazinieties ar klientu

atbalsta dienestu, ja uz paplatém ir noverojami parmerigi izslakstijumi vai sals nogulsnes.

e 12.10.1 BOND-lII lielapjoma konteineru notekpaplates
e 12.10.2 BOND-III apstrades modula notekpaplate
e 12.10.3 BOND-MAX lielapjoma konteinera notekpaplate

12.10.17 BOND-III lielapjoma konteineru notekpaplates

BOND-III ir divas lielapjoma konteineru notekpaplates, kas atrodas zem lielapjoma konteineriem apstrades modula
aug$eja un apakseja liment.
Lai tiritu BOND-III lielapjoma konteinerus, veiciet turpmak noraditas darbibas.

1 Parliecinieties, ka nedarbojas apstrades modulis.

2 Iznemiet visus lielapjoma konteinerus.
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3 Nonemiet melnos apvalkus, kas aizsarga katra lielapjoma konteinera svara sensorus (skatit Attéls 12-13).
Noslaukiet katru apvalku ar dranu vai marli, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

Attels 12-13: BOND-III lielapjoma konteineru notekpaplates, kuras redzami svara sensoru apvalki

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

ENEEEEAE EEEEEERHUF INE R R R

00000 0Y

4 Noslaukiet notekpaplates ar 70 % spirta Skidumu. Izvairieties no saskares ar neapsegtajiem metala svara
sensoriem.

5 Nosusiniet notekpaplates ar papira dvieli.

6 Noslaukiet visus lielapjoma konteinerus un novietojiet tos atpakal pareizaja pozicija.
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12.10.2 BOND-IIl apstrades modula notekpaplate

BOND-III ir zem apstrades modula novietota treSa notekpaplate, ka paradits Attels 1214 talak.

Attels 12-14: BOND-IIl apstrades modula notekpaplate

LLTEE LT T i i

I

Lai piek|Utu apstrades modula notekpaplatei, rikojieties talak noraditaja veida.

1 Zem apstrades modula atrodiet notekpaplati (skat. Attels 12-14) un velciet to virziena uz aru. Ar abam rokam
atbalstiet paplates svaru un nepielaujiet Skidruma izS|akstisanos.

2 IztukSojiet paplates saturu un utilizgjiet atkritumus saskana ar iestade apstiprinatajam proceduram.

‘ Paplates aizmuguréja sturt ir kanals, kas palidz veikt parlieSanu un noverst iz§|akstisanos.

3 Mazgajiet paplati ar 70 % spirta Skidumu un péc tam novietojiet to atpakal pareizaja pozicija.
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12.10.3 BOND-MAX lielapjoma konteinera notekpaplate

BOND-MAX ir atseviSka notekpaplate, kas atrodas zem lielapjoma konteineriem lielapjoma konteineru dobuma.
Lai piek|Utu lielapjoma konteineru notekpaplatei, veiciet talak noraditas darbibas.

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis nedarbojas, un iznemiet visus lielapjoma konteinerus.

2 lznemiet notekpaplati un noslaukiet ar to dranu vai marli, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

3 Nosusiniet notekpaplati ar papira dvieli un novietojiet to atpakal pareizaja pozicija (ar slipo malu apstrades
modula priek$puse).

4 Noslaukiet visus lielapjoma konteinerus un novietojiet tos atpakal pareizaja pozicija.

12.11 Slaidu paplates

Notiriet slaidu paplates reizi ménesi, nomazgajot tas ar siltu ziepjudeni un noskalojot ar tekoSu tdeni. Pirms
lietoSanas vienmer parliecinieties, ka slaidu paplates ir sausas. Nomainiet deformétas un bojatas paplates.

12.12 Lielapjoma Skidruma robota zondes (tikai
BOND-I11)

Katrai lielapjoma Skidrumu robota zondei ir nepiecieSama ikmeénesa tiriSana, izmantojot 70 % spirta Skidumu un
bezpluksnu dranu vai spirta tamponu.

Tinsanas laika parbaudiet, vai zondes nav nolietojusas un nepiecieSamibas gadijuma nomainiet tas.

e 12.12.1 Lielapjoma Skidrumu robota zondes tiriSana

12.12.1 Lielapjoma skidrumu robota zondes tiriSana

Notiriet lielapjoma Skidruma robota padeves zondes reizi ménesi, rup€joties, lai zondes netiktu saliektas.
BRIDINAJUMS: Lielapjoma Skidrumu roboti parvietojas gar slaidu iekraso$anas blokiem, lai
nodro$inatu lietotajiem piek|uvi tiri$anas nolika. So proceddru drikst veikt tikai tie operatori, kuri ir
bridinati par iespejamo bistamibu un sanémusi atbilstoSu apmacibu.

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tukSgaita un ka taja nav ieladéta, ieplanota vai netiek apstradata
neviena sérija.

2 Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu System status
(Sistémas statuss).
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3 Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Uzturésana) un péc tam noklikskiniet uz pogas Clean bulk fluid robot
probes (Notirit lielapjoma $kidrumu robotu zondes).

4 Uzmanigi izlasiet dialoglodzina Clean bulk fluid robot probes (Lielapjoma $kidruma robota zondes) sniegtas
norades, noslédziet visas slaidu paplates un noklikskiniet uz Yes (Ja), lai turpinatu.

Attéls 12-15: Noslaukiet visas tris lielapjoma Skidrumu robota zondes ar 70 % spirta Skidumu (zonde ir
noradita)

Apziméjumi

1 Zondes savienotajs

2 Zonde

5 Kad visitris lielapjoma Skidrumu roboti ir parvietoti uz apstrades modula priekSpusi, izslédziet to.

6 Uzmanigi notiriet zondes ar 70 % spirta Skidumu un mikstu dranu vai spirta salveti.
Rikojieties Tpasi piesardzigi, lai neizjauktu zonzu izkartojumu.

7 Dialoglodzina atlasiet veiksmigi notirito(s) lielapjoma Skidrumu robotu(-s) un péc tam noklikskiniet uz opcijas
Done (Gatavs). Vai ari, ja tiri§ana nav veikta, noklikskiniet uz pogas None were cleaned (Neviena netika
notirita).

8 Restartejiet apstrades moduli. Inicializacijas laika lielapjoma Skidrumu roboti atgriezisies sakuma pozicija
apstrades modula aizmugure.

12.13 Slirces

Ik pec seSiem ménesiem vai péc katru 7800 slaidu apstrades BOND programmatira pazino, ka ir janomaina

§lirce (BOND-MAX) vai lirces (BOND-III) atkariba no ta, kur§ gadijums iestajas pirmais (skatit =
5.1.2 Aparatdras statuss). ~
Reizi nedela inicializacijas vai fluidikas sistemas tirisanas laika vizuali parbaudiet $lirces, jo 1pasi lirces augSpuse un
zem virzula, vai nav noplides (skatit 12.5 Apstrades modula restartesana). Tapat parbaudiet ari pievienotas caurules
un savienojumu elementus. Jebkadu noplizu gadijuma nomainiet.

Ja labak vélaties, lai Leica Biosystems servisa inZenieris nomaina $lirci(-es), I0dzu, sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu. Tapat jus varat nomainit $lirci(-es) pats(-i) talak izklastitaja veida.
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M

‘ BRIDINAJUMS: Vienmér valkajiet aizsargapgérbu un cimdus.

e 12.13.1 BOND-III §]iru nomaina
e 12.13.2 BOND-MAX 9 pieslegvietu Slirces nomaina

12.13.1 BOND-III slircu nomaina

Ja vien jus nemainat vienu bojatu Slirci neilgi pec nomainas, nomainiet visas $lirces vienlaikus.
1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuksgaita (nav ieladéta vai ieplanota nevienas sérijas apstrade).

2 Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu System status
(Sistémas statuss).

3 Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péec tam noklikskiniet uz pogas Replace syringe (Nomainit
Slirci).

4 |zlasiet noradijumus un noklikskiniet uz Yes (Ja).

Apstrades modulis izvada $kidrumu no visam $lircém un novieto to tas stavokli nomainai (tas var ilgt lidz pat
sy

10 minatém). Uzgaidiet, lidz apstrades modulis atvienojas Lo , tad izsledziet to. Neizslédziet kontrolleri
(vai BOND-ADVANCE terminali).

c UZMANIBU! Pirms turpinat, parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslégts.

5 Atskruvejiet Cetras seSstura skruves, ar kuram pieskruvets $lirces modula apvalks, izmantojot komplektacija
ieklauto 3 mm seSstdra atslégu. Nonemiet apvalku.

6 Atskravéjiet katras Slirces skavas rokas skrvi un nolaidiet skavu virziena uz leju.

7 lzmantojiet komplektacija esoso 2,5 mm seSstura atslegu, lai atskruvetu virzula fikséSanas skravi virzula
apaksa.

Attéls 12-16: Virzula fikséSanas skrives atskrivésana ar seSstira atslégu

Daziem modeliem seSstura skruves vieta ir rokas skrave.
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8 Atskravéjiet §lirces cilindru no varsta. Iznemiet §lirci un skavu no apstrades modula.

9 levietojiet jauno Slirci caur skavu.
10 Novietojiet §lirci un skavu uz apstrades modula un ieskruvejiet Slirci varsta.
17 Uzlieciet virzula fikséSanas skruvi un pievelciet to.
12 Paceliet skavu lidz Slirces augsSdalai un pievelciet rokas skravi.

13 Novietojiet atpakal Slirces modula apvalku un nostipriniet to, izmantojot Cetras seSstura skruves.

14 Dialoglodzina atlasiet veiksmigi nomainito(-as) $lirci(-es) un pec tam noklikskiniet uz Done (Gatavs). Vai, ja
neviena nav veiksmigi nomainita, noklikSkiniet uz pogas None were replaced (Neviena netika nomainita).

15 Restartgjiet apstrades moduli.

16 Parbaudiet, vai apstrades modula inicializacijas laika nav nopludes, jo ipasi §lirCu augSdala un zem virzuliem.
Zinojiet par nopludem klientu atbalsta dienestam.

17 Laiparbauditu, vai jaunas Slirces ir uzstaditas pareizi, veiciet testa audu vai kontroles audu apstradi, lai
parliecinatos, ka ir iekrasoSana tiek veikta pareizi.

12.13.2 BOND-MAX 9 pieslegvietu Slirces nomaina

1 Parliecinieties, ka apstrades modulis darbojas tuk$gaita (nav ieladéta vai ieplanota nevienas sérijas apstrade).

2 Clinical Client (Klniskais klients) profila atlasiet apstrades modula cilni, lai atvértu ta ekranu System status
(Sistémas statuss).

3 Noklikskiniet uz cilnes Maintenance (Apkope) un péec tam noklikskiniet uz pogas Replace syringe (Nomainit
8lirci).
4 Izlasiet noradijumus un noklikskiniet uz Yes (Ja).

Apstrades modulis izvada Skidrumu no §lirces un novieto to stavokli nomainai. Uzgaidiet, lidz apstrades
\ls

modulis atvienojas L , tad izsledziet to. Neizsledziet kontrolleri (vai BOND-ADVANCE terminali).

c UZMANIBU! Pirms turpinat, parliecinieties, ka apstrades modulis ir izslégts.

5 Atskruvéjiet Slirces skavas rokas skravi un nolaidiet skavu virziena uz leju.
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6

10
11
12
13
14

15

Izmantojiet seSstlra atslégu, lai atskravetu virzula fikseéSanas skrivi virzula apaksa.

Attéls 12-17: Virzula fikséSanas skrives atskruvésana ar seSstra atslégu

|
3

Daziem modeliem seSstura skruves vieta ir rokas skrave.

Atskruvejiet Slirces cilindru no varsta. Iznemiet slirci un skavu no apstrades modula.

levietojiet jauno Slirci caur skavu.

Novietojiet Slirci un skavu uz apstrades modula un ieskravejiet Slirci varsta.

Uzlieciet virzula fikseSanas skruvi un pievelciet to.

Paceliet skavu lidz Slirces aug$dalai un pievelciet rokas skravi.

Dialoglodzina noklikskiniet uz opcijas Yes (Ja), lai apstiprinatu, ka $lirce ir veiksmigi nomainita.
Restartejiet apstrades moduli.

Parbaudiet, vai apstrades modula inicializacijas laika nav nopludes, jo Tpasi Slirces augsdala un zem virzula.
Zinojiet par nopludem klientu atbalsta dienestam.

Lai parbauditu, vai jauna Slirce ir uzstadita pareizi, veiciet testa audu vai kontroles audu apstradi, lai
parliecinatos, ka ir iekrasoSana tiek veikta pareizi.
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12.14 Barosanas drosinataji

Mantotajiem BOND-IIl un BOND-MAX apstrades moduliem ir divi tikla dro$inataji un divi silditaja baro$anas
droSinataji. Alternativajiem BOND-III un BOND-MAX apstrades moduliem ir tikai divi stravas droSinataji. DroSinataju
parametri atskiras atkariba no elektrotikla. Drosinataji atrodas aizmuguréja apvalka (skatit 2.2.13 Aizmuguréjais

apvalks).

Mantotais BOND-IIl izmanto $adus droSinatajus:

DroSinatajs 100-240 V mainstravas
barosana

F1 Silditaja baroSanas avots 3AG T8A 250V UL
F2 Sistemas baroSanas avots 3AG T8A 250V UL
F3 Mainstravas tikls (neitrals) 3AG T15A 250V UL
F4 Mainstravas tikls (aktivs) 3AG T15A 250V UL

Alternativais BOND-IIl izmanto $adus droSinatajus:

DroSinatajs 100-240 V mainstravas
barosana

F3 Mainstravas tikls (neitrals) 3AG T15A 250V UL

F4 Mainstravas tikls (aktivs) 3AG T15A 250V UL

Mantotie BOND-MAX apstrades moduli izmanto Sadus droSinatajus:

Drosinatajs Apraksts 100-240 V mainstravas
barosana
F1 Mainstravas tikls (aktivs) 3AG T15A 250V UL
F2 Mainstravas tikls (neitrals) 3AG T15A 250V UL
F3 24V silditaja baroSana 3AG T8A 250V UL

F4 24V lidzstravas barosanas avots  3AG T8A 250V UL

Alternativie BOND-MAX apstrades moduli izmanto Sadus droSinatajus:

Drosinatajs Apraksts 100-240 V mainstravas
barosSana
F1 Mainstravas tikls (aktivs) 3AG T15A 250V UL
F2 Mainstravas tikls (neitrals) 3AG T15A 250V UL
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Nomainiet drosinatajus tikai ar standarta detalam. Ja droSinataji izdeg atkartoti, sazinieties ar klientu
atbalsta dienestu.

é BRIDINAJUMS: Neapejiet dro$inatajus un neizraisiet to isslégumu.

Izsledziet apstrades moduli un atvienojiet stravas padeves vadu pirms droSinataju nomainas.
Lai nomainitu drosinatajus, veiciet talak noraditas darbibas:

1 lzsledziet apstrades moduli.

Izsledziet stravas padevi un atvienojiet stravas padeves kontaktspraudni no kontaktligzdas.

Atskruvejiet droSinataja apvalku.

A~ W N

Iznemiet drosinataja apvalku un nomainiet droSinataju. Parbaudiet, vai ir izmantots pareizas specifikacijas
droSinatajs.

5 lespiediet droSinataja apvalku un pagrieziet to pulkstenraditaja virziena, lai nofiksétu drosSinataju. Nepievelciet
to parak ciesi.
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3 TiriSana un apkope (dazadi)

13.1 Rokas svitrkodu skeneri

13.1.1  Symbol svitrkodu skeneris

@ Sie noradfjumi attiecas tikai uz vecakiem Honeywell svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir jaunaks
Honeywell vai Zebra svitrkodu skenera modelis, IGdzu, skatiet 13.1.2 Honeywell svitrkodu skeneris

vai 13.1.3 Svitrkodu skeneris Zebra DS2208.

Reizi nedela notiriet rokas skeneri:

* nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskare ar logu,
» nesmidziniet Gdeni vai citus tiri$anas lidzek|us tiesa veida uz loga.
» Nenonemiet skenera gumijas uzmavu.
Tiriet skeneri Sadi:
1 vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,
2 notiriet netirumu dalinas ar mitru bezpluksnu dranu,

3 noslaukiet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

%% BRIDINAJUMS: Rokas svitrkodu skeneris satur lazera ierici, kas var izraisit smagus acu bojajumus.

Neskatieties skenera loga, kamer tas ir iesléegts.
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13.1.1.1 Symbol svitrkodu skenera konfigurééana

turpmak noraditos svitrkodus.

Attéls 13-1: Svitrkodu skenésanas seciba Symbol skenera konfiguréSanai

1. skengjums: iestatiet visus noklusgjuma iestatijumus

2. skengjums: iespejot kodu 128

3. skenéjums: skenésanas opcija

4. skengjums: <DATA><SUFFIX>

5. skengjums: ievadiet
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13.1.1.2 Skenera nolasisanas skanas signalu skaJuma iestatisana

Lai iestatitu Symbol svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu, izdrukajiet So lapu augsta izSkirtspeja un
noskengjiet turpmak redzamo svitrkodu athilstigi velamajam limenim.

Attéls 13-2: Symbol skenera nolasisanas skanas signalu skalums

Zems skaluma limenis

Vidéjs skaluma limenis
13.1.2 Honeywell svitrkodu skeneris

Augsts skaluma limenis

Symbol svitrkodu skenera modelis, lidzu, skatiet 13.1.17 Symbol svitrkodu skeneris. Ja jums ir Zebra

‘ Sie noradijumi attiecas tikai uz jaunakiem Honeywell svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir vecaks
DS2208 svitrkodu skenera modelis, skatiet 13.1.3 Svitrkodu skeneris Zebra DS2208.

Reizi nedela notiriet rokas skeneri:

* nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskaré ar logu,

» nesmidziniet Gdeni vai citus tirianas lidzek|us tiesa veida uz loga.
Tiriet skeneri Sadi:

* vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,

« notiriet netirumu dalinas ar udeni samitrinatu bezpluksnu dranu,

» notiriet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta skiduma.

Jarokas svitrkodu skeneris nedarbojas pareizi, jusu apkopes organizacija var pieprasit ta atkartotu inicializeéSanu.
Tapat jus varat pielagot skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu.
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13.1.2.1 Honeywell svitrkodu skenera konfigurééana

svitrkodus turpmak noraditaja seciba.

Attéls 13-3: Svitrkodi skenera konfiguréSanai

HITHAR

1. skenéjums: dzésiet pielagotos nokluséjuma iestatijumus

I

2. skengjums: aktivizéjiet noklusejuma iestatijumus

3. skenéjums: Honeywell skenera konfiguresana

13.1.2.2 Skenera nolasiSanas skanas signalu skaluma iestatiSana

Lai iestatitu Honeywell svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu, izdrukajiet So lapu augsta izskirtspeja
un noskenejiet talak redzamo svitrkodu atbilstoSi velamajam limenim.

Attéls 13—-4: Honeywell skenera nolasisanas skanas signalu skajums

Zems skaluma [imenis

Vidéjs skaluma limenis
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Augsts skaluma [imenis

Skana izslégta

13.1.2.3 Brivroku lietoSanas konfiguresana

Kad skeneris tiek novietots stativa, tas parasti darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav janospiez nolasitaja
poga.
Lai iestatitu brivroku lieto$anu Honeywell svitrkodu skenerim IESLEGTA vai IZSLEGTA rezima, izdrukajiet $o lapu

augsta izSkirtspéja un noskengjiet turpmak redzamo svitrkodu, kas atbilst vélamajai funkcionalitatei.

Attéls 13-5: Brivroku svitrkodu skené$ana ar Honeywell skeneri

Brivroku lieto$ana IESLEGTA

Brivroku lietodana IZSLEGTA
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13.1.3  Svitrkodu skeneris Zebra DS2208

@ Sie noradfjumi attiecas tikai uz jaunakiem Zebra svitrkodu skeneru modeliem. Ja jums ir vecaks
Symbol svitrkodu skenera modelis, lidzu, skatiet 13.1.7 Symbol svitrkodu skeneris. Ja jums ir

Honeywell svitrkodu skenera modelis, skatiet 13.1.2 Honeywell svitrkodu skeneris.

Reizi nedela notiriet rokas skeneri:

* nelaujiet abraziviem materialiem nonakt saskaré ar logu,

» nesmidziniet Gdeni vai citus tiri$anas lidzek|us tiesa veida uz loga.
Tiriet skeneri $adi:

* vispirms atvienojiet skeneri no kontrollera vai terminala,

« notiriet netirumu dalinas ar udeni samitrinatu bezpluksnu dranu,

« notiriet logu ar bezpluksnu dranu, kas samitrinata 70 % spirta Skiduma.

......

Tapat jus varat pielagot skenera nolasiSanas skanas signalu skajumu.
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13.1.3.1 Zebra svitrkodu skenera konfigurééana

turpmak noraditos svitrkodus.

Attéls 13-6: Svitrkodu skenésanas seciba Zebra skenera konfiguréSanai

1. skenéjums: iestatiet noklusejuma iestatijumus

2. skengjums: iespejot kodu 128

3. skengjums: skenésanas opcija

4. skenéjums: <DATA> <SUFFIX>

5. skengjums: ievadiet

6. skengjums: ignoréet burtu blokésanas taustinu (lespéjot)

BOND sistema BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 329



Nodala 13 Tirisana un apkope (dazadi)

13.1.3.2 Skenera nolasisanas skanas signalu skaJuma iestatisana

Lai iestatitu Zebra svitrkodu skenera nolasiSanas skanas signalu skalumu, izdrukajiet So lapu augsta izskirtspeja un
noskengjiet turpmak redzamo svitrkodu athilstigi velamajam limenim.

Attéls 13-7: Zebra skenera nolasiSanas skanas signalu skalums

Zems skaluma [imenis

Vidéjs skaluma limenis

Augsts skaluma limenis

13.1.3.3 Brivroku lietoSanas konfigurésana

Kad skeneris tiek novietots stativa, tas parasti darbojas brivroku rezima un, nolasot svitrkodu, nav janospiez nolasitaja
poga.

Lai iestatitu brivroku lieto$anu Zebra svitrkodu skenerim IESLEGTA vai IZSLEGTA rezima, izdrukajiet $o lapu augsta
izSkirtspeja un noskengjiet turpmak redzamo svitrkodu, kas atbilst velamajai funkcionalitatei.

Attels 13-8: Brivroku svitrkodu skenésana ar Zebra skeneri

Brivroku lieto$ana IESLEGTA

Brivroku lietoSana IZSLEGTA
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13.2 Slaidu marketajs

Slaidu marketaja komplektacija ir iek|autas lietoSanas rokasgramatas. Skatiet tajas noradijumus par etikeSu tirisanu
un ieladi un drukas lenti. Tiriet to reizi menesi.
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4 BOND reagentu izmantosSana

Saja nodala ir visparigi aplikoti jautajumi, kas saistiti ar audu iekraso$anas zinatni un kliniskajiem apsvérumiem,
izmantojot BOND sistemu.

Katra Leica Biosystems izstradajuma komplektacija ir iek|autas izsmeloSas lietoSanas instrukcijas. Vispirms skatiet

Sos noradijumus, lai iegatu reagentam specifisku informaciju par paraugu sagatavo$anu, kvalitates kontroli un testa
interpretaciju. Visparigi noradijumi par Siem procesiem BOND sistéema ir aprakstiti talak.

e 14.1 Proceduras princips

» 14.2 Paraugu sagatavoSana

» 14.3 Kvalitates kontrole

» 14.4 |ekrasoSanas interpretacija

e 14.5 Visparigi ierobezojumi

e 14.6 Atsauce

14.7 Proceduras princips

Saja sadala ir sniegti visparigi noradijumi par IHC un ISH. Taja aprakstitas arf BOND noteik$anas sistémas.

Imanhistokimija (IHC)

Imunhistokimiskas metodes tiek izmantotas jau vismaz 50 gadus, lai noteiktu specifiskus antigénus Sunas vai audos.
Pirmaja metodé, par kuru pieejami parskati, tika izmantotas fluorescéjosas etiketes 1941. gada '. Péc tam tika
iesviesta enzimu, pieméram, peroksidazes, izmantogana . Misdienas imdnhistokimiju izmanto, lai veicinatu $tnu
atpaziSanu kopa ar parasto hematoksilina un eozina parafina iekrasoSanu, un ta palidz atpazit normalas un
patologiskas $Unas. Imunhistokimiskas metodes ir kjluvuas par “aprlpes standartu” kirurgiskas patologijas joma, ja
klasiskas metodes vienas pasas nespéj noderosSinat pamatu noteiktai diagnozei ** Tomér, neskatoties uz gandriz
universalu izmanto$anu, ir pastavéjusas noteiktas $aubas par atkartojamibu °.

Reagenti automatizétaja BOND sistéma parada antigénus audu griezumos, izmantojot imanhistokimiskas metodes.
Kopuma specifiska primara antiviela sasaistas ar paraugu, péc tam BOND noteik$anas sistémas reagenti vizualizé
kompleksu.
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@ Diagnostikas “markieris” ir reagents, ko izmanto, lai noteiktu specifisku antigénu vai DNS/RNS
piesaistes vietu audu parauga. Markieris ir primara IHC antiviela vai ISH zonde (skatit talak).

In situ hibridizacija (ISH)

Molekularas biologiskas metodes ir butiski uzlabojusas masu izpratni par slimibam. In situ hibridizacija apvieno
molekularo biologiju un histologiju, laujot vizualizet DNS vai RNS $lnu konteksta. Kop$ nukleinskabju noteiksanas
ievie$anas 1969. gada °, in situ hibridizacijas protokolu uzlabojumi to ir padarijusi par arvien vértigaku instrumentu
klinisko patologiju un pétniecibas joma.

sasaistas ar tas papildu sekvenci fikséto audu vai Sunu parauga. Zonde tiek vizualizéta, izmantojot antivielu pret
markieri, kam seko BOND poliméru noteik$anas reagenti. BOND automatizéta sistéma un reagenti piedava uzticamu
un efektivu alternativu sarezgitam manualajam metodem.

14.1.1 BOND noteikSanas sistemas

Leica Biosystems piegada dazadas noteikSanas sistémas, kas 1pasi izstradatas BOND sistemai. Galvena no tam ir
BOND Polymer Refine Detection™ sistéma, kas nodrosina augstas intensitates iekrasoSanu apvienojuma ar augstu
precizitati, neizmantojot streptavidinu un biotinu.

Pieejamas BOND noteikSanas sistémas ir noraditas sadalas talak.

e 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

» 14.1.1.2 BOND Polymer Refine noteik$ana ar sarkanu krasvielu

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

@ BOND-PRIME apstrades modulis izmanto citu Sis noteikSanas sistemas versiju. Tas tiek piegadats
divu reagentu sistémas paplate, un hematoksilina reagenta konteiners ir atsevisks paligaprikojums.

Papildu informaciju skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja rokasgramata.

BOND poliméru DAB bazes sistema, BOND Polymer Refine Detection, nodrosina augstas intensitates iekraso$anu
apvienojuma ar precizu antivielas sasaistes ar merka antigénu vai zondes sasaistes ar nukleinskabi attelojumu.
Sistéma neizmanto streptavidinu un biotinu un tadejadi novérs endogéna biotina izraisitu nespecifisku iekraso$anu.
Endogénais biotins ir sastopams dazos audos, pieméram, kunga-zarnu trakta, nieru, aknu un krits karcinomas audos.
BOND poliméru noteikSanas sistemam ir augstaka jutibas pakape neka marketajam streptavidina-biotina sistemam,
rezultata iegustot zemaku antivielu koncentraciju un atraku apstrades laiku.

Katra posma BOND sistéma inkubé griezumus precizi noteiktu laiku un péc tam mazga tos, lai atbrivotos no
nesasaistita materiala. Protokola darbibas, tostarp inkubacija, mazgasana un rezultatu interpretacija, tiek veiktas, ka
aprakstits BOND Polymer Refine Detection lietoSanas instrukcijas. Rezultati tiek interpretéti, izmantojot optiskas
gaismas mikroskopu, un palidz patologisku procesu diferencialaja diagnostika, kas var bt vai nebt sasaistiti ar
noteiktu antigenu.
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Ja ir vélama augstaka intensitate, visam BOND poliméru noteikSanas sistemam ir pieejamas Sadas iespéjas:
« palieliniet primaras antivielas vai zondes un/vai noteikSanas sistémas komponentu inkubacijas laiku;
 izmantojiet BOND DAB pastiprinataja posmu.

« tikai IHC. palieliniet primaro antivielu koncentraciju.

‘ Sis tris opcijas nav pieejamas Bond Oracle™ HER?2 IHC sistémai.

BOND Oracle HER2 IHC sistema ir pilniga sistema merka proteina klatbutnes noteikSanai un lidz ar to arstéSanas ar
mérka terapiju piemérotibas noteik$anai. St parbaude tiek nodroinata ka pilniga, optimizéta sistéma ar lieto$anai
gatavam antivielam, noteikSanas reagentiem, kontroles reagentiem un kontroles paraugu slaidiem, lai nodrosinatu
diagnostikas rezultata pilnigu kvalitates garantiju. Parbaude ir balstita uz IHC metodologiju. Pilna lieto$anas
instrukcija ir sniegta sistemas komplektacija. Lai iestatitu sériju apstradi, izmantojiet turpmak sniegtos noradijumus.
HER?2 IHC testéSanas rakstura de| ir ipasi svarigi precizi ievérot Sos noradijumus, lai analizes netiktu atzitas par

nederigam.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine noteikSana ar sarkanu krasvielu

@ BOND-PRIME apstrades modulis izmanto citu $is noteikSanas sistemas versiju. Ta tiek piegadata
divu reagentu sistémas paplaté. Papildu informaciju skatiet atseviska BOND-PRIME lietotaja

rokasgramata.

BOND Polymer Refine Red Detection™ ir tadas pasas prieksrocibas ka iepriek$ aprakstitajam DAB bazes poliméru
noteik§anas sistémam, bet vizualizacijai DAB vieta tiek izmantots hromogéns Fast Red. Sistéma ir piemérota
lietoSanai ar, pieméram, adas audiem, kur audu pigmentus var sajaukt ar DAB.

BOND Polymer Refine Red Detection sistéma ar sarkanu krasvielu ir |oti jutiga Compact Polymer™ sistéma, kas
konjugéta ar sarmaino fosfatazi, kura nodrosina imuniekrasoSanu spilgta fuksiju sarkana krasa, ka art hematoksilina
pretiekrasoSanu (tostarp zila krasa).

Hromogens Fast Red normalos laboratorijas apstak|os ir kimiski nestabils. Lai uzturetu hromogéna
efektivitati, stingri ieverojiet BOND Polymer Refine Red Detection lietoSanas noradijumus. Vienmer
novietojiet kontroles audus uz ta pasa slaida, kur atrodas pacienta audi, lai varétu atri noteikt
sistémas nolietojumu.

@ Kopa ar BOND Polymer Refine Red Detection sistému ieteicams izmantot Leica CV Ultra Mounting
Media. Citi stiprinajuma materiali var nesaglabat sakotnéji iegutas iekrasoSanas intensitati.
BOND Polymer Refine Red Detection sistemas darbibas posmi:

1 specifiskas primaras antivielas uzklasana;

2 inkubacija ar postprimaro reagentu;
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3 inkubacija ar poliméra reagentu, kas satur poliméru sarmaino peroksidazes (AP) terciaro antivielu konjugatus;
4 kompleksa vizualizacija ar hromogéna substratu Fast Red, izmantojot sarkanu precipitatu;

5 hematoksilina pretiekrasosana |auj noteikt Stinu kodolus.

Rezultatu inkubacija, mazgasana un interpretacija tiek veikta, ka aprakstits BOND Polymer Detection (DAB).
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14.7 Paraugu sagatavosana

Saja sadala aprakstita audu sagatavo$ana iekraso$anai.
» 14.2.1 NepiecieSamie materiali
e 14.2.2 Audu sagatavosana
e 14.2.3 AtvaskoSana un karséSana

e 14.2.4 Epitopu izguve

14.2.1 Nepieciesamie materiali

Talak noraditie materiali ir nepiecieSami imunhistokimiskas un in situ hibridizacijas iekrasoSanai, izmantojot BOND
sistemu.

14.2.1.1 Bieziizmantotie materiali

» Fiksacijas lidzeklis — ieteicams 10 % neitrali buferéts formalins.

* Parafina vasks

» Audu apstradatajs un iegulSanas centrs

« Pozitivo un negativo audu kontroles paraugi (skatit 14.3 Kvalitates kontrole)
e Mikrotoms

o Zavésanas krasns

» pastiprinasanas lidzeklis, sveku vai idens bazes,

« Uzladeti mikroskopa slaidi (piem., Leica BOND Plus slaidi)

» BOND slaidu etiketes un drukas lente

» Parseqi

» BOND Universal Covertiles vai BOND-PRIME ARC Covertiles

« BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME piestcekni)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (BOND-PRIME jauk$anas paplate)
« AthilstoSa BOND vai BOND-PRIME reagentu sistéma

» BOND enzimu priekSapstrades komplekts

» BOND Dewax Solution vai BOND-PRIME Dewax Solution

« Mazgasanas skidums (sagatavots no BOND Wash Solution 10X koncentrata) vai BOND-PRIME Wash Solution
Concentrate

 Dejonizets udens

« Spirts (reagentu kategorija*)
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vairak ka 5 % (svara attieciba).

‘ BOND-PRIME apstrades modulim skatiet atseviSko BOND-PRIME lietotaja rokasgramatu.

14.2.1.2 IHC materiali

Papildus ieprieks uzskaititajiem materialiem IHC testiem ir nepiecieSami $adi materiali:

@ * Reagentu kategorijas spirts satur etilspirtu, kura saturs ir vienads vai lielaks par 90 % (svara
attieciba); izopropilspirtu, kura saturs ir vairak ka 5 % (svara attieciba); metilspirtu, kura saturs ir ne

« negativi kontroles reagenti, kas ir specifiski primarajam antivielam (skatit 14.3 Kvalitates kontrole),
» BOND vai BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND vai BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

» BOND lietoSanai gatavas primaras antivielas vai primaras antivielas, kas atSkaiditas BOND primaraja antivielu
Skidinataja BONDatvertos konteineros ar 7 ml vai 30 ml tilpumu,

» pastiprinasanas lidzeklis, sveku vai idens bazes,

o titréSanas komplekts, izveles (skatit 14.2.1.4 TitreSanas komplekts ).

14.2.1.3 ISH materiali

Papildus ieprieks uzskaititajiem standarta materialiem ISH testiem ir nepiecieSami $adi materiali:
e |SH zondes,
« anti-fluoresceina antivielas,

« |SH specifiskas pozitivas un negativas kontroles zondes (skatit 14.3 Kvalitates kontrole).

14.2.1.4 TitreSanas komplekts

BOND titréSanas komplekts sastav no 10 tuksiem konteineriem un 50 ieliktniem (6 ml) un to izmanto primaro antivielu
koncentracijas optimizacijai BOND sistéma. leliktnos var sagatavot un ievietot nelielu daudzumu katras primaras
antivielas koncentracijas. Katru konteineru var izmantot kopa 40 ml reagenta tilpumam.

Koncentreto antivielu titréSanu var panakt, izmantojot sérijveida divkarSu atSkaidisanu. Talak izklastita metode
apraksta, ka sagatavot sérijveida Skidumus 150 pL vienreizéjai dozéSanai.

1 Katrai antivielai markgjiet tris ieliktnus ar atbilstoSiem Skidumiem.

Sagatavojiet 700 pl sakotneja Skiduma pirmaja ieliktni.
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Parnesiet 350 ul no sakotngja Skiduma 2. ieliktni un viegli samaisiet.

5 Pamnesiet 350 pl no 2. ieliktnt esosa Skiduma 3. ieliktni un viegli samaisiet.
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14.2.2  Audu sagatavosana

Més iesakam 15-20 reizes palielinat audu daudzumu 10 % neitrala bufera formalina Skiduma, lai fiksétu audus
imunohistokimiskajai un in situ hibridizacijas iekrasoSanai, izmantojot BOND sistému. Fiksaciju var veikt istabas
temperatara (15-25 °C).

HER? testésanai skatiet Amerikas Kliniskas onkologijas biedribas/Amerikas Patologu koledZas audu sagatavos$anas
ieteikumus ' vai vietgjas vadiinijas un noteikumus.

Lai veicinatu audu grieSanu un noverstu mikrotoma asmenu bojajumus, pirms audu apstrades veiciet kaulaudu
o= 11,12
dekalcifikaciju =" .

1988. gada ASV Klinisko laboratoriju uzlabo$anas likuma (CLIA) 42 CFR 493.1259. panta b) punkta ir noteikta prasiba,
ka “laboratorijai ir jaglaba iekrasotie slaidi vismaz desmit gadus no izmeklejuma datuma, bet paraugu bloki — vismaz
divus gadus no izmekl&juma datuma.” " Informaciju par savas iestades prasibam skatiet vietgjos noteikumos.

Nogrieziet un novietojiet 3-5 pm biezas $kéles uz uzladetiem stikla slaidiem (dazu specifiskos audu veidu gadijuma
var bit nepiecieSams atskirigs $kelu biezums). Lai Zavetu audus, ievietojiet labi nozavetus slaidus krasni 60 °C

(¢5 °C) uz 10-30 minuteém vai uz nakti 37 °C temperatdra. Slaidus var karsét arf BOND-III un BOND-MAX apstrades
modulos. Pirms karsésanas slaidiem jabut labi nozavéetiem ar gaisu. Papildinformaciju par paraugu sagatavosanu
skatiet 13., 14. un 15. atsauceé.

Piestipriniet paraugu un kontroles slaidiem etiketes, ka aprakstits 4 Atra palaide. BOND sistéma atvaskosana,
mitrinaSana un epitopu izguve ir pilniba automatizéta.

14.2.3 AtvaskosSana un karsésana

Imunhistokimijas audu preparatiem, kas ieslégti parafing, vispirms ir janonem parafina vasks un tos ir nepiecieSams
mitrinat. Vasks tiek nonemts, izmantojot BOND vai BOND-PRIME Dewax Solution atvaskoS$anas $kidumu, un preparati
tiek mitrinati. BOND sistéma ietver atvasko$anas protokolus, kas automatize $o procesu.

Pirms atvaskoSanas BOND-III un BOND-MAX apstrades moduli var ari karsét audus, lai uzlabotu to pielipSanu
slaidam. BOND sistemas karseSanas un atvaskoSanas protokoli automatize karséSanas un atvasko$anas procesus.

Ladzu, nemiet vera, ka audi jazave ar gaisu, lai izvaditu udeni pirms to ievietoSanas apstrades modult
karseésanai un atvaskoSanai.

14.2.4  Epitopu izguve

Audu fiksacija formalina izraisa Skérssavienojumu starp aldehidu un aminogrupam audos, un $o saisu veidoSanas var
izraisit dazadu antigenu zudumu maskesanas efekta de|. Formalins veido metiléna tiltus, kas var mainit epitopu
raksturigo trisdimensiju formu. Dazi epitopi ir jutigi pret formalinu un péc fiksacijas formalina demonstre samazinatu
imunreakciju, savukart citi ir pret noturigi formalina iedarbibu.

Olbaltumvielas aptver nukleinskabes, tade|, lai padaritu merka sekvences pieejamas zondei, ir nepiecieSama audu
permeabilizacija.
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Epitopu izguvi " var panakt vai nu izmantojot siltuma ierosinatu epitopu izquvi (HIER), enzimu priek$apstradi vai abu
So metozu kombinaciju. HIER ir visplasak izmantota IHC epitopu izguves metode. HIER mehanisms nav pilniba
izprasts.

Hipotéze balstas uz to, ka preparatu karseSana augsta temperatura epitopu izguves Skiduma hidrolize
skerssavienojumus, kas izveidojusies, fiksejot formalina. Ta rezultata epitops tiek remodificéts, un to pec tam var
iekrasot ar imanhistokimiju. Svarigakie HIER faktori ir izguves Skiduma temperatura, laiks un pH. Pastav divi dazadi
epitopu izguves risinajumi izmantoSanai BOND sistéma: citratu bazes bufer§kidums un EDTA bazes buferskidums.

Enzimu priekSapstrade izmanto proteolitiskos enzimus, lai parrautu peptidu saites un padaritu pieejamas
epitopu/merka nukleinskabju sekvences. Enzimu koncentracija un inkubacijas laiks ir proporcionals parauga
fiksacijas laikam, un tas ir attiecigi jaoptimize. Enzimu priekSapstrade ir piemeérota tikai daziem epitopiem, bet to biezi
izmanto ISH protokolos.

14.3 Kvalitates kontrole

Lietotaja laboratorija veiktas audu apstrades un tehnisko proceduru atskiribas var izraisit ievérojamas rezultatu
variacijas, kas prasa regularu iek$ejas kontroles veikSanu papildus talak noraditajam proceduram. Skatiet ari vietéjos

noradijumus un noteikumus, tapat jums var noderét “CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical
Laboratory Second Edition” ”* un lerosinatas NCCLS vadimijas IHC '*.

@ Kontroles paraugiem jabut svaigiem autopsijas/biopsijas/kirurgiskajiem paraugiem, kas fikséti,
apstradati un ieslégti, cik atri vien iespéjams tada pasa veida ka pacienta audu paraugs(-i). Sadi

kontroles pasakumi uzrauga visus analizes posmus no audu sagatavosanas lidz iekraso$anai.

‘ Mes stingri iesakam novietot attiecigos kontroles audus uz tiem pasSiem slaidiem, kur atrodas
pacientu audi. Skatiet 6.2 Darbs ar kontroles paraugiem, lai aplikotu papildu informaciju.
Skatit:
e 14.3.1 Parbauzu verifikacija
e 14.3.2 Audu kontroles paraugi
 14.3.3 Negativi reagentu kontroles paraugi IHC

» 14.3.41SH reagentu kontroles paraugi

e 14.3.5 Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi
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14.3.1 Parbauzu verifikacija

Pirms antivielas, zondes vai iekrasoSanas sistemas pirmreizejas izmantoSanas diagnostikas procedura parbaudiet
antivielas/zondes specifiskumu, testejot to ar tadu kontroles audu sériju, kas paredzama veida norada pozitivus un
negativus audus. Skatiet iepriek$ noraditas proceduras un CAP Sertifikacijas programmas 14 kvalitates kontroles
ieteikumus iminhistokimiskas parbaudém un/vai NCCLS IHC vadlinijas " vai viet&jos noteikumus un vadlinijas.
Atkartojiet Sis kvalitates kontroles proceduras katrai jaunajai antivielu partijai vai ikreiz, kad mainas parbaudes
parametri. Kvalitates kontroli nevar jégpilni veikt atseviskam reagentam izoléti, jo athilstoSie reagenti kopa ar noteikto
parbaudes protokolu ir jateste vienkopus pirms noteik§anas sistemas izmantoSanas diagnostikas nolukos.
Informaciju par audiem, kas ir piemeroti parbaudes veikSanai, skatiet katra primaro antivielu iepakojuma ieliktni.

Papildus ieprieks minetajam parbaudes proceduram mes iesakam reizi menesi iekrasot pozitivu audu kontroles
paraugus un salidzinat tos ar to pasu audu kontroles paraugu, kas iekrasots iepriek$€ja menesi. Ménesa intervalos
iekrasoto kontroles paraugu salidzinajums lauj uzraudzit parbauzu stahilitati, jutibu, specifiku un atkartojamibu.

Visas kvalitates kontroles prasibas jaizpilda saskana ar vietéjiem, valsts un/vai federalajiem noteikumiem vai
akreditacijas prasibam.

14.3.2  Audu kontroles paraugi

14.3.2.1 Pozitivo audu kontroles paraugi

» Norada pareizi sagatavotus audus un pareizus iekrasoSanas panemienus.

» Katra iekrasoSanas cikla iek|auj vienu pozitivo audu kontroles paraugu katram testa apstak|u komplektam.

 Audiar vaju pozitivu iekrasojumu ir piemerotaki neka audi ar specigu pozitivu iekrasojumu, lai veiktu optimalu
kvalitates kontroli un noteiktu nelielu reagenta degradacijas limeni .

* |zmantojot vairaku audu kontroles paraugu slaidu, kas satur audus ar spécigi, videji un vaji izteiktu antigénu
blivuma/nukleinskabes uzradiSanu, tiek ieguts plass kontroles sequms.

 Ja pozitivo audu kontroles paraugs neuzrada pozitivu iekraso$anu, testa paraugu rezultati jauzskata par
nederigiem.

» LainodroSinatu optimalu kvalitates kontroli, stingri iesakam darbinat BOND sistemu ar kontroles audu
paraugiem taja paSa slaida, uz kura novietoti parauga audi.

14.3.2.2 Negativu audu kontroles paraugi

 Parbaudiet péc pozitivu audu kontroles parauga, lai verificetu mérka antigéna markésanas specifiku ar
primaro antivielu IHC vai mérka nukleinskabi ar zondi ISH un sniegtu norades uz specifisku fona iekraso$anu
(k|udaini pozitivu iekrasojumu).

» Dazadu Sunu veidu daudzveidiba, kas atrodama vairuma audu paraugu griezumu, biezi piedava negativu
kontroles paraugu zonas, tacu lietotajam tas ir japarbauda.

 Janegativu audu kontroles parauga rodas specifisks iekrasojums, pacienta paraugu rezultati ir uzskatami par
nederigiem.
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14.3.3 Negativi reagentu kontroles paraugi IHC

Lai novertétu nespecifisku iekrasosanu un |autu labak interpretét specifisko iekrasoSanu, primaro antivielu vieta

izmantojiet negativus reagentu kontroles paraugus ar katra pacienta audu paraugu.

« leteicamais idealais kontroles reagents:

a monoklonalajam antivielam izmantojiet tada pa$a izotipa antivielu, kas ir ieguta no audu kulturas
supernatanta tada pasa veida ka primara antiviela, bet kas nerada specifisku reakciju ar cilvéka
audiem.

AtSkaidiet to ar tadu paSu imunglobulina vai proteinu koncentraciju ka primaro antivielu, izmantojot

____________

Ja tela embrija serums péec apstrades tiek saglabats tira antiviela, lietoSanai ir piemeérots ari tela
embrija serums ar proteina koncentraciju, kas ir lidzvertiga atSkaiditajai primarajai antivielai taja pasa
skidinataja.

b Poliklonalajam antivielam izmantojiet imtnglobulina frakciju (vai attieciga gadijuma visu serumu) no
normala vai neimuna seruma no ta pasa dzivnieku izcelsmes avota tada pasa olbaltumvielu

______

negativajiem reagentu kontroles paraugiem.

« Negativo reagentu kontroles paraugu inkubacijas periodam ir jaatbilst primaras antivielas inkubacijas
periodam.

« Katrai attiecigajai izguves metodei (ieskaitot neizgu$anai) noteiktajai primarajai antivielai izmantojiet
atsevisku negativo reagentu kontroles paraugu slaidu.

 Ja sérijveida griezumos tiek izmantoti vairaku antivielu paneli, viena slaida negativas iekrasosanas zonas var
kalpot ka negativi/nespecifiski sasaistes fona kontroles paraugi citam antivielam.

« Laidiferencetu endogéeno enzimu aktivitati vai nespecifisku enzimu sasaisti no specifiskas imanreakcijas,

iekrasojiet pacienta papildu audus tikai ar substratu hromogeénu vai attiecigi enzimu kompleksiem un
substrata hromogéeniem.

» BOND sistéma ietver nokluséjuma negativu IHC kontroles reagentu ar nosaukumu “*Negative” (*Negativs), ko
var atlastt ka markieri ikviena IHC protokola. Tas doze BOND Wash mazgasanas lidzekli (skatit 10.5.2 Lietu un

slaidu iestatijumi).
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14.3.4 ISH reagentu kontroles paraugi

14.3.4.1 Pozitivi reagentu kontroles paraugi

In situ hibridizacijai izmantojiet pozitivo kontroles zondi.

Zondes vieta izmantojiet katra pacienta parauga griezumu, lai sniegtu informaciju par nukleinskabju
saglabasanu audos, ka ari par nukleinskabju pieejamibu zondei.

Pozitivas zondes kontroles protokolam ir jaatbilst testa zondes protokolam.

Ja pozitivo audu kontroles zonde neuzrada pozitivu iekrasoSanu, testa paraugu rezultati jauzskata par
nederigiem.

14.3.4.2 Negativi reagentu kontroles paraugi

In situ hibridizacijai izmantojiet negativo kontroles zondi.

Negativas kontroles zondes protokolam ir jaatbilst testa zondes protokolam.

Lai novertétu nespecifisku iekrasosanu un |autu labak interpretét specifisko iekrasoSanu, izmantojiet zondes
vieta ar katra pacienta audu parauga griezumu.

Negativo reagentu kontroles paraugu inkubacijas periodam ir jaatbilst zondes inkubacijas periodam.

Katrai attiecigajai zondei (ieskaitot neizgis$anai) izmantojiet atsevisku negativo reagentu kontroles paraugu
slaidu.

Lai diferencétu endogéno enzimu aktivitati vai nespecifisku enzimu sasaisti no specifiskas imunreakcijas,

iekrasojiet pacienta papildu audus tikai ar substratu hromogénu vai attiecigi enzimu kompleksiem un
substrata hromogeniem.

14.3.5 Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi

Kvalitates kontroles sniegtie ieguvumi ir apkopoti talak tabula.

Pozitivo audu kontroles Kontrolé visus analizes Nespecifiskas fona
paraugi: posmus. iekrasoSanas noteikSana

Audi vai Sunas, kas satur Valide iekraso$anai
nosakamo merka izmantoto reagentu un
antigenu/nukleinskabju proceduras.

sekvenci (var noteikt

pacienta audos).

|deals kontroles paraugs ir
vaji pozitivi iekrasojosi audi,

antivielu/nukleinskabju
degradaciju.
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Negativu audu kontroles Neparedzétas antivielu Nespecifiskas fona
paraugi: Skersreakcijas iekrasoSanas noteikSana
noteikSana pret

Audi vai Sunas, kuram ir
paredzams but negativam
(var atrasties pacienta
audos vai pozitivas Neparedzetas zondes
kontroles audu paraugos)  Skérshibridizacijas
noteikSana pret citam
nukleinskabju sekvencem
vai Sunam/sunu
komponentiem [ISH]

Sunam/sdnu
komponentiem [IHC]

Pacienta audi Specifiskas iekrasosanas Nukleinskabju Nespecifiskas fona
noteikSana saglabasanas/audu iekrasoSanas noteikSana
fiksacijas un/vai
izguves [ISH]
novertejums

14.4 lekrasoSanas interpretacija

Pirms rezultatu interpretacijas kvalificetam patologam, kuram ir pieredze iminhistokimiskajas un/vai in situ
hibridizacijas proceduras, ir janoverté kontroles paraugi un javalide iekrasotais produkts.

Antigena noteikSanas specifiskums un jutiba ir atkariga no izmantotas specifiskas primaras antivielas. Lai
nodroSinatu vélamo iekrasoSanu, optimizegjiet katru BOND sistéma esoso specifisko antivielu, mainot inkubacijas laiku
un/vai specifisko antivielu koncentraciju. Ja specifiskas antivielas netiek optimizétas, antigéna noteikSana var nebit
optimala.
Skatit:

e 14.4.1 Pozitivo audu kontroles paraugi

e 14.4.2 Negativu audu kontroles paraugi

e 14.4.3 Pacienta audi

14.4.7 Pozitivo audu kontroles paraugi

Vispirms parbaudiet pozitivo audu kontroles paraugus, lai parliecinatos, ka visi reagenti darbojas atbilstosi.

Izmantojot DAB bazes sistémas, brina (3,3’ diaminobenzidina tetrahlorids, DAB) reakcijas produkta klatbdtne mérka
sunas norada pozitivu reakciju. Izmantojot RED hromogéna bazes noteikSanas sistémas ar sarkanu krasu, sarkana
reakcijas produkta klatbltne merka Stnas norada uz pozitivu reakciju. Ja pozitivo audu kontroles paraugi neuzrada
pozitivu iekrasoSanu, testa paraugu rezultati jauzskata par nederigiem.
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14.4.2 Negativu audu kontroles paraugi

Parbaudiet negativo audu kontroles paraugu péec pozitivo audu kontroles parauga, lai verificétu merka
antigena/nukleinskabes markejuma specifiku ar primaro antivielu/zondi.

Specifiskas iekraso$anas trikums negativo audu kontroles parauga apstiprina antivielu/zondes Skérsreakcijas
neesamibu pret Sunam/Sunu komponentiem.

Ja negativu aréjo audu kontroles paraugos ir tiek konstatéta specifiska iekrasosana (k|udaini pozitiva iekrasosana),
rezultati jauzskata par nederigiem. Nespecifiskai iekrasoSanai, ja tada ir, parasti ir difuzs izskats. Sporadiska
saistaudu iekrasoSana ari var but noverojama paraugos, kuros ir formalina parmerigi fikséti audi. lekrasosanas

rezultatu interpretéSanai izmantojiet neskartas sinas. Nekrotiskas vai degenerétas $unas bieZi iekrasojas
nespecifiski.

14.4.3 Pacienta audi

Parbaudiet pacienta audu paraugus, kas iekrasoti ar primaro antivielu/zondi ka pédejos.

Pozitivas iekraso$anas intensitate ir janoverte visu veidu negativo reagentu kontroles paraugu nespecifiska fona
iekrasojuma konteksta. Tapat ka jebkura imunhistokimijas vai in situ hibridizacijas testa negativs rezultats nozime, ka
antigens/nukleinskabe nav konstatéta, nevis ka antigens/nukleinskabe parbauditajos audos nebija.

NepiecieSamibas gadijuma izmantojiet antivielu paneli, lai noteiktu kludaini negativu reakciju.

14.5 Visparigi ierobezojumi
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apmaciba par atbilstosu reagentu izveli, audu atlasi, fiksaciju un apstradi, slaidu sagatavosanu un
iekrasoSanas rezultatu interpretaciju.

» Audu iekrasoSana ir atkariga no riko$anas ar audiem un to apstrades pirms iekrasoSanas. Nepareizas
fikséSanas, sasaldesanas, atkauseéSanas, mazgasanas, zavesanas, sildisanas, grieSanas vai piesarnojuma ar
citiem audiem vai Skidumiem rezultata var rasties artefakti, antivielu iesprosto$ana vai viltus negativi rezultati.
Nekonsekventi rezultati var bat saistiti ar variacijam fiksacijas un ieslégSanas metodes vai ar raksturigu
nevienmérigumu audos °.

» Parmeériga vai nepilniga pretiekrasoSana var nelabveligi ietekmeét rezultatu pareizu interpretaciju.

« Jebkura iekraso$anas vai tas neesamibas kliniska interpretacija bitu japapildina ar morfologisko izpéti,
izmantojot atbilstoSus kontroles paraugus, un kvalificetam patologam butu janoverte rezultati pacienta
kliniskas vestures un citu diagnostikas testu konteksta.

 Audi, kas ieguti no personam, kuras ir inficétas ar hepatita B virusu un satur hepatita B virsmas antigénu

(HbsAg), var demonstrét nespecifisku iekraso$anos ar marrutku peroksidazi .
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» Neparedzétas negativas reakcijas vaji diferencétu neoplazmu gadijuma var but saistitas ar antigéna
raksturiguma zudumu vai izteiktu samazina$anos vai mutaciju(-am) géna(-os), kas kode antigenu.
Neparedzéta pozitiva audz€ja iekrasoSana var but saistita ar tada antigéna ekspresiju, kas parasti nav izteikta
morfologiski lldzigas normalas $unas, vai ar antigéna noturibu vai iegusanu neoplazma, kas rada
morfologiskas un imunohistokimiskas Tpasibas, kas saistitas ar citu $unu liniju (svarstiga diferenciacija).
Audzeju histopatologiska klasifikacija nav eksakta zinatne, un daZi literatlras avoti, kas zino par neparedzétu
iekrasosanu, var but pretrunigi.

 Reagentiem var bit neparedzéta reakcija iepriek$ neparbauditos audos. Nevar pilniba novéerst neparedzéetu
reakciju iespejamibu pat parbauditu audu grupas, jo antigénu ekspresija/mérka nukleinskabe neoplazmas un
citos patologiskos audos ir biologiski daudzveidiga. Sazinieties ar savu vietéjo izplatitaju vai Leica Biosystems
regionalo biroju, lai zinotu par jebkuru neparedzétu reakciju.

Imanhistokimija (IHC)

» Normalu vai neimunu serumu no ta pasa dzivnieku izcelsmes avota, ka sekundarie antiserumi, ko izmanto
blokéSanas posmos, rezultata var tikt ieguti k|udaini negativi vai kludaini pozitivi rezultati autoantivielu vai
dabigo antivielu dé|.

« Var bat novérojami k|udaini pozitivi IHC rezultati neimunologiskas proteinu vai substrata reakcijas produktu
saistiS8anas de|. Tos var izraisit arf pseidoperoksidazes aktivitate (eritrociti), endogéna peroksidazes aktivitate
(citohroms C) vai endogeénais biotins (pieméram, aknas, kritis, smadzenés, nierés) atkariba no izmantota
imdniekrasosanas veida .

« Kludaini negativi gadijumi IHC var tikt ieguti dazadu faktoru de|, tostarp patiesas antigénu samazinasanas,
zuduma vai strukturalu izmainu dé| audzéja “dediferenciacijas” laika vai artefakta izmainu dé| fikséSanas vai
apstrades laika. Tapat ka jebkura imunhistokimiskaja testa negativs rezultats nozime, ka nav konstatéts
antigéns, nevis, ka antigéns parbauditajos audos nebija.

Hibridizacija (ISH)
» Viltus pozitivus ISH rezultatus var iegut zondes Skéersreakcijas ar citam nukleinskabju secibam del, ka art

zondes nespecifiskas vai noteik§anas reagentu saistisanas ar audiem vai audu komponentiem dé| . Testos
jaieklauj negativi audu un reagentu kontroles paraugi, lai palidzétu noteikt k|udaini pozitivu iekrasojumu.

« DNS un RNS noardiéanas notiek péc nukleazes aktivitates *'"°. Tadél ir svarigi parbaudit pozitivo kontroles
audu zondi ar pacienta audiem paraléli specifiskai zondei un pacienta audiem, lai noteiktu nukleinskabju
noardiSanos. Fiksacijas lldzek|a izvéle ietekmé nukleinskabju konservaciju, tade| ieteicama audu fiksacija 10 %
neitrala buferéta formalina . Tapat ka jebkura in situ hibridizacijas testa negativs rezultats nozimé, ka
nukleinskabe nav konstatéta, nevis ka nukleinskabe parbauditajos audos nebija.
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Sistemas parvaldiba (BOND
kontrollert)

15.7 BOND sistemas parvaldnieks

15.1.1 Parskats

BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) ir utilitprogramma, kas lauj érti aplikot BOND sistémas izmantoto
primaro programmaturas pakalpojumu pasSreizejo statusu, apturét un palaist atseviSkus pakalpojumus, pieméram,
drukas spolétaju, ka arf apturét un palaist visus pakalpojumus.

Tomer sistémas problému novér§anas procesa ietvaros klientu atbalsta dienests var jums lugt

c BRIDINAJUMS: Neapturiet nevienu pakalpojumu, jo BOND sistéma vairs nedarbosies pareizi.
partraukt un pec tam restartéet vienu vai vairakus pakalpojumus.

Lai atvértu BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks), atrodiet BOND ikonu £ System Manager Windows
pazinojumu zona un péc tam noklikskiniet uz sis ikonas.

. 332PM
S d 1)
. ® D 62200
‘ Ikona var pasléepta skatam; ja ta ir, noklikSkiniet uz mazas augSupverstas bultinas, lai to redzétu.

BOND sistemas kludas gadijuma tiek paradits pazinojuma zinojums; jus varat noklikskinat uz $a zinojuma, lai to
pasleptu.

Lai pasléptu logu BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks), velreiz noklik§kiniet uz ikonas Windows
pazinojumu apgabala.
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15.1.2  BOND logs System Manager (Sistemas
parvaldnieks)

Attéls 15-1: BOND logs System Manager (Sistemas parvaldnieks)

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled v .
PostgreSQL - PostgreSOL Server 10 nstalled v n
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starean @ stop Al

Ja radusies BOND sistémas k|ida, BOND ikona System Manager (Sistémas parvaldnieks) £
atjauninas, lai noraditu radusas k|udas veidu:

* £ viens vai vairaki pakalpojumi ir apturéti (" paradas ari BOND sistémas parvaldnieka ekrana augséja
kreisaja stari),
* 45 nevar izveidot savienojumu ar BOND sistému (9 paradas art BOND sistémas parvaldnieka ekrana
augseja kreisaja stari).
BOND-ADVANCE instalacija, visticamak, nozime to, ka:
« kontrolleris ir bijis izslégts, vai
 terminalu tikls ir atvienots, vai
« terminalu tikla komutators ir bijis izslegts.

* 43 BOND sistémas parvaldnieks nav pieejams (e paradas ar BOND sistémas parvaldnieka ekrana
aug$eja kreisaja star).
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15.1.3 Pakalpojumu apturesana

Lai apturetu atsevisku pakalpojumu, noklikskiniet uz sarkanas stop pogas, kas atrodas vistalak pa labi no
pakalpojuma nosaukuma. Vai ari, lai apturétu visus pakalpojumus, pakalpojumu saraksta noklikskiniet uz pogas Stop
All (Apturet visus).

Atveras uznirsto$ais dialoglodzin$, kura jums ir jaapstiprina, ka vélaties apturet pakalpojumus. Noklikskiniet uz Yes
(Ja), lai turpinatu, vai uz No (N€), lai atceltu.

Attéls 15-2: Dialoglodzin$ Confirmation required (NepiecieS§ams apstiprinajums)

Confirmation required

[ - | Stopping services will prevent BOND from operating correctly.
' Do you wish to continue?

@ DaZus pakalpojumus nevar apturét (PogresSQL - pakalpojumu PostgresSQL un pakalpojumu World
Wide Web Publicing), jo BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) palaujas uz to darbibu; tadé|
to apturéSanas pogas ir atsp€jotas.

15.1.4 Pakalpojumu palaisana

@ Vairuma gadijumu péc pakalpojuma apturésanas BOND programmattra dazu mintsu laika
automatiski restarte to.

Ja BOND sistema nedarbojas, ka paredzéts, un jus konstatéjat, ka viens vai vairaki pakalpojumi ir apturéti, jus varat
izmantot BOND sistemas parvaldnieku, lai palaistu apturétos pakalpojumus.

Lai palaistu atsevisku pakalpojumu, noklikSkiniet uz zalas starta pogas, kas atrodas vistalak pa labi no pakalpojuma
nosaukuma. Vai ari, lai palaistu visus pakalpojumus, pakalpojumu saraksta noklik$kiniet uz pogas Start All (Palaist
visus).
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Attéls 15-3: BOND System Manager (Sistémas parvaldnieks) rada bridinajuma trisstari (apturéts drukas spolétaja
pakalpojums)

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled o E]
PostgreSCQL - PostgreSQL Server 10 nstalled v n
PostgreS0L Agent - BOMND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B strion @ seopal
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Nodala 15 Sistemas parvaldiba (BOND kontrolleri)

15.2 Cieta diska dublesana

Visi BOND kontrolleri un terminali ietver cieta diska dublesanu, lai cieta diska klumes gadijuma aizsargatu BOND
sistému. ST aizsardzibas sistéma pastavigi uzrauga sistémas cietos diskus, un ikona Windows pazinojumu zona
attélo pasreizejo statusu.

I T R
W Normal (Normals) — cietie diski darbojas pareizi.
=] ;i

. \ Bridinajums — radusies probléma ar sistémas cietajiem diskiem. Sazinieties ar klientu
EL\J atbalsta dienestu.

3 K|ida — ir radusies cieta diska k|ime. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
.

Aiznemts — tas var paradities, kad tiek parbauditi cietie diski, pieméram, pec neparedzétas
izslégSanas. Parbaudes laika kontrolleris vai terminalis var darboties Iéni, un ta parasti
aiznem 2-3 stundas. Saja perioda BOND sistéma var bdt neizmantojama.

Pec parbaudes ikonai ir jaatgriezas normala stavokli un jaatsak standarta darbiba ar cieto
disku. Tomeér, ja ikona rada bridinajuma vai kludas statusu, sazinieties ar klientu atbalsta

dienestu.
= ‘\ Service not running (Pakalpojums nedarbojas) — nedarbojas programmataras
— pakalpojums, ko izmanto, lai parraudzitu cieta diska aizsardzibu. Ikona sakotnéji parada So

statusu, kad tiek iedarbinats kontrolleris vai terminalis. Sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu, ja ikona nenorada normalu statusu pec tam, kad pagajusas vairakas minutes.
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6 BOND-ADVANCE darbibas

16.1 BOND-ADVANCE sistémas restartésana

So procedru drikst veikt tikai tad, ja:
« jUs esat sanemis(-usi) attiecigas Leica Biosystems klientu atbalsta dienesta norades, vai

* jUs gatavojaties planotiem elektroapgades partraukumiem.

Lai restartetu visu BOND sistemu, veiciet turpmak izklastitas darbibas.
1 Parliecinieties, ka visi apstrades moduli darbojas tuk$gaita (t. i., nav blokétas nevienas slaidu paplates).
Izsledziet visus apstrades modulus.

|Izsledziet visus terminalus (noklikskiniet uz opcijas Start (Sakt) > Shut down (Izslégt)).

N w N

Izsledziet sekundaro kontrolleri (ja tads ir), islaicigi nospiezot ieslég$anas/izslégSanas pogu (skatiet pieméru
turpmak).

5 lzsledziet primaro kontrolleri, islaicigi nospiezot ieslégSanas/izslégSanas pogu (skat. Attéls 16-1).

@ leslegSanas/izslégsanas poga var atrasties aiz kontrollera nonemama priekséja apvalka, kas
var bat aizslégts. Saja gadijuma jums vispirms jaiegust atsléga no attieciga(s) atslégu

turetaja(s).

Sistémai izsleédzoties, sekojiet lidzi informacijas panela ekranam, jo, ja izslégSanas process tiek apturéts
Windows pieteikSanas ekrana, var bt nepiecieSams atkartoti nospiest ieslégSanas/izslégsanas pogu. Ja ta
notiek, uzgaidiet vismaz 90 sekundes un péc tam veélreiz uz bridi nospiediet ieslégSanas/izslegsanas pogu.

Nospiezot ieslégSanas/izslégSanas pogu atkartoti, kontrolleris saks izslégties. Neturiet to
nospiestu ilgak par 2 sekundém, jo tas var aktivizét “pilnigu” parladesanu un nekavejoties
izslégt kontrolleri. Kontrollerim var bt nepiecieSamas lidz 45 sekundes, lai tas izslegtos
(nodziest iesleg$anas/izsleégsanas pogas indikators).
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Nodala 16 BOND-ADVANCE darbibas

Nogaidiet 2 minates un péc tam iesledziet primaro kontrolleri.

Ja atveras logs "Shutdown event tracker” (IzslégSanas notikumu izsekotajs), aizveriet to, atlasot opciju Cancel
(Atcelt) vai nospiezot taustinu <Esc>.

Uzgaidiet 30 sekundes un péc tam ieslédziet sekundaro kontrolleri (ja tads ir).
Pec tam, kad kontrolleri ir pilniba restartéti, iesledziet visus terminalus.
lesledziet visus apstrades modulus.

Pierakstieties katra terminall.

Attéls 16-1: leslegSanas/izsleg$anas pogas novietojums uz kontrollera priek$éja panela (paradits ar nonemtu

apvalku)
Apziméjumi
1 leslégSanas/izslégSanas
poga

16.2 Parslegsanas uz sekundaro kontrolleri

@ Sie noradfjumi attiecas tikai uz BOND-ADVANCE sistémam, kas ietver sekundaro (dubléjuma)
kontrolleri. So procediru drikst veikt tikai tad, ja:

* jUs esat sanemis(-usi) attiecigas Leica Biosystems klientu atbalsta dienesta norades, vai

 nedarbojas galvenais kontrolleris.

Pec tam sekundarais kontrolleris darbosies savrupa rezima, un jusu sistémai vairs nebus rezerves dublésanas
iespeju. Tomer pec Sis proceduras pabeigSanas BOND sistéma turpinas apstradi ka parasti.
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Nodala 16 BOND-ADVANCE darbibas

@ ParslégSanas procesa laika var tikt zaudéti dati par pedejas 5 minutes veikto apstradi. Tapat var tikt
zaudeti visi LIS zinojumi, kas tikuSi nosutiti parslégSanas procesa laika. Tadé| pec sekmigas

parslégsanas parbaudiet, vai neiztrkst kads slaids. Sada gadijuma atkartoti nosdtiet slaida datus,
izmantojot LIS, vai manuali izveidojiet iztrukstoSos slaidus BOND.

1 Aizveriet visas klinisko un administracijas klientu lietas visos BOND-ADVANCE terminalos.

2 Atvienojiet primaraja kontrolleri terminala tikla kabeli no porta, kas apziméts ar T1 vai T2, un tad pievienojiet
kabeli atpakal tai paSai sekundara kontrollera pieslegvietai.

Skatiet Attéls 16-2.

Attéls 16-2: Kontrollera terminalu pieslégvietas

3 Atvienojiet primaraja kontrolleri apstrades modula tikla kabeli no porta, kas apzimets ar I1 vai 12, un tad
pievienojiet kabeli atpakal tai pasai sekundara kontrollera pieslégvietai.

Skatiet Attéls 16-3.

Attéls 16-3: Kontrollera apstrades modulu pieslégvietas
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Nodala 16 BOND-ADVANCE darbibas

4 Atvienojiet parvienojuma tikla kabeli no galvena kontrollera B1 vai B2 pieslegvietas.
Skatiet Attels 16-4.

Attéls 16—4: Kontrollera parvienojuma pieslégvietas

" -
‘ h rri

5 Ja primaraja kontrollerT ir Ethernet kabelis (lieto LIS savienojamibai) porta Gb(1) or Gb(2) (Gb(1) vai Gb(2)),
atvienojiet un pec tam pievienojiet So kabeli tai pasai sekundara kontrollera pieslégvietai.

Skatiet Attéls 16-5.

Attels 16-5: LIS savienojuma izveidei izmantotie Ethernet pieslégvietas
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Nodala 16 BOND-ADVANCE darbibas

BOND-ADVANCE sistéma konstaté, ka esat pievienojis(-usi) tikla kabelus sekundarajam kontrollerim, un
parada apstiprinajuma dialoglodzinu visos terminalos.

Skatiet Attéls 16-6.

Attéls 16-6: Dialoglodzin$ — pievienots sekundarais (dubléjuma) kontrolleris

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND- 0% ANCE Terminals are
now connected to the secondary [badeup) contraller,

If there &5 2 problem with the primary contrader and you would lke
to conbrmie oparation usng your secandary conkroller as a
standslona controller, than enter your usemiame and password and
didk 0K to continue. This operation i mot reversible without onsite
suppart from 2 Leica repregentative.

If you do conbinue, Comtact oUstomer SUPDONT to amsnge sendce of
vour deconnected conlrodler. TE is necessany for & Liica serace
represenlalivve o repain or replace the dsconnedied conlroller,

Useriame: | testusar

Paseword: | LTI TR o

I @ ParslegSana nav atgriezeniska bez Leica Biosystems parstavja atbalsta uz vietas.

6 Laiapstiprinatu, ka véelaties turpinat parslegsanu:
a noraditajos laukos ievadiet savu lietotajvardu un paroli,

b noklikskiniet uz OK (Labi), lai apstiprinatu izveli.

I @ Ja cits lietotajs pirms parslégSanas izvelas turpinat, iepriek§ minétais dialoglodzins pazud.

7 Peéc parslégSanas apstiprinasanas izsledziet primaro kontrolleri.

8 Uzgaidiet, lidz sistema parada, ka parslégsanos uz savrupu rezimu lietotajam ir sekmiga (skat. Attéls 16-7),
péec tam restartgjiet klinisko klientu un piesakieties sistema, ka ierasts.

Attéls 16-7: Dialoglodzin$ — veiksmiga parsleg$anas uz savrupo rezimu

Conversion to standalone sucoseded

If you have not siready done =0, conmect the instrement: network cable to port 11 or 12 on the
secondary [now standalong) controller,

o shoukd immediately perform 2 manual database backup,

BOND sistéma BOND 7 Lietotaja rokasgramata, 49.7556.539 A04
Autortiesibas © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 356



Nodala 16 BOND-ADVANCE darbibas

9 Nekavéjoties atveriet administréSanas klientu un veiciet manualu datubazes dublésanu. Skatiet
10.5.71 Laboratorijas iestatijumi.

Kad parslégSana uz sekundaro kontrolleri ir pabeigta, visu slaidu un apstrades modulu statusam butu
jaatjaunojas automatiski, lai atspogulotu jaunako sistémas statusu. Tomer, ja kada no apstradem, ir tikusi
pabeigta laika, kad apstrades modulis bija atvienots no kontrollera, procediras statuss joprojam bus redzams
ka In Progress (Notiek apstrade). Sada gadijuma jums ir jaatbloké ietekméta slaidu paplate, lai atjauninatu
slaidu iekraso$anas bloka statusu.

@ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai vienotos par atvienota kontrollera servisu. Leica
Biosystems servisa parstavim ir nepiecieSams veikt atvienota kontrollera remontu vai aizstasanu.
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Slaidu etikesu printera
nomaina

17.1 Cognitive Cxi printera aizstasana vienas
darbvietas sistema

Izmantojiet turpmak aprakstito proceduruy, lai aizstatu Cognitive printeri ar jaunu Cognitive printeri.

1 lzslédziet baroSanas slédzi veca printera sana.

2 Atvienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli no veca printera aizmugures.

3 Pievienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli jaunajam printerim.

4 leslédziet baroSanas slédzi jauna printera sana.

BOND kontrollera ekrana tiek paradits pazinojums darbvirsmas pazinojumu apgabala (apak$gja labaja stari)
par to, ka ir atrasts printeris.

5 Dodieties uz: Windows Start (Windows sakums) > Devices and Printers (lerices un printeri) un atrodiet jauno
pievienoto printeri.

6 Noklikskiniet ar peles labo pogu uz $a printera un atlasiet opciju Properties (Rekviziti), pec tam nokopéjiet
printera nosaukumu.

7 Atveriet Administracijas klienta lietotni, ekranu Hardware configuration (Aparatiras konfiguracija), cilni Slide

labelers (Slaidu marketaji), ka aprakstits 10.6.3 Slaidu marketaji. Atlasiet veco printeri, kur$ ir aizstats.

8 Lauka Printer name (Printera nosaukums) ieliméjiet (parrakstot eso$o nosaukumu) to ta, lai nosaukums batu,
pieméram, “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (1. kopija)".

9 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).

10 lzdrukajiet testa etiketi, lai apstiprinatu printera darbibu.
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Nodala 17 Slaidu etikeSu printera nomaina

17.2 Cognitive Cxi printera nomaina
BOND-ADVANCE sistema

Pirms jauna printera pievienoSanas BOND-ADVANCE sistémai printerim ir jaiestata tada pati statiskas IP adreses
vertiba, ka vecajam printerim.

Printeru IP adreses sakas no 192.168.5.101. Katram printerim atskiras tikai pedejais cipars. Pieméram, 2. printera IP
adrese ir 192.168.5.102.

Talak izklastitajas procedaras ir izskaidrots, ka atrast veca printera statisko IP adresi un ka iestatit So vértibu jaunaja
printert.

Cognitive printera prieksgjais panelis

Attels 17-1 ir redzama Cognitive Cxi printera tastatura un LCD displejs.

Attéls 17-1: Cognitive printera LCD displejs un tastatura

[ GGGNITI;’E@ \I

Veca printera IP adreses nolasiSana

Veiciet turpmak aprakstito proceduru vecajam printerim, lai noskaidrotu ta IP adresi izmantoS$anai jaunaja printert.
@ Ja kada iemesla de| nevar izmantot veca printera displeju, izmantojiet proceduru Printera IP adreses
meklesana, lai atrastu IP adresi kontrollerr.

1 Nospiediet .
Ekrana redzams Main Menu: Language Menu (Galvena izvélne: valodas izvélne).

2 Nospiediet -, lai tiktu paradita opcija Printer Setup (Printera iestatisana).

4 Nospiediet , lai tiktu paradita opcija Comm. Menu: Timeout (Komunikaciju izvélne: noildze).
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5 Nospiediet W ivciz, lai tikiu paradita opcija Ethernet.

6 Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija Ethernet — DHCP

7 Nospiediet .

Ekrana tiek paradita opcija DHCP Off (DHCP izslégts). (Ja taja redzama opcija DHCP On (DHCP ieslégts),
nospiediet W i nainit vértibu.)

8 Nospiediet .
Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vértiba ir iestatita).
9 Nospiediet ;i ik paradita opcija Set Static IP (lestatit statisko IP).
10 Nospiediet , lai tiktu paradits pasreizgjais iestatijums.
11 Pierakstiet statisko IP adresi.

12 1zsledziet So printeri un atvienojiet to no baroSanas avota un tikla.

Printera IP adreses iestatiSana

Veiciet turpmak noradito proceduru, lai iestatitu jaunajam printerim pareizo statisko IP adresi.

c UZMANIBU! Nepievienojiet jauno printeri BOND tiklam, kamér nav veikta turpmak noradita procedura.

1 Piesledziet jauno printeri stravas padevei un ieslédziet baroSanas sledzi printera sanos.

2 Nospiediet .
Ekrana redzams Main Menu: Language Menu (Galvena izvélne: valodas izvelne).

3 Nospiediet ;i paradita opcija Printer Setup (Printera iestatisana).

5 Nospiediet , lai tiktu paradita opcija Comm. Menu: Timeout (Komunikaciju izvélne: noildze).

6 Nospiediet W ivreiz, lai tiktu paradita opcija Ethernet.
7 Nospiediet .
Ekrana tiek paradita opcija Ethernet — DHCP

8 Nospiediet .

Ekrana tiek paradita opcija DHCP Off (DHCP izslégts). (Ja taja redzama opcija DHCP On (DHCP ieslégts),
nospiediet -, lai mainitu vertibu.)
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9 Nospiediet .
Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vértiba ir iestatita).
10 Nospiediet -, lai tiktu paradita opcija Set Static IP (lestatit statisko IP).

11 Nospiediet , |ai tiktu paradits pasreizejais iestatijums.

12 levadiet IP adresi, kuru pierakstijat no veca printera. Izmantojiet kreiso un labo pogu, lai parvietotu kursoru pa
kreisi un pa labi, un izmantojiet pogas uz augsu un uz leju, lai mainitu vertibu.

13 Nospiediet .

Ekrana paradas pazinojums: Value has been set (Vértiba ir iestatita).

14 Nospiediet . vairakas reizes, lai atgrieztos galvenaja ekrana - COGNITIVE —.

15 Nospiediet baro$anas slédzi printera sanos pozicija OFF (IZSLEGTS). Tad parslédziet to atpakal pozicija ON
(IESLEGTS).

16 Pievienojiet jaunajam printerim Ethernet kabeli, lai pieslegtu to BOND tiklam.

Attéls 17-2: Ethernet tikla savienojums

-3

17 Atveriet administracijas klienta lietotni un izdrukajiet testa etiketi.

Printera IP adreses meklesana

Ja nav iespéjams nolasit veca printera IP adresi, veiciet turpmak aprakstito proceduru, lai noteiktu jauna printera IP
adresi.

1 Pierakstieties BOND-ADVANCE kontrolleri ka informacijas paneli BONDDashboard.

2 Nospiediet Windows logotipa taustinu ~ + M, lai samazinatu informacijas panela ekranu.

3 Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers (lerices un
printeri).
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4 NoklikSkiniet ar peles labo pogu uz attiecigas Cognitive printera ikonas un uznirstosaja izvelne atlasiet Printer
Properties (Printera rekviziti), ka paradits Attéls 17-3.

Attels 17-3: Atlasiet printera rekvizitus

See what's printing

@ Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Cognitive Printer
Pod 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

Sistema parada dialoglodzinu Properties (Rekviziti).
5 Atlasiet cilni Ports (Pieslégvietas).

Attéls 17-4: Printera rekviziti - cilne Pieslégvietas

L‘El_l Cognitive Printer Pod 1 Properties X
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts ~ About
General Sharing Advanced Color Management Security

=

~ Cogpnitive Printer Pod 1

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

checked port.

Port Description Printer -
[] comz: Serial Port

[ coma: Serial Port

[] coma: Serial Port

[ FILE: Print to File

et Printer Port o
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...

[] Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling

Cancel Apply Help

6 Pierakstiet atlasita printera IP adresi sleja Ports (Pieslégvietas). (Var bit nepiecieS§ams paplasinat sleju Ports
(Pieslégvietas), velkot kolonnas malu.)

7 Noklikskiniet uz Cancel (Atcelt), lai aizvértu dialoglodzinu.
8 Aizveriet lodzinu Devices and Printers (lerices un printeri).
9 Nospiediet taustinus Alt+Tab, lai atvértu BOND informacijas paneli.

10 Lai veiktu proceduru, izmantojiet IP adresi no 6. darbibas, kas pieejama Printera IP adreses iestatisana.
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17.3 Zebra printera aizstasana ar Cognitive Cxi
printeri vienas darbvietas sistema

Izmantojiet turpmak aprakstito proceduru, lai aizstatu Zebra TLP 3842 vai GX430t printeri ar Cognitive Cxi printeri.
@ Ja Zebra printeris ir pievienots, izmantojot ,paralélo” kabeli, varat to atvienot no BOND kontrollera.
Lai pievienotu Cognitive printeri BOND kontrollerim, ir nepiecieSams USB kabelis.
1 Izsledziet baroSanas slédzi Zebra printera aizmugure.

Atvienojiet paralélo vai USB kabeli un stravas padeves kabeli no printera aizmugures.

Atvienojiet Zebra printera baroSanas avotu no stravas padeves.

M~ w N

Piesledziet Cognitive printera baroSanas avotu stravas padevei.

5 Pievienojiet USB vadu un stravas padeves kabeli Cognitive printerim.

6 lesledziet baroSanas sledzi printera sana.

BOND kontrollera ekrana tiek paradits pazinojums darbvirsmas pazinojumu apgabala (apak$eja labaja stari)
par to, ka ir atrasts printeris.

7 Windows uzdevumjosla noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un atlasiet opciju Devices and Printers (lerices un
printeri).

8 Parliecinieties, ka printeris ir redzams ka “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
O Pierakstieties BOND administracijas klienta lietotne.
10 Atveriet ekranu Hardware (Aparatdra) un cilni Slide labelers (Slaidu markétaji).
17 Noklikskiniet uz Add printer (Pievienot printeri) (ekrana apakseja kreisaja star).
12 levadiet turpmak noraditos parametrus ekrana labas puses panel.
« Display name (Displeja nosaukums): izmantojiet printera nosaukumu: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printer name (Printera nosaukums): vélreiz tads pats nosaukums
« Printer name (Resursdatora nosaukums): atstajiet So lauku tuksu.
« Printer type (Printera veids): atlasiet printera modeli: Cognitive Cxi
13 Noklikskiniet uz Save (Saglabat).
14 Saraksta noklikSkiniet ar peles labo pogu uz Zebra printera.
15 Uznirsto$aja opcija atlasiet Delete (Dzést).
16 Sistéma parada zinojumu: “Vai tieSam veélaties dzest printeri?”

17 Noklikskiniet uz Yes (Ja).
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8 Specifikacijas

@ Si sadala neattiecas uz BOND-PRIME apstrades moduli. Skatiet atsevisku BOND-PRIME lietotaja
rokasgramatu.

» 18.1 Sistemas specifikacijas

» 18.2 Fiziskas specifikacijas

» 18.3 Elektriskas jaudas un UPS prasibas
» 18.4 Vides specifikacijas

» 18.5 Ekspluatacijas specifikacijas

» 18.6 Mikroskopa slaidi

e 18.7 Transportésana un glabasana

18.1 Sistémas specifikacijas

Tikla savienojuma prasibas Ethernet IEEE8022.3, 10/100/1000BASE-T

Tikla kabeli CAT5e vai CAT6 ekranéti kabeli ar RJ-45 savienotajiem

Ethernet slédza prasibas: Ethernet IEEE8022.3, 10/100/1000BASE-T

Vienas darbvietas 8 pieslégvietu Ethernet sledzis
(atbalsta lldz 5 apstrades moduliem)

BOND-ADVANCE 8 vai 16 portu Ethernet slédZi (var savienot kopa ar lidz pat 30
apstrades moduliem)

lerices specifikacijas BOND kontrollerus un terminalus piegada Leica Biosystems
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18.2 Fiziskas specifikacijas
| BoNDW | BONDMAX |

[zmeri

Svars (sauss)

Gabaritu prasibas

Maksimalais attalums lidz aréjam lielapjoma
atkritumu konteineram (tikai BOND-MAX)

P - 790 mm (31,10 collas) P - 760 mm (29,9 collas)
A - 1378 mm (54,25 collas) A =703 mm (27,6 collas)
D - 806 mm (31,73 collas) D - 775 mm (30,5 collas)
238 kg (525 marcinas) 120 kg (265 marcinas)

600 mm (24 collas) virs
0 mm pa kreisi
150 mm (6 collas) pa labi

0 mm aizmugure, tomer lietotajiem ir jaspgj atvienot stravas kabeli,
neparvietojot apstrades moduli.

~ 1 metrs (40 collas)

18.3 Elektriskas jaudas un UPS prasibas
| BN [ BONDMAX

Darba spriegums

(apstrades modeliem ar vecajiem baro$anas
avotiem, ar vienu ventilatoru aizmuguréja
apvalka)

Darba spriegums

(apstrades modeliem ar jaunajiem barosanas

avotiem, ar diviem ventilatoriem aizmugureja
apvalka)

Tikla frekvence

Jaudas patéring

No 103,4 V lidz 127,2 V (nominalajam spriegumam no 110 V lidz
120 V)

vai

no 206,8 V lidz 254 V (nominalajam spriegumam no 220 V lidz
240V)

no 90 V idz 264 V (nominalajam spriegumam no 100 V [lidz 240 V)

50/60 Hz 50/60 Hz
1200 VA 1000 VA
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18.4 Vides specifikacijas
| BONDW | BONDMAX |

Maksimala darba temperatira
Minimala darba temperatira

lekrasoSanas veiktspejas prasibam
nepiecieSama temperatura

Mitrums darba laika (bez kondensacijas)

Maksimalais ekspluatacijas augstums

Skanas spiediena limena izvade (1T m

attaluma)

Maksimala siltumenergijas izvade

35 °C (95 °F)
5°C (41 °F)
18-26 °C (64-79 °F)

30-80% relativais mitrums

0-1600 m (5250 pedas) virs
juras limena

Maksimali < 85 dBA

< 65 dBA normalas darbibas
apstak|os

1200 VA

35°C (95 °F)
5°C (41 °F)
18-26 °C (64-79 °F)

30-80% relativais mitrums

0-1600 m (5250 pédas) virs
juras limena

Maksimali < 85 dBA

< 65 dBA normalas darbibas
apstak|os

1000 VA

18.5 Ekspluatacijas specifikacijas

Slaidu ietilpiba 30 vienlaikus.

Pabeigtas paplates (10 slaidi) var nomainit nepartraukti.

Reagentu konteineru ietilpiba 7 mlun 30 ml 7 mlun 30 ml
Reagentu konteineru neizmantojamais tilpums 555 pl (7 ml) un 1618 pl (30 ml)

Reagentu konteineru rezerves tilpums 280 pl (7 ml) un 280 pl (30 ml)

TitréSanas konteineru ietilpiba 6 ml 6ml
TitréSanas konteineru neizmantojamais 300 ul 300 ul
tilpums

TitréSanas konteineru rezerves tilpums 280 ul 280 ul
Reagentu konteineru skaits 36 36
Reagentu konteineru ietilpiba 21vaibl| 11lvai?2l
Bistamo atkritumu konteinera ietilpiba 51 21
Standarta atkritumu konteineru ietilpiba 2x51 ~

Aréja lielapjoma atkritumu konteinera ietilpiba ~ ~ 91
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Kimiska savietojamiba Visi BOND reagenti
70 % spirta $kidums (tiri$anai)

Temperaturas indikators Nokluséjums (tos var mainit servisa parstavji):
silts: 35 °C, karsts: 80 °C

Maksimalais pielaujamais spiediens gazesun 1,0 bar 2,5 bar
Skidrumu savienojumiem

Apkopes ilgums 7 gadi 7 gadi

BOND sistéma kiberdrosibas sertifikata 10 gadi 10 gadi
deriguma termin$

18.6 Mikroskopa slaidi

[zmeri Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 collas)
Biezums: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 collas)
Etiketes zona Platums: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 collas)
Garums: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 collas)
Materials Stikls, IS0 8037/1

Izmantojama zona Skatiet diagrammas talak. Dozesanas tilpums attiecas uz iestatijumiem,
kurus varat izveléties, iestatot slaidus, izmantojot BOND programmaturu
(skatit 6.3 Darbs ar lietam).

Attéls 18-1: Izmantojamas slaidu zonas BOND apstrades modulos

BOND-III ~
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BOND-MAX ~ ~

18.7 Transportésana un glabasana

Glabasanas temperatura no -20 lidz +55 °C (no -4 lidz +131 °F)

Uzglabasanas mitrums (bez < 80 % relativais mitrums

kondensacijas)

Piegades veidi Piemeérots transportéSanai ar sauszemes, gaisa un juras transportu.

Ladzu, nemiet véra, ka iepriek$ sniegta informacija attiecas tikai uz iepakotiem apstrades moduliem.

Skatiet 18.4 Vides specifikacijas neiepakotiem apstrades moduliem.
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